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Seguridad

Before installing this product, read the Safety Information.

Ayl cllaadall 301 B aag opxiiall 13a S 5 (14

Antes de instalar este produto, leia as Informagdes de Seguranca.
AERBEARTE 220, 4P Safety Information (Z&fHR) .
RERESZAN  HAMRE T LM, -

Prije instalacije ovog produkta obavezno proéitajte Sigurnosne Upute.

Pred instalaci tohoto produktu si prectéte pfirucku bezpeénostnich instrukei.

Laes sikkerhedsforskrifterne, for du installerer dette produkt.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.
Ennen kuin asennat tdman tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information.
Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Mpwv eykataoTroeTe TO TPOIOV autd, H1aBacTe TI§ MANPOQOPIES aopAlelas
(safety information).

MN"02N MK OR IRIP 0T 1¥I0 1"pRnw 197

Atermék telepitése el6tt olvassa el a Biztonsagi el6irasokat!

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.
HROREDHNC. REFERESHAA IS,

= MZ2 dXdt) A0 2t B85S SN2,

[Mpen na ce mHCTAIMpa OBO] NPOJAYKT, NpourTajTe HH(popManmjaTa 3a 6Ge3deHOCT.
I ERESRE:
N
‘1- - =

Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) fer du installerer dette produktet.

Przed zainstalowaniem tego produktu, nalezy zapoznac sig
z ksiazka "Informacje dotyczace bezpieczenstwa" (Safety Information).

Antes de instalar este produto, leia as Informagdes sobre Seguranca.
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Mepen ycTaHOBKOM NPOAYKTA MPOYTUTE UHCTPYKLIUA MO
TeXHUKe 6830I'IE.CHOCTM.

Pred instalaciou tohto zariadenia si pecitaje Bezpecnostné predpisy.
Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Antes de instalar este producto, lea la informacion de seguridad.

Lé&s sakerhetsinformationen innan du installerar den har produkten.
Bygvafayfragwiis] §x P g aas

5 Ry AR AR AR RGN

Bu driind kurmadan énce glvenlik bilgilerini okuyun.

cdliie O )i 8 el jiiass 0k it Y enis [ iSTee

Yougq mwngz yungh canjbinj neix gaxgeng, itdingh aeu doeg aen
canjbinj soengg cungj vahgangj ancien siusik.

Lista de comprobacion de inspeccion de seguridad

Utilice la informacién de esta seccidn para identificar condiciones potencialmente inseguras en su servidor.
Durante el disefio y la construccién de cada equipo, se instalaron elementos de seguridad requeridos para
proteger a los usuarios y técnicos de servicio frente a lesiones.

Nota: El producto no es apto para su uso en lugares de trabajo con pantalla visual de acuerdo con la
clausula 2 del reglamento laboral.

Nota: La configuracion del servidor se realiza solo en la sala del servidor.

PRECAUCION:

Este equipo debe ser instalado o mantenido por personal de servicio capacitado, tal como se define
en NEC, IEC 62368-1 e IEC 60950-1, el estandar de Seguridad de equipos electrénicos dentro del
campo de audio/video, Tecnologia de la informaciéon y Tecnologia de comunicacion. Lenovo supone
que cuenta con la calificacidn para entregar servicio y que cuenta con formacion para reconocer
niveles de energia peligrosos en los productos. El acceso al equipo se realiza mediante el uso de una
herramienta, bloqueo y llave, o con otros medios de seguridad, y es controlado por la autoridad
responsable de la ubicacidn.

Importante: Se requiere conexion eléctrica a tierra del servidor para la seguridad del operador y el
funcionamiento correcto del sistema. Un electricista certificado puede verificar la conexion eléctrica a tierra
de la toma de alimentacién.

Utilice la siguiente lista de comprobacion para asegurarse de que no se presenten condiciones
potencialmente inseguras:

1. Si su condicion de trabajo requiere que se apague el servidor o si tiene pensado apagarlo, asegurese de
que el cable de alimentacion esté desconectado.

S002
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PRECAUCION:

El boton de control de encendido del dispositivo y el interruptor de alimentacion de la fuente de
alimentacion no cortan la corriente eléctrica suministrada al dispositivo. Es posible que el
dispositivo tenga también mas de un cable de alimentaciéon. Para cortar completamente la
corriente eléctrica del dispositivo, asegtirese de que todos los cables de alimentacion estén
desconectados de la fuente de alimentacion.

Nota: En determinadas circunstancias, apagar el servidor no es un requisito previo. Consulte las
precauciones antes de realizar cualquier tarea.

2. Revise el cable de alimentacion.

e Asegurese de que el conector a tierra esté en buenas condiciones. Utilice un metro para medir la
continuidad de la conexidn a tierra del tercer cable para 0,1 ohmios o menos entre la clavija externa
de puesta a tierra y el bastidor de tierra.

¢ Asegurese de que el cable de alimentacion sea del tipo adecuado.

Para ver los cables de alimentacién que estan disponibles para el servidor:
a. Visite la siguiente pagina:
http://dcsc.lenovo.com/#/

b. Haga clic en Preconfigured Model (Modelo preconfigurado) o Configure to order (Configurar
a pedido).

c. Especifique el tipo de maquina y el modelo del servidor para mostrar la pagina de configuracion.

d. Haga clic en Power (Alimentacion) - Power Cables (Cables de alimentacidn) para ver todos
los cables de la linea eléctrica.

e Asegurese de que el aislamiento no esté desgastado ni dafiado.

3. Compruebe que no haya ninguna alteracién obvia que no sea de Lenovo. Utilice un buen juicio con
respecto a la seguridad de las alteraciones que no sean de Lenovo.

4. Compruebe que dentro del servidor no haya ninguna condicién insegura evidente, como limaduras
metalicas, contaminacién, agua u otros liquidos o sefales de dafo de incendio o de humo.

5. Compruebe si hay cables gastados, deteriorados o pinzados.

6. Asegurese de que los pasadores de la fuente de alimentacion (tornillos o remaches) no se hayan quitado
ni estén manipulados.
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Capitulo 1. Procedimientos de sustitucion del hardware

Esta seccidn proporciona instalacion y procedimientos para quitar para todos los componentes del sistema
que se puedan reparar. Cada procedimiento de sustitucidén del componente se refiere a cualquier tarea que
es necesario realizar para poder acceder al componente que se sustituye.

Directrices de instalacion

Antes de instalar componentes en el servidor, lea las directrices de instalacion.

Antes de instalar dispositivos opcionales, lea los siguientes avisos con atencion:

Atencion: Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida
de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacién y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema de
descarga a tierra.

e | ealainformacion vy las directrices de seguridad para asegurar su seguridad en el trabajo:
— Una lista completa de informacion de seguridad para todos los productos esta disponible en:

https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/

— También estan disponibles las siguientes directrices: “Coémo trabajar en el interior del servidor con la
alimentacion activada” en la pagina 4 y “Manipulacion de dispositivos sensibles a la electricidad
estatica” en la pagina 5.

e Asegurese de que los componentes que esta instalando sean compatibles con su servidor.

— Para obtener una lista de los componentes opcionales compatibles con el servidor, consulte https://
serverproven.lenovo.com.

— Para ver el contenido del paquete de opciones, consulte https://serveroption.lenovo.com/.
¢ Para obtener mas informacién acerca de pedidos de piezas:

1. Vaya a http://datacentersupport.lenovo.com y navegue a la pagina de soporte correspondiente a su
servidor.

2. Haga clic en Parts (Busqueda de piezas).
3. Especifique el nUmero de serie para ver una lista de piezas del servidor.

¢ Cuando instale un nuevo servidor, descargue y aplique el firmware mas reciente. Esto le ayudara a
asegurar que se corrijan los problemas conocidos y que el servidor esta preparado para funcionar con un
rendimiento optimo. Vaya a https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr650v3/
downloads/driver-list/ para descargar actualizaciones de firmware para el servidor.

Importante: Algunas soluciones de cluster requieren niveles de cédigo especificos o actualizaciones de
codigo coordinadas. Si el componente forma parte de una solucién de cluster, verifique el menu de nivel
de cddigo de Mejor receta mas reciente para el firmware y unidad compatible de cluster antes de
actualizar el codigo.

e Sjsustituye una pieza, como un adaptador, que contiene firmware, es posible que deba actualizar el
firmware de esa pieza. Para obtener mas informacion sobre la actualizacién de firmware, consulte
“Actualizacion del firmware” en la Guia del usuario o la Guia de configuracion del sistema.

e Se recomienda asegurarse de que el servidor funciona correctamente antes de instalar un componente
opcional.

¢ Mantenga la zona de trabajo limpia, y coloque los componentes desconectados en una superficie plana 'y
lisa que no se sacuda ni incline.
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¢ No intente levantar un objeto que crea que es demasiado pesado para usted. Si debe levantar un objeto
pesado, tenga en cuenta las precauciones siguientes:

— Asegurese de que puede mantenerse en pie sin resbalar.
— Distribuya el peso del objeto de forma equitativa entre ambos pies.

— Levantelo aplicando la fuerza lentamente. No se mueva nunca de forma repentina o gire mientras
levanta un objeto pesado.

— Para evitar sobrecargar los musculos de la espalda, levantelo estando de pie o haciendo fuerza hacia
arriba con los musculos de las piernas.

¢ Realice una copia de seguridad de todos los datos importantes antes de realizar cambios en las unidades
de disco.

¢ Tenga a mano un destornillador pequefio de punta plana, un destornillador Phillips pequefio, un
destornillador Torx T8 y un destornillador Torx T30.

e Para ver los LED de error del conjunto de la placa del sistema y los componentes internos, déjelos
encendidos.

¢ No es necesario apagar el servidor para quitar o instalar las fuentes de alimentacién de intercambio en
caliente o los dispositivos USB conectables en caliente. Sin embargo, debe apagar el servidor antes de
realizar cualquier paso que implique la extraccién o instalacién de cables de adaptadores y debe
desconectar la fuentes de alimentacion del servidor antes de realizar cualquier paso que implique la
extraccion o instalacion de una tarjeta de expansion.

¢ Cuando sustituya las unidades o los ventiladores de la fuente de alimentacién, asegurese de consultar las
reglas de redundancia de estos componentes.

e El color azul en un componente indica los puntos de contacto, por los que puede sujetar un componente
para extraerlo o instalarlo en el servidor, abrir o cerrar un mecanismo de cierre, etc.

e Excepto en el caso de la PSU, el color naranja en un componente o una etiqueta de color naranja sobre
un componente, o cerca del mismo, indica que el componente se puede intercambiar en caliente, lo que
significa que si el servidor y el sistema operativo admiten a la posibilidad de intercambio en caliente, es
posible quitar o instalar el componente mientras el servidor esta en ejecucion. (El color naranja también
indica los puntos de contacto en los componentes de intercambio en caliente). Consulte las instrucciones
para extraer o instalar un componente de intercambio en caliente especifico para ver procedimientos
adicionales que es posible que sea necesario realizar antes de extraer o instalar el componente.

e LaPSU con una pestafa de liberacion es una PSU de intercambio en caliente.

¢ |abandaroja en las unidades, ubicada adyacente al pestillo de liberacién, indica que la unidad se puede
intercambiar en caliente si el servidor y el sistema operativo admiten esta capacidad. Esto significa que
puede quitar o instalar la unidad mientras el servidor esta en ejecucion.

Nota: Consulte las instrucciones especificas para el sistema para extraer o instalar una unidad de
intercambio en caliente para ver posibles procedimientos adicionales que sea necesario realizar antes de
extraer o instalar la unidad.

¢ Cuando haya finalizado el trabajo en el servidor, asegurese de volver a instalar las pantallas protectoras
de seguridad, los protectores, las etiquetas y los cables de toma de tierra.

Lista de comprobacion de inspeccion de seguridad

Utilice la informacidn de esta seccidn para identificar condiciones potencialmente inseguras en su servidor.
Durante el disefio y la construccion de cada equipo, se instalaron elementos de seguridad requeridos para
proteger a los usuarios y técnicos de servicio frente a lesiones.

Nota: El producto no es apto para su uso en lugares de trabajo con pantalla visual de acuerdo con la
clausula 2 del reglamento laboral.
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Nota: La configuracion del servidor se realiza solo en la sala del servidor.

PRECAUCION:

Este equipo debe ser instalado o mantenido por personal de servicio capacitado, tal como se define
en NEC, IEC 62368-1 e IEC 60950-1, el estandar de Seguridad de equipos electrénicos dentro del
campo de audio/video, Tecnologia de la informacion y Tecnologia de comunicacién. Lenovo supone
que cuenta con la calificacién para entregar servicio y que cuenta con formacién para reconocer
niveles de energia peligrosos en los productos. El acceso al equipo se realiza mediante el uso de una
herramienta, bloqueo y llave, o con otros medios de seguridad, y es controlado por la autoridad
responsable de la ubicacion.

Importante: Se requiere conexion eléctrica a tierra del servidor para la seguridad del operador y el
funcionamiento correcto del sistema. Un electricista certificado puede verificar la conexidn eléctrica a tierra
de la toma de alimentacion.

Utilice la siguiente lista de comprobacién para asegurarse de que no se presenten condiciones
potencialmente inseguras:

1. Si su condicién de trabajo requiere que se apague el servidor o si tiene pensado apagarlo, asegurese de
que el cable de alimentacién esté desconectado.

S002

N

PRECAUCION:

El botén de control de encendido del dispositivo y el interruptor de alimentacion de la fuente de
alimentacion no cortan la corriente eléctrica suministrada al dispositivo. Es posible que el
dispositivo tenga también mas de un cable de alimentacion. Para cortar completamente la
corriente eléctrica del dispositivo, asegurese de que todos los cables de alimentacion estén
desconectados de la fuente de alimentacion.

Nota: En determinadas circunstancias, apagar el servidor no es un requisito previo. Consulte las
precauciones antes de realizar cualquier tarea.

2. Revise el cable de alimentacién.

* Asegurese de que el conector a tierra esté en buenas condiciones. Utilice un metro para medir la
continuidad de la conexién a tierra del tercer cable para 0,1 ohmios o menos entre la clavija externa
de puesta a tierra y el bastidor de tierra.

¢ Asegurese de que el cable de alimentacion sea del tipo adecuado.

Para ver los cables de alimentacion que estan disponibles para el servidor:
a. Visite la siguiente pagina:
http://dcsc.lenovo.com/#/

b. Haga clic en Preconfigured Model (Modelo preconfigurado) o Configure to order (Configurar
a pedido).

c. Especifique el tipo de maquina y el modelo del servidor para mostrar la pagina de configuracion.

d. Haga clic en Power (Alimentacion) = Power Cables (Cables de alimentacidn) para ver todos
los cables de la linea eléctrica.

e Asegurese de que el aislamiento no esté desgastado ni dafado.
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3. Compruebe que no haya ninguna alteracién obvia que no sea de Lenovo. Utilice un buen juicio con
respecto a la seguridad de las alteraciones que no sean de Lenovo.

4. Compruebe que dentro del servidor no haya ninguna condicién insegura evidente, como limaduras
metalicas, contaminacién, agua u otros liquidos o sefales de dafo de incendio o de humo.

5. Compruebe si hay cables gastados, deteriorados o pinzados.

6. Asegurese de que los pasadores de la fuente de alimentacion (tornillos o remaches) no se hayan quitado
ni estén manipulados.

Directrices de fiabilidad del sistema

Revise las directrices de fiabilidad del sistema para garantizar una refrigeracion y fiabilidad correctas del
mismo.

Asegurese de que cumple con los siguientes requisitos:

e Cuando el servidor tiene una alimentacién redundante, se debe instalar una fuente de alimentacion en
cada bahia de fuente de alimentacién.

¢ Debe existir un espacio suficiente alrededor del servidor a fin de permitir que el sistema de refrigeracion
de este funcione correctamente. Deje aproximadamente 50 mm (2,0 pulgadas) de espacio alrededor de la
parte frontal y de la parte posterior del servidor. No coloque ninguin objeto en la parte frontal de los
ventiladores.

e Para permitir la refrigeracion y el flujo de aire adecuados, vuelva a colocar la cubierta del servidor antes de
encenderlo. No utilice el servidor durante mas de 30 minutos con la cubierta del servidor extraida, se
podrian dafar los componentes del servidor.

e Se deben seguir las instrucciones de cableado que se proporcionan con los adaptadores opcionales.
¢ Un ventilador en mal estado se debe sustituir dentro de 48 horas después de que deja de funcionar.

e Un ventilador de intercambio en caliente extraido se debe sustituir en menos de 30 segundos después de
la extraccion.

¢ Una unidad de intercambio en caliente extraida se debe sustituir en menos de dos minutos después de la
extraccion.

¢ Una fuente de alimentacion de intercambio en caliente extraida se debe sustituir en menos de dos
minutos después de la extraccion.

¢ (Cada deflector de aire que viene con el servidor se debe instalar cuando el servidor arranca (algunos
servidores puede venir con mas de un deflector de aire). Si utiliza el servidor con un deflector de aire
faltante, pueden producirse dafos en el procesador.

¢ Todos los zécalos del procesador deben contener siempre una cubierta de zécalo o un procesador y un
disipador de calor.

e Cuando hay mas de un procesador instalado, se deben seguir de forma estricta las reglas de colocacién
de ventiladores para cada servidor.

Como trabajar en el interior del servidor con la alimentacion activada

Es posible que tenga que tener encendido el servidor mientras la cubierta esta retirada para revisar la
informacion de sistema en el panel de visualizacién o para sustituir los componentes de intercambio en
caliente. Revise estas directrices antes de hacerlo.

Atencioén: El servidor se puede detener y se pueden perder datos cuando los componentes internos del
servidor se exponen a la electricidad estatica. Para evitar este posible problema, utilice siempre una
mufequera antiestatica u otro sistema con toma de tierra cuando trabaje en el interior del servidor con la
alimentacién activada.
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Evite llevar ropa holgada, especialmente en los antebrazos. Abrochese o arremangue las mangas antes
de trabajar dentro del servidor.

Evite que su corbata, bufanda, insignia o pelo cuelguen en el servidor.

Quitese las joyas que quedan holgadas, como los brazaletes, los collares, los anillos, los gemelos y los
relojes de pulsera.

Saquese los objetos que tenga en el bolsillo de la camisa, como boligrafos o lapices, pues estos pueden
caerse dentro del servidor si se inclina sobre el mismo.

Evite dejar caer objetos metalicos hacia el interior del servidor, como clips sujetapapeles, horquillas y
tornillos.

Manipulacién de dispositivos sensibles a la electricidad estatica

Revise estas directrices antes de manipular dispositivos sensibles a la electricidad estatica para reducir la
posibilidad de dafio de descarga electroestatica.

Atencidn: Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida
de datos; para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema de
descarga a tierra.

Limite su movimiento para evitar aumentar de electricidad estatica alrededor.

Tenga especial cuidado al manipular dispositivos en el frio, porque la calefaccién puede reducir la
humedad interna y aumentar la electricidad estatica.

Utilice siempre una mufiequera antiestatica u otro sistema de conexion a tierra cuando trabaje en el
interior del servidor con la alimentacion activada.

Mientras el dispositivo se encuentre aun en su bolsa antiestatica, pongalo en contacto con una superficie
metdlica no pintada de la parte exterior del servidor durante un minimo de dos segundos. Esto descargara
la electricidad estética de la bolsa y de su cuerpo.

Quite el dispositivo de la bolsa e instalelo directamente en el servidor sin soltar el dispositivo. Si es
necesario guardar o depositar el dispositivo en algun sitio, introdudzcalo de nuevo en su bolsa antiestatica.
No coloque el dispositivo sobre la cubierta del servidor ni sobre una superficie metalica.

Al manipular el dispositivo, sosténgalo con cuidado por sus bordes o su marco.
No toque las uniones de soldadura, ni tampoco las patillas ni el circuito expuesto.
Mantenga el dispositivo alejado de otros para evitar dafios posibles.

Reglas técnicas

En este tema se proporcionan las reglas técnicas para el servidor.

“Reglas y orden de instalaciéon de un modulo de memoria” en la pagina 5
“Ranuras PCle y adaptadores PCle” en la pagina 13
“Reglas térmicas” en la pagina 20

Reglas y orden de instalacion de un médulo de memoria

Los médulos de memoria se deben instalar en un orden especifico, segun la configuracion de la memoria
implementada y la cantidad de procesadores y médulos de memoria instalados en el servidor.

Su servidor tiene 32 ranuras de memoria con 16 canales. Para obtener una lista de las opciones de memoria
admitidas, consulte:
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Hay informacion sobre la optimizacién del rendimiento de memoria y configuracién de memoria disponible
en el sitio web de Lenovo Press:

https://lenovopress.com/servers/options/memory

Ademas, puede aprovechar un configurador de memoria, que esta disponible en el siguiente sitio:

https://dcsc.lenovo.com/#/memory_configuration

Diseno de los médulos de memoria y el procesador

La tabla de la configuracion del canal de memoria que aparece a continuacion muestra la relacion entre los
procesadores, los controladores de memoria, los canales de memoria y los nUmeros de ranura del médulo

de memoria.

Figura 1. Disefio de los mddulos de memoria y el procesador

Tabla 1. Identificacion de ranuras de memoria y canales

Procesador CPU 1

Controlador iMC3 iMC2 iMCO iMC1

Canal CH1 CHO CH1 CHO CHO CH1 CHO CH1
N° ranura 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0
N° DIMM 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Procesador CPU2

Controlador iMC3 iMC2 iMCO iMCA1

Canal CHA1 CHO CH1 CHoO CHoO CH1 CHO CHA1
N° ranura 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0
N° DIMM 32 31 30 29 28 27 26 25 1 24 | 2312221 | 20|19 | 18 | 17

* Numero de ranura: niumero de ranura de DIMM en cada canal de memoria. Cada canal de memoria tiene

dos ranuras DIMM: ranura 0 (lejos del procesador) y ranura 1 (cerca del procesador).

¢ Numero de DIMM: numero de ranura de DIMM en el conjunto de la placa del sistema. Cada procesador
tiene 16 ranuras DIMM.

Directrices de instalacion de médulos de memoria

e Para ver las reglas de instalacién y la secuencia de llenado, consulte “Orden de instalacion de DIMM

TruDDR5” en la pagina 7.
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¢ Se requiere al menos un DIMM para cada procesador. Instale al menos ocho DIMM por procesador para
obtener un buen rendimiento.

¢ Cuando sustituya un DIMM, el servidor proporciona capacidad de habilitacion de DIMM automatica sin
requerirle que use la Setup Utility para habilitar el nuevo DIMM manualmente.

Orden de instalacion de DIMM TruDDR5

Esta seccidn contiene informacion sobre como instalar correctamente los DIMM TruDDR5 (RDIMM, 9x4
RDIMM, 10x4 RDIMM o 3DS RDIMM).

Para RDIMM, 10x4 RDIMM y 3DS RDIMM estéan disponibles los dos siguientes modos de memoria. Para 9x4
RDIMM, solo esta disponible el modo independiente.

¢ “Orden de instalacion del modo independiente” en la pagina 7
¢ “Orden de instalacion del modo de duplicacion” en la pagina 11

Orden de instalacion del modo independiente

En el modo independiente, los canales de memoria se pueden rellenar con DIMM en cualquier orden y puede
llenar todos los canales para cada procesador en cualquier orden sin requisitos de coincidencia. El modo
independiente proporciona el mayor nivel de rendimiento de la memoria, pero no posee la proteccion de
conmutacion por error. El orden de instalacion de DIMM para el modo independiente varia de acuerdo con el
numero de procesadores y médulos de memoria instalados en el servidor.

Siga las reglas siguientes al instalar los médulos de memoria en el modo independiente:

e Debe haber al menos un DIMM TruDDR5 por procesador.

¢ Elllenado de memoria debe ser idéntico entre procesadores.

¢ Todos los médulos de memoria TruDDR5 deben funcionar a la misma velocidad en el mismo sistema.
¢ Se admiten médulos de memoria de diferentes proveedores.

® En un sistema no se pueden mezclar 8 DIMM y 4 DIMM.

¢ Todos los médulos de memoria que se instalaran deben ser del mismo tipo.

— 9x4 RDIMM de valor no se puede mezclar con no 9x4 RDIMM en un sistema.
— EIRDIMM 3DS no se puede mezclar con RDIMM que no son 3DS en un sistema.

¢ Todos los médulos de memoria de un sistema deben tener el mismo numero de filas, excepto para las
condiciones siguientes:
— Los RDIMM de fila Unica se pueden mezclar con RDIMM de dos filas cuando hay 16 DIMM rellenados
para cada procesador.

— Los RDIMM 3DS de cuatro filas se pueden mezclar con RDIMM 3DS de ocho filas cuando hay 16
DIMM rellenados para cada procesador.

Nota: Puede que el sistema se congele en POST en un servidor que esta funcionando en esta
configuracion. En este caso, pongase en contacto con el servicio de Lenovo para sustituir el DIMM que
ha fallado para que funcione correctamente.

— Consulte “Modo de memoria independiente con mezcla de filas” en la pagina 10 para obtener mas
informacion sobre la secuencia de instalacion al instalar médulos de memoria con diferentes filas.

¢ No se pueden mezclar diferentes densidades de DRAM (16 Gbit, 24 Gbit y 32 Gbit) en un sistema.
Nota: La DRAM de 16 Gbit se utiliza en RDIMM de 16 GB, 32 GB y 64 GB. La DRAM de 24 Gbit se utiliza
en RDIMM de 24 GB, 48 GB y 96 GB. La DRAM de 32 Gbit se utiliza en RDIMM 2Rx4 de 128 GB.

¢ |Los RDIMM de 4800 MHz, 48 GB y 96 GB solo se admiten en servidores con procesadores SPR, XCC o
MCC.
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¢ EIRDIMM 2Rx4 de 5600 MHz y 128 GB solo se admite en servidores con procesadores MCC o XCC.

¢ Antes de instalar RDIMM basados en 24 Gbit en un sistema con procesadores SPR XCC o MCC,
asegurese de, primero, aplicar al servidor la versién de firmware de UEFI ESE126H o posterior.

¢ Antes de instalar RDIMM basados en 32 Gbit en un sistema con procesadores XCC o MCC, asegurese
de, primero, aplicar al servidor la version de firmware de UEFI ESE128E o posterior.

Para conseguir un rendimiento 6ptimo, se recomienda instalar los DIMM en “Orden de instalacién de DIMM
estandar” en la pagina 8. El “Orden de instalacién de DIMM opcional” en la pagina 10 se usa solo para
requisitos especiales.

e “Orden de instalaciéon de DIMM estandar” en la pagina 8
¢ “Orden de instalacion de DIMM opcional” en la pagina 10

Orden de instalaciéon de DIMM estandar

La siguiente tabla muestra las érdenes estandar de llenado de los médulos de memoria para el modo
independiente.

Tabla 2. Orden de instalacion estandar para un procesador

Total de Procesador 1

DIMM 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1 DIMM' 7

2 DIMM2 14 7

4 DIMM2 14 10 7 3

6 DIMM12 14 12 10 7 3 1
8 DIMM12345 | 16 14 12 10 7 5 3 1
12 DIMMZ26 16 14 | 13 | 12 10 9 8 7 5 4 3 1
16 16 | 15 | 14 | 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
D|MM2,3,4,6,7,8

Notas:

1. Las configuraciones DIMM admiten RDIMM de 5600 MHz, 24 GB, 48 GB y 96 GB.

2. Las configuraciones de DIMM admiten la funcién de Agrupacién en clusteres sub NUMA (SNC), que se
puede habilitar a través de UEFI. EI SNC no es compatible si el alojamiento de DIMM no sigue la
secuencia indicada por la tabla arriba.

3. Las configuraciones de DIMM admiten extensiones de proteccion de software (SGX). Consulte “Habilitar
Software Guard Extensions (SGX) (SGX)” en la Guia del usuario o en la Guia de configuracion del sistema
para habilitar esta caracteristica.

Las configuraciones DIMM admiten RDIMM de 4800 MHz y 96 GB.
La configuracion de DIMM admite RDIMM de 4800 MHz y 48 GB.
Las configuraciones DIMM admiten RDIMM de 5600 MHz y 96 GB.

La mezcla de filas es compatible entre RDIMM de una fila y dos filas o entre RDIMM 3DS de cuatro filas
y ocho filas cuando hay 16 DIMM rellenados para cada procesador. Consulte “Modo de memoria
independiente con mezcla de filas” en la pagina 10 para obtener mas informacién sobre la secuencia de
instalacion al instalar médulos de memoria con diferentes filas.

8. Se admite la mezcla de RDIMM DDR5 de 4800 MHz y 128 GB y 256 GB 3DS cuando hay 16 DIMM
rellenados para cada procesador.

R
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Tabla 3. Orden de instalacion estandar para dos procesadores

Total de Procesador 1
DIMM 16 [ 15|14 | 13 | 12 | 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
2 DIMM! 7
4 DIMM?2 14 7
8 DIMM?2 14 10 7 3
12 DIMM1:2 14 12 10 7 3 1
16 DIM- 16 14 12 10 7 5 3 1
M1,2,3,4,5
24 DIMMZ2.6 16 14 | 13 | 12 10 9 8 7 5 4 3 1
32 16 | 15| 14 | 13 | 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
DIMM2:3.4.6.7.8
Total de Procesador 2
DIMM

32 131|300 29| 28 | 27 | 26 | 25 24 23 22 21 20 19 18 17
2 DIMM! 23
4 DIMM?2 30 23
8 DIMM?2 30 26 23 19
12 DIMM1:2 30 28 26 23 19 17
16 DIM- 32 30 28 26 23 21 19 17
M1,2,3,4,5
24 DIMM2:6 32 30| 29 | 28 26 | 25 24 23 21 20 19 17
32 32 |31 |30 29| 28 | 27 | 26 | 25 24 23 22 21 20 19 18 17
DlMM2,3,4,6,7,8
Notas:

1.
2.

N o o A

Las configuraciones DIMM admiten RDIMM de 5600 MHz, 24 GB, 48 GB y 96 GB.

Las configuraciones de DIMM admiten la funcion de Agrupacion en clusteres sub NUMA (SNC), que se
puede habilitar a través de UEFI. EI SNC no es compatible si el alojamiento de DIMM no sigue la
secuencia indicada por la tabla arriba.

Las configuraciones de DIMM admiten extensiones de proteccion de software (SGX). Consulte “Habilitar
Software Guard Extensions (SGX) (SGX)” en la Guia del usuario o en la Guia de configuracion del sistema
para habilitar esta caracteristica.

Las configuraciones DIMM admiten RDIMM de 4800 MHz y 96 GB.
La configuracion de DIMM admite RDIMM de 4800 MHz y 48 GB.
Las configuraciones DIMM admiten RDIMM de 5600 MHz y 96 GB.

La mezcla de filas es compatible entre RDIMM de una fila y dos filas o entre RDIMM 3DS de cuatro filas
y ocho filas cuando hay 16 DIMM rellenados para cada procesador. Consulte “Modo de memoria
independiente con mezcla de filas” en la pagina 10 para obtener mas informacion sobre la secuencia de
instalacion al instalar médulos de memoria con diferentes filas.

. Se admite la mezcla de RDIMM DDRS5 de 4800 MHz y 128 GB y 256 GB 3DS cuando hay 16 DIMM

rellenados para cada procesador.
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Orden de instalacion de DIMM opcional

La siguiente tabla muestra las érdenes opcionales de llenado de los médulos de memoria para el modo
independiente.

Tabla 4. Orden de instalacion opcional

Procesador Total de Orden de instalacion opcional
DIMM
1 DIMM e Ranurai2
e Ranura 10
e Ranura5b
2 DIMM'-2 ¢ Ranuras 10, 3

Procesador 1

6 DIMM' e Ranuras 16, 14,10,7,5, 3

e Ranuras 16, 12, 10, 5, 3, 1

e Ranuras 16, 14,12,7,5, 1
12 DIMM13 e Ranuras 16, 15, 14,12,11,10,7,6,5, 3, 2, 1
2 DIMM e Ranuras 26, 10

e Ranuras 21,5
e Ranuras 28, 12

4 DIMM1:2 e Ranuras 26, 19,10, 3
Procesadores 1
y2 12 DIMM! e Ranuras 32, 30, 26, 23, 21, 19, 16, 14,10, 7,5, 3
e Ranuras 32, 28, 26, 21,19, 17,16, 12,10, 5, 3, 1
e Ranuras 32, 30, 28, 23,21,17,16, 14,12, 7, 5,1
24 DIMM1:3 e Ranuras 32, 31, 30, 28, 27, 26, 23, 22,21,19,18,17,16, 15, 14, 12, 11,10, 7,
6,5,3,2,1

Notas:

1. Las configuraciones de DIMM admiten la funcion de Agrupacion en clusteres sub NUMA (SNC), que se
puede habilitar a través de UEFI. EI SNC no es compatible si el alojamiento de DIMM no sigue la
secuencia indicada por la tabla arriba.

2. La configuracién de DIMM no admite RDIMM de 5600 MHz de 24 GB, 48 GB y 96 GB.
3. La configuracion de DIMM no admite RDIMM de 5600 MHz de 24 GB y 48 GB.

Modo de memoria independiente con mezcla de filas

Siga la secuencia de instalacién del médulo de memoria en esta seccion cuando instale modulos de
memoria con diferentes filas en el modo de memoria independiente.

¢ Los RDIMM de fila Unica se pueden mezclar con RDIMM de dos filas cuando hay 16 DIMM rellenados
para cada procesador.

¢ Se admite la mezcla de RDIMM DDRS de 4800 MHz y 128 GB y 256 GB 3DS cuando hay 16 DIMM
rellenados para cada procesador.

¢ Los RDIMM 3DS de cuatro filas se pueden mezclar con RDIMM 3DS de ocho filas cuando hay 16 DIMM
rellenados para cada procesador.

¢ Siun canal de memoria tiene dos DIMM con diferentes filas, primero llene el DIMM con un nimero mas
alto de filas en la ranura 0 (mas lejos del procesador).
Secuencia de instalacion de ranuras de DIMM para un procesador

Cuando instale DIMM con diferentes filas con un solo procesador (procesador 1) instalado, siga la secuencia
que se indica a continuacion e instale los DIMM de mayor fila primero; a continuacion, instale los DIMM de
fila inferior en las ranuras restantes.
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Tabla 5. Secuencia de instalacion de ranuras de DIMM para un procesador

Procesador 1

Ranura

DIMM 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Secuencia 8 16 7 15 4 12 3 11 9 1 10 2 13 5 14 6

Secuencia de instalacion de ranuras de DIMM para dos procesadores

Cuando instale DIMM con diferentes filas con dos procesadores instalados, siga la secuencia que se indica
a continuacion e instale los DIMM de mayor fila primero; a continuacion, instale los DIMM de fila inferior en
las ranuras restantes.

Tabla 6. Secuencia de instalacion de ranuras de DIMM para dos procesadores

Procesador 1

Ranura

DIMM 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Secuencia | 15 | 31 13 | 29 7 23 5 21 17 1 19 3 25 9 27 11

Procesador 2

Ranura 32 | 31 |30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 24 23 22 21 20 19 18 17
DIMM

Secuencia | 16 | 32 | 14 | 30 8 24 6 22 18 2 20 4 26 10 28 12

Orden de instalacion del modo de duplicaciéon

El modo de duplicado proporciona redundancia de memoria completa a la vez que reduce la capacidad de
memoria total del sistema a la mitad. Los canales de memoria se agrupan en pares con cada canal que
recibe los mismos datos Si se produce un error, el controlador de memoria cambia de los DIMM del canal
principal a los DIMM del canal de copia de seguridad. El orden de instalacion de DIMM para la duplicacién
de memoria varia de acuerdo con el numero de procesadores y DIMM instalados en el servidor.

En el modo de duplicacién, cada mddulo de memoria en un par debe ser idéntico en tamafo y arquitectura.
Los canales se agrupan en pares con cada canal que recibe los mismos datos Un canal se utiliza como una
copia de seguridad del otro, lo que proporciona redundancia.

Siga las reglas siguientes al instalar los médulos de memoria en el modo duplicado:

¢ Todos los médulos de memoria que se deben instalar deben ser del mismo tipo con la misma capacidad,
frecuencia, voltaje y fila.

¢ Laduplicacion se puede configurar en todos los canales en el mismo iMC y el tamafio total de la memoria
TruDDR5 de los canales principal y secundario debe ser el mismo.

¢ 9x4 RDIMM no admiten el modo de duplicacion.

e El duplicado de memoria parcial es una subfuncién del duplicado de memoria. Requiere seguir el orden
de instalacién de memoria del modo de duplicado de memoria.

Con un procesador

La siguiente tabla muestra la secuencia de llenado de los médulos de memoria para el modo de duplicacion
con solo un procesador instalado.

Tabla 7. Modo de duplicacion con un procesador

Total de

DIMM Procesador 1
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Tabla 7. Modo de duplicacion con un procesador (continuacion)

16 | 15 ([ 14 | 13 | 12 | 11 | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
8 DIMM12 16 14 12 10 7 5 3 1

16 DIMM?2 16 | 15 | 14 | 13 [ 12 | 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Notas:

1. Las configuraciones de DIMM admiten la funcién de Agrupacién en clusteres sub NUMA (SNC), que se
puede habilitar a través de UEFI. EI SNC no es compatible si el alojamiento de DIMM no sigue la
secuencia indicada por la tabla arriba.

2. Los RDIMM de 5600 MHz, 24 GB y 48 GB se admiten en el modo de duplicacion de 8 DIMM, y todos los
demas RDIMM se admiten en el modo de duplicacién de 8 y 16 DIMM.
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Dos procesadores

En la tabla siguiente se muestra la secuencia de llenado de los médulos de memoria para el modo de

duplicacion con dos procesadores instalados.

Tabla 8. Modo de duplicacion con dos procesadores

Total de Procesador 1
DIMM 16 [ 15 | 14 | 13 | 12 | 11 10 9 8 7 6 5 4 2 1
16 DIMM1:2 16 14 12 10 7 5 1
32 DIMM1:2 16 [ 15| 14 | 13 | 12 | 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Total de Procesador 2
DIMM

32 | 31 | 30| 29 | 28 | 27 | 26 | 25 24 23 | 22 21 20 19 18 17
16 DIMM!:2 32 30 28 26 23 21 19 17
32 DIMM1:2 32 | 31 | 30| 29 | 28| 27 | 26 | 25 24 23 22 21 20 19 18 17

1. Las configuraciones de DIMM admiten la funcién de Agrupacion en clisteres sub NUMA (SNC), que se
puede habilitar a través de UEFI. EI SNC no es compatible si el alojamiento de DIMM no sigue la

secuencia indicada por la tabla arriba.

2. Los RDIMM de 5600 MHz, 24 GB y 48 GB se admiten en el modo de duplicacion de 16 DIMM, y todos
los demas RDIMM se admiten en el modo de duplicacién de 16 y 32 DIMM.

Ranuras PCle y adaptadores PCle

En este tema se proporcionan las reglas de instalacién para los adaptadores PCle.

Configuraciones de ranuras sin DWCM

En las tablas siguientes se muestra una lista de las configuraciones de la ranura de PCle para cada vista del

servidor sin un Mdédulo de refrigeracién de agua directa (DWCM).

*E: vacio

Ranuras de PCle

Figura 2. Vista posterior con 8 ranuras de PCle
I 7

3

|t et

[T T1o &5

Expansion 1/ | x16/x8/x8 x16/x16/E E/x16/x16 Expansion 3 x16/x16 (Gen | x8/x8 (Gen 4/
2 (Gen 4/5) (Gen 4/5) 4/5) 5)
Ranura 1/4 PCle x16 PCle x16 Vacio Ranura 7 PCle x16 PCle x8
Ranura 2/5 PCle x8 PCle x16 PCle x16 (Gen | Ranura 8 PCle x16 PCle x8

4/5)
Ranura 3/6 PCle x8 Vacio PCle x16 (Gen

4)
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Ranuras de PCle

Figura 3. Vista posterior con 10 ranuras de PCle

I 1 4 ST 9 ]
2 5 8 10
3 6 =13 ©
[T earl] S "=n @u-_
Expansion 1/ | x16/x8/x8 x16/x16/E E/x16/x16 Expansion 3/ | x16/x8 (Gen 4 | x16/x8 (Gen 5
2 (Gen 4/5) (Gen 4/5) 4 parala para la
expansion 3) expansion 4)
Ranura 1/4 PCle x16 PCle x16 Vacio Ranura 7/9 PCle4 x8 PCle5 x8
Ranura 2/5 PCle x8 PCle x16 PCle x16 (Gen | Ranura 8/10 PCle4 x8 PCle5 x8
4/5)
Ranura 3/6 PCle x8 Vacio PCle x16 (Gen
4)
Figura 4. Vista posterior con 6 ranuras de PCle
1
2
3
I T o =5
Expansion 1/ | x16/x8/x8 x16/x16/E E/x16/x16
2 (Gen 4/5) (Gen 4/5)
Ranura 1/4 PCle x16 PCle x16 Vacio
Ranura 2/5 PCle x8 PCle x16 PCle x16 (Gen
4/5)
Ranura 3/6 PCle x8 Vacio PCle x16 (Gen
4)
Figura 5. Vista posterior con 4 ranuras de PCle
Tz i |EE=El |E===0 [E==s]
2 ] [ i i ] |
3 6 3 3
(I T o & e = - EIU_I_ EIU_I_
= T T I
2 L | — 1 [ Hl 1 I
3 6 =03 R
i - =) == [ @ [
Expansion 1 x16/x8/x8 x16/x16/E E/x16/x16 Expansion 2 x16 (Gen 4)
(Gen 4/5) (Gen 4/5)
Ranura 1 PCle x16 PCle x16 Vacio Ranura 6 PCle x16
Ranura 2 PCle x8 PCle x16 PCle x16 (Gen
4/5)
Ranura 3 PCle x8 Vacio PCle x16 (Gen
4)

14  Guia de mantenimiento del hardware de ThinkSystem SR650 V3




Ranuras de PCle

Figura 6. Vista posterior con 2 ranuras de PCle
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Expansion 1

x16 (Gen 4)

Expansion 2

x16 (Gen 4)

Ranura 3

PCle x16

Ranura 6

PCle x16

Figura 7. Vista frontal con 2 ranuras de PCle

a8

[]
Expansion 5 x16/x16
(Gen4)
Ranura 11 PCle x16
Ranura 12 PCle x16

Configuraciones de ranuras con DWCM

En las tablas siguientes se muestra una lista de las configuraciones de la ranura de PCle para cada vista del

servidor con un

*E: vacio

DWCM.

Ranuras de PCle

Figura 8. Vista posterior con 9 ranuras de PCle

B
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Expansion 1/ | x16/x8/x8 x16/x16/E E/x16/x16 Expansion 3/ | x16/x8 (Gen4 | x16/x8 (Gen 5
2 (Gen 4/5) (Gen 4/5) 4 parala para la
expansion 3) expansion 4)

Ranura 1/4 PCle x16 PCle x16 Vacio Ranura 7/9 PCle4 x8 PCle5 x8
Ranura 2/5 PCle x8 PCle x16 PCle x16 (Gen | Ranura 8/10 PCle4 x8 PCle5 x8

4/5)
Ranura 3 PCle x8 Vacio PCle x16 (Gen

4)

Figura 9. Vista posterior con 7 ranuras de PCle
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Ranuras de PCle

Expansion 1/ | x16/x8/x8 x16/x16/E E/x16/x16 Expansion 3 x16/x16 (Gen | x8/x8 (Gen 4/
2 (Gen 4/5) (Gen 4/5) 4/5) 5)
Ranura 1/4 PCle x16 PCle x16 Vacio Ranura 7 PCle x16 PCle x8
Ranura 2/5 PCle x8 PCle x16 PCle x16 (Gen | Ranura 8 PCle x16 PCle x8

4/5)
Ranura 3 PCle x8 Vacio PCle x16 (Gen

4)

Figura 10. Vista posterior con 5 ranuras de PCle

L 1 4 i T i J
; 2 5 i i
= -een : R
T TofER || SEP o EIU.I.
Expansion 1/ | x16/x8/x8 x16/x16/E E/x16/x16
2 (Gen 4/5) (Gen 4/5)
Ranura 1/4 PCle x16 PCle x16 Vacio
Ranura 2/5 PCle x8 PCle x16 PCle x16 (Gen
4/5)
Ranura 3 PCle x8 Vacio PCle x16 (Gen
4)

Figura 11. Vista posterior con 3 ranuras de PCle
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Expansion 1 x16/x8/x8 x16/x16/E E/x16/x16
(Gen 4/5) (Gen 4/5)
Ranura 1 PCle x16 PCle x16 Vacio
Ranura 2 PCle x8 PCle x16 PCle x16 (Gen
4/5)
Ranura 3 PCle x8 Vacio PCle x16 (Gen
4)

Figura 12. Vista posterior con 1 ranuras de PCle
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Ranuras de PCle

Expansion 1 x16 (Gen 4)
Ranura 3 PCle x16
Notas:

El servidor admite tarjetas de extension PCle Gen 4 y Gen 5, pero no ambas en el mismo sistema.

Las tarjetas de expansién Gen 4 admiten adaptadores PCle Gen 4 y Gen 5 (excepto las tarjetas de

retemporizador Gen 5), pero no ambas en el mismo sistema.

Las tarjetas de expansién Gen 5 admiten adaptadores PCle Gen 4 y PCle Gen 5, pero no ambos en el

mismo sistema.

Las ranuras 2 y 5 de la tarjeta de expansion E/x16/x16 no admiten tarjetas de retemporizador.

Reglas de instalaciéon de compartimiento de la unidad de 7 mm

— Paralos modelos de servidor con 8 ranuras de PCle o 10 ranuras PCle, se puede instalar un
compartimento de la unidad SSD de 2FH+7 mm en la ranura 3 o 6, pero no en ambas al mismo tiempo.

— Paralos modelos de servidor con un compartimiento de la unidad posterior de 8 unidades de 2,5
pulgadas/2 unidades de 3,5 pulgadas, se puede instalar uno de los compartimientos de la unidad de
7 mm:

— Compartimiento de la unidad de 2FH + 7 mm: ranura 3

— Compartimiento de la unidad 7 mm: ranura 6

— Paralos modelos de servidor con un compartimiento de la unidad posterior de 4 de 3,5 pulgadas o una
GPU instalada, un compartimiento de la unidad de bajo perfil de 7 mm solo se puede instalar en la
ranura 6.

— Paralos modelos de servidor con un compartimiento de la unidad posterior de 4 x 2,5 pulgadas, no se
admite ningun compartimiento de la unidad de 7 mm.

Reglas de instalacion de médulo de puerto serie:

— Paralos modelos de servidor con 8 ranuras de PCle, 10 ranuras de PCle o un compartimiento de la
unidad posterior de 4 unidades de 2,5 pulgadas:

— Silatarjeta de extension 1y la tarjeta de extension 2 utilizan la tarjeta de extension x16/x16/E y un
compartimiento de la unidad de 7 mm esta instalado en la ranura 6, se puede instalar un moédulo de
puerto serie en la ranura 3. Si no hay compartimiento de la unidad de 7 mm instalado, se puede
instalar un médulo de puerto serie en la ranura 6.

— Silatarjeta de extension 1 utiliza la tarjeta de extension x16/x16/E, pero la tarjeta de extension 2 no
estd instalada ni tampoco la tarjeta de extension x16/x16/E, se puede instalar un médulo de puerto
serie en la ranura 3 cuando no hay ningdn compartimiento de la unidad de 7 mm instalado.

— Silatarjeta de extension 1 no utiliza la tarjeta de extensién x16/x16/E, pero la tarjeta de extensién 2
usa la tarjeta de extension x16/x16/E, se puede instalar un médulo de puerto serie en la ranura 6
cuando no hay ningun compartimiento de la unidad de 7 mm instalado.

— Silas tarjetas de expansion 1y 2 no utilizan la tarjeta de expansion x16/x16/E, no se admite ningun
maodulo de puerto serie.

— Paralos modelos de servidor con un compartimiento de la unidad posterior de 8 unidades de 2,5
pulgadas/2 unidades de 3,5 pulgadas:

Si la tarjeta de expansidn 1 utiliza la tarjeta de expansion x16/x16/E, se puede instalar un médulo de
puerto serie en la ranura 3 y un compartimento de la SSD de 7 mm se puede instalar en la ranura 6.

— Silatarjeta de expansion 1 no utiliza la tarjeta de expansion x16/x16/E, no se puede instalar al
mismo tiempo un compartimiento de la unidad de 7 mm y un médulo de puerto serie. Si no se
instala ningun compartimiento de la unidad de 7 mm, se puede instalar un médulo de puerto serie
en laranura 6.

— Para los modelos de servidor con un compartimiento de unidad posterior de 4 unidades de 3,5
pulgadas, no se pueden instalar un compartimiento de la unidad de 7 mm y un médulo de puerto serie
al mismo tiempo. Si no se instala ningdn compartimiento de la unidad de 7 mm, se puede instalar un
modulo de puerto serie en la ranura 6.

— Paralos modelos de servidor con una GPU de doble ancho, el médulo de puerto serie solo se puede
instalar en la ranura 6 cuando no hay ningin compartimiento de la unidad de 7 mm instalado.
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Adaptadores PCle admitidos y prioridades de ranuras

La siguiente tabla enumera la prioridad de instalacién en ranuras recomendada para los adaptadores PCle

comunes.

Adaptador PCle Maximo admitido Prioridad de ranura sugerida
Adaptador de GPU'
GPU de doble ancho: RTX 6000 Ada o e 1CPU:2

e 2CPU:2,5
Otras GPU de doble ancho 3 e 1CPU:2,7

e 2CPU:2,5,7
GPU de ancho unico: T400, T1000 8 e 1CPU:1,2,3,7

e 2CPUs:1,4,2,5,7,8,3,6
GPU de ancho unico: A2 8 e 1CPU:1,2,3,7,8,12

e 2CPU:1,4,7,8,2,5,6,3,11,12
GPU de ancho unico: L4 8 e 1CPU:1,2,3,7

e 2CPU:1,4,7,8,2,5,6,3
Tarjeta de retemporizador de PCle
ThinkSystem PCle Gen 4 x16 Retimer e 1CPU:1,2,3
Adapter e 2CPU:1,2,4,5,3,6

4

ThinkSystem SR630/SR650 V3 PCle Gen 5
x16 Retimer Adapter

Expansor RAID/HBA interno de factor de for!

ma personalizado (CFF)

5350-8i, 9350-8i, 9350-16i

440-16i, 940-16i

ThinkSystem 48 port 12Gb Internal Expander

No instalado en las ranuras de PCle.

El adaptador de expansor RAID/HBA CFF
solo es compatible con el chasis de la bahia
de unidad de 2,5 pulgadas, que esta
instalado entre la placa posterior frontal y el
conjunto de la placa del sistema.

Adaptador RAID/HBA del factor de forma estandar (SFF) interno 2

4350-8i, 5350-8i 4
4350-16i 2
. . - e 1CPU:2,3,1
440-8i, 540-8i, 940-8i 4 « 2CPU:2.3.5,6.1, 4
440-16i, 540-16i, 940-16i 2
940-32i 1
9350-8i 4 e 1CPU:
9350-16i - ?on otros adaptadores RAID SFF: 2, 3,
— Sin otros adaptadores RAID SFF: 3, 2, 1
e 2CPU:
2 — Con otros adaptadores RAID SFF: 2, 3,
56,1,4
— Sin otros adaptadores RAID SFF: 3, 2,
56,1,4
Adaptador RAID/HBA externo
440-8¢, 440-16e 12 e 1CPU:1,2,3,7,8,12
e 2CPU:1,4,7,8,2,5,3,6,9,10,11,12
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Adaptador PCle

Maximo admitido

Prioridad de ranura sugerida

450W-16e 6 e 1CPU:1,2,3,7,12

e 2CPU:1,4,2,5,7,3,6,11,12
940-8e 4 e 1CPU:1,2,3,7,8,12

e 2CPU:1,4,7,8,2,5,3,6,9,10, 11,12
Adaptador FC HBA
Todos los adaptadores HBA FC admitidos 12 e 1CPU:1,2,3,7,8,12

e 2CPU:1,4,7,8,2,5,3,6,9,10,11,12
Adaptador NIC
ThinkSystem NVIDIA BlueField-2 25GbE e 1CPU:-1.2 3
gllfprStg 2-Port PCle Ethernet DPU w/BMC & 1 e 2CPU:1.4.2,5.3,6
ThinkSystem AMD X3522 10/25GbE DSFP28 6 e 1CPU:1,2,3
2-port PCle Ethernet Adapter e 2CPU:1,4,2,5,3,6
ThinkSystem Broadcom 57504 10/25GbE
SFP28 4-port PCle Ethernet Adapter
ThinkSystem Broadcom 57508 100GbE
QSFP56 2-port PCle 4 Ethernet Adapter V2

6 e 1CPU:1,2,3,7,12

ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 Dx e 2CPU:1,4,2,5,7,8,3,6,11,12
100GbE QSFP56 2-port PCle Ethernet
Adapter
Mellanox MCX623106AC-CDAT Dx 100GbE
QSFP56 2-port PCle NIC -CSP 14
ThinkSystem Intel E810-DA4 10/25GbE 10 e 1CPU:1,2,3,7,8,12
SFP28 4-port PCle Ethernet Adapter e 2CPU:1,4,7,8,2,5,3,6,11,12
Todos los demas adaptadores NIC admitidos 12 e 1CPU:1,2,3,7,8,12

e 2CPU:1,4,7,8,2,5,3,6,9,10,11,12
Adaptador InfiniBand
Mellanox ConnectX-6 HDR100 IB/100GbE
VPI 1-port x16 PCle 3.0 HCA w/ Tall Bracket
Mellanox ConnectX-6 HDR100 IB/100GbE
VPI 2-port x16 PCle 3.0 HCA w/ Tall Bracket
ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 HDR IB/
200GbE Single Port x16 PCle Adapter 6 e 1CPU:1,2,3,7,12
(without auxiliary adapter) e 2CPU:1,4,2,5,7,8,3,6,11,12

ThinkSystem Nvidia ConnectX-7 NDR200/
HDR QSFP112 2-port PCle Gen5 x16
InfiniBand Adapter

ThinkSystem NVIDIA ConnectX-7 NDR400
OSFP 1-port PCle Gen5 Adapter

Notas:
1. Reglas para adaptadores de GPU:
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¢ Todos los adaptadores de GPU instalados deben ser idénticos. Para conocer los requisitos térmicos
de GPU, consulte “Reglas térmicas” en la pagina 20.

¢ | os deflectores de aire de los adaptadores de GPU varian segun el tipo de GPU. Para obtener
informacion detallada, consulte “Sustitucion de GPU” en la pagina 102.

e Sihay adaptadores de GPU instalados, no se admite ningin compartimento de la unidad,
compartimento de la unidad trasera ni tarjeta SSD PCle.

¢ Solo se admite un maximo de seis adaptadores de GPU T400 y T1000. Los adaptadores de GPU
T400 y T1000 no se admiten en una tarjeta de expansién Gen 5.

¢ Siseinstala un adaptador GPU de doble ancho en laranura 2, 5 o 7, la ranura adyacente 1, 4 u 8,
respectivamente, no esta disponible.

e Cuando hay tres 0 mas adaptadores SFF RAID/HBA instalados, solo se admite un maximo de dos
adaptadores de GPU de ancho doble.
. Reglas para los adaptadores internos RAID/HBA SFF:

¢ | os adaptadores RAID de la serie 940 0 9350 requieren un médulo de alimentacién flash RAID.

e El adaptador RAID 940-8i o RAID 940-16i admite modo triple. Cuando el modo triple esta habilitado,
el servidor admite unidades SAS, SATA y U.3 NVMe al mismo tiempo. Las unidades NVMe estan
conectadas al controlador a través de un enlace PCle x1.

Nota: Para admitir el modo triple con unidades U.3 NVMe, debe estar habilitado el modo U.3 x1

para las ranuras de unidad seleccionadas en la placa posterior a través de la GUI web de XCC. De lo
contrario, no se pueden detectar las unidades U.3 NVMe. Para obtener mas informacién, consulte
“La unidad U.3 NVMe se puede detectar en la conexion NVMe, pero no se puede detectar en el modo
triple” en la pagina 715.

¢ |aclave de RAID virtual en CPU (VROC) y modo triple no son compatibles al mismo tiempo.

e Debe instalarse un ThinkSystem AMD X3522 10/25GbE DSFP28 2-port PCle Ethernet Adapter en la
ranura x16 por razones de peso.

3. EI 450W-16e HBA no se puede instalar en la ranura 8 por razones de abrazadera.

Reglas térmicas

En este tema se proporcionan las reglas térmicas para el servidor.

“Reglas térmicas para servidor sin DWCM” en la pagina 20
“Reglas térmicas para servidor con DWCM” en la pagina 30

Reglas térmicas para servidor sin DWCM

En este tema se proporcionan las reglas térmicas para el servidor sin un Médulo de refrigeracion de agua
directa (DWCM).

“Configuraciones estandar” en la pagina 22

“Configuraciones de almacenamiento con procesadores SPR” en la pagina 22
“Configuraciones de almacenamiento con procesadores EMR” en la pagina 25
“Configuraciones de GPU sin FIO” en la pagina 27

“Configuraciones de GPU con FIO” en la pagina 28

“Configuraciones sin GPU con FIO o0 4LP” en la pagina 29

“Configuracion con disipadores de calor con alas 2U” en la pagina 29

Las abreviaturas utilizadas en las tablas siguientes se definen como sigue:

Temp. max.: temperatura ambiente maxima al nivel del mar
FIO = expansién 5 + OCP frontal

4LP = expansion 3/4

S/S: SAS/SATA

Any: AnyBay

E: entrada
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S: estandar

P: rendimiento
SW: ancho Unico
DW: ancho doble
NA: no aplicable
Y:si

N: no

Notas:

Se necesitan disipadores de calor de rendimiento y ventiladores de rendimiento para que el servidor
tenga procesadores 6434/6434H/6534 de 195 W o una expansién posterior 4LP.
Se necesitan disipadores de calor y ventiladores estandar para el servidor que tiene procesadores 5515+
de 165 W.
Se necesitan disipadores de calor de rendimiento para que el servidor tenga un adaptador de GPU
instalado en la expansion frontal.
Se necesitan ventiladores de rendimiento para que el servidor tenga cualquiera de los siguientes
componentes:
— adaptadores PCle y OCP frontales
— Modulo OCP instalado en el chasis con 12 unidades frontales de 3,5"
— Unidades NVMe de 7 mm traseras instaladas en el chasis con 12 unidades frontales de 3,5"
— RAID/HBA/Expansor CFF interno
— Piezas con cable éptico activo (AOC) instaladas en las configuraciones de almacenamiento
— ThinkSystem 96GB TruDDR5 4800MHz (2Rx4) RDIMM
— ThinkSystem 128GB TruDDR5 5600MHz (2Rx4) RDIMM
— ThinkSystem 128GB TruDDR5 4800MHz (4Rx4) 3DS RDIMM v1
— ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz (8Rx4) 3DS RDIMM v1
— Las siguientes tarjetas de red especiales instaladas en las configuraciones de almacenamiento
— Mellanox ConnectX-6 HDR100 IB/100GbE VPI 1-port x16 PCle 3.0 HCA w/ Tall Bracket L1/SBB with
Active Fiber cables
— Mellanox ConnectX-6 HDR100 IB/100GbE VPI 2-port x16 PCle 3.0 HCA w/ Tall Bracket L1/SBB with
Active Fiber cables
— Mellanox ConnectX-6 HDR IB/200GbE Single Port x16 PCle Adapter w/ Tall Bracket with Active
Fiber cables
— Mellanox MCX623106AC-CDAT Dx 100GbE QSFP56 2-port PCle NIC -CSP 14
— ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 Dx 100GbE QSFP56 2-port PCle Ethernet Adapter with Active
Fiber cables
— ThinkSystem NVIDIA BlueField-2 25GbE SFP56 2-Port PCle Ethernet DPU w/BMC & Crypto
— ThinkSystem NVIDIA ConnectX-7 NDR400 OSFP 1-port PCle Gen5 Adapter with Active Fiber cables
— ThinkSystem NVIDIA ConnectX-7 NDR200/HDR QSFP112 2-port PCle Gen5 x16 InfiniBand Adapter
with Active Fiber cables
— ThinkSystem Broadcom 57508 100GbE QSFP56 2-port PCle 4 Ethernet Adapter V2 with Active
Fiber cables
— ThinkSystem Broadcom 57454 10GBASE-T 4-port OCP Ethernet Adapter
— ThinkSystem Broadcom 57416 10GBASE-T 2-port OCP Ethernet Adapter
— ThinkSystem Broadcom 57508 100GbE QSFP56 2-Port OCP Ethernet Adapter
ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz (8Rx4) 3DS RDIMM v1 solo se admite en servidores instalados
con los siguientes componentes a una temperatura ambiente maxima de 25 °C:
— bahia de unidad frontal de 8 x 2,5"/16 x 2,5"/8 x 3,5"
procesadores con TDP menor o igual a 250 W
disipadores de calor de entrada de 2U o estandar
ventilador de rendimiento
Cuando estd instalado ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz (8Rx4) 3DS RDIMM v1, el servidor admite
un maximo de seis adaptadores de GPU HHHL en la ranura 1/2/4/5/7/8 y no admite adaptadores de GPU
FHFL.
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¢ | atemperatura ambiente se limita a 30 °C o menos cuando se utiliza cualquiera de los siguientes tipos de

RDIMM:

v1)

RDIMM de 5600 MHz con capacidad mayor o igual a 96 GB
ThinkSystem 96GB TruDDR5 4800MHz (2Rx4) RDIMM
ThinkSystem 128GB TruDDR5 4800MHz (4Rx4) 3DS RDIMM v1
RDIMM de 4800 MHz y 256 GB (excepto ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz (8Rx4) 3DS RDIMM

e El servidor sin un DWCM no admite el procesador 8593Q.

Configuraciones estandar

En esta seccidn se proporciona informacién térmica para las configuraciones estandar.

Bahias de Temp. max. CPU TDP Disipador de Deflector de Tipo de Cantidad
unidad (vatios) calor aire ventilador maxima
frontales de DIMM
45°C 125<=TDP <= | FormadeT((P) | S P 32
185
40 °C <=205 FormadeT((P) | S P 32
8x2.5"
35°C 125<=TDP <= | 2U (E) S S 32
16x2.5" 185
35°C <=250 2U (S) S S 32
8x3.5"
35°C 270<=TDP <= | Formade T (P) 32
330
30°C 350 FormadeT(P) | S P 32
Notas:

1. La compatibilidad de DIMM tiene las siguientes condiciones:

e Cuando la capacidad de cada RDIMM es menor o igual a 64 GB, se utilizan ventiladores estandar.

¢ Cuando la capacidad de cada RDIMM es mayor a 64 GB, se utilizan ventiladores de rendimiento.

2. Las temperaturas ambiente maximas de 45 °C y 40 °C se admiten en las siguientes condiciones:

¢ |a capacidad de cada RDIMM debe ser menor o igual a 64 GB.

¢ FEl servidor admite solo tarjetas PCle de bajo perfil con disminucién del rendimiento.

¢ |os siguientes procesadores no se utilizan:

— Procesadores 6434/6434H/6534 de 195 W
— Procesador 5515+ de 165 W

Configuraciones de almacenamiento con procesadores SPR

Esta seccidn proporciona informacion térmica para las configuraciones de almacenamiento con

Procesadores de 4.2 generacion (Sapphire Rapids, SPR).

Canti-
Bahias de Bahias de Bahias de . Deflec- | Tipo de dad
unidad unidad unidad 'rl;]eén;p. gI;tLiJOLI)Z)P S;S;Z?SI?r tor de ventila- maxima
frontales centrales posteriores ) aire dor de
DIMM
125 <=
24 x2.5" NA 30 °C TDP <= 2U (E) S S 32
185
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Canti-

Bahias de Bahias de Bahias de .. Deflec- | Tipo de dad
unidad unidad unidad 'rl;‘eén;p. :,:::OLI)DP g;s::;;?::r tor de ventila- maxima
frontales centrales posteriores ' aire dor de
DIMM
195 <=
30°C TDP <= 2U () S S 32
205
225 <=
30°C TDP<= | 2U(S) S P 32
250
270 <=
30°C | TDP <= (ch;rma deT | g P 32
330
25°C | 350 (FFf;rma deT | g P 32
4x25"S/S 30°C <= 250 ::Fg;rmadeT S p 32
NA 2x2ensn 270 <= FormadeT
4% 05" 25°C TOP<= | o S P 32
NVMe 300
F T
30°C | <=250 (F(,;rma T | A P 32
8x2.5"
NA
NVMe 270 <=
25°C | TDP <= (FFf;rma deT | na P 32
300
30°C | <=250 (FFf;rma deT | na P 32
8x25"S/S | 4x2.5"S/S
270 <=
4x35"S/S | 8x25"S/S | o5oc | TDP <= Fporma deT | \a p 30
300 (P)
8x2.5" 4x25" o _ FormadeT
NUMo N 25°C <= 300 @) NA P 32
125 <=
30°C TDP <= 2U () S S 32
185
195 <=
30°C TDP <= 2U (9) S S 32
205
. 225 <=
12x3.5 NA NA 30°C  |TDP<= |20 s P 32
250
270 <=
30°C | TDP <= (FFf;rma deT | g P 32
330
25°C | 350 FormadeT | o P 32

(P)
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Canti-
Bahias de Bahias de Bahias de . . Deflec- | Tipo de dad
unidad unidad unidad 'rl;eén;p. ((‘:,:::OE)DP 3:2;?::" tor de ventila- maxima
frontales centrales posteriores ' aire dor de
DIMM
5" F T
2x3.5"8/S 30°C <2 250 (Po)rmade S p 32
4x3.5"S/S
NA
4x25"S/S 270 <=
25°C | TDP <= (F;)rma deT | g P 32
4x25" 300
NVMe
F T
30°C | <=250 (F‘,;rma deT | na P 32
8x2.5"
NA
NVMe 270 <=
25°C | TDP <= (FFf;rma deT | na P 32
300
30°C | <=250 F,f madeT |\ A P 32
4x3.5"S/S P)
4x3.5"S/S
270 <=
4x25"8/S | o5°c | TDP<= (FF?)rma e | na P 32
300
Notas:

1.

La compatibilidad de DIMM tiene las siguientes condiciones:

Cuando la capacidad de cada RDIMM es menor o igual a 32 GB, se utilizan ventiladores estandar.
Cuando la capacidad de cada RDIMM es mayor a 32 GB, se utilizan ventiladores de rendimiento.

La temperatura ambiente se limita a 25 °C o menos cuando se utiliza ThinkSystem 128GB TruDDR5
4800MHz (4Rx4) 3DS RDIMM v1 en configuraciones de 8 unidades AnyBay de 2,5 pulgadas + 16
unidades SAS/SATA de 2,5 pulgadas, 16 unidades AnyBay de 2,5 pulgadas + 8 unidades SAS/SATA
de 2,5 pulgadas o 24 unidades AnyBay de 2,5 pulgadas.

La temperatura ambiente se limita a 30 °C o menos cuando se utiliza ThinkSystem 128GB TruDDR5
4800MHz (4Rx4) 3DS RDIMM v1 en configuraciones de 12 unidades de 3,5 pulgadas en las
siguientes condiciones:

— No se instalé ninguna bahia de unidad media o posterior.
— Se utilizan disipadores de calor estandar o de entrada.
— El procesador TDP es de 250 W o menos.

La temperatura ambiente se limita a 25 °C o menos cuando ThinkSystem 96GB TruDDR5 4800MHz
(2Rx4) RDIMM y ThinkSystem 128GB TruDDR5 5600MHz (2Rx4) RDIMM esta instalado en las
siguientes configuraciones:

— Configuraciones de 12 unidades de 3,5" que incluyen procesadores con TDP superior a 250 W y
menor o igual a 300 W

— Configuraciones de 12 unidades de 3,5" + bahia de unidad central/trasera, incluidos procesadores
con TDP superior a 250 W'y menor o igual a 270 W

ThinkSystem 96GB TruDDR5 4800MHz (2Rx4) RDIMM y ThinkSystem 128GB TruDDR5 5600MHz
(2Rx4) RDIMM no son compatibles con configuraciones de 12 unidades de 3,5", incluidos
procesadores con TDP superior a 300 W.

2. Para el chasis con 12 unidades frontales de 3,5", una pieza con AOC no es compatible con la ranura 3.
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3. Para un mejor rendimiento, no se recomienda bloquear el conducto de ventilacién en la cubierta
superior de un servidor con configuracion de almacenamiento.

4. Cuando la temperatura ambiente es de 30 °C, las bahias de unidad trasera o central NVMe Gen 5 no

admiten unidades de tamafo superior a 3,84 TB.

5. Latemperatura ambiente se limita a 25 °C o menos cuando las siguientes SSD NVMe estan instaladas
en la configuracion frontal de 12 unidades SAS/SATA de 3,5" + central de 8 unidades NVMe de 2,5" o

frontal de 12 unidades SAS/SATA de 3,5" + posterior de 4 unidades NVMe de 2,5":

¢ ThinkSystem 2.5" U.2 P5336 61.44TB Read Intensive NVMe PCle 4.0 x4 HS SSD
¢ ThinkSystem 2.5" U.2 P5336 30.72TB Read Intensive NVMe PCle 4.0 x4 HS SSD
¢ ThinkSystem 2.5" U.2 P5336 15.36TB Read Intensive NVMe PCle 4.0 x4 HS SSD

Configuraciones de almacenamiento con procesadores EMR

Esta seccidn proporciona informacion térmica para las configuraciones de almacenamiento con
Procesadores de 5.2 generacion (Emerald Rapids, EMR).

Canti-
Bahias de Bahias de Bahias de . Deflec- | Tipo de dad
unidad unidad unidad I‘ea’r:p. EZEOZ?P gésg?::r tor de ventila- maxima
frontales centrales posteriores ) aire dor de
DIMM
125 <=
30°C TDP <= 2U (E) S P 32
185
185 <
30°C TDP <= 2U (9) S P 32
NA NA 250
270 <=
30°C | TDP <= (FFf;rma deT | g P 32
330
F T
25°C | 350 (P(;rma deT | g P 32
4x2.5"8/S 30 °C <= 950 g;;rmadeT S p 30
24 x2.5" NA Pxeees 270 <= FormadeT
xe 425" 25°C TOP<= | p S P 32
NVMe 300
F deT
30°C | <=250 (Ff;rma °' [ Na P 32
8x2.5"
NA
NVMe 270 <=
25°C | TDP <= (FF‘,;rma deT | \a P 32
300
30°C | <=250 FF? madeT | \a P 32
8x2.5"S/S | 4x2.5"s/S P)
270 <=
4x3.5"S/S 8x2.5"S/S 25 °C TDP <= ::F():;rma deT NA P 32
300
8x2.5" 4x25" o 5 Formade T
NVMe NVMe 25°C <= 300 P) NA P 32
125 <=
12 x 3.5" NA NA 30°C TDP <= 2U (E) S P 32
185
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Canti-
Bahias de Bahias de Bahias de . . Deflec- | Tipo de dad
unidad unidad unidad 'rl;eén;p. ((‘:,:::OE)DP 3:2;?::" tor de ventila- maxima
frontales centrales posteriores ' aire dor de
DIMM
185 <
30°C TOP<= | 2U(S) s = 32
250
270 <=
30°C | TDP <= (F,f)rma deT | g P 32
330
25°C | 350 (FF‘f;rma deT | g P 32
2x3.5"8/S 30°C < 250 z:Pc;rmadeT S P 30
4x3.5"S/S
NA
4x25"S/S 270 <=
25°C | TDP <= (FF‘f;rma deT | g P 32
4x2.5" 300
NVMe
30°C | <=250 (FF‘,;rma deT | \a P 32
8x2.5"
NA
NVMe 270 <=
25°C | TDP <= (ch;rma deT | \a P 32
300
R Formade T
4%3.5"S/5 30 °C <= 250 P NA P 32
4x3.5"S/S
270 <=
4x25"S/S | o5°c | TDP <= (ch;rma N VA P 32
300
Notas:

1. La compatibilidad de DIMM tiene las siguientes condiciones:

¢ Latemperatura ambiente se limita a 25 °C o menos cuando se utiliza ThinkSystem 128GB TruDDR5
4800MHz (4Rx4) 3DS RDIMM v1 en configuraciones de 8 unidades AnyBay de 2,5 pulgadas + 16
unidades SAS/SATA de 2,5 pulgadas, 16 unidades AnyBay de 2,5 pulgadas + 8 unidades SAS/SATA
de 2,5 pulgadas o0 24 unidades AnyBay de 2,5 pulgadas.

¢ Latemperatura ambiente se limita a 30 °C o menos cuando se utiliza ThinkSystem 128GB TruDDR5
4800MHz (4Rx4) 3DS RDIMM v1 en configuraciones de 12 unidades de 3,5 pulgadas en las
siguientes condiciones:

— No se instalé ninguna bahia de unidad media o posterior.
— Se utilizan disipadores de calor estandar o de entrada.
— El procesador TDP es de 250 W o0 menos.
2. Para el chasis con 12 unidades frontales de 3,5", una pieza con AOC no es compatible con la ranura 3.

3. En configuraciones de 12 x 3,5 pulgadas, el servidor soporta la temperatura maxima de 30 °C para
procesadores con TDP superior a 300 Wy de 330 W o menos y 25 °C para procesadores de 350 W solo
cuando la capacidad del DIMM es de 48 GB o menos.

4. Para un mejor rendimiento, no se recomienda bloquear el conducto de ventilacién en la cubierta
superior de un servidor con configuraciéon de almacenamiento.
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5. Cuando la temperatura ambiente es de 30 °C o superior, las bahias de unidad trasera o central NVMe

Gen 5 no admiten unidades de tamano superior a 3,84 TB.

6. Latemperatura ambiente se limita a 25 °C o menos cuando las siguientes SSD NVMe estéan instaladas
en la configuracion frontal de 12 unidades SAS/SATA de 3,5" + central de 8 unidades NVMe de 2,5" o
frontal de 12 unidades SAS/SATA de 3,5" + posterior de 4 unidades NVMe de 2,5":
¢ ThinkSystem 2.5" U.2 P5336 61.44TB Read Intensive NVMe PCle 4.0 x4 HS SSD
e ThinkSystem 2.5" U.2 P5336 30.72TB Read Intensive NVMe PCle 4.0 x4 HS SSD
¢ ThinkSystem 2.5" U.2 P5336 15.36TB Read Intensive NVMe PCle 4.0 x4 HS SSD

Configuraciones de GPU sin FIO

En esta seccidn se proporciona informacién térmica para las configuraciones de GPU sin FIO.

* GPU de ancho unico: NVIDIA A2, T1000, T400, L4

¢ GPU de doble ancho: NVIDIA A16, A30, A40, A100, A800, H100, H800, L40, L40S, RTX A2000, RTX
A4500, RTX A6000, RTX 6000 Ada, H100 NVL; AMD Instinct MI210

Cantidad maxima

Ba_h ias de Temp. CPU TDP Disipador | Deflector Tlpo_de de GPU Ca’nt_ldad
unidad max (vatios) de calor de aire ventila- maxima
frontales | dor sSW DW de DIMM
125 <=
30°C TDP <= 2U (E) S P 8 NA 32
185
225 <=
30°C TDP <= 2U (S) S P 8 NA 32
8 X 2.5" 250
270 <=
30°C TDP <= (Fg;rma deT g P 8 NA 32
350
30°C <=350 (FF‘f;rma 4T | gpu P NA 3 32
125 <=
30°C TDP <= 2U (E) S P 8 NA 32
185
225 <=
30°C TDP <= 2U (§) S P 8 NA 32
250
" 270 <=
8x3.5 30°C TDP <= (FFf;rma deT g P 8 NA 32
16 x 2.5" 300
F T
30°C <= 300 (Ff;rma T | Gpu P NA 3 32
o 300<TDP | FormadeT
25°C - 350 P) S P 8 NA 32
o 300<TDP | FormadeT
25°C e ®) GPU P NA 3 32
125 <=
25°C TDP <= 2U (B) S P 6 NA 32
185
24x2.5"
225 <=
25°C TDP <= 2U (S) S P 6 NA 32
250
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‘. : Cantidad maxima ;
Bahias de Temp. CPUTDP | Disipador | Deflector Tipo de de GPU Cantidad
unidad max (vatios) de calor de aire ventila- Mmaxima
frontales ) dor sSW DW de DIMM

270 <=
25°C TDP <= (FFf;rma deT | g P 6 NA 32
300
25°C <=300 FormadeT | <oy P NA 2 32
(P)
Notas:

1. Para el chasis con 16 unidades frontales de 2,5 pulgadas, se admite un maximo de dos adaptadores de
GPU A40, H100, H800 o L40S en la ranura de PCle 2 y 5 a una temperatura ambiente maxima de 30 °C.

2. Las configuraciones de GPU de 24 unidades de 2,5" no admiten adaptadores GPU A40 y H100 NVL.

3. El chasis admite un maximo de tres adaptadores GPU RTX A2000 y RTX 6000 Ada con 24 unidades
frontales de 2,5".

4. El adaptador GPU H100 NVL se admite a una temperatura ambiente maxima de 25 °C.

Configuraciones de GPU con FIO

En esta seccidn se proporciona informacion térmica para las configuraciones de GPU con FIO.

e GPU de ancho unico: NVIDIA A2, T1000, T400, L4

¢ GPU de doble ancho: NVIDIA A16, A30, A40, A100, A800, H100, H800, L40, L40S, RTX A2000, RTX
A4500, RTX A6000, RTX 6000 Ada, H100 NVL; AMD Instinct MI210

Cantidad maxima de GPU Canti-
Ba'hlas de Temp. CPU TDP | Disipador | Deflector T|po_de d?d.
unidad max (vatios) | de calor | de aire ventila- | T1000/ maxi-
frontales ' dor Tago | A4 | DW ma de
DIMM
R Forma de
30°C <=300 |1 S P 8 10 NA 32
300 <
25 °C TP <= |FOMade |4 P 8 10 NA 32
T(P)
8x2.5"+ 350
FIO
30°C =300 |Formade | oy P NA NA ) 32
T(P)
300 <
25 °C TDP<= |FOMmade | oo P NA NA 2 32
T(P)
350
Formad
25°C <=300 T‘zg)”a °ls P 8 10 NA 32
16x2.5" +
FIO F
25 °C <=1300 ormade | oo, P NA NA ) 32
T(P)
Notas:

1. La expansion (expansion 5) solo admite adaptadores de GPU SW pasivos.

2. Las configuraciones de GPU de 16 unidades de 2,5" + FIO no admiten adaptadores GPU A40 y H100
NVL.

3. El adaptador GPU H100 NVL se admite a una temperatura ambiente maxima de 25 °C.
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Configuraciones sin GPU con FIO o0 4LP

En esta seccidn se proporciona informacién térmica para configuraciones que no son de GPU con FIO o
expansion 4LP posterior.

Bahias de .. . Cantidad
iios | Tomp.max. | SPUTDP | Diepodorde | Deecorde | Toode | ima o
frontales DIMM
35 °C 125 <=TDP <= 2U (B) s P 32
185
35°C ggg <=TDP<= |5y (g) S P 32
8x2.5" +FIO
35°C 2710<=TDP <= | £oinadeT(P) | s P 32
330
30°C 350 FormadeT((P) | S P 32
30°C 125<=TDP <= | 5 ) S P 32
185
30°C ggg <=TDP <= {5 (g) S P 32
16 x2.5" + FIO
30°C 2710<=TDP <= | £omade T P |s P 32
330
25°C 350 FormadeT(P) | S P 32
8x2.5" +4LP 35°C <=330 FormadeT(P) | S P 32
16x25"+4LP |30°C 350 FormadeT(P) | S P 32

Nota: Latemperatura ambiente debe limitarse a 25 °C o menos cuando ThinkSystem 128GB TruDDR5
4800MHz (4Rx4) 3DS RDIMM v1 esta instalado en la configuracion SAS/SATA de 8 x 2,5 pulgadas + AnyBay
+ FIO de 8 x 2,5 pulgadas o en la configuracion AnyBay + FIO de 16 x 2,5 pulgadas.

Configuracién con disipadores de calor con alas 2U

En esta seccidn se proporciona informacién térmica para la configuracion disponible actualmente con

disipadores de calor con alas 2U.

. . Tipo de
Bahias de unidad | .\ . CPU Deflectorde | o htila- | Cantidad maxima de DIMM
frontales aire
dor
g:n25.5" NVMe 30 °C 6558Q NA P 32 x DIMM de 5600 MHz y 16 GB
Notas:

1. La placa posterior de 8 unidades de 2,5" se instala en la posicion de la placa posterior 2. Para conocer
la posicion de la placa posterior 2, consulte “Instalacion de la placa posterior de la unidad frontal de 2,5
pulgadas.” en la pagina 89.

2. Para la configuracion NVMe de 8 x 2,5 pulgadas, la capacidad de la unidad debe ser de 7,68 TB o

menos.

3. Para otras solicitudes de Configuracion con disipador de calor de con alas 2U para procesadores de
refrigeracion asistida por liquidos 6558Q, 6458Q u 8470Q, péngase en contacto con su representante
de ventas de Lenovo para investigar el proceso de licitacién especial de Lenovo.
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Reglas térmicas para servidor con DWCM

En

este tema se proporcionan las reglas térmicas para el servidor con un Modulo de refrigeraciéon de agua

directa (DWCM).

“Configuraciones estandar” en la pagina 31

“Configuraciones de almacenamiento” en la pagina 31
“Configuraciones de GPU sin FIO y 4LP” en la pagina 32
“Configuraciones de GPU con FIO” en la pagina 33

“Configuraciones que no son de GPU con FIO o 4LP” en la pagina 33

Las abreviaturas utilizadas en las tablas siguientes se definen como sigue:

e Temp. max.: temperatura ambiente maxima al nivel del mar
* FIO = expansion 5 + OCP frontal
e 4] P = expansion 3/4
e S/S: SAS/SATA
¢ Any: AnyBay
e E:entrada
e S:estandar
e P:rendimiento
e SW: ancho unico
e DW: ancho doble
¢ NA: no aplicable
o Y:si
e N:no
Notas:
¢ Se necesitan ventiladores de rendimiento para que el servidor tenga cualquiera de los siguientes
componentes:
— adaptadores PCle y OCP frontales
— Moddulo OCP instalado en el chasis con 12 unidades frontales de 3,5"
— Unidades NVMe de 7 mm traseras instaladas en el chasis con 12 unidades frontales de 3,5"
— RAID/HBA/Expansor CFF interno
— Piezas con cable 6ptico activo (AOC) instaladas en las configuraciones de almacenamiento
— ThinkSystem 96GB TruDDR5 4800MHz (2Rx4) RDIMM
— ThinkSystem 128GB TruDDR5 5600MHz (2Rx4) RDIMM
— ThinkSystem 128GB TruDDR5 4800MHz (4Rx4) 3DS RDIMM v1
— ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz (8Rx4) 3DS RDIMM v1
— Las siguientes tarjetas de red especiales instaladas en las configuraciones de almacenamiento
— Mellanox ConnectX-6 HDR100 IB/100GbE VPI 1-port x16 PCle 3.0 HCA w/ Tall Bracket L1/SBB with
Active Fiber cables
— Mellanox ConnectX-6 HDR100 IB/100GbE VPI 2-port x16 PCle 3.0 HCA w/ Tall Bracket L1/SBB with
Active Fiber cables
— Mellanox ConnectX-6 HDR IB/200GbE Single Port x16 PCle Adapter w/ Tall Bracket with Active
Fiber cables
— Mellanox MCX623106AC-CDAT Dx 100GbE QSFP56 2-port PCle NIC -CSP 14
— ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 Dx 100GbE QSFP56 2-port PCle Ethernet Adapter with Active
Fiber cables
— ThinkSystem NVIDIA BlueField-2 25GbE SFP56 2-Port PCle Ethernet DPU w/BMC & Crypto
— ThinkSystem NVIDIA ConnectX-7 NDR400 OSFP 1-port PCle Gen5 Adapter with Active Fiber cables
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— ThinkSystem NVIDIA ConnectX-7 NDR200/HDR QSFP112 2-port PCle Gen5 x16 InfiniBand Adapter
with Active Fiber cables

— ThinkSystem Broadcom 57508 100GbE QSFP56 2-port PCle 4 Ethernet Adapter V2 with Active
Fiber cables

— ThinkSystem Broadcom 57454 10GBASE-T 4-port OCP Ethernet Adapter

— ThinkSystem Broadcom 57416 10GBASE-T 2-port OCP Ethernet Adapter

— ThinkSystem Broadcom 57508 100GbE QSFP56 2-Port OCP Ethernet Adapter
¢ |atemperatura ambiente se limita a 30 °C o menos cuando se utiliza cualquiera de los siguientes tipos de

RDIMM:

— RDIMM de 5600 MHz con capacidad mayor o igual a 96 GB

— ThinkSystem 96GB TruDDR5 4800MHz (2Rx4) RDIMM

— ThinkSystem 128GB TruDDR5 4800MHz (4Rx4) 3DS RDIMM v1
— RDIMM de 4800 MHz y 256 GB (excepto ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz (8Rx4) 3DS RDIMM

v1)

Configuraciones estandar

Esta seccidn proporciona informacion térmica para las configuraciones estandar con un DWCM.

Bahias de . . Tipo de Cantidad
. Temp. max. CPU TDP (vatios) | Deflector de aire . maxima de
unidad frontales ventilador
DIMM
8x25"
Y o Todos
16x2.5 35°C compatibles S S 32
8x3.5"

Nota: Latemperatura ambiente se limita a 25 °C cuando se utiliza ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz
(8Rx4) 3DS RDIMM v1.

Configuraciones de almacenamiento

Esta seccidn proporciona informacion térmica para las configuraciones de almacenamiento con un DWCM.

Bahias de unidad Ba_h ias de Ba_h ias de Temp. Deflector Tipo de C'a r}tldad
frontales unidad umdad' max de aire ventilador maxima de
centrales posteriores . DIMM
16x2.5"S/S+8x | NA NA 35°C S S 32
2.5" Any 4x25"S/S
\ NA 35°C S P 32
8x25"S/S+16x 2%x3.5"S/S
2.5" Any
8 x2.5" NVMe NA 30°C NA P 32
24x2.5"8/8 8x2.5"S/S 4x2.5"S/S
. 35°C NA P 32
24 x2.5" Any 4x35"S/S 8x2.5"S/S
24 x2.5"S/S
NA 4x2.5" NVMe 30°C S P 32
24 x2.5" Any
24 x 2.5" NVMe 8 x2.5" NVMe 4x2.5"NVMe 30°C NA P 32
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Bahias de unidad Ba'hlas de Ba_hlas de Temp. Deflector Tipo de C'a '?t'dad
frontales unidad unidad max de aire ventilador maxima de
centrales posteriores ) DIMM
NA NA 35°C S S 32
2x3.5"S/S
NA 4x3.5"S/S 35°C S P 32
12x3.5" S/S
4x25"S/S
12 x3.5" Any
8 x2.5" NVMe NA 30°C NA P 32
4x3.5"S/S
4x3.5"S/S 35°C NA P 32
4x2.5"S/S
12x3.5"S/S NA 4 x2.5" NVMe 30°C S P 32
Notas:

1. Cuando la capacidad de cada RDIMM es menor que 64 GB, se utilizan ventiladores estandar.

2. Cuando la capacidad de cada RDIMM es mayor o igual que 64 GB, se utilizan ventiladores de

rendimiento.

3. Las configuraciones de almacenamiento con un DWCM no son compatibles con ThinkSystem 256GB
TruDDR5 4800MHz (8Rx4) 3DS RDIMM v1.

4. Latemperatura ambiente se limita a 25 °C o menos cuando las siguientes SSD NVMe estéan instaladas
en la configuracion frontal de 12 unidades SAS/SATA de 3,5" + central de 8 unidades NVMe de 2,5" o
frontal de 12 unidades SAS/SATA de 3,5" + posterior de 4 unidades NVMe de 2,5":
¢ ThinkSystem 2.5" U.2 P5336 61.44TB Read Intensive NVMe PCle 4.0 x4 HS SSD
¢ ThinkSystem 2.5" U.2 P5336 30.72TB Read Intensive NVMe PCle 4.0 x4 HS SSD
e ThinkSystem 2.5" U.2 P5336 15.36TB Read Intensive NVMe PCle 4.0 x4 HS SSD

Configuraciones de GPU sin FIO y 4LP
En esta seccidn se proporciona informacion térmica para las configuraciones de GPU sin FIO y 4LP.

¢ GPU de ancho unico: NVIDIA A2, T1000, T400, L4

¢ GPU de doble ancho: NVIDIA A16, A30, A40, A100, A800, H100, H800, L40, L40S, RTX A2000, RTX

A4500, RTX A6000, RTX 6000 Ada, H100 NVL; AMD Instinct MI210

‘ Cantidad maxima de ;
Bahias de . CPU TDP Deflector de | Tipo de GPU Cantidad
unidad Temp. max. . . . maxima de

(vatios) aire ventilador
frontales SW DW DIMM
8x2.5" o Todos
35°C compatibles S P 8 NA 32
8x3.5" Tod
. odos
16x 25" 35°C compatibles GPU P NA 3 32
o Todos
35°C compatibles S P 6 NA 32
24 x2.5" Tod
o odos
35°C compatibles GPU P NA 3 32
Notas:

1. Latemperatura ambiente debe limitarse a 30 °C o menos en los siguientes casos:
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¢ Tres adaptadores GPU A40 estan instalados en configuraciones de 24 unidades de 2,5".

e Tres adaptadores GPU de 300 W estan instalados en configuraciones de 8 unidades de 3,5" o

16 unidades de 2,5".
e FEl adaptador GPU H100 NVL esta instalado.
2. Latemperatura ambiente debe limitarse a 25 °C o menos en los siguientes casos:

¢ Tres adaptadores de GPU H100/H800/L40S estan instalados en configuraciones de 24 x 2,5
pulgadas.

¢ El servidor esta equipado con ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz (8Rx4) 3DS RDIMM v1.

3. Las configuraciones de 24 unidades de 2,5" no admiten el adaptador GPU H100 NVL y ThinkSystem
256GB TruDDR5 4800MHz (8Rx4) 3DS RDIMM v1.

Configuraciones de GPU con FIO

En esta seccién se proporciona informacion térmica para las configuraciones de GPU con FIO.
¢ GPU de ancho unico: NVIDIA A2, T1000, T400, L4

* GPU de doble ancho: NVIDIA A16, A30, A40, A100, A800, H100, H800, L40, L40S, RTX A2000, RTX
A4500, RTX A6000, RTX 6000 Ada, H100 NVL; AMD Instinct MI210

Cantidad maxima de GPU Canti-
5::;:; de | Temp. CPUTDP | Deflector | Tipode [ mg;ia
e = - o 1
frontales max. (vatios) de aire ventilador 400 A2/L4 DW de
DIMM
\ Todos
8x2.5" + 35°C compati- | GPU P NA NA 3 32
FIO bles
16 x2.5" + Todos
FIO 30°C compati- S P 8 10 NA 32
bles
Notas:

1. La expansién (expansion 5) solo admite adaptadores de GPU SW pasivos.

2. Latemperatura ambiente debe limitarse a 30 °C o menos en los siguientes casos:

¢ Tres adaptadores GPU de 300 W estan instalados en configuraciones de 8 unidades de 2,5" + FIO.

e Tres adaptadores GPU A40 estan instalados en configuraciones de 16 unidades de 2,5" + FIO.

e FEl| adaptador GPU H100 NVL esta instalado.

3. La temperatura ambiente debe estar limitada a 25 °C o mas cuando hay tres adaptadores de GPU
H100/H800/L40S instalados en configuraciones de 16 unidades de 2,5 pulgadas + FIO.

4. Las configuraciones de 16 unidades de 2,5" + FIO no admiten el adaptador GPU NVL H100 y

ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz (8Rx4) 3DS RDIMM v1.

Configuraciones que no son de GPU con FIO o 4LP

En esta seccidén se proporciona informacién térmica para configuraciones que no son de GPU con FIO o

expansion 4LP posterior.
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. . . Cantidad
Bahias de unidad Temp. max. CPL.’ TDP Deflector de aire T|po_de maxima de
frontales (vatios) ventilador

DIMM
8 x2.5" + FIO/4LP 35 G Todos S o .
16 x 2.5" + FIO/4LP compatibles

Nota: Las configuraciones que no son GPU con FIO no son compatibles con ThinkSystem 256GB TruDDR5
4800MHz (8Rx4) 3DS RDIMM v1.

Encendido y apagado del servidor

Siga las instrucciones de esta seccion para encender y apagar el servidor.

Encendido del servidor

Después de que el servidor realice una autoprueba corta (LED de estado de alimentacién parpadea
rapidamente) cuando esta conectado a la alimentacion de entrada, ingresa a un estado en espera (LED de
estado de alimentacion parpadea una vez por segundo).

Las ubicaciones del botén de inicio/apagado y el LED de encendido se especifican en:

¢ “Componentes del servidor” en la Guia del usuario o la Guia de configuracion del sistema
¢ “Resolucion de problemas mediante LED de sistema y pantalla de diagndstico” en la pagina 672.

El servidor se puede encender (LED de encendido iluminado) de cualquiera de estas maneras:

¢ Al presionar el botén de encendido.

¢ El servidor se puede reiniciar automaticamente después de una interrupcién de la alimentacion.

¢ El servidor puede responder a solicitudes remotas de encendido enviadas al Lenovo XClarity Controller.
Importante: La versién compatible de Lenovo XClarity Controller (XCC) varia segun el producto. Todas las
versiones de Lenovo XClarity Controller se denominan Lenovo XClarity Controller y XCC en este documento,

a menos que se especifique lo contrario. Para ver la version de XCC admitida por su servidor, vaya a https://
pubs.lenovo.com/Ixcc-overview/.

Para obtener informacién sobre como apagar el servidor, consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

Apagado del servidor

El servidor permanece en estado de espera cuando esta conectado a una fuente de alimentacion, lo que
permite que el Lenovo XClarity Controller responda a las solicitudes de encendido remotas. Para quitar por
completo la alimentacién del servidor (LED de estado de alimentacién apagado) debe desconectar todos los
cables de alimentacion.

Las ubicaciones del botdn de inicio/apagado y el LED de encendido se especifican en:

¢ “Componentes del servidor” en la Guia del usuario o la Guia de configuracion del sistema
e “Resolucion de problemas mediante LED de sistema y pantalla de diagndstico” en la pagina 672.

Para colocar el servidor en estado de espera (LED de estado de alimentacién parpadea una vez por
segundo):

Nota: El Lenovo XClarity Controller puede colocar el servidor en estado de espera como respuesta
automatica a un error critico del sistema.
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e Comience con el apagado ordenado del sistema operativo (si esta funcion es compatible con el sistema
operativo).

¢ Presione el botdn de estado de alimentacion para iniciar un apagado ordenado (si esta funcién es
compatible con el sistema operativo).

e Mantenga pulsado el botén de alimentacién durante mas de 4 segundos para forzar el apagado.

En estado de espera, el servidor puede responder a solicitudes remotas de encendido enviadas al Lenovo
XClarity Controller. Para obtener informacion sobre como encender el servidor, consulte “Encendido del
servidor” en la pagina 34.

Sustitucion del servidor

Siga las instrucciones de esta seccion para extraer e instalar el servidor.

Extraccion del servidor de un bastidor

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para quitar el servidor del bastidor.

S036

18-32 kg 32-55 kg
39-70 Ib 70-1211b

18 - 32 kg (39 - 70 Ib) 32-55kg (70 - 121 Ib)

PRECAUCION:
Utilice métodos seguros cuando lo levante.

R0O06

PRECAUCION:
No coloque ningtin objeto encima de un dispositivo montado en bastidor, a menos que dicho
dispositivo sea para utilizar como estante.

PRECAUCION:

e Existen riesgos potenciales de estabilidad. El bastidor puede volcarse y provocar lesiones
personales graves.

¢ Antes de extender el bastidor a la posicion de instalacion, lea las “Directrices de instalacion” en la
pagina 1. No coloque ninguna carga sobre el equipo montado en los rieles de deslizamiento en la
posicion de instalacion. No deje el equipo montado en los rieles de deslizamiento en la posicién de
instalacion.

Acerca de esta tarea

Atencion:
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e | ea “Directrices de instalacion” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

¢ Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacién y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

¢ Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacién y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexion a tierra.

PRECAUCION:
Asegurese de que tres personas utilicen los procedimientos de extraccidn del servidor para evitar
lesiones.

Procedimiento

Paso 1. Suelte los dos tornillos de apriete manual frontales ubicados en la parte frontal del servidor para
desengancharlo del bastidor.

Parte frontal del bastidor

Figura 13. Desenganche del servidor del bastidor

Pestillo del bastidor

2 | Tornillo

Paso 2. Sostenga los tornillos de montaje en la parte frontal del servidor y luego extraiga completamente el
servidor hasta que se detenga.
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Paso 3.

Figura 14. Extraccion del servidor

Pestillo del bastidor (tornillo de montaje)

Quite el servidor del bastidor.

PRECAUCION:

Asegurese de que tres personas levanten el servidor sosteniendo los puntos de elevacion.

Parte frontal del bastidor

Figura 15. Levantamiento del servidor

Punto de elevacion
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Parte frontal del bastidor

Figura 16. Extraccion del servidor de un bastidor.

Pestana de liberacion

© Presione las pestafas de liberacién para desenganchar los rieles del servidor.

b. @ Levante cuidadosamente la parte frontal del servidor levemente para separar las cabezas
de clavos de las ranuras de los rieles.

c. © Levante el servidor para quitarlo completamente de los rieles. Coloque el servidor sobre
una superficie plana y robusta.

Después de finalizar
Apoye con cuidado el servidor en una superficie plana antiestatica.
Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Instalacion del servidor en un bastidor

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccién para instalar el servidor en el bastidor.

S036
18-32 kg 32-55 kg
39-70 Ib 70-121 1b
18- 32 kg (39 - 70 Ib) 32-55kg (70- 121 Ib)
PRECAUCION:

Utilice métodos seguros cuando lo levante.

R0O06
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PRECAUCION:
No coloque ningun objeto encima de un dispositivo montado en bastidor, a menos que dicho
dispositivo sea para utilizar como estante.

PRECAUCION:

¢ Existen riesgos potenciales de estabilidad. El bastidor puede volcarse y provocar lesiones
personales graves.

¢ Antes de extender el bastidor a la posicion de instalacion, lea las “Directrices de instalacion” en la
pagina 1. No coloque ninguna carga sobre el equipo montado en los rieles de deslizamiento en la
posicion de instalacion. No deje el equipo montado en los rieles de deslizamiento en la posicién de
instalacion.

Acerca de esta tarea

Atencion:

¢ | ea “Directrices de instalacién” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

e Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacion y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

¢ Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexion a tierra.

PRECAUCION:
Aseglrese de que tres personas utilicen los procedimientos de instalacion del servidor para evitar
lesiones.

Descarga de firmware y controlador: es posible que deba actualizar el firmware o el controlador después
de sustituir un componente.

e Vaya a https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr650v3/downloads/driver-list/
para ver las actualizaciones mas recientes de firmware y controlador para su servidor.

¢ Acceda a “Actualizacion del firmware” en la Guia del usuario o la Guia de configuracion del sistema para
obtener mas informacion sobre las herramientas de actualizacion de firmware.

Procedimiento
Paso 1. Desde la parte frontal del bastidor, tire los rieles hacia fuera hasta que se detengan.

Atencion: Solo puede instalar correctamente el servidor si los rieles estan completamente
extendidos.
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Parte frontal del bastidor

Figura 17. Extraccion de los rieles

Paso 2. Levante cuidadosamente el servidor con tres personas.

PRECAUCION:
Aseglrese de que tres personas levanten el servidor sosteniendo los puntos de elevacion.

Parte frontal del bastidor

Figura 18. Levantamiento del servidor

| | Punto de elevacién

Paso 3. Desde la parte frontal del bastidor, instale el servidor en los rieles.

Atencidn: Solo puede instalar correctamente el servidor si los rieles estan completamente
extendidos.
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Parte frontal del bastidor

o

Figura 19. Instalacion del servidor en los rieles

a. © Incline el servidor y baje lentamente la parte posterior; a continuacion, empuie los rieles
hacia el servidor y asegurese de que las cabezas de los clavos mas lejanas del lado izquierdo
y derecho del servidor entren en las ranuras del riel.

b. © Baje lentamente el servidor y asegurese de que las otras 3 cabezas de los clavos del lado
izquierdo y derecho del servidor se deslicen en las ranuras correspondientes.

Nota: Inspeccione los lados de los rieles para asegurarse de que las cabezas de clavos estén
colocadas en las ranuras.

Paso 4. Introduzca el servidor en el bastidor, deslizandolo.
a. © Presione los pestillos hacia arriba en los rieles.

b. © Empuje el servidor en el bastidor hasta que ambos pestillos encajen en su posicidon con un
clic.
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Figura 20. Instalacion del servidor en el bastidor

Pestillo

Paso 5. (Opcional) Fije el servidor al bastidor.

a. Instale un tornillo M6 en cada uno de los rieles para fijar el servidor a la parte trasera del
bastidor.

Parte posterior del bastidor

Figura 21. Fijacion del servidor en la parte posterior del bastidor

b. Asegure el servidor en la parte frontal del bastidor. Apriete los dos tornillos de apriete manual
que se encuentran en la parte frontal del servidor.
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Parte frontal del bastidor

Figura 22. Fijacion del servidor en la parte frontal del bastidor

1] Pestillo del bastidor
2 | Tornillo

Después de finalizar

1. Vuelva a conectar los cables de alimentacién y los demas cables que haya extraido.
2. Encienda el servidor y los dispositivos periféricos. Consulte “Encendido del servidor” en la pagina 34.
3. Actualice la configuracién del servidor. Consulte “Completar la sustitucion de piezas” en la pagina 342.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Sustitucion de unidad de intercambio en caliente

Utilice esta informacién para quitar e instalar una unidad de intercambio en caliente. Puede quitar o instalar
una unidad de intercambio en caliente sin apagar el servidor, lo cual ayuda significativamente a evitar la
interrupcion en el funcionamiento del sistema.

e “Extraccion de una unidad de intercambio en caliente” en la pagina 44
¢ “Instalacion de una unidad de intercambio en caliente” en la pagina 45

Notas:

¢ Eltérmino “unidad de intercambio en caliente” se refiere a todos los tipos admitidos de unidades de disco
duro de intercambio en caliente y unidades de estado sdélido de intercambio en caliente y unidades NVMe
de intercambio en caliente.

e Utilice la documentacién que se proporciona con la unidad y siga estas instrucciones ademas de las
instrucciones de este tema. Asegurese de que tiene todos los cables y todo el equipo especificado en la
documentacion que se proporciona con la unidad.

e Laintegridad de Interferencia electromagnética (EMI) y refrigeracidn del servidor se protege al tener todas
las bahias de unidad cubiertas u ocupadas. Las bahias vacias estan cubiertas por un panel protector EMI
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u ocupadas por rellenos de unidad. Cuando instale una unidad, guarde el relleno de unidad extraida en
caso de que posteriormente extraiga la unidad y necesite el relleno para cubrir el lugar.

e Para evitar dafnos en los conectores de la unidad, asegurese de que la cubierta superior esté en su lugar y
completamente cerrada siempre que instale o extraiga una unidad.

Extraccion de una unidad de intercambio en caliente

Utilice esta informacién para quitar una unidad de intercambio en caliente.

Acerca de esta tarea

Atencion:

e |ea “Directrices de instalaciéon” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

¢ Antes de quitar o hacer cambios a las unidades, los controladores de las unidades (incluidos los
controladores que estan integrados en el conjunto de la placa del sistema), las placas posteriores de la
unidad o los cables de la unidad, realice una copia de seguridad de todos los datos importantes que se
encuentran almacenados en las unidades.

¢ Antes de quitar cualquier componente de una matriz RAID (unidad, tarjeta RAID, etc.), cree una copia de
seguridad de toda la informacién de configuracion de RAID.

¢ Sihay una o més unidades de estado sdélido NVMe que se van a quitar, se recomienda deshabilitarlas
previamente a través del sistema operativo.

e Para asegurarse de disponer de la refrigeracion adecuada del sistema, no utilice el servidor durante mas
de dos minutos sin una unidad o un relleno de unidad instalado en cada bahia.

Nota: Asegurese de tener disponibles los rellenos de bahia de unidad si algunas bahias de unidad se
dejaran vacias después de la extraccion.

Procedimiento

Paso 1. Si el marco biselado de seguridad esta instalado, retirelo primero. Consulte “Extraccion del marco
biselado de seguridad” en la pagina 304.

Paso 2. Deslice el pestillo deliberacién para desbloguear la manilla de la unidad.

|
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Figura 23. Unidad de intercambio en caliente de 2,5” | Figura 24. Unidad de intercambio en caliente de 3,5”

Paso 3. Sujete la pestafa de sujecion y deslice la unidad hacia fuera de la bahia de la unidad.
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Figura 25. Unidad de intercambio en caliente de 2,5” | Figqura 26. Unidad de intercambio en caliente de 3,5”

Después de finalizar

1. Instale una nueva unidad o relleno de unidad para cubrir la bahia de unidad. Consulte “Instalacion de
una unidad de intercambio en caliente” en la pagina 45.

2. Sise le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del
embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Instalacion de una unidad de intercambio en caliente

Use esta informacion para instalar una unidad de intercambio en caliente.

Acerca de esta tarea

Atencion:

¢ |ea “Directrices de instalacién” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

e Para evitar dafos en los conectores de la unidad, asegurese de que la cubierta superior del servidor esté
en su lugar y completamente cerrada siempre que instale o extraiga una unidad.

e Para asegurarse de que el sistema dispone de una refrigeracion suficiente, no utilice el servidor durante
mas de dos minutos sin una unidad o un relleno de bahia de unidad instalados en cada bahia.

¢ Antes de hacer cambios a las unidades de disco, los controladores de las unidades de disco (incluidos los
controladores que estan integrados en el conjunto de la placa del sistema), las placas posteriores de la
unidad de disco o los cables de la unidad de disco, realice una copia de seguridad de todos los datos
importantes que se encuentran almacenados en las unidades.

¢ Antes de quitar cualquier componente de una matriz RAID (unidad, tarjeta RAID, etc.), cree una copia de
seguridad de toda la informacion de configuracion de RAID.

Para obtener una lista de las unidades compatibles, consulte https://serverproven.lenovo.com.

Descarga de firmware y controlador: es posible que deba actualizar el firmware o el controlador después
de sustituir un componente.
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¢ Vaya a https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr650v3/downloads/driver-list/
para ver las actualizaciones mas recientes de firmware y controlador para su servidor.

¢ Acceda a “Actualizacion del firmware” en la Guia del usuario o la Guia de configuracion del sistema para
obtener mas informacion sobre las herramientas de actualizacion de firmware.

Procedimiento

Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene la nueva pieza con cualquier superficie no
pintada de la parte exterior del servidor. A continuacion, saque la pieza nueva de la bolsa 'y
coléquela en una superficie antiestatica.

Paso 2. Instale la unidad en la bahia de unidad.

a. © Asegurese de que el asa de la bandeja de la unidad esté en la posicion de abierto. Deslice la
unidad en la bahia hasta que encaje en su lugar.

b. © Cierre el asa de la bandeja de la unidad para bloquear la unidad en su lugar.

Figura 28. Unidad de intercambio en caliente de 3,5”

Figura 27. Unidad de intercambio en caliente de 2,5”

Paso 3. Revise los LED de estado de la unidad para verificar que la unidad funcione correctamente.

a. Siel LED amarillo de estado de la unidad esta iluminado de forma continua, esa unidad esta
defectuosa y es necesario sustituirla.

b. Siel LED verde de actividad de la unidad parpadea, significa que se esta accediendo a la
unidad.

Paso 4. Siga instalando unidades de intercambio en caliente adicionales, de ser necesario.

Después de finalizar

1. Vuelva a instalar el marco biselado de seguridad si lo quité. Consulte “Instalacion del marco biselado de
seguridad” en la pagina 305.

2. Si el servidor esta configurado para el funcionamiento de RAID mediante un adaptador RAID de
ThinkSystem, es posible que deba volver a configurar las matrices de discos después de instalar las
unidades. Consulte la documentacion del adaptador RAID de ThinkSystem para obtener informacion
adicional sobre el funcionamiento de RAID e instrucciones completas para utilizar el adaptador RAID de
ThinkSystem.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube
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Sustitucion del deflector de aire

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para quitar e instalar el deflector de aire.

El deflector de aire varia segun la configuracién de hardware del servidor. Consulte “Reglas térmicas” en la
pagina 20 para seleccionar el deflector de aire adecuado para su servidor. En este tema se utiliza el deflector
de aire estandar como ejemplo. Para obtener mas informacion acerca del deflector de aire de la GPU,
consulte “Sustitucion de GPU” en la pagina 102.

e “Extraccion del deflector de aire” en la pagina 47
e “Instalacion del deflector de aire” en la pagina 50

Figura 29. Deflector de aire estandar Figura 30. Deflector de aire GPU

Extraccion del deflector de aire

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccion para quitar el deflector de aire.

Acerca de esta tarea

£2\

PRECAUCION:

Peligro con la energia. Los voltajes con energia peligrosa pueden provocar calentamiento cuando se
ocasiona un cortocircuito con metales. Esto puede dar como resultado metales esparcidos,
quemaduras o ambos.

S033
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S017

PRECAUCION:
Hay aspas de ventilador en movimiento peligrosas cerca. Mantenga alejados los dedos y otras partes
del cuerpo.

Atencion:

¢ |ea “Directrices de instalacion” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

e Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacion y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

Procedimiento

Nota: El deflector de aire ilustrado es el deflector de aire estandar. El procedimiento de extraccion es el
mismo para el deflector de aire de GPU.

Paso 1. Preparese para la tarea.

a. Siel servidor estd instalado en un bastidor, deslice el servidor hacia fuera de los rieles de
deslizamiento del bastidor para acceder a la cubierta superior, o quite el servidor del bastidor.
Consulte “Extraccion del servidor de un bastidor” en la pagina 35.

b. Extraiga la cubierta superior. Consulte “Extraccion de la cubierta superior” en la pagina 340.

c. Sihay un médulo de alimentacién flash RAID instalado en el deflector de aire, desconecte el
cable del médulo alimentacion flash RAID primero.

d. Sihay una unidad M.2 instalada en el deflector de aire, desconecte los cables de la placa
posterior M.2 del conjunto de la placa del sistema.

e. Sihay una GPU instalada en el deflector de aire, primero extraiga la GPU. Consulte
“Extraccion de un adaptador de GPU” en la pagina 104.

Paso 2. Sujete el deflector de aire y levantelo cuidadosamente para quitarlo del chasis.
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Atencidn: Para permitir una refrigeracion y un flujo de aire adecuados, vuelva a instalar el deflector
de aire antes de encender el servidor. Si utiliza el servidor con el deflector de aire extraido, pueden
producirse dafios en los componentes de dicho servidor.

Figura 31. Extraccion del deflector de aire

Paso 3. (Opcional) Si esta usando un disipador de calor de rendimiento en forma de T 0 un Médulo de
refrigeracién de agua directa (DWCM) y necesita cambiar a un disipador de calor estandar 2U o de
entrada, quite el relleno del deflector de aire.

Figura 32. Extraccion del deflector de aire

Después de finalizar

Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje
y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube
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Instalacion del deflector de aire

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para instalar el deflector de aire.

Acerca de esta tarea

£2)

PRECAUCION:

Peligro con la energia. Los voltajes con energia peligrosa pueden provocar calentamiento cuando se
ocasiona un cortocircuito con metales. Esto puede dar como resultado metales esparcidos,
quemaduras o ambos.

S033

S017

PRECAUCION:
Hay aspas de ventilador en movimiento peligrosas cerca. Mantenga alejados los dedos y otras partes
del cuerpo.

Atencion:

¢ Lea “Directrices de instalacion” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccién de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

e Para permitir una refrigeracion y un flujo de aire adecuados, vuelva a instalar el deflector de aire antes de
encender el servidor. Si utiliza el servidor con el deflector de aire extraido, pueden producirse dafios en
los componentes de dicho servidor.

Procedimiento

Nota: El deflector de aire ilustrado es un deflector de aire estandar. El método de instalacion es el mismo
para el deflector de aire de GPU.

Paso 1. Consulte “Reglas térmicas” en la pagina 20 para seleccionar el deflector de aire adecuado para su
servidor.

Paso 2. (Opcional) Si hay instalados un disipador de calor de rendimiento en forma de T o un Médulo de
refrigeracién de agua directa (DWCM), instale el relleno de deflector de aire para llenar el espacio
entre el disipador de calor y el deflector de aire.

Nota: En la siguiente ilustracion se muestra el deflector de aire del médulo boca abajo.
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Figura 33. Instalacion del relleno del deflector de aire

Paso 3. Alinee las pestafias en ambos lados del deflector de aire con las ranuras correspondiente en
ambos lados del chasis. A continuacion, baje el deflector de aire hacia el chasis y empuije el
deflector de aire hacia abajo hasta que quede colocado firmemente.

Figura 34. Instalacion del deflector de aire estandar

Después de finalizar

1. Vuelva a conectar los cables de los médulos de alimentacion flash RAID si los desconecté. Consulte
Capitulo 2 “Disposicion interna de los cables” en la pagina 345.
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2. Vuelva a conectar los cables de la placa posterior M.2 si los desconect6. Consulte Capitulo 2
“Disposicion interna de los cables” en la pagina 345.

3. Si extrajo un adaptador de GPU, vuelva a instalarlo. Consulte “Instalacién de un adaptador de GPU” en
la pagina 107.

4. Complete la sustitucion de piezas. Consulte “Completar la sustitucion de piezas” en la pagina 342.
Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Sustitucién de la bateria CMOS (CR2032)

Utilice esta informacién para quitar e instalar la bateria CMOS.

e “Extraccion de la bateria de CMOS” en la pagina 52
e “Instalacién de la bateria CMOS” en la pagina 54

Extraccion de la bateria de CMOS

Utilice esta informacién para quitar la bateria CMOS.

Acerca de esta tarea

En los siguientes consejos se describe la informacién que debe tener en cuenta al quitar la bateria CMOS.

¢ Lenovo ha disefiado este producto teniendo en cuenta su seguridad. La bateria CMOS de litio se debe
manejar correctamente para evitar posibles peligros. Si sustituye la bateria CMOS, debe seguir las
disposiciones o regulaciones locales para la eliminacién de la bateria.

¢ Sireemplaza la bateria de litio original por una bateria de metal pesado o por una bateria con
componentes hechos de metales pesados, tenga en cuenta la siguiente recomendacion en cuanto al
cuidado del medio ambiente. Las baterias y los acumuladores que contengan metales pesados no se
pueden desechar como si fuesen residuos domésticos. El fabricante, distribuidor o representante los
devolveran sin cargo para que se puedan reciclar o desechar de una manera apropiada.

e Para pedir baterias de sustitucion, llame a su centro de soporte o Business partner. Para obtener los
numeros de teléfono de soporte de Lenovo, consulte https://datacentersupport.lenovo.com/
supportphonelist para ver los detalles de soporte de su region.

Nota: Después de sustituir la bateria CMOS, debe volver a configurar el servidor y restablecer la fecha y
hora del sistema.

S004

PRECAUCION:

Cuando sustituya la bateria de litio, utilice solo el nimero de pieza especificado de Lenovo o un tipo
de bateria equivalente recomendado por el fabricante. Si el sistema tiene un médulo que contiene una
bateria de litio, sustittiyalo por el mismo tipo de médulo creado por el mismo fabricante. La bateria
contiene litio y puede explotar si no se utiliza, manipula o desecha adecuadamente.

No realice ninguna de las acciones siguientes:
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¢ Tirarla ni sumergirla en agua
¢ Calentarla a mas de 100 °C (212 °F)
¢ Repararla o desmontarla

Deseche la bateria conforme a las disposiciones o regulaciones locales.

S002

N

PRECAUCION:

El boton de control de encendido del dispositivo y el interruptor de alimentacion de la fuente de
alimentacion no cortan la corriente eléctrica suministrada al dispositivo. Es posible que el dispositivo
tenga también mas de un cable de alimentacion. Para cortar completamente la corriente eléctrica del
dispositivo, asegtirese de que todos los cables de alimentacion estén desconectados de la fuente de
alimentacion.

Atencion:

¢ |ea “Directrices de instalacién” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

e Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacién y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

Procedimiento
Paso 1. Preparese para la tarea.

a. Siel servidor esta instalado en un bastidor, deslice el servidor hacia fuera de los rieles de
deslizamiento del bastidor para acceder a la cubierta superior, o quite el servidor del bastidor.
Consulte “Extraccion del servidor de un bastidor” en la pagina 35.

b. Extraiga la cubierta superior. Consulte “Extraccién de la cubierta superior” en la pagina 340.

Extraiga todas las piezas y desconecte todos los cables que puedan impedir el acceso a la
bateria CMOS.

Paso 2. Ubique la bateria CMOS. Consulte “Conector del conjunto de la placa del sistema” en la Guia del
usuario.

Paso 3. Extraiga la bateria CMOS.

Nota: Antes de quitar o instalar la bateria CMOS de o en el zdcalo, diferencie entre los extremos
positivo y negativo.
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Figura 35. Extraccion de la bateria CMOS

Atencidn: No incline ni empuije la bateria CMOS ejerciendo fuerza excesiva. Si no quita la bateria
CMOS de la forma correcta, puede dafarse el zécalo del conjunto de la placa del sistema. Y, si
esto sucede, puede que sea preciso sustituir el conjunto de la placa del sistema.

a. O Levante la bateria CMOS del zécalo con un destornillador de punta plana.

b. O Saque con cuidado la bateria CMOS del zécalo.

Después de finalizar
1. Instale una nueva. Consulte “Instalacién de la bateria CMOS” en la pagina 54.
2. Deseche la bateria CMOS conforme a las disposiciones o regulaciones locales.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Instalacion de la bateria CMOS

Utilice esta informacidn para instalar la bateria CMOS.

Acerca de esta tarea

En los siguientes consejos se describe la informacién que debe tener en cuenta al sustituir la bateria CMOS.

¢ Lenovo ha disefiado este producto teniendo en cuenta su seguridad. La bateria CMOS de litio se debe
manejar correctamente para evitar posibles peligros. Si sustituye la bateria CMOS, debe seguir las
disposiciones o regulaciones locales para la eliminacién de la bateria.

¢ Sireemplaza la bateria de litio original por una bateria de metal pesado o por una bateria con
componentes hechos de metales pesados, tenga en cuenta la siguiente recomendacion en cuanto al
cuidado del medio ambiente. Las baterias y los acumuladores que contengan metales pesados no se
pueden desechar como si fuesen residuos domésticos. El fabricante, distribuidor o representante los
devolveran sin cargo para que se puedan reciclar o desechar de una manera apropiada.

¢ Para pedir baterias de sustitucion, llame a su centro de soporte o Business partner. Para obtener los
numeros de teléfono de soporte de Lenovo, consulte https://datacentersupport.lenovo.com/
supportphonelist para ver los detalles de soporte de su region.

Nota: Después de instalar la bateria CMOS, debe volver a configurar el servidor y restablecer la fecha y hora
del sistema.
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S002

NS

PRECAUCION:

El botén de control de encendido del dispositivo y el interruptor de alimentacion de la fuente de
alimentacion no cortan la corriente eléctrica suministrada al dispositivo. Es posible que el dispositivo
tenga también mas de un cable de alimentacion. Para cortar completamente la corriente eléctrica del
dispositivo, asegtrese de que todos los cables de alimentacion estén desconectados de la fuente de
alimentacion.

Atencion:

¢ | ea “Directrices de instalacion” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

e Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacién y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

Procedimiento

Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene la nueva pieza con cualquier superficie no
pintada de la parte exterior del servidor. A continuacion, saque la pieza nueva de la bolsa 'y
coléquela en una superficie antiestatica.

Paso 2. Instale la bateria CMOS. Asegurese de que la bateria CMOS esté correctamente posicionada en su
lugar.

Nota: Antes de instalar la bateria en el zécalo, asegurese de que el lado positivo esté hacia arriba.

Figura 36. Instalacion de la bateria CMOS

a. D inclinela bateria, insértela en el extremo positivo del zdcalo y asegurese de que se ajuste
bien al clip de metal.

b. © Presione la bateria hacia abajo hasta que encaje en el zoécalo con un clic.

Después de finalizar
1. Complete la sustitucion de piezas. Consulte “Completar la sustitucion de piezas” en la pagina 342.
2. Utilice el programa Setup utility para establecer la fecha, hora y las contrasefias.
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Nota: Después de instalar la bateria CMOS, debe volver a configurar el servidor y restablecer la fecha y
hora del sistema.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Sustitucién del compartimiento del adaptador frontal

Siga las instrucciones de esta seccidn para quitar e instalar el compartimiento del adaptador frontal, incluido
el alojamiento de la tarjeta de extension 5 en la parte superior y el alojamiento de OCP frontal en la parte
inferior.

e “Extraccion del compartimiento del adaptador frontal” en la pagina 56
¢ ‘“Instalacién del compartimiento del adaptador frontal” en la pagina 60

Extraccion del compartimiento del adaptador frontal

Siga las instrucciones de esta seccidn para extraer el compartimiento del adaptador frontal, incluido el
alojamiento de la tarjeta de extensién 5 en la parte superior y el alojamiento de OCP frontal en la parte
inferior.

Acerca de esta tarea

Atencion:

¢ |ea “Directrices de instalacion” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

e Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacién y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

¢ Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexion a tierra.

¢ Antes de quitar cualquier componente de una matriz RAID (unidad, tarjeta RAID, etc.), cree una copia de
seguridad de toda la informacién de configuracion de RAID.

Procedimiento
Paso 1. Preparese para la tarea.

a. Siel servidor esta instalado en un bastidor, deslice el servidor hacia fuera de los rieles de
deslizamiento del bastidor para acceder a la cubierta superior, o quite el servidor del bastidor.
Consulte “Extraccion del servidor de un bastidor” en la pagina 35.

b. Extraiga la cubierta superior. Consulte “Extraccioén de la cubierta superior” en la pagina 340.

Si su servidor viene con un conjunto de expansion 1, extraigalo primero. Consulte “Extraccion
de un conjunto de expansidn posterior” en la pagina 286. A continuacion, desconecte los
cables de la tarjeta de interposicion de OCP posterior.

d. Extraiga el deflector de aire. Consulte Extraccion del deflector de aire.

e. Quite el compartimiento del ventilador del sistema. Consulte “Extraccién del compartimiento
del ventilador del sistema” en la pagina 332.

f. Tome nota de las conexiones de cables y desconecte todos los cables del conjunto de la
placa del sistema.
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Notas:

¢ Sinecesita desconectar los cables del conjunto de la placa del sistema, primero quite todos
los pestillos o pestafas de liberacién de los conectores de cables. Si no libera la pestana
antes de retirar los cables, los zécalos de los cables del conjunto de la placa del sistema
resultaran danados. Cualquier dafo a los zécalos de los cables podria requerir la
sustitucion del conjunto de la placa del sistema.

¢ El aspecto de los conectores del conjunto de la placa del sistema podria ser diferente de los
que se muestran en la ilustracion, pero el proceso de retiro es el mismo.

1. Presione la pestafa de liberacion para liberar el conector.
2. Desenganche el conector del zdcalo de los cables.

Paso 2. Extraiga el conjunto del adaptador frontal.

Nota: El niumero de cables varia segun la configuracion.

Figura 37. Extraccion del conjunto del adaptador frontal

a. O Retire los tornillos que fijan el conjunto.
b. © Deslice el conjunto hacia fuera del chasis frontal.

Paso 3. Levante el conjunto de la tarjeta de expansion 5 para sacarlo del conjunto de OCP frontal y
desconecte los cables de la tarjeta de interposicién de OCP frontal.
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Figura 38. Levantamiento del conjunto de expansion 5
Paso 4. Quite el adaptador PCle del compartimiento de tarjeta de expansion 5.

Nota: Para ThinkSystem AMD X3522 10/25GbE DSFP28 2-port PCle Ethernet Adapter, quite el
tornillo que fija el adaptador primero.

Figura 39. Extraccion del adaptador PCle del compartimiento de tarjeta de expansion 5

a. O Presione el clip de sujecién hacia abajo.

b. © Gire el mecanismo de cierre de sujecion a la posicién de apertura.
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c. © Sujete el adaptador PCle por los bordes y tirelo con cuidado hacia fuera de la ranura de
PCle.

Paso 5. Desconecte los cables de la tarjeta de expansidn y extraiga la tarjeta de expansion del
compartimiento de la tarjeta de expansion 5.

Figura 40. Extraccion de la tarjeta de expansion del compartimiento de tarjeta de expansion 5

© Quite los tornillos que fijan la tarjeta de expansion.

O Gire la tarjeta de expansién desde la parte superior para desengancharla de los orificios de
tornillos del compartimiento de tarjeta de expansion.

c. O Levantela tarjeta de expansion para sacarla del compartimiento de tarjeta de expansién.
Paso 6. Quite el médulo de OCP del compartimiento de OCP frontal.

Figura 41. Extraccion del médulo de OCP

a O Afloje el tornillo de mano que fija el médulo de OCP.
b. @ Extraiga el médulo de OCP.

Paso 7. Extraiga la tarjeta de interposicion de OCP frontal.
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Figura 42. Extraccion de la tarjeta de interposicion de OCP frontal

a. © Suelte los tornillos que fijan la tarjeta de interposicién de OCP frontal.

b. © Levantela tarjeta de interposicién de OCP frontal desde el compartimiento de OCP frontal.

Después de finalizar

1. Instale el compartimiento del adaptador frontal nuevo. Consulte “Instalacién del compartimiento del
adaptador frontal” en la pagina 60.

2. Sise le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del
embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Instalacion del compartimiento del adaptador frontal

Siga las instrucciones de esta seccion para instalar el compartimiento del adaptador frontal, incluido el
alojamiento de la tarjeta de extensién 5 en la parte superior y el alojamiento de OCP frontal en la parte
inferior.

Acerca de esta tarea
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Atencion:

e |ea “Directrices de instalaciéon” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccién de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

e Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentaciéon y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

¢ Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una muiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexion a tierra.

Procedimiento

Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene la nueva pieza con cualquier superficie no
pintada de la parte exterior del servidor. A continuacion, saque la pieza nueva de la bolsa 'y
coléquela en una superficie antiestatica.

Paso 2. Instale la tarjeta de interposicién de OCP frontal en el compartimiento de OCP frontal y conecte los
cables a la tarjeta. Consulte Capitulo 2 “Disposicion interna de los cables” en la pagina 345.
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Figura 43. Instalacion de la tarjeta de interposicion de OCP frontal

a © Baje la tarjeta de interposicion de OCP frontal hacia el compartimiento de OCP frontal.
b. O Apriete los tornillos para fijar la tarjeta de interposicion de OCP frontal.

Paso 3. Instale el médulo de OCP.
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Figura 44. Instalacion del médulo de OCP

a © Empuje el médulo de OCP hacia la ranura hasta que quede bien colocado.
b. @ Apriete el tornillo de mano para fijar el médulo de OCP.

Paso 4. Instale la tarjeta de expansion y conecte los cables a la tarjeta de expansion. Consulte Capitulo 2
“Disposicion interna de los cables” en la pagina 345.

Figura 45. Instalacion de la tarjeta de expansion

a. O insertela tarjeta de expansion en las ranuras del compartimiento de tarjeta de expansién.

(1) Empuje la parte superior de la tarjeta de expansién hacia el compartimiento de la tarjeta de
expansion de forma que los orificios de la tarjeta de expansién encajen en los orificios del
compartimiento de la tarjeta de expansion.

c. ® Instale los tornillos para asegurar la tarjeta de expansion en su lugar.

Paso 5. Instale el adaptador PCle en el compartimiento de tarjeta de expansion 5.
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Figura 46. Instalacion del adaptador PCle en el compartimiento de tarjeta de expansion 5

© Presione el clip de sujecion hacia abajo.
b. © Gire el mecanismo de cierre de sujecion del adaptador PCle a la posicion de apertura.

c. O Alneeel adaptador PCle con la ranura de PCle en la tarjeta de expansién. Presione con
cuidado el adaptador PCle directamente en la ranura hasta que esté colocada firmemente y la
abrazadera también esté asegurada.

d. O Cierre el mecanismo de cierre de sujecion.

Nota: Para ThinkSystem AMD X3522 10/25GbE DSFP28 2-port PCle Ethernet Adapter, instale
el tornillo para fijar el adaptador antes de cerrar el pestillo de retencidn en caso de que sea
necesario enviar el servidor.

Paso 6. Instale el conjunto de expansion 5 en el conjunto de OCP frontal.
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Figura 47. Instalacion del conjunto de expansion 5 en el conjunto de OCP frontal

Paso 7. Instale el conjunto del adaptador frontal.
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Figura 48. Instalacion de conjunto del adaptador frontal

a. O inserteel conjunto del adaptador frontal en el chasis frontal.
b. @ Instale los tornillos para fijar el conjunto del adaptador frontal en su lugar.

Paso 8. Conecte los cables al conjunto de la placa del sistema y a tarjeta de interposicion de OCP
posterior. Consulte Capitulo 2 “Disposicién interna de los cables” en la pagina 345.

Paso 9. Instale el compartimiento del ventilador del sistema. Consulte “Instalacién del compartimiento del
ventilador del sistema” en la pagina 333.

Paso 10. Instale el deflector de aire. Consulte “Instalacion del deflector de aire” en la pagina 50.

Paso 11. Instale el conjunto de expansion 1, si lo extrajo. Consulte “Instalacién de un conjunto de expansién
posterior” en la pagina 298.

Después de finalizar
Complete la sustitucion de piezas. Consulte “Completar la sustitucién de piezas” en la pagina 342.
Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Sustitucion del médulo de OCP frontal y de la tarjeta de interposicion de
OCP

Algunos modelos de servidor admiten el médulo de OCP frontal. El médulo de OCP frontal y las tarjetas de
interposicion de OCP frontal y posterior son codependientes. Siga las instrucciones en esta seccion para
quitar e instalar el médulo de OCP frontal y las tarjetas de interposicion de OCP frontal y posterior.

e “Sustitucion del modulo de OCP frontal” en la pagina 66
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e “Sustitucion de la tarjeta de interposicion de OCP” en la pagina 68

Sustitucion del modulo de OCP frontal

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para quitar e instalar el médulo de OCP frontal.

e “Extraccion del médulo de OCP frontal” en la pagina 66
¢ ‘“Instalacién del médulo de OCP frontal” en la pagina 67

Extraccion del médulo de OCP frontal
Siga las instrucciones que aparecen en esta seccién para quitar el médulo de OCP frontal.

Atencion:

e Lea “Directrices de instalacion” en la pagina 1y “Lista de comprobacién de inspeccién de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

¢ Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacién y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

¢ Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacién y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexioén a tierra.

Procedimiento

-

Figura 49. Extraccion del moédulo de OCP frontal
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Paso1. © Afloje el tornillo de mano que fija el médulo de OCP. Utilice un destornillador, de ser necesario.

Paso2. © Extraiga el médulo de OCP.

Después de finalizar

1. Instale un nuevo médulo de OCP frontal o un relleno del médulo de OCP. Consulte “Instalacion del
modulo de OCP frontal” en la pagina 67.

2. Sise le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del
embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Instalacion del médulo de OCP frontal
Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para instalar el médulo de OCP frontal.

Acerca de esta tarea

Atencion:

* |ea “Directrices de instalaciéon” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

e Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacion y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

¢ Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexion a tierra.

Procedimiento

Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene la nueva pieza con cualquier superficie no
pintada de la parte exterior del servidor. A continuacion, saque la pieza nueva de la bolsa 'y
coléquela en una superficie antiestatica.

Paso 2. Quite el relleno del médulo de OCP en caso de que haya.
Paso 3. Instale el médulo de OCP frontal.
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Figura 50. Instalacion del médulo de OCP frontal

a © Empuje el médulo de OCP hacia la ranura hasta que quede bien colocado.

b. O Apriete el tornillo de mano para fijar el médulo de OCP. Utilice un destornillador, de ser
necesario.

Nota: Asegurese de que el médulo de OCP esté bien colocado y de que el tornillo de mano
esté ajustado firmemente. De lo contrario, el médulo de OCP no estara totalmente conectado
y puede no funcionar.

Después de finalizar

Complete la sustitucion de piezas. Consulte “Completar la sustitucion de piezas” en la pagina 342.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Sustitucion de la tarjeta de interposicion de OCP

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para quitar e instalar las tarjetas de interposicion de
OCP frontal y posterior.

“Extraccion de la tarjeta de interposicion de OCP frontal” en la pagina 69
“Instalacion de la tarjeta de interposicién de OCP frontal” en la pagina 72
“Extraccion de la tarjeta de interposicion de OCP trasera” en la pagina 76
“Instalacion de la tarjeta de interposicién de OCP trasera” en la pagina 78
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Extraccion de la tarjeta de interposicion de OCP frontal
Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para quitar la tarjeta de interposicion de OCP frontal.

Acerca de esta tarea

Atencion:

¢ Lea “Directrices de instalacion” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccién de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

e Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacion y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

¢ Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexion a tierra.

Procedimiento
Paso 1. Preparese para la tarea.

a.

Si el servidor esté instalado en un bastidor, deslice el servidor hacia fuera de los rieles de
deslizamiento del bastidor para acceder a la cubierta superior, o quite el servidor del bastidor.
Consulte “Extraccion del servidor de un bastidor” en la pagina 35.

Extraiga la cubierta superior. Consulte “Extraccion de la cubierta superior” en la pagina 340.

Si su servidor viene con un conjunto de expansion 1, extraigalo primero. Consulte “Extraccion
de un conjunto de expansion posterior” en la pagina 286. A continuacion, desconecte los
cables de la tarjeta de interposicién de OCP posterior.

Extraiga el deflector de aire. Consulte Extraccion del deflector de aire.

Quite el compartimiento del ventilador del sistema. Consulte “Extraccion del compartimiento
del ventilador del sistema” en la pagina 332.

Tome nota de las conexiones de cables y desconecte todos los cables del conjunto de la
placa del sistema.

Notas:

¢ Sinecesita desconectar los cables del conjunto de la placa del sistema, primero quite todos
los pestillos o pestanas de liberacion de los conectores de cables. Si no libera la pestana
antes de retirar los cables, los zécalos de los cables del conjunto de la placa del sistema
resultaran dafhados. Cualquier dafio a los zécalos de los cables podria requerir la
sustitucion del conjunto de la placa del sistema.

e Elaspecto de los conectores del conjunto de la placa del sistema podria ser diferente de los
que se muestran en la ilustracion, pero el proceso de retiro es el mismo.

1. Presione la pestana de liberacién para liberar el conector.
2. Desenganche el conector del zécalo de los cables.

Paso 2. Extraiga el conjunto del adaptador frontal.

Nota: El nimero de cables varia segun la configuracién.
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Figura 51. Extraccion del conjunto del adaptador frontal

a. O Retire los tornillos que fijan el conjunto.
b. © Deslice el conjunto hacia fuera del chasis frontal.

Paso 3. Levante el conjunto de la tarjeta de expansién 5 para sacarlo del conjunto de OCP frontal y
desconecte los cables de la tarjeta de interposicién de OCP frontal.
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Figura 52. Levantamiento del conjunto de expansion 5

Paso 4. Quite el médulo de OCP del compartimiento de OCP frontal.

Figura 53. Extraccion del médulo de OCP

a © Afloje el tornillo de mano que fija el médulo de OCP.
b. @ Extraiga el médulo de OCP.

Paso 5. Extraiga la tarjeta de interposicion de OCP frontal.
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Figura 54. Extraccion de la tarjeta de interposicion de OCP frontal

a. © Suelte los tornillos que fijan la tarjeta de interposicién de OCP frontal.

b. © Levantela tarjeta de interposicién de OCP frontal desde el compartimiento de OCP frontal.

Después de finalizar

1. Instale una tarjeta de interposiciéon de OCP frontal nueva. Consulte “Instalacion de la tarjeta de
interposicion de OCP frontal” en la pagina 72.

2. Sise le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del
embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Video de demostracion
Vea el procedimiento en YouTube

Instalacion de la tarjeta de interposicion de OCP frontal
Siga las instrucciones que aparecen en esta seccién para instalar la tarjeta de interposiciéon de OCP frontal.

Acerca de esta tarea

Atencion:
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¢ | ea “Directrices de instalacion” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

¢ Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacién y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

¢ Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexion a tierra.

Procedimiento

Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene la nueva pieza con cualquier superficie no
pintada de la parte exterior del servidor. A continuacion, saque la pieza nueva de la bolsa 'y
coléquela en una superficie antiestatica.

Paso 2. Instale la tarjeta de interposicién de OCP frontal en el compartimiento de OCP frontal y conecte los
cables a la tarjeta. Consulte Capitulo 2 “Disposicion interna de los cables” en la pagina 345.
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Figura 55. Instalacion de la tarjeta de interposicion de OCP frontal

a © Baje la tarjeta de interposicién de OCP frontal hacia el compartimiento de OCP frontal.
b. @ Apriete los tornillos para fijar la tarjeta de interposicién de OCP frontal.

Paso 3. Instale el médulo de OCP.
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Figura 56. Instalacion del médulo de OCP

a © Empuje el médulo de OCP hacia la ranura hasta que quede bien colocado.
b. @ Apriete el tornillo de mano para fijar el médulo de OCP.

Paso 4. Instale el conjunto de expansion 5 en el conjunto de OCP frontal.
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Figura 57. Instalacion del conjunto de expansion 5 en el conjunto de OCP frontal

Paso 5. Instale el conjunto del adaptador frontal.
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Paso 6.

Paso 7.

Paso 8.
Paso 9.

Figura 58. Instalacion de conjunto del adaptador frontal

a. O inserteel conjunto del adaptador frontal en el chasis frontal.
b. @ Instale los tornillos para fijar el conjunto del adaptador frontal en su lugar.

Conecte los cables al conjunto de la placa del sistema y a tarjeta de interposicion de OCP
posterior. Consulte Capitulo 2 “Disposicion interna de los cables” en la pagina 345.

Instale el compartimiento del ventilador del sistema. Consulte “Instalacion del compartimiento del
ventilador del sistema” en la pagina 333.

Instale el deflector de aire. Consulte “Instalacién del deflector de aire” en la pagina 50.

Instale el conjunto de expansién 1, si lo extrajo. Consulte “Instalacion de un conjunto de expansion
posterior” en la pagina 298.

Después de finalizar

Complete la sustitucion de piezas. Consulte “Completar la sustitucién de piezas” en la pagina 342.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Extraccion de la tarjeta de interposicion de OCP trasera
Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para quitar la tarjeta de interposicion de OCP posterior.

Acerca de esta tarea

Atencion:
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¢ | ea “Directrices de instalacion” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

¢ Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacién y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

¢ Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexion a tierra.

Procedimiento
Paso 1. Preparese para la tarea.

a. Siel servidor esta instalado en un bastidor, deslice el servidor hacia fuera de los rieles de
deslizamiento del bastidor para acceder a la cubierta superior, o quite el servidor del bastidor.
Consulte “Extraccion del servidor de un bastidor” en la pagina 35.

b. Extraiga la cubierta superior. Consulte “Extraccién de la cubierta superior” en la pagina 340.

Si su servidor viene con un conjunto de expansion 1, extraigalo primero. Consulte “Extraccion
de un conjunto de expansidn posterior” en la pagina 286. A continuacion, desconecte los
cables de la tarjeta de interposicion de OCP posterior.

Paso 2. Extraiga la tarjeta de interposicion de OCP trasera.

Figura 59. Extraccion de la tarjeta de interposicion de OCP trasera

a © Afloje el tornillo ajustable que fija la tarjeta de interposicién de OCP posterior.
b. © Mantenga presionado el pestillo azul.

c. © Extraiga la tarjeta de interposicion de OCP trasera.

Después de finalizar

1. Instale una tarjeta de interposicién de OCP posterior nueva. Consulte “Instalacién de la tarjeta de
interposicion de OCP trasera” en la pagina 78.

2. Sise le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del
embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.
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Video de demostracion
Vea el procedimiento en YouTube

Instalacion de la tarjeta de interposicion de OCP trasera

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para instalar la tarjeta de interposicién de OCP
posterior.

Acerca de esta tarea

Atencion:

e Lea “Directrices de instalaciéon” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

e Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacion y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

¢ Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexion a tierra.

Procedimiento

Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene la nueva pieza con cualquier superficie no
pintada de la parte exterior del servidor. A continuacion, saque la pieza nueva de la bolsa 'y
coléquela en una superficie antiestatica.

Paso 2. Instale la tarjeta de interposicién de OCP trasera.
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Figura 60. Instalacion de la tarjeta de interposicion de OCP trasera

a © Empuije la tarjeta de interposicion de OCP posterior hacia la ranura hasta que quede bien
colocada.

b. @ Atornille el tornillo de mano para fijar la tarjeta.
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Nota: Asegurese de que la tarjeta esté bien colocada y de que el tornillo de mano esté ajustado
firmemente. De lo contrario, la tarjeta no estara totalmente conectada y puede no funcionar.

Paso 3. Conecte los cables a la tarjeta de interposicién de OCP. Consulte Capitulo 2 “Disposicion interna
de los cables” en la pagina 345.

Paso 4. Instale el conjunto de expansion 1, si lo extrajo. Consulte “Instalacion de un conjunto de expansion
posterior” en la pagina 298.

Después de finalizar
Complete la sustitucion de piezas. Consulte “Completar la sustitucion de piezas” en la pagina 342.
Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Sustitucion de la tarjeta de expansion y adaptador PCle frontal

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para quitar e instalar el adaptador PCle frontal y la
tarjeta de expansion 5.

e “Extraccion de la tarjeta de expansioén y adaptador PCle frontal” en la pagina 79
e “Instalacion de la tarjeta de expansion y adaptador PCle frontal” en la pagina 82

Extraccion de la tarjeta de expansion y adaptador PCle frontal

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para quitar el adaptador PCle frontal y la tarjeta de
expansion 5.

Acerca de esta tarea

Atencion:

¢ |ea “Directrices de instalacién” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

e Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacion y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

¢ FEvite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexion a tierra.

¢ Antes de quitar cualquier componente de una matriz RAID (unidad, tarjeta RAID, etc.), cree una copia de
seguridad de toda la informacion de configuracion de RAID.

Procedimiento
Paso 1. Preparese para la tarea.

a. Siel servidor estd instalado en un bastidor, deslice el servidor hacia fuera de los rieles de
deslizamiento del bastidor para acceder a la cubierta superior, o quite el servidor del bastidor.
Consulte “Extraccion del servidor de un bastidor” en la pagina 35.

b. Extraiga la cubierta superior. Consulte “Extraccion de la cubierta superior” en la pagina 340.

Si su servidor viene con un conjunto de expansion 1, extraigalo primero. Consulte “Extraccion
de un conjunto de expansion posterior” en la pagina 286. A continuacion, desconecte los
cables de la tarjeta de interposicién de OCP posterior.
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d. Extraiga el deflector de aire. Consulte Extraccion del deflector de aire.

Quite el compartimiento del ventilador del sistema. Consulte “Extraccion del compartimiento
del ventilador del sistema” en la pagina 332.

f.  Tome nota de las conexiones de cables y desconecte todos los cables del conjunto de la
placa del sistema.

Notas:

¢ Sinecesita desconectar los cables del conjunto de la placa del sistema, primero quite todos
los pestillos o pestanas de liberacién de los conectores de cables. Si no libera la pestafna
antes de retirar los cables, los zécalos de los cables del conjunto de la placa del sistema
resultaran danados. Cualquier dafo a los zécalos de los cables podria requerir la
sustitucion del conjunto de la placa del sistema.

e El aspecto de los conectores del conjunto de la placa del sistema podria ser diferente de los
que se muestran en la ilustracion, pero el proceso de retiro es el mismo.

1. Presione la pestana de liberacién para liberar el conector.
2. Desenganche el conector del zécalo de los cables.

Paso 2. Extraiga el conjunto del adaptador frontal.

Nota: El niumero de cables varia segun la configuracion.

Figura 61. Extraccion del conjunto del adaptador frontal

a. O Retire los tornillos que fijan el conjunto.
b. © Deslice el conjunto hacia fuera del chasis frontal.

Paso 3. Levante el conjunto de la tarjeta de expansion 5 para sacarlo del conjunto de OCP frontal y
desconecte los cables de la tarjeta de interposicién de OCP frontal.
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Figura 62. Levantamiento del conjunto de expansion 5

Paso 4. Quite el adaptador PCle del compartimiento de tarjeta de expansion 5.

Nota: Para ThinkSystem AMD X3522 10/25GbE DSFP28 2-port PCle Ethernet Adapter, quite el
tornillo que fija el adaptador primero.

Figura 63. Extraccion del adaptador PCle del compartimiento de tarjeta de expansion 5

a. O Presione el clip de sujecién hacia abajo.

b. © Gire el mecanismo de cierre de sujecion a la posicién de apertura.
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c. © Sujete el adaptador PCle por los bordes y tirelo con cuidado hacia fuera de la ranura de
PCle.

Paso 5. Desconecte los cables de la tarjeta de expansidn y extraiga la tarjeta de expansion del
compartimiento de la tarjeta de expansion 5.

Figura 64. Extraccion de la tarjeta de expansion del compartimiento de tarjeta de expansion 5

© Quite los tornillos que fijan la tarjeta de expansién.

O Gire la tarjeta de expansién desde la parte superior para desengancharla de los orificios de
tornillos del compartimiento de tarjeta de expansion.

c. O Levantela tarjeta de expansion para sacarla del compartimiento de tarjeta de expansién.

Después de finalizar

Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje
y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Instalacion de la tarjeta de expansion y adaptador PCle frontal

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccién para instalar el adaptador PCle frontal y la tarjeta de
expansion 5.

Acerca de esta tarea

Atencion:

e | ea “Directrices de instalacion” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

e Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacion y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

¢ FEvite la exposicion a la electricidad estética, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacién y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexién a tierra.

e Para consultar las reglas de instalacion del adaptador PCle, consulte “Ranuras PCle y adaptadores PCle”
en la pagina 13.
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¢ Para el ThinkSystem AMD X3522 10/25GbE DSFP28 2-port PCle Ethernet Adapter instalado en la tarjeta
elevadora frontal, asegurese de que la versién de firmware de XCC sea ESX330M o posterior.

Descarga de firmware y controlador: es posible que deba actualizar el firmware o el controlador después
de sustituir un componente.

e Vaya a https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr650v3/downloads/driver-list/
para ver las actualizaciones mas recientes de firmware y controlador para su servidor.

¢ Acceda a “Actualizacion del firmware” en la Guia del usuario o la Guia de configuracion del sistema para
obtener mas informacion sobre las herramientas de actualizacion de firmware.

Procedimiento

Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene la nueva pieza con cualquier superficie no
pintada de la parte exterior del servidor. A continuacion, saque la pieza nueva de la bolsa 'y
coléquela en una superficie antiestatica.

Paso 2. Instale la tarjeta de expansion y conecte los cables a la tarjeta de expansién. Consulte Capitulo 2
“Disposicion interna de los cables” en la pagina 345.

Figura 65. Instalacion de la tarjeta de expansion

O Inserte la tarjeta de expansion en las ranuras del compartimiento de tarjeta de expansién.

b. © Empuije la parte superior de la tarjeta de expansién hacia el compartimiento de la tarjeta de
expansion de forma que los orificios de la tarjeta de expansion encajen en los orificios del
compartimiento de la tarjeta de expansién.

c. O Instale los tornillos para asegurar la tarjeta de expansion en su lugar.

Paso 3. Instale el adaptador PCle en el compartimiento de tarjeta de expansion 5.
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Figura 66. Instalacion del adaptador PCle en el compartimiento de tarjeta de expansion 5

© Presione el clip de sujecion hacia abajo.
b. © Gire el mecanismo de cierre de sujecion del adaptador PCle a la posicion de apertura.

c. O Alneeel adaptador PCle con la ranura de PCle en la tarjeta de expansioén. Presione con
cuidado el adaptador PCle directamente en la ranura hasta que esté colocada firmemente y la
abrazadera también esté asegurada.

d. O Cierre el mecanismo de cierre de sujecion.

Nota: Para ThinkSystem AMD X3522 10/25GbE DSFP28 2-port PCle Ethernet Adapter, instale
el tornillo para fijar el adaptador antes de cerrar el pestillo de retencion en caso de que sea
necesario enviar el servidor.

Paso 4. Instale el conjunto de expansion 5 en el conjunto de OCP frontal.
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Figura 67. Instalacion del conjunto de expansion 5 en el conjunto de OCP frontal

Paso 5. Instale el conjunto del adaptador frontal.
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Figura 68. Instalacion de conjunto del adaptador frontal

a. O inserteel conjunto del adaptador frontal en el chasis frontal.
b. @ Instale los tornillos para fijar el conjunto del adaptador frontal en su lugar.

Paso 6. Conecte los cables al conjunto de la placa del sistema y a tarjeta de interposicion de OCP
posterior. Consulte Capitulo 2 “Disposicion interna de los cables” en la pagina 345.

Paso 7. Instale el compartimiento del ventilador del sistema. Consulte “Instalacion del compartimiento del
ventilador del sistema” en la pagina 333.

Paso 8. Instale el deflector de aire. Consulte “Instalacion del deflector de aire” en la pagina 50.

Paso 9. Instale el conjunto de expansion 1, si lo extrajo. Consulte “Instalacién de un conjunto de expansién
posterior” en la pagina 298.

Después de finalizar
Complete la sustitucion de piezas. Consulte “Completar la sustitucién de piezas” en la pagina 342.
Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Sustitucidén de la placa posterior de unidad frontal

Utilice esta informacién para extraer e instalar una placa posterior de unidad frontal.

e “Extraccion de la placa posterior de la unidad frontal de 2,5 pulgadas” en la pagina 87
¢ “Instalacion de la placa posterior de la unidad frontal de 2,5 pulgadas.” en la pagina 89
e “Extraccion de la placa posterior frontal de la unidad de 3,5 pulgadas” en la pagina 93
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“Instalacion de la placa posterior frontal de la unidad de 3,5 pulgadas” en la pagina 94

Extraccion de la placa posterior de la unidad frontal de 2,5 pulgadas

Use esta informacion para extraer la placa posterior frontal de la unidad de 2,5 pulgadas.

Acerca de esta tarea

Atencion:

Lea “Directrices de instalacion” en la pagina 1y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacion y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

Antes de quitar o hacer cambios a las unidades, los controladores de las unidades (incluidos los
controladores que estan integrados en el conjunto de la placa del sistema), las placas posteriores de la
unidad o los cables de la unidad, realice una copia de seguridad de todos los datos importantes que se
encuentran almacenados en las unidades.

Antes de quitar cualquier componente de una matriz RAID (unidad, tarjeta RAID, etc.), cree una copia de
seguridad de toda la informacién de configuracion de RAID.

Si hay una o0 mas unidades de estado sélido NVMe que se van a quitar, se recomienda deshabilitarlas
previamente a través del sistema operativo.

Para asegurarse de disponer de la refrigeracion adecuada del sistema, no utilice el servidor durante mas
de dos minutos sin una unidad o un relleno de unidad instalado en cada bahia.

Procedimiento
Paso 1. Preparese para la tarea.

a. Quite todas las unidades y rellenos (si las hay) instalados de las bahias de unidad. Consulte
“Extraccion de una unidad de intercambio en caliente” en la pagina 44.

b. Siel servidor esta instalado en un bastidor, deslice el servidor hacia fuera de los rieles de
deslizamiento del bastidor para acceder a la cubierta superior, o quite el servidor del bastidor.
Consulte “Extraccion del servidor de un bastidor” en la pagina 35.

c. Extraiga la cubierta superior. Consulte “Extraccién de la cubierta superior” en la pagina 340.

Quite el compartimiento del ventilador del sistema para facilitar el trabajo. Consulte
“Extraccion del compartimiento del ventilador del sistema” en la pagina 332.

e. Extraiga el deflector de aire si es necesario. Consulte “Extraccion del deflector de aire” en la
pagina 47.

Paso 2. Quite la placa posterior de la unidad de 2,5”.

Nota: Dependiendo del tipo especifico, su placa posterior puede ser levemente diferente a la
ilustracién. Es posible que tenga que quitar algunos cables o moverlos a un lado para extraer la
placa posterior. Si es necesario, tome nota de las conexiones de cables en la placa posterior y, a
continuacién, desconecte primero los cables de la placa posterior.

¢ Placa posterior de la unidad de 8 bahias
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Figura 69. Extraccion de la placa posterior de la unidad de 8 bahias

1. @ Levante las pestanas de liberacion.

2. O Girela placa posterior desde la parte superior para liberarla de las dos patillas del chasis.
¢ Placa posterior de la unidad de 24 bahias con expansor
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Figura 70. Extraccion de la placa posterior de la unidad de 24 bahias con expansor

1. © Levante las seis pestanas de liberacion.

2. O Girela placa posterior desde la parte superior para liberarla de las patillas del chasis.

Después de finalizar

Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje
y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Instalacion de la placa posterior de la unidad frontal de 2,5 pulgadas.

Use esta informacion para instalar la placa posterior de la unidad frontal de 2,5”.

Acerca de esta tarea

El servidor admite hasta tres placas posteriores de unidad de 2,5" de los tipos a continuacién. Dependiendo
del tipo y la cantidad de placas posteriores, la ubicacion de instalacion de las placas posteriores varia.

¢ Placa posterior SAS/SATA de 8 bahias de 2,5"

¢ Placa posterior AnyBay de 8 bahias de 2,5"

¢ Placa posterior NVMe de 8 bahias de 2,5"

¢ Placa posterior de 24 bahias de 2,5” con expansor

Nota: La placa posterior AnyBay y la placa posterior NVMe mencionadas arriba utilizan la misma placa de

circuitos fisica. La diferencia consiste en los conectores que estan cableados en la placa posterior: NVMe y
SAS/SATA, o simplemente NVMe.
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En la siguiente tabla se muestra una lista de las combinaciones de placas posteriores compatibles. Instale la
placa posterior de acuerdo con su configuracion de servidor.

Figura 71. Numeracion de la placa posterior de la unidad

Canti- Placa posterior Placa posterior A Placa posterior H
dad de
placas
poste-
riores

1 « SAS/SATA de 8 bahias

¢ NVMe de 8 bahias
e AnyBay de 8 bahias

2 SAS/SATA de 8 bahias SAS/SATA de 8 bahias
NVMe de 8 bahias NVMe de 8 bahias
AnyBay de 8 bahias AnyBay de 8 bahias
SAS/SATA de 8 bahias

¢ NVMe de 8 bahias
e AnyBay de 8 bahias

AnyBay de 8 bahias NVMe de 8 bahias

3 SAS/SATA de 8 bahias SAS/SATA de 8 bahias SAS/SATA de 8 bahias
NVMe de 8 bahias NVMe de 8 bahias NVMe de 8 bahias
AnyBay de 8 bahias AnyBay de 8 bahias AnyBay de 8 bahias
SAS/SATA de 8 bahias SAS/SATA de 8 bahias « AnyBay de 8 bahfas

¢ NVMe de 8 bahias

SAS/SATA de 8 bahias NVMe de 8 bahias NVMe de 8 bahias

1 Placa posterior de 24 bahias con expansor

Atencion:

¢ | ea “Directrices de instalaciéon” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

e Para evitar dafos en los conectores de la unidad, asegurese de que la cubierta superior del servidor esté
en su lugar y completamente cerrada siempre que instale o extraiga una unidad.

e Para asegurarse de que el sistema dispone de una refrigeracién suficiente, no utilice el servidor durante
mas de dos minutos sin una unidad o un relleno de bahia de unidad instalados en cada bahia.

¢ Antes de quitar o hacer cambios a las unidades, los controladores de las unidades (incluidos los
controladores que estan integrados en el conjunto de la placa del sistema), las placas posteriores de la
unidad o los cables de la unidad, realice una copia de seguridad de todos los datos importantes que se
encuentran almacenados en las unidades.
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Descarga de firmware y controlador: es posible que deba actualizar el firmware o el controlador después
de sustituir un componente.

e Vaya a https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr650v3/downloads/driver-list/
para ver las actualizaciones mas recientes de firmware y controlador para su servidor.

¢ Acceda a “Actualizacion del firmware” en la Guia del usuario o la Guia de configuracion del sistema para
obtener mas informacion sobre las herramientas de actualizacion de firmware.

Procedimiento

Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene la nueva pieza con cualquier superficie no
pintada de la parte exterior del servidor. A continuacién, saque la pieza nueva de la bolsa 'y
coléquela en una superficie antiestatica.

Paso 2. Instale la placa posterior de la unidad frontal de 2,5”.

Nota: Dependiendo del tipo especifico, su placa posterior puede ser levemente diferente a la
ilustracion.

¢ Placa posterior de la unidad de 8 bahias

Figura 72. Instalacion de la placa posterior de la unidad de 8 bahias
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1. @ Alinee la parte inferior de la placa posterior con las ranuras del chasis.

2. © Gire la placa posterior a la posicion vertical y alinee los orificios de la placa posterior con
las patillas del chasis y presione la placa posterior en su posicién. Las pestanas de
liberacion fijaran la placa posterior en su posicion.

¢ Placa posterior de la unidad de 24 bahias con expansor

Figura 73. Instalacion de la placa posterior de la unidad de 24 bahias con expansor

1. © Alinee la parte inferior de la placa posterior con las ranuras del chasis.

2. © Gire la placa posterior a la posicidn vertical y alinee los orificios de la placa posterior con
las patillas del chasis y presione la placa posterior en su posicién. Las pestafas de
liberacion fijaran la placa posterior en su posicion.

Paso 3. Si ha desconectado los cables de la placa posterior, vuelva a conectarlos a la placa posterior y, a
continuacion, conecte los cables al conjunto de la placa del sistema o a los adaptadores RAID.
Consulte Capitulo 2 “Disposicién interna de los cables” en la pagina 345.

Después de finalizar

1. Vuelva a instalar todas las unidades y rellenos (si los hay) en las bahias de unidad. Consulte “Instalacion
de una unidad de intercambio en caliente” en la pagina 45.

2. Vuelva a instalar el compartimiento del ventilador. Consulte “Instalacion del compartimiento del
ventilador del sistema” en la pagina 333.

3. Vuelva a instalar el deflector de aire si lo extrajo. Consulte “Instalacion del deflector de aire” en la pagina
50.

4. Complete la sustitucién de piezas. Consulte “Completar la sustitucion de piezas” en la pagina 342.
Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube
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Extraccion de la placa posterior frontal de la unidad de 3,5 pulgadas

Use esta informacion para extraer la placa posterior de la unidad frontal de 3,5”.

Acerca de esta tarea

El servidor admite los siguientes tipos de placas posteriores de unidad traseras de 3,5”:

¢ Placa posterior SAS/SATA de 8 bahias de 3,5"

¢ Placa posterior SAS/SATA de 12 bahias de 3,5”

e Placa posterior AnyBay de 12 bahias de 3,5 pulgadas
¢ Placa posterior de 12 bahias de 3,5" con expansor

En la ilustracion siguiente se utiliza la placa posterior SAS/SATA de 12 bahias de 3,5" como ejempilo. El
procedimiento es el mismo para las otras placas posteriores.

Atencion:

¢ Lea “Directrices de instalacién” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

e Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacion y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

¢ Antes de quitar o hacer cambios a las unidades, los controladores de las unidades (incluidos los
controladores que estan integrados en el conjunto de la placa del sistema), las placas posteriores de la
unidad o los cables de la unidad, realice una copia de seguridad de todos los datos importantes que se
encuentran almacenados en las unidades.

¢ Antes de quitar cualquier componente de una matriz RAID (unidad, tarjeta RAID, etc.), cree una copia de
seguridad de toda la informacion de configuracion de RAID.

e Sihay una o mas unidades de estado soélido NVMe que se van a quitar, se recomienda deshabilitarlas
previamente a través del sistema operativo.

e Para asegurarse de disponer de la refrigeracion adecuada del sistema, no utilice el servidor durante mas
de dos minutos sin una unidad o un relleno de unidad instalado en cada bahia.

Procedimiento
Paso 1. Preparese para la tarea.

a. Quite todas las unidades y rellenos (si las hay) instalados de las bahias de unidad. Consulte
“Extraccion de una unidad de intercambio en caliente” en la pagina 44.

b. Si el servidor estd instalado en un bastidor, deslice el servidor hacia fuera de los rieles de
deslizamiento del bastidor para acceder a la cubierta superior, o quite el servidor del bastidor.
Consulte “Extraccion del servidor de un bastidor” en la pagina 35.

c. Extraiga la cubierta superior. Consulte “Extraccién de la cubierta superior” en la pagina 340.

Quite el compartimiento del ventilador del sistema para facilitar el trabajo. Consulte
“Extraccion del compartimiento del ventilador del sistema” en la pagina 332.

e. Extraiga el deflector de aire si es necesario. Consulte “Extraccion del deflector de aire” en la
pagina 47.
Paso 2. Quite la placa posterior de la unidad de 3,5”.
Nota: Dependiendo del tipo especifico, su placa posterior puede ser levemente diferente a la
ilustracién. Es posible que tenga que quitar algunos cables o moverlos a un lado para extraer la

placa posterior. Si es necesario, tome nota de las conexiones de cables en la placa posterior y, a
continuacion, desconecte primero los cables de la placa posterior.
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Figura 74. Extraccion de la placa posterior de la unidad de 3,5 pulgadas

a. O Tire de los émbolos y deslice ligeramente la placa posterior hacia el costado, tal como se
muestra.

b. @ Girela placa posterior hacia abajo para liberarla de los cuatro ganchos del chasis. Luego,
levante cuidadosamente la placa del sistema fuera del chasis.

Después de finalizar

Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje
y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Instalacion de la placa posterior frontal de la unidad de 3,5 pulgadas

Use esta informacion para instalar la placa posterior de la unidad frontal de 3,5”.

Acerca de esta tarea

El servidor admite los siguientes tipos de placas posteriores de unidad traseras de 3,5”:

¢ Placa posterior SAS/SATA de 8 bahias de 3,5"

¢ Placa posterior SAS/SATA de 12 bahias de 3,5”

¢ Placa posterior AnyBay de 12 bahias de 3,5 pulgadas
¢ Placa posterior de 12 bahias de 3,5" con expansor

En la ilustracion siguiente se utiliza la placa posterior SAS/SATA de 12 bahias de 3,5" como ejemplo. El
procedimiento es el mismo para las otras placas posteriores.

Atencion:

e Lea “Directrices de instalaciéon” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.
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e Para evitar dafos en los conectores de la unidad, asegurese de que la cubierta superior del servidor esté
en su lugar y completamente cerrada siempre que instale o extraiga una unidad.

e Para asegurarse de que el sistema dispone de una refrigeracion suficiente, no utilice el servidor durante
mas de dos minutos sin una unidad o un relleno de bahia de unidad instalados en cada bahia.

¢ Antes de quitar o hacer cambios a las unidades, los controladores de las unidades (incluidos los
controladores que estan integrados en el conjunto de la placa del sistema), las placas posteriores de la
unidad o los cables de la unidad, realice una copia de seguridad de todos los datos importantes que se
encuentran almacenados en las unidades.

Descarga de firmware y controlador: es posible que deba actualizar el firmware o el controlador después
de sustituir un componente.

* Vaya a https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr650v3/downloads/driver-list/
para ver las actualizaciones mas recientes de firmware y controlador para su servidor.

¢ Acceda a “Actualizacion del firmware” en la Guia del usuario o la Guia de configuracion del sistema para
obtener mas informacioén sobre las herramientas de actualizacion de firmware.

Procedimiento

Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene la nueva pieza con cualquier superficie no
pintada de la parte exterior del servidor. A continuacion, saque la pieza nueva de la bolsa 'y
coléquela en una superficie antiestatica.

Paso 2. Instale la placa posterior de la unidad de 3,5".

Nota: Dependiendo del tipo especifico, su placa posterior puede ser levemente diferente a la
ilustracion.

Figura 75. Instalacion de la placa posterior de la unidad de 3,5 pulgadas
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a. O Alinee la placa posterior con el chasis y bajela hacia el interior del mismo. A continuacion,
coloque la placa posterior en su lugar inclinada ligeramente hacia atras.

b. © Gire la placa posterior a la posicion vertical para asegurar que los cuatro enganches del
chasis pasen por los orificios correspondientes en la placa posterior. Luego, deslice la nueva
placa posterior como se muestra, hasta que se fije en su lugar.

Paso 3. Siha desconectado los cables de la placa posterior, vuelva a conectarlos a la placa posteriory, a
continuacion, conecte los cables al conjunto de la placa del sistema o a los adaptadores RAID.
Consulte Capitulo 2 “Disposicion interna de los cables” en la pagina 345.

Después de finalizar
1. Vuelva a instalar todas las unidades y rellenos (si los hay) en las bahias de unidad. Consulte “Instalacion

de una unidad de intercambio en caliente” en la pagina 45.

2. Vuelva a instalar el compartimiento del ventilador. Consulte “Instalacion del compartimiento del
ventilador del sistema” en la pagina 333.

3. Vuelva a instalar el deflector de aire si lo extrajo. Consulte “Instalacion del deflector de aire” en la pagina
50.

4. Complete la sustitucidn de piezas. Consulte “Completar la sustitucion de piezas” en la pagina 342.
Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Sustituciéon del médulo de E/S frontal
Utilice esta informacién para quitar e instalar el médulo de E/S frontal.
El médulo de E/S frontal varia segun el modelo. El médulo de E/S frontal para la mayoria de los modelos esta

en el pestillo del bastidor derecho. El médulo de E/S frontal de la bahia de soportes solo es compatible con
los siguientes modelos de servidor:

¢ Modelos de servidor con ocho bahias de unidad frontales de 2,5"
* Modelos de servidor con dieciséis bahias de unidad frontales de 2,5"
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Figura 76. Mdodulo de E/S frontal (en el pestillo del

bastidor)
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Figura 77. Médulo de E/S frontal (en la bahia de soporte)

Para sustituir el médulo de E/S frontal en el pestillo del bastidor, consulte “Sustitucidn de pestillos del
bastidor” en la pagina 232.

Para sustituir el médulo de E/S frontal en |la bahia del bastidor:

e “Extraccion del médulo de E/S frontal” en la pagina 97

e “Instalacién del médulo de E/S frontal” en la pagina 100

Extraccion del moédulo de E/S frontal

Utilice esta informacién para quitar el médulo de E/S frontal.

Acerca de esta tarea

En funcién del modelo de servidor, es posible que este venga con uno de los siguientes paneles frontales del

operador:
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Hl Panel frontal del operador con una pantalla LCD
Panel frontal del operador sin pantalla LCD (lamado panel de diagnéstico integrado)

Atencion:

¢ |ea “Directrices de instalacion” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

¢ Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacién y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

¢ Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexioén a tierra.

Procedimiento
Paso 1. Preparese para la tarea.

a. Siel marco biselado de seguridad esta instalado, retirelo. Consulte “Extraccion del marco
biselado de seguridad” en la pagina 304.

b. Siel servidor esta instalado en un bastidor, deslice el servidor hacia fuera de los rieles de
deslizamiento del bastidor para acceder a la cubierta superior, o quite el servidor del bastidor.
Consulte “Extraccion del servidor de un bastidor” en la pagina 35.

c. Extraiga la cubierta superior. Consulte “Extraccién de la cubierta superior” en la pagina 340.
d. Extraiga el deflector de aire. Consulte “Extraccion del deflector de aire” en la pagina 47.

Paso 2. Desconecte los cables del médulo de E/S frontal del conjunto de la placa del sistema.

Notas:

¢ Sinecesita desconectar los cables del conjunto de la placa del sistema, primero quite todos los
pestillos o pestanas de liberacion de los conectores de cables. Si no libera la pestafia antes de
retirar los cables, los zécalos de los cables del conjunto de la placa del sistema resultaran
dafiados. Cualquier dafo a los zécalos de los cables podria requerir la sustitucion del conjunto
de la placa del sistema.

¢ El aspecto de los conectores del conjunto de la placa del sistema podria ser diferente de los que
se muestran en la ilustracion, pero el proceso de retiro es el mismo.

1. Presione la pestana de liberacion para liberar el conector.
2. Desenganche el conector del zécalo de los cables.
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Figura 78. Desconexion de los cables del conjunto de la placa del sistema

Paso 3. Quite el médulo de E/S frontal desde el chasis frontal.

Figura 80. Mddulo de E/S frontal con la pantalla LCD
Figura 79. Mddulo de E/S frontal sin pantalla LCD (panel de diagndstico integrado)

a. O Quite el tornillo que fija el médulo de E/S frontal.
b. © Deslice la bahia de medios hacia fuera del chasis frontal.

Paso 4. (Opcional) Si esta sustituyendo el panel de diagndstico integrado, quite el panel de diagndstico del
modulo de E/S frontal.
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Figura 81. Extraccion del panel de diagndsticos

a. O Presione los clips hacia abajo como se indica.

b. © Tire del panel de diagndstico por su asa para quitarlo del conjunto.

Después de finalizar

Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje
y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Instalacion del moédulo de E/S frontal

Utilice esta informacion para instalar el médulo de E/S frontal.

Acerca de esta tarea

En funcion del modelo de servidor, es posible que este venga con uno de los siguientes paneles frontales del
operador:
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H Panel frontal del operador con una pantalla LCD
Kl Panel frontal del operador sin pantalla LCD (llamado panel de diagndstico integrado)

Atencion:

e |ea “Directrices de instalaciéon” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccién de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

e Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacién y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

¢ Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexion a tierra.

Procedimiento

Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene la nueva pieza con cualquier superficie no
pintada de la parte exterior del servidor. A continuacion, saque la pieza nueva de la bolsa 'y
coléquela en una superficie antiestatica.

Paso 2. (Opcional) Si esta sustituyendo el panel de diagndstico integrado, inserte el panel de diagndstico
en el médulo de E/S frontal. Asegurese de que el panel esté bien colocado en el conjunto.

Figura 82. Instalacion del panel de diagndstico
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Paso 3. Instale el mdédulo de E/S frontal.

Figura 84. Mddulo de E/S frontal con la pantalla LCD
Figura 83. Mcodulo de E/S frontal sin pantalla LCD (panel de diagndstico integrado)

a. @ Inserte el modulo de E/S frontal en el chasis frontal.
b. @ Instale el tornillo para fijar el médulo de E/S en su lugar.

Después de finalizar

1. Conecte los cables del médulo de E/S frontal al conjunto de la placa del sistema. Consulte Capitulo 2
“Disposicion interna de los cables” en la pagina 345.

2. Complete la sustitucién de piezas. Consulte “Completar la sustitucion de piezas” en la pagina 342.
Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Sustitucion de GPU

Utilice esta informacion para quitar e instalar un adaptador GPU.

Notas: Para evitar posibles problemas térmicos, cambie la configuracién de Misc en BIOS de Option3
(valor predeterminado) a Option1 si se cumplen las siguientes dos condiciones:

¢ El servidor tiene un adaptador GPU.

e La version de firmware de UEFI es ESE122T o posterior.

Para ver el método de cambio de la configuracién de Misc, consulte https://support.lenovo.com/us/en/
solutions/TT1832.

e “Extraccion de un adaptador de GPU” en la pagina 104
e ‘“Instalacién de un adaptador de GPU” en la pagina 107
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Deflector de aire

Adaptadores de GPU compatibles

GPU de longitud media y ancho Unico

Figura 86. Deflector de aire GPU

GPU de longitud completa, altura completa, ancho
Unico
GPU de longitud completa, altura completa, doble
ancho

Segun el escenario de uso, es posible que deba instalar uno de los siguientes rellenos del deflector de aire

de GPU o deflectores de aire de GPU de complemento:

Relleno del deflector de aire de GPU/deflector de aire
de complemento

Escenario

Figura 87. Relleno del deflector de aire de GPU

Cuando se utiliza el deflector de aire de GPU, pero no hay
instalada una tarjeta de expansion con un adaptador de
GPU, instale este relleno en el deflector de aire de GPU.
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Figura 88. Deflector de aire de GPU de complemento

Si se va a instalar un adaptador de GPU FHFL de ancho
Unico en laranura 1, 4 o 7, pero la ranura adyacente (2, 5
u 8) se deja vacia o se instala con un adaptador de
longitud media, instale primero este deflector de aire de
complemento en el deflector de aire de GPU.

Nota: Silaranura adyacente (2, 5 u 8) esta instalada con
un adaptador Ethernet de bajo perfil que utiliza un cable
Sptico activo (AOC), la potencia del cable AOC debe
limitarse a 2,5 W o menos.

Figura 89. Deflector de aire de GPU de complemento

Si se utiliza la tarjeta de expansién (E/x16/x16) y se instala
un adaptador de GPU FHFL de ancho unico en la ranura
2 0 5, instale este deflector de aire de complemento en el
deflector de aire de GPU después de instalar el
adaptador de GPU.

Extraccion de un adaptador de GPU

Utilice esta informacién para extraer un adaptador GPU.

Acerca de esta tarea

Atencion:

¢ |ea “Directrices de instalaciéon” en la pagina 1y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

e Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacién y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

¢ FEvite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema

de conexion a tierra.

¢ Dependiendo del tipo especifico, su adaptador GPU puede ser levemente diferente a la ilustracién en este

tema.

Procedimiento
Paso 1. Preparese para la tarea.

a. Siel servidor esta instalado en un bastidor, deslice el servidor hacia fuera de los rieles de
deslizamiento del bastidor para acceder a la cubierta superior, o quite el servidor del bastidor.
Consulte “Extraccion del servidor de un bastidor” en la pagina 35.

b. Extraiga la cubierta superior. Consulte “Extraccién de la cubierta superior” en la pagina 340.

c. Para facilitar el funcionamiento, extraiga el conjunto de expansién adyacente, si procede.
Consulte “Extraccion de un conjunto de expansion posterior” en la pagina 286.

Paso 2. Quite el conjunto de expansion en el que se instalé el adaptador de GPU.

e Adaptador de GPU en conjunto de expansion 1 o0 2
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Nota: La siguiente ilustracién utiliza el conjunto de expansion 1 como ejemplo para ilustracion.
El procedimiento de sustitucién es el mismo para el conjunto de expansion 2.

Figura 90. Extraccion del conjunto de expansion

1. @Abra el pestillo azul del deflector de aire de GPU.

2. © Suelte los tornillos que fijan el conjunto de expansion.

3.0 Sujete el conjunto de expansion por los bordes y levantelo con cuidado hacia arriba y
hacia afuera del chasis.

¢ Adaptador de GPU en conjunto de expansion 3

1. Abra el pestillo azul del deflector de aire de GPU, levante ligeramente el conjunto de
expansion y extraiga el deflector de aire.

2. Desconecte el cable de alimentacién de GPU y los cables de expansién 3 del conjunto de la
placa del sistema.
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Notas:

— Sinecesita desconectar los cables del conjunto de la placa del sistema, primero quite
todos los pestillos o pestafas de liberacion de los conectores de cables. Sino libera la
pestafa antes de retirar los cables, los zécalos de los cables del conjunto de la placa del
sistema resultaran danados. Cualquier dafo a los zécalos de los cables podria requerir la
sustitucion del conjunto de la placa del sistema.

— El aspecto de los conectores del conjunto de la placa del sistema podria ser diferente de
los que se muestran en la ilustracion, pero el proceso de retiro es el mismo.

a. Presione la pestafa de liberacion para liberar el conector.
b. Desenganche el conector del zdcalo de los cables.

X v

Figura 91. Desconexion de los cables del conjunto de la placa del sistema

3. Sujete el conjunto de expansion por los bordes y levantelo cuidadosamente hacia arriba 'y
hacia afuera del chasis. Consulte “Extraccién de un conjunto de expansién posterior” en la
pagina 286.

Paso 3. Si el adaptador de GPU esta en el conjunto de expansiéon 1 o 2, desconecte el cable de
alimentacién de la tarjeta de expansion.

Paso 4. Extraiga el adaptador GPU del soporte de expansion.

Nota: La siguiente ilustracion utiliza el conjunto de expansion 1 o 2 como ejemplo. El
procedimiento es el mismo para el conjunto de expansion 3.
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Figura 92. Extraccion del adaptador GPU

a. © Gire el mecanismo de cierre de sujecion del adaptador de GPU a la posicion de apertura.

b. @ Sujete el adaptador de GPU por los bordes y tirelo suavemente hacia fuera de la ranura de
PCle.

Después de finalizar

Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje
y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Instalacion de un adaptador de GPU

Utilice esta informacioén para instalar un adaptador GPU.

Acerca de esta tarea

Una mayor alimentacién de GPU requiere una alimentacién de PSU mayor. Utilice Lenovo Capacity Planner
para calcular la capacidad de alimentacion requerida para la que esta configurado el servidor. Hay mas
informacion disponible sobre Lenovo Capacity Planner en:

https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/Invo-Icp

Atencion:

¢ | ea “Directrices de instalacién” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.
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¢ Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacién y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

¢ FEvite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexioén a tierra.

¢ | os adaptadores GPU se admiten en algunos modelos de servidor con requisitos. Consulte “Reglas
térmicas” en la pagina 20.

¢ Todos los adaptadores de GPU instalados deben ser idénticos.

Procedimiento

Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene la nueva pieza con cualquier superficie no
pintada de la parte exterior del servidor. A continuacion, saque la pieza nueva de la bolsa 'y
coléquela en una superficie antiestatica.

Paso 2. Localice la ranura de PCle adecuada para el nuevo adaptador de GPU. Consulte “Ranuras PCle y
adaptadores PCle” en la pagina 13

Paso 3. Instale el adaptador GPU en la ranura de PCle en la tarjeta de expansion.

Nota: La siguiente ilustracion utiliza el conjunto de expansion 1 o 2 como ejemplo. El
procedimiento es el mismo para el conjunto de expansioén 3.

Figura 93. Instalacion del adaptador GPU

a. O Abrael pestillo azul en el compartimiento de tarjeta de expansién.

b. © Alineeel adaptador de GPU con la ranura de PCle en la tarjeta de expansién. A
continuacidn, presione con cuidado el adaptador GPU en la ranura hasta que esté bien
instalada.

c. O Cierre el pestillo azul.
Paso 4. Instale el conjunto de expansion con el adaptador de GPU.

e Adaptador de GPU en conjunto de expansion 1 o0 2
1. Instale el deflector de aire de GPU.
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(Opcional) Si se va a instalar un adaptador de GPU FHFL en laranura 1, 4 o 7, pero la ranura
adyacente se va a dejar vacia o se va a instalar con un adaptador de longitud media,
primero debe instalar un deflector de aire de complemento 1 en el deflector de aire de GPU.

Figura 94. Instalacion de un deflector de aire de complemento 1

2. Conecte el cable de alimentacion de GPU. Consulte Capitulo 2 “Disposicién interna de los
cables” en la pagina 345.

3. Instale el conjunto de expansion con el adaptador de GPU.
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Figura 95. Instalacion del conjunto de expansion

a. © Alineela tarjeta de expansion con la ranura de PCle en el conjunto de la placa del
sistema. Presione con cuidado la tarjeta de expansion en la ranura hasta que esté
colocada firmemente.

b. @Abrael pestillo azul del deflector de aire de GPU Yy fije el extremo del adaptador de
GPU. Luego, cierre el pestillo azul.

c. © Apriete el tornillo para fijar el compartimiento de expansion.

4. (Opcional) Si se utiliza la tarjeta de expansion (E/x16/x16) y se instala un adaptador de GPU
FHFL de ancho unico en la ranura 2 o 5, instale un deflector de aire de complemento en el
deflector de aire de GPU después de instalar el adaptador de GPU.
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Figura 96. Instalacion de un deflector de aire de complemento 2

e Adaptador de GPU en conjunto de expansion 3

1. Conecte los cables de la expansion 3 y del adaptador de GPU al conjunto de la placa del
sistema. Consulte Capitulo 2 “Disposicion interna de los cables” en la pagina 345.

2. Instale el deflector de aire de GPU.

3. Instale el conjunto de expansion 3. Consulte “Instalacion de un conjunto de expansion
posterior” en la pagina 298.

4. Abra el pestillo azul del deflector de aire de GPU Yy fije el extremo del adaptador de GPU.
Luego, cierre el pestillo azul.

Paso 5. (Opcional) Si una tarjeta de expansion no esta instalada con un adaptador GPU, instale un relleno
en el deflector de aire de GPU.
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Figura 97. Instalacion del relleno del deflector de aire de GPU

Después de finalizar
Complete la sustitucion de piezas. Consulte “Completar la sustitucion de piezas” en la pagina 342.
Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Sustitucion de la tuerca Torx T30 del disipador de calor

Use esta informacion para quitar e instalar una tuerca Torx T30 de disipador de calor.

Extraccion de una tuerca Torx T30 del disipador de calor

Esta tarea cuenta con instrucciones para extraer una tuerca Torx T30 de PEEK (Polieteretercetona) en el
disipador de calor.

Acerca de esta tarea

Atencion:

e Lea “Directrices de instalaciéon” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

e Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacion y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

¢ FEvite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexién a tierra.

¢ No toque los contactos del procesador. La existencia de contaminantes en los contactos del procesador,
como la grasa de la piel, puede ocasionar errores de conexion.

112  Guia de mantenimiento del hardware de ThinkSystem SR650 V3


https://www.youtube.com/watch?v=AiEsIwpHxuw

Nota: El disipador de calor, el procesador y el transportador del procesador del sistema pueden variar de
los que se muestran en las ilustraciones.

Procedimiento
Paso 1. Preparese para la tarea.

a. Siel servidor estd instalado en un bastidor, deslice el servidor hacia fuera de los rieles de
deslizamiento del bastidor para acceder a la cubierta superior, o quite el servidor del bastidor.
Consulte “Extraccion del servidor de un bastidor” en la pagina 35.

b. Extraiga la cubierta superior. Consulte “Extraccion de la cubierta superior” en la pagina 340.
Si su servidor viene con un deflector de aire o un compartimiento central, extraigalo primero.
e “Extraccién del deflector de aire” en la pagina 47

e “Extraccion del compartimiento de la unidad y las placas posteriores de la unidad
centrales” en la pagina 201

d. Extraiga el compartimiento del ventilador del sistema, si procede. “Extraccion del
compartimiento del ventilador del sistema” en la pagina 332.

e. Quite el PHM. Consulte “Extraccion de procesadores y disipadores de calor” en la pagina 215.

Paso 2. Quite la tuerca Torx T30.

Figura 98. Extraccion de una tuerca Torx T30 del disipador de calor

Nota: No toque los contactos de oro en la parte inferior del procesador.

a. © Gire la barra antinclinacién hacia adentro.

b. @ Empuje el borde superior de la tuerca Torx T30 hacia el centro del disipador de calor hasta
que se desenganche.

c.  © Quite la tuerca Torx T30.

Atencidn: Inspeccione visualmente la tuerca Torx T30 que se quitd y, si tiene grietas o dafios,
asegurese de que no haya restos ni piezas rotas dentro del servidor.

Después de finalizar

1. Instale una tuerca Torx T30 nueva. Consulte “Instalacion de una tuerca Torx T30 del disipador de calor”
en la pagina 114.

2. Sise le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del
embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Video de demostracion
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Vea el procedimiento en YouTube

Instalacion de una tuerca Torx T30 del disipador de calor

Esta tarea cuenta con instrucciones para instalar una tuerca Torx T30 de PEEK (Polieteretercetona) en el
disipador de calor.

Acerca de esta tarea

Atencion:

¢ Lea “Directrices de instalacion” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccién de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

e Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacion y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

¢ Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexioén a tierra.

¢ No toque los contactos del procesador. La existencia de contaminantes en los contactos del procesador,
como la grasa de la piel, puede ocasionar errores de conexion.

Nota: El disipador de calor, el procesador y el transportador del procesador del sistema pueden variar de
los que se muestran en las ilustraciones.

Descarga de firmware y controlador: es posible que deba actualizar el firmware o el controlador después
de sustituir un componente.

e Vaya a https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr650v3/downloads/driver-list/
para ver las actualizaciones mas recientes de firmware y controlador para su servidor.

¢ Acceda a “Actualizacion del firmware” en la Guia del usuario o la Guia de configuracion del sistema para
obtener mas informacion sobre las herramientas de actualizacién de firmware.

Procedimiento
Paso 1. Instale la tuerca Torx T30.
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Figura 99. Instalacion de una tuerca Torx T30 en el disipador de calor

Nota: No toque los contactos de oro en la parte inferior del procesador.
a. © Gire la barra antinclinacion hacia adentro.

© Oriente la tuerca Torx T30 debajo de la barra antinclinacion. Luego, alinee la tuerca Torx
T30 con el zécalo en angulo segun se muestra.

c. © Inserte el borde inferior de la tuerca Torx T30 en el zécalo hasta que encaje en su posicion.
Asegurese de que la tuerca Torx T30 esté fijada debajo de los cuatro clips del zécalo.

Después de finalizar
1. Vuelva a instalar PHM. Consulte “Instalacion de un procesador y disipador de calor” en la pagina 221.
2. Complete la sustituciéon de piezas. Consulte “Completar la sustitucion de piezas” en la pagina 342.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Sustitucion del adaptador de expansion RAID/HBA interno

Utilice esta informacién para quitar e instalar un adaptador RAID de factor de formato de cliente (CFF)
interno, el adaptador HBA CFF interno o el adaptador de expansiéon RAID CFF interno.

El servidor admite adaptadores RAID/HBA en dos factores de forma:

¢ Factor de forma del cliente (CFF): los adaptadores RAID/HBA de este factor de formato solo se admiten
cuando hay dos procesadores instalados. Los adaptadores RAID/HBA CFF se instalan entre la placa
posterior frontal y el alojamiento del ventilador.

e Factor de forma estandar (SFF): los adaptadores RAID/HBA en este factor de forma estan instalados en
las ranuras de expansion de PCle, consulte “Sustitucidon del adaptador PCle y del conjunto de expansion
posterior” en la pagina 282.
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Extraccion de un adaptador de expansion RAID/HBA interno

Utilice esta informacién para quitar un adaptador RAID CFF interno, el adaptador HBA CFF interno o el
adaptador de expansion RAID CFF interno.

Acerca de esta tarea

Atencion:

Lea “Directrices de instalacion” en la pagina 1y “Lista de comprobacion de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacién y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacién y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexién a tierra.

Antes de quitar o hacer cambios a las unidades, los controladores de las unidades (incluidos los
controladores que estan integrados en el conjunto de la placa del sistema), las placas posteriores de la
unidad o los cables de la unidad, realice una copia de seguridad de todos los datos importantes que se
encuentran almacenados en las unidades.

Antes de quitar cualquier componente de una matriz RAID (unidad, tarjeta RAID, etc.), cree una copia de
seguridad de toda la informacién de configuracion de RAID.

Procedimiento
Paso 1. Preparese para la tarea.

a. Siel servidor esta instalado en un bastidor, deslice el servidor hacia fuera de los rieles de
deslizamiento del bastidor para acceder a la cubierta superior, o quite el servidor del bastidor.
Consulte “Extraccion del servidor de un bastidor” en la pagina 35.

b. Extraiga la cubierta superior. Consulte “Extraccién de la cubierta superior” en la pagina 340.

Registre las conexiones de cables de los cables del adaptador o aquellos que lo cruzan; a
continuacién, desconecte todos los cables.

Notas:

¢ Sinecesita desconectar los cables del conjunto de la placa del sistema, primero quite todos
los pestillos o pestanas de liberacién de los conectores de cables. Si no libera la pestafna
antes de retirar los cables, los zécalos de los cables del conjunto de la placa del sistema
resultaran dafados. Cualquier dafio a los z6calos de los cables podria requerir la
sustitucion del conjunto de la placa del sistema.

¢ El aspecto de los conectores del conjunto de la placa del sistema podria ser diferente de los
que se muestran en la ilustracion, pero el proceso de retiro es el mismo.

1. Presione la pestaina de liberacion para liberar el conector.

2. Desenganche el conector del zécalo de los cables.

116  Guia de mantenimiento del hardware de ThinkSystem SR650 V3



Figura 100. Desconexion de los cables del conjunto de la placa del sistema

Paso 2. Levante el punto de contacto azul, deslice ligeramente el adaptador como se indica y luego levante
el chasis con cuidado.

Figura 101. Extraccion del adaptador CFF interno

Después de finalizar

Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje
y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube
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Instalacion de un adaptador de expansion RAID/HBA interno

Utilice esta informacién para instalar un adaptador RAID CFF interno, el adaptador HBA CFF interno o el
adaptador de expansion RAID CFF interno.

Acerca de esta tarea

Atencion:

¢ | ea “Directrices de instalacion” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

e Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacion y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

¢ Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacién y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexién a tierra.

¢ Antes de quitar o hacer cambios a las unidades, los controladores de las unidades (incluidos los
controladores que estan integrados en el conjunto de la placa del sistema), las placas posteriores de la
unidad o los cables de la unidad, realice una copia de seguridad de todos los datos importantes que se
encuentran almacenados en las unidades.

e Eladaptador CFF solo se admite en el chasis de la bahia de unidad de 2,5 pulgadas.

Descarga de firmware y controlador: es posible que deba actualizar el firmware o el controlador después
de sustituir un componente.

¢ Vaya a https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr650v3/downloads/driver-list/
para ver las actualizaciones mas recientes de firmware y controlador para su servidor.

e Acceda a “Actualizacion del firmware” en la Guia del usuario o la Guia de configuracion del sistema para
obtener mas informacion sobre las herramientas de actualizacion de firmware.

Procedimiento

Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene la nueva pieza con cualquier superficie no
pintada de la parte exterior del servidor. A continuacion, saque la pieza nueva de la bolsa 'y
coléquela en una superficie antiestatica.

Nota: El adaptador se envia con y se preinstala en una abrazadera de montaje, compruebe y
asegurese de que el adaptador esté fijado en su posicion. Si hay tornillos aflojados, apriete los
tornillos utilizando un destornillador de par Phillips N.° 1. El valor maximo del par es 4,8 = 0,5
pulgadas-libras.

Paso 2. Alinee las muescas del soporte de montaje con las patillas del chasis, coloque el adaptador y
deslicelo levemente, como se muestra, para asegurarlo en el chasis.

Nota: En lailustracion se muestra la instalacion del adaptador CFF en el lado izquierdo (vista
desde la parte frontal del servidor). Cuando se instala la placa posterior de la unidad de 24 x 2,5
pulgadas con el expansor, el adaptador CFF solo se puede instalar en el otro lado (vista del lado
derecho desde la parte frontal del servidor).
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Figura 102. Instalacion del adaptador CFF interno

Paso 3. Conecte los cables al adaptador. Consulte Capitulo 2 “Disposicion interna de los cables” en la
pagina 345.

Después de finalizar
Complete la sustitucion de piezas. Consulte “Completar la sustitucion de piezas” en la pagina 342.
Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Sustitucion de conmutador de intrusion

Utilice esta informacidn para quitar e instalar el conmutador de intrusion. El conmutador de intrusién le
informa que la cubierta del servidor no esta instalada correctamente o que esta cerrada creando un suceso
en el registro de sucesos del sistema (SEL).

e “Extraccion del conmutador de intrusion” en la pagina 119

e “Instalacién del conmutador de intrusidén” en la pagina 121

Extraccion del conmutador de intrusion

Utilice esta informacion para quitar el conmutador de intrusion.

Acerca de esta tarea

Atencion:

¢ | ea “Directrices de instalacién” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

e Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacion y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

¢ Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
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instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexion a tierra.

Procedimiento
Paso 1. Preparese para la tarea.

a. Siel servidor esta instalado en un bastidor, deslice el servidor hacia fuera de los rieles de
deslizamiento del bastidor para acceder a la cubierta superior, o quite el servidor del bastidor.
Consulte “Extraccion del servidor de un bastidor” en la pagina 35.

b. Extraiga la cubierta superior. Consulte “Extraccion de la cubierta superior” en la pagina 340.

c. Quite el compartimiento del ventilador del conjunto de la placa del sistema. Consulte
“Extraccion del compartimiento del ventilador del sistema” en la pagina 332.

d. Quite los ventiladores del sistema del compartimiento del ventilador. Consulte “Extraccion de
un ventilador del sistema” en la pagina 328.

Paso 2. Extraiga el conjunto del interruptor de intrusién del compartimiento del ventilador.

Nota: Laimagen muestra el compartimiento del ventilador al revés.

Figura 1083. Extraccion del conmutador de intrusion

a.  © Mueva el conector del conmutador de intrusion en la direccion que se indica para separarlo
de la cerradura.

b. @ Suelte el cable del conmutador de intrusién de las ranuras precortadas en la parte inferior
del compartimiento del ventilador y la espuma.

c. © Libere el cable de conmutador de intrusién del clip de cable.

d. O Deslice y tire del conmutador de intrusién para quitarlo del soporte.

Después de finalizar

1. Instale un conmutador de intrusion nuevo. Consulte “Instalacion del conmutador de intrusion” en la
pagina 121.
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2. Sise le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del
embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Instalacion del conmutador de intrusion

Utilice esta informacién para instalar el conmutador de intrusion.

Acerca de esta tarea

Atencion:

¢ | ea “Directrices de instalacién” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

e Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacién y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

e Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexion a tierra.

Procedimiento

Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene la nueva pieza con cualquier superficie no
pintada de la parte exterior del servidor. A continuacion, saque la pieza nueva de la bolsa 'y
coléquela en una superficie antiestatica.

Paso 2. Gire el compartimiento del ventilador 90 grados en la direcciéon que se muestra en la imagen.

Paso 3. Instale el interruptor de intrusion en el compartimiento del ventilador.
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Nota: Asegurese de que el cable del conmutador de intrusion se dirija a través del clip del cable y
la ranura precortada. De lo contrario, el cable puede deslizarse debajo del compartimiento del
ventilador, la superficie de contacto entre el compartimiento del ventilador y el conjunto de la placa
base puede estar desnivelada y la conexién del ventilador puede perderse.

-

a.  © Inserte el conmutador de intrusion en la abrazadera del compartimiento del ventilador y
empuijelo hacia la direccién que se muestra hasta que esté correctamente asentado.

b. @ Fije el cable de conmutador de intrusion en el clip de cable.

c. © Disponga el cable al compartimiento del ventilador a través de la ranura precortada en el
fondo del compartimiento del ventilador.

d. © Inserte el conector del conmutador de intrusién en la cerradura del conector y muévalo
hacia la direccién que se muestra hasta que esté correctamente asentado.

Paso 4. Instale el compartimiento del ventilador en el chasis. Consulte “Instalacion del compartimiento del
ventilador del sistema” en la pagina 333.

Paso 5. Instale los ventiladores del sistema en el compartimiento del ventilador. “Instalacién de un
ventilador del sistema” en la pagina 330.

Después de finalizar
Complete la sustitucion de piezas. Consulte “Completar la sustitucién de piezas” en la pagina 342.

Video de demostracion
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Vea el procedimiento en YouTube

Sustitucion del moédulo de refrigeraciéon de agua directa del procesador
Lenovo Neptune(TM) (solo un técnico de servicio especializado)

Siga las instrucciones de esta seccion para extraer e instalar el Médulo de refrigeracion de agua directa
(DWCM).

Importante: Esta tarea debe ser realizada por técnicos de servicio expertos certificados por el servicio de
Lenovo. No intente extraer ni instalar la pieza sin la capacitacion y calificacién adecuadas.

e “Extraccion del médulo de refrigeracion de agua directa del procesador Lenovo Neptune(TM)” en la
pagina 123

e “Instalacion del médulo de refrigeracidn de agua directa del procesador Lenovo Neptune(TM)” en la
pagina 127

Extraccion del médulo de refrigeracion de agua directa del procesador
Lenovo Neptune(TM)

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para extraer el Modulo de refrigeracion de agua directa
(DWCM).

Importante: Esta tarea debe ser realizada por técnicos de servicio expertos certificados por el servicio de
Lenovo. No intente extraer ni instalar la pieza sin la capacitacion y calificacién adecuadas.

Acerca de esta tarea
Informacién de seguridad para el cable del médulo del sensor de deteccion de liquidos

S011

AL

PRECAUCION:
Bordes, esquinas o juntas afiladas cerca.

Atencion:

¢ | ea “Directrices de instalacién” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

e Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacién y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

¢ Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexion a tierra.

Prepare los siguientes destornilladores para asegurarse de poder instalar y quitar los tornillos
correspondientes correctamente.
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Lista de tipos de destornilladores de par Tipo de tornillo

Destornillador de cabeza Torx T30 Tornillo Torx T30

Procedimiento
Paso 1. Preparese para esta tarea.

a.

Extraiga los conectores rapidos de los multiples. Consulte “Extraccién del multiple (sistema en
bastidor)” en la pagina 152 o “Extraccion del multiple (sistema en hilera)” en la pagina 171.

Extraiga el servidor del bastidor, consulte “Extraccion del servidor de un bastidor” en la pagina
35.

Extraiga la cubierta superior. Consulte “Extraccion de la cubierta superior” en la pagina 340.

Quite el deflector de aire o el compartimiento de la unidad central. Consulte “Extraccion del
deflector de aire” en la pagina 47 o “Extraccién del compartimiento de la unidad y las placas
posteriores de la unidad centrales” en la pagina 201.

Desconecte el cable del médulo de sensor de deteccion de liquidos del DWCM del conector
del conjunto de la placa del sistema. Consulte “Mddulo de refrigeracion de agua directa” en la
pagina 353.

Paso 2. Quite el compartimiento de expansion.

¢ Compartimiento de expansiéon 1FH

Figura 104. Extraccion del compartimiento de expansion 1FH

¢ Compartimiento de expansion 3FH
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Figura 105. Extraccion del compartimiento de expansion 3FH

a © Afloje el tornillo que fija el compartimiento de expansion.

b. @ Sujete el compartimiento de expansion por los bordes y levantelo con cuidado hacia arriba
y hacia afuera del chasis.

Paso 3. Desenganche las mangueras y el médulo de sensor de deteccién de liquidos.

Figura 106. Desenganche de las mangueras y el modulo
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a. O Levante el médulo de sensor de deteccion de liquidos hacia arriba del soporte de la
manguera.

b. O Desenganche las mangueras del soporte de la manguera.

Paso 4. Quite el DWCM de la placa del procesador.
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=

Figura 107. Extraccion del DWCM

(1) Afloje completamente las tuercas Torx T30 del conjunto de placa de frio.

b. © Gire las barras antinclinacién hacia dentro.

c.  © Levante con cuidado el DWCM de los zécalos del procesador. Si el DIWCM no se puede
levantar para quitarlo completamente del zdcalo, afloje mas las tuercas Torx T30 e intente
levantar de nuevo el DWCM.

Paso 5. Sihay grasa térmica antigua en los procesadores y las placas de frio, limpie con cuidado la parte
superior de los procesadores y las placas de frio con una toallita de limpieza con alcohol.

Paso 6. Separe el procesador del DWCM. Consulte “Separacion del procesador del transportador y del
disipador de calor” en la pagina 219.

Paso 7. Quite el soporte de manguera.
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Figura 108. Extraccidn del soporte de la manguera

a © Afloje los tornillos que traban el soporte a la placa de E/S del sistema.
b. © Muevael pestillo azul hacia la parte posterior del servidor.
c. O Levanteel soporte de la manguera para sacarlo del chasis.

d. O Instale los tornillos que fijan el firmware y médulo de seguridad de RoT si es necesario.

Después de finalizar

Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje
y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Instalacion del médulo de refrigeracion de agua directa del procesador
Lenovo Neptune(TM)

Siga las instrucciones de esta seccidn para instalar el Modulo de refrigeracion de agua directa (DWCM).

Importante: Esta tarea debe ser realizada por técnicos de servicio expertos certificados por el servicio de
Lenovo. No intente extraer ni instalar la pieza sin la capacitacion y calificacién adecuadas.

Acerca de esta tarea

S011

AL
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PRECAUCION:
Bordes, esquinas o juntas afiladas cerca.

Atencion:

¢ | ea “Directrices de instalacion” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

¢ Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacién y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

¢ Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexioén a tierra.

PRECAUCION:
Al quitar un nuevo DWCM de la caja de envio, levante y quite el conjunto de placa de frio con la
bandeja de envio adherida para evitar que la grasa térmica del conjunto de placa de frio se daiie.

Prepare los siguientes destornilladores para asegurarse de poder instalar y quitar los tornillos
correspondientes correctamente.

Lista de tipos de destornilladores de par Tipo de tornillo

Destornillador de cabeza Torx T30 Tornillo Torx T30

Procedimiento
Paso 1. Instale el soporte de manguera en el chasis.
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Figura 109. Instalacion del soporte de manguera

© Retire los tornillos que fijan el firmware y médulo de seguridad de RoT si es necesario.

© Alinee los orificios de tornillos del soporte de la manguera con los orificios de tornillos del
firmware y modulo de seguridad de RoT y las patillas guia del soporte con los orificios de la
pared posterior.

c. © Apriete los tornillos para fijar el soporte de la manguera a la placa de E/S del sistema.

Paso 2. Instale el procesador al DWCM. Consulte “Instalacién de un procesador y disipador de calor” en la
pagina 221.
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Figura 110. Instalacion de un procesador

1. Alinee la marca triangular que hay en la etiqueta del conjunto de placa de frio con la marca
triangular en el transportador del procesador y el procesador.

2. Instale el DWCM en el procesador-transportador.
3. Presione el transportador en su posicion hasta que los clips en las cuatro esquinas se
enganchen.

Nota: Si el servidor solo tiene un procesador instalado, normalmente el procesador 1, es necesario
instalar una cubierta en el zdcalo vacio del procesador 2 antes de continuar con la instalacion.

Figura 111. Instalacion de la cubierta del zocalo del procesador

Paso 3. Instale el procesador-DWCM en el conjunto de la placa del sistema.
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Figura 112. Instalacion de un procesador-DWCM

1. © Gire las barras antinclinacién hacia adentro.

2. O Alinee la marca triangular y las cuatro tuercas Torx T30 del conjunto de placa de frio con la
marca triangular y los postes roscados del zécalo del procesador. Luego, inserte el conjunto
de placa de frio en el zécalo del procesador.

3. © Gire las barras antinclinacion hacia afuera hasta que se enganchen a los ganchos del
zécalo.

4. © Apriete completamente las tuercas Torx T30 en la secuencia de instalacion indicada en la
conjunto de placa de frio. Apriete los tornillos hasta que se detengan; luego inspeccionelo
visualmente para asegurarse de que no hay espacio entre el hombro del tornillo debajo del
conjunto de placa de frio y el zécalo del procesador. (Como referencia, el valor de apriete
requerido para que los pasadores se aprieten completamente es de 0,9 a 1,3 newton-metros,
8 a 12 pulgadas-libra).

Paso 4. Extraiga el asa del médulo del DWCM.

Figura 113. Extraccion del asa del modulo
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a. © Gire los tornillos como se muestra arriba para desbloquear el asa.
b. O Separe el asa del DWCM.

Notas: Un nuevo DWCM viene con un asa.

1. Para sustituir un DWCM antiguo por uno nuevo, quite el asa del nuevo, como se muestra
arriba.

2. Para sustituir los procesadores sin cambiar el DWCM, no se necesita un asa. Omita el Paso 4
en la pagina 131 y continde con la instalacién.

Paso 5. Instale las cubiertas de la placa de frio. Presione la cubierta hacia abajo como se muestra a
continuacion.

hi

-

Figura 114. Instalacion de las cubiertas de placa de frio

Paso 6. Cologue las mangueras y el médulo de sensor de deteccién de liquidos en el soporte de la
manguera.
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Figura 115. Colocacion de las mangueras y el mddulo

a © Coloque las mangueras en el soporte de la manguera.

b. @ Coloque el médulo de sensor de deteccidn de liquidos en el soporte de la manguera.

Notas:

7

Figura 116. Detalles de instalacion
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¢ Coloque la parte central de la manguera contra el pestillo azul e inserte la manguera de salida
y la manguera de entrada H en el soporte.

¢ Revise las etiquetas guia H en las mangueras antes de la instalacién y alinee las etiquetas con el
borde frontal del soporte de la manguera. De lo contrario, las mangueras podrian obstruir los
conectores abiertos del conjunto de la placa del sistema.

¢ Inserte el médulo de sensor de deteccion de liquidos H en el soporte junto a las mangueras.
Asegurese de que el lado con un LED de estado esté hacia arriba y direccione el cable como se
ilustra arriba.

¢ Para ver el estado de funcionamiento de médulo de sensor de deteccién de liquidos, consulte
“LED del moédulo de sensor de deteccion de liquidos” en la Guia del usuario o la Guia de
configuracion del sistema.

Paso 7. Instale el compartimiento de expansion.

¢ Compartimiento de expansion 1FH

Figura 117. Instalacion del compartimiento de expansion 1FH

e Compartimiento de expansiéon 3FH
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Figura 118. Instalacion del compartimiento de expansion 3FH

a. O Alineela tarjeta de expansién con la ranura de expansion en el conjunto de la placa del
sistema. Presione con cuidado la tarjeta de expansién en la ranura hasta que esté colocada
firmemente.

b. @ Apriete el tornillo para fijar el compartimiento de expansion.

Paso 8. Conecte el cable del médulo de sensor de deteccion de liquidos al conector del conjunto de la
placa del sistema. Consulte “Mddulo de refrigeracion de agua directa” en la pagina 353.

Paso 9. Instale el deflector de aire o el compartimiento de la unidad central. Consulte “Instalacion del
deflector de aire” en la pagina 50 o “Instalacion de las placas posteriores de la unidad centrales y el
compartimiento de la unidad” en la pagina 204.

Paso 10. Instale la cubierta superior. Consulte “Instalacién de la cubierta superior” en la pagina 341.
Paso 11. Instale el servidor en el bastidor. Consulte “Instalacion del servidor en un bastidor” en la pagina 38.

Paso 12. Instale los conectores rapidos en los multiples. Consulte “Instalacién del mdltiple (sistema en
bastidor)” en la pagina 159 o “Instalacion del multiple (sistema en hilera)” en la pagina 180.

Después de finalizar
Complete la sustitucién de piezas. Consulte “Completar la sustitucién de piezas” en la pagina 342.
Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Sustitucion de la unidad M.2 y la placa posterior de la unidad M.2

Utilice esta informacidn para extraer e instalar la unidad M.2 y la placa posterior de la unidad M.2.
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El servidor admite las siguientes placas posteriores de M.2. En esta seccion se utiliza el Placa posterior M.2
de 2 bahias y 4 unidades no RAID SATA/NVMe como ejemplo para la ilustracion. El procedimiento de
sustitucion es similar para otras placas posteriores M.2.

o

I

Placa posterior M.2 de 2 bahias y 4 unidades no RAID SATA/NVMe
2 ] Placa posterior M.2 de 2 bahias y 1 unidad RAID NVMe
H Placa posterior M.2 de 2 bahias RAID SATA/NVME

Nota: El Placa posterior M.2 de 2 bahias y 4 unidades no RAID SATA/NVMe no se admite en el
compartimiento de la unidad central de 4 unidades de 3,5 pulgadas.

e “Extraccion de una unidad M.2” en la pagina 136
e “Instalacién de una unidad M.2” en la pagina 137
e “Extraccién de la placa posterior de M.2” en la pagina 139
e “Instalacién de la placa posterior de M.2” en la pagina 143

Extraccion de una unidad M.2

Utilice esta informacidn para extraer una unidad M.2.

Acerca de esta tarea

Atencion:

¢ | ea “Directrices de instalacion” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

e Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacion y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

e Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexion a tierra.

¢ Antes de quitar o hacer cambios a las unidades, los controladores de las unidades (incluidos los
controladores que estan integrados en el conjunto de la placa del sistema), las placas posteriores de la
unidad o los cables de la unidad, realice una copia de seguridad de todos los datos importantes que se
encuentran almacenados en las unidades.

e Sihay una o mas unidades de estado soélido NVMe que se van a quitar, se recomienda deshabilitarlas
previamente a través del sistema operativo.

Procedimiento
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Paso 1. Si el servidor esta instalado en un bastidor, deslice el servidor hacia fuera de los rieles de
deslizamiento del bastidor para acceder a la cubierta superior, o quite el servidor del bastidor.
Consulte “Extraccion del servidor de un bastidor” en la pagina 35.

Paso 2. Extraiga la cubierta superior. Consulte “Extraccion de la cubierta superior” en la pagina 340.
Paso 3. Quite la unidad M.2.

Figura 119. Quitar la unidad M.2

© Presione ambos lados del elemento de sujecion H.

a.
b. © Deslicelo el elemento de sujecion para quitarlo de la unidad M.2.

o

© Gire el extremo posterior de la unidad M.2 hasta un angulo de aproximadamente 30 grados.

d. O Tire de la unidad M.2 para sacarla del conector |

Después de finalizar
1. Instale una nueva unidad M.2. Consulte “Instalacion de una unidad M.2” en la pagina 137.

2. Sise le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del
embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Instalacion de una unidad M.2

Utilice esta informacién para instalar una unidad M.2.

Atencion:

e |ea “Directrices de instalaciéon” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccién de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

e Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacién y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.
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¢ FEvite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacién y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexién a tierra.

¢ Antes de quitar o hacer cambios a las unidades, los controladores de las unidades (incluidos los
controladores que estan integrados en el conjunto de la placa del sistema), las placas posteriores de la
unidad o los cables de la unidad, realice una copia de seguridad de todos los datos importantes que se
encuentran almacenados en las unidades.

Descarga de firmware y controlador: es posible que deba actualizar el firmware o el controlador después
de sustituir un componente.

¢ Vaya a https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr650v3/downloads/driver-list/
para ver las actualizaciones mas recientes de firmware y controlador para su servidor.

¢ Acceda a “Actualizacion del firmware” en la Guia del usuario o la Guia de configuracion del sistema para
obtener mas informacion sobre las herramientas de actualizacién de firmware.

Procedimiento

Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene la nueva pieza con cualquier superficie no
pintada de la parte exterior del servidor. A continuacion, saque la pieza nueva de la bolsa 'y
coléquela en una superficie antiestatica.

Paso 2. (Opcional) Ajuste el elemento de sujecion de la placa posterior M.2 para acomodar el tamano
particular de la unidad M.2 que desea instalar.

Figura 120. Ajuste del elemento de sujecion M.2

© Presione ambos lados del elemento de sujecion.

® Mueva el elemento de sujecion hacia delante, hasta que entre en la abertura grande de la
cerradura.

(3 Saque el elemento de sujecién de la cerradura.
O Inserte el elemento de sujecidn en la cerradura correcta.

© Presione ambos lados del elemento de sujecion.

=~ o a o

O Deslice el elemento de sujecion hacia atras (hacia la pequefa apertura de la ranura de la
cerradura) hasta que esté en su lugar.

Paso 3. Ubique el conector en la placa posterior M.2.

Notas:
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e Su placa posterior M.2 puede ser verse diferente de las ilustraciones siguientes, pero el método
de instalacion es el mismo.

e Todas las placas posteriores de M.2 admiten dos unidades M.2 idénticas. Instale primero la
unidad M.2 en la ranura 0.

K Ranura 0
H Ranura 1

Figura 121. Ranura de unidad M.2

Paso 4. Instale la unidad M.2 en la placa posterior de M.2.

Figura 122. Instalacion de la unidad M.2

(1 Sostenga la unidad M.2 en un angulo e insértela en la ranura M.2.

b. © Gire la unidad M.2 hacia abajo hasta que la muesca F han quedado debajo del borde del
elemento de sujecion H.

c. © Deslice el elemento de sujecion hacia la unidad M.2 para fijarla en su lugar.

Después de finalizar
Complete la sustitucién de piezas. Consulte “Completar la sustitucidn de piezas” en la pagina 342.
Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Extraccion de la placa posterior de M.2

Utilice esta informacién para quitar la placa posterior de M.2.
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Acerca de esta tarea

Atencion:

Lea “Directrices de instalacion” en la pagina 1y “Lista de comprobacion de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacién y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

Evite la exposicidn a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacién y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexion a tierra.

Antes de quitar o hacer cambios a las unidades, los controladores de las unidades (incluidos los
controladores que estan integrados en el conjunto de la placa del sistema), las placas posteriores de la
unidad o los cables de la unidad, realice una copia de seguridad de todos los datos importantes que se
encuentran almacenados en las unidades.

Procedimiento
Paso 1. Si el servidor esté instalado en un bastidor, deslice el servidor hacia fuera de los rieles de

deslizamiento del bastidor para acceder a la cubierta superior, o quite el servidor del bastidor.
Consulte “Extraccion del servidor de un bastidor” en la pagina 35.

Paso 2. Extraiga la cubierta superior. Consulte “Extraccién de la cubierta superior” en la pagina 340.

Paso 3. Desconecte los cables de M.2 de la placa posterior de M.2.

Figura 124. Desconexidn de los cables de Placa posterior M.2 de 2 bahias y 1 unidad RAID NVMe
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1. o Suelte los tornillos del cable de sefial.

2. (2 Incline el conector y quitelo.

3. e Quite el cable de alimentacion.

Figura 125. Desconexion del cable de Placa posterior M.2 de 2 bahias RAID SATA/NVME

1. o Abra el pestillo en el cable M.2.

2. 9 Desconecte el cable de M.2 de la placa posterior de M.2.
Paso 4. Quite la placa posterior de M.2.

Placa posterior de M.2 en el deflector de aire

1. Quite la unidad M.2 de la placa posterior M.2. Consulte “Extraccién de una unidad M.2” en la
pagina 136.

2. Quite la placa posterior de M.2 del deflector de aire.

Figura 126. Extraccion de la placa posterior de M.2 del deflector de aire

a. © suelte el tornillo que fija la placa posterior de M.2 al deflector de aire.
b. @ Deslice y sujete el clip de sujecién del deflector de aire.

c. ®Quitela placa posterior de M.2 del deflector de aire y suelte el clip de sujecion.
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Placa posterior de M.2 en el compartimiento de la unidad central
1. Abra la manija del compartimiento de la unidad.

Figura 127. Apertura de la manija del compartimiento de la unidad central

2. Quite la unidad M.2 de la placa posterior M.2. Consulte “Extraccién de una unidad M.2” en la
pagina 136.

3. Quite la placa posterior de M.2 del compartimiento de la unidad central.

Figura 128. Extraccion de la placa posterior de M.2 del compartimiento de la unidad central

a. © Suelte el tornillo de la placa posterior de M.2 central.
b. @ Suelte el tornillo del extremo de la placa posterior de M.2.

c. ® Quitela placa posterior de M.2 del compartimiento de la unidad central.
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Después de finalizar

1. Instale una nueva placa posterior de M.2. Consulte “Instalacion de la placa posterior de M.2” en la
pagina 143.

2. Sise le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del
embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Instalacion de la placa posterior de M.2

Utilice esta informacién para instalar la placa posterior de M.2.

Acerca de esta tarea

Atencion:

¢ | ea “Directrices de instalaciéon” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

e Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacion y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

¢ Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacién y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexion a tierra.

¢ Antes de quitar o hacer cambios a las unidades, los controladores de las unidades (incluidos los
controladores que estan integrados en el conjunto de la placa del sistema), las placas posteriores de la
unidad o los cables de la unidad, realice una copia de seguridad de todos los datos importantes que se
encuentran almacenados en las unidades.

Descarga de firmware y controlador: es posible que deba actualizar el firmware o el controlador después
de sustituir un componente.

e Vaya a https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr650v3/downloads/driver-list/
para ver las actualizaciones mas recientes de firmware y controlador para su servidor.

¢ Acceda a “Actualizacion del firmware” en la Guia del usuario o la Guia de configuracion del sistema para
obtener mas informacioén sobre las herramientas de actualizacion de firmware.

Procedimiento

Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene la nueva pieza con cualquier superficie no
pintada de la parte exterior del servidor. A continuacion, saque la pieza nueva de la bolsa 'y
coléquela en una superficie antiestatica.

Paso 2. Instale la placa posterior de M.2.

Placa posterior de M.2 en el deflector de aire
1. Instale la placa posterior de M.2 en el deflector de aire.
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Figura 129. Instalacion de la placa posterior de M.2 en el deflector de aire

a. © Abrael clip de sujecién del deflector de aire.

b. @ Alinee los orificios de guia de la placa posterior de M.2 con las patillas guia del deflector
de aire e inserte la placa posterior en el deflector de aire.

c. ®aGirela placa posterior de M.2 hacia abajo a su posicion.
d. © Apriete el tornillo para fijar la placa posterior M.2.

2. Instale la unidad M.2 en la placa posterior de M.2. Consulte “Instalacién de una unidad M.2”
en la pagina 137.

Placa posterior de M.2 en el compartimiento de la unidad central
1. Instale la placa posterior de M.2 en el compartimiento de la unidad central.

Figura 130. Instalacion de la placa posterior de M.2 en el compartimiento de la unidad central

a. © Alinee los tornillos de la placa posterior de M.2 con los orificios de tornillos en el
compartimiento de la unida e inserte la placa posterior en el compartimiento de la unidad.
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b. @ Apriete el tornillo del centro de la placa posterior de M.2.

c. © Apriete el tornillo del extremo de la placa posterior de M.2.

2. Instale la unidad M.2 en la placa posterior de M.2. Consulte “Instalacion de una unidad M.2”
en la pagina 137.

3. Presione el pestillo tal como se muestra y cierre la manija.

Figura 131. Cierre de la manija del compartimiento de la unidad central

Paso 3. Conecte los cables de la placa posterior de M.2 a la placa posterior de M.2.

Figura 132. Conexion de los cables M.2 a Placa posterior M.2 de 2 bahias y 4 unidades no RAID SATA/NVMe
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Figura 133. Conexion de los cables M.2 a Placa posterior M.2 de 2 bahias y 1 unidad RAID NVMe
1. (1) Incline el conector en un angulo de 20 grados o menos e insértelo hasta que su superficie
inferior alcance la rampa.
2. (2 Presione el conector hacia abajo.
3. (3 Apriete los tornillos del cable de sefial.

4, o Conecte el cable de alimentacion.

Figura 134. Conexion de los cables M.2 a Placa posterior M.2 de 2 bahias RAID SATA/NVME

1. o Conecte el cable de M.2 a la placa posterior de M.2.

2. 9 Gire el pestillo en el cable como se muestra y presione el pestillo hacia abajo hasta que
encaje en su lugar.

Después de finalizar
Complete la sustitucion de piezas. Consulte “Completar la sustitucion de piezas” en la pagina 342.
Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube
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Sustitucion del adaptador NIC de gestion

Siga las instrucciones de esta seccion para extraer e instalar el ThinkSystem V3 Management NIC Adapter
Kit (adaptador NIC de gestion).

Nota: Si el ThinkSystem V3 Management NIC Adapter Kit (adaptador NIC de gestidn) esta instalado en el
servidor, no se mostrara en la lista de tarjetas PCle de software de gestion del sistema, como XCC, LXPM,
entre otros.

e “Extraccion del adaptador NIC de gestion” en la pagina 147
e “Instalacion del adaptador NIC de gestion” en la pagina 148

Extraccion del adaptador NIC de gestion

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccién para quitar el adaptador NIC de gestion.

Acerca de esta tarea

Atencion:

¢ Lea “Directrices de instalacién” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

e Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacién y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

¢ FEvite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema vy la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacién y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexiodn a tierra.

Procedimiento
Paso 1. Prepérese para la tarea.

a. Acceda a Lenovo XClarity Controller; luego, seleccione Red en Configuracién de BMC y
deshabilite Puerto Ethernet 2.

b. Siel servidor esté instalado en un bastidor, deslice el servidor hacia fuera de los rieles de
deslizamiento del bastidor para acceder a la cubierta superior, o quite el servidor del bastidor.
Consulte “Extraccion del servidor de un bastidor” en la pagina 35.

Extraiga la cubierta superior. Consulte “Extraccion de la cubierta superior” en la pagina 340.

Si su servidor viene con un conjunto de expansién 1, extraigalo primero. Consulte “Extraccion
de un conjunto de expansion posterior” en la pagina 286.

Paso 2. Desconecte el cable del adaptador NIC de gestion.
Paso 3. Extraiga el adaptador NIC de gestion.
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Figura 135. Extraccion del adaptador NIC de gestion

a. © Suelte el tornillo que fija el adaptador NIC de gestion.
b. ©® Mantenga presionado el pestillo azul.
c. ©® Empuje el adaptador NIC de gestion desde el pestillo hacia fuera del chasis.

Después de finalizar

1. Instale un relleno o una unidad de sustitucién. Consulte “Instalacién del adaptador NIC de gestion” en la
pagina 148.

2. Sise le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del
embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Instalacion del adaptador NIC de gestion

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccién para instalar el adaptador NIC de gestion.

Acerca de esta tarea

¢ | ea “Directrices de instalaciéon” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

e Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacion y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

¢ Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacién y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexion a tierra.

Descarga de firmware y controlador: es posible que deba actualizar el firmware o el controlador después
de sustituir un componente.
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* Vaya a https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr650v3/downloads/driver-list/
para ver las actualizaciones mas recientes de firmware y controlador para su servidor.

¢ Acceda a “Actualizacion del firmware” en la Guia del usuario o la Guia de configuracion del sistema para
obtener mas informacion sobre las herramientas de actualizacion de firmware.

Procedimiento
Paso 1. Si hay instalado un relleno, extraigalo.
Paso 2. Instalacién de adaptador NIC de gestion.

Figura 136. Instalacion del adaptador NIC de gestion

a. O Deslice el adaptador NIC de gestion en la ranura hasta que esté bien colocado.
b. © Apriete el tornillo para fijar el adaptador NIC de gestion.

Paso 3. Conecte el cable al adaptador NIC de gestién. Consulte Capitulo 2 “Disposicion interna de los
cables” en la pagina 345.

Paso 4. Instale el conjunto de expansion 1, si lo extrajo. Consulte “Instalacién de un conjunto de expansién
posterior” en la pagina 298.

Después de finalizar

1. Complete la sustitucion de piezas. Consulte “Completar la sustitucion de piezas” en la pagina 342.

2. Acceda a Lenovo XClarity Controller; luego, seleccione Red en Configuracion de BMC y habilite
Puerto Ethernet 2.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Sustitucion del multiple (solo un técnico de servicio especializado)

Utilice los siguientes procedimientos para quitar e instalar los multiples.
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Importante:

e Esta tarea debe ser realizada por técnicos de servicio expertos certificados por el servicio de Lenovo. No
intente extraer ni instalar la pieza sin la capacitacion y calificacién adecuadas.

¢ Elrefrigerante que circula por el sistema de refrigeracion es agua desionizada. Para obtener mas
informacion acerca del refrigerante, consulte “Requisitos de agua” en la pagina 671.

¢ El servidor se puede instalar en los armarios de bastidor de ThinkSystem Heavy Duty Full Depth. Para ver
la Guia del usuario de armarios de bastidor ThinkSystem Heavy Duty Full Depth, consulte Guia del usuario
de armarios de bastidor de ThinkSystem Heavy Duty Full Depth.

e Para obtener mas pautas de operacién y mantenimiento sobre la Unidad de distribucion de refrigerante
(CDU), consulte Guia de operacién y mantenimiento de la unidad de distribucién de refrigerante (CDU) en
bastidor Lenovo Neptune DWC RM100.

Las siguientes ilustraciones presentan las vistas posteriores del armario bastidor; tres conjuntos de multiples

y tres conjuntos de mangueras de conexion. Hay dos etiquetas adheridas a la parte delantera de los
multiples y una etiqueta en un extremo de cada manguera.
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Figura 137. Mdltiples en un sistema
en fila de 42U
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Figura 138. Mdltiples en un sistema
en bastidor de 42U
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Figura 139. Mdltiples en un sistema
en bastidor de 48U

Figura 140. Kit de mangueras en fila
de 42U

Figura 141. Conjunto de conexion en
bastidor de 42U

Figura 142. Conjunto de conexion en
bastidor de 48U

. Dos carretes izquierdos en el multiple de suministro

e H Dos carretes derechos en el multiple de retorno

e “Extraccion del multiple (sistema en bastidor)” en la pagina 152

e “Instalacion del multiple (sistema en bastidor)” en la pagina 159

e “Extraccién del multiple (sistema en hilera)” en la pagina 171

e “Instalacién del multiple (sistema en hilera)” en la pagina 180
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Extraccion del multiple (sistema en bastidor)

Utilice esta informacién para extraer el multiple en un sistema de refrigeracion por agua directa en el
bastidor.

Acerca de esta tarea

Importante: Esta tarea debe ser realizada por técnicos de servicio expertos certificados por el servicio de
Lenovo. No intente extraer ni instalar la pieza sin la capacitacion y calificacién adecuadas.

PRECAUCION:
El refrigerante puede provocar irritacion de la piel y los ojos. Evite el contacto directo con el
refrigerante.

S002

N

PRECAUCION:

El boton de control de encendido del dispositivo y el interruptor de alimentacion de la fuente de
alimentacion no cortan la corriente eléctrica suministrada al dispositivo. Es posible que el dispositivo
tenga también mas de un cable de alimentacion. Para cortar completamente la corriente eléctrica del
dispositivo, asegurese de que todos los cables de alimentacion estén desconectados de la fuente de
alimentacion.

S011

VAV

PRECAUCION:
Bordes, esquinas o juntas afiladas cerca.

S038

A®

PRECAUCION:
Se debe llevar proteccidén ocular para este procedimiento.

S040

AO

PRECAUCION:
Se debe llevar guantes de seguridad para este procedimiento.
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APELIGRO

Riesgo de descarga eléctrica debido a agua o a una solucion de agua presente en este producto.
Evite trabajar sobre equipos con energia o cerca de él con las manos hiimedas o cuando haya agua
derramada.

Atencion:

Lea “Directrices de instalacion” en la pagina 1y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacion y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otros sistemas
de conexion a tierra.

Asegurese de seguir los procedimientos de manipulacién correctos al trabajar con cualquier refrigerante
tratado quimicamente en el sistema de refrigeracion del bastidor. Asegurese de contar con las hojas de
datos de seguridad de materiales (MSDS) y la informacion de seguridad proporcionadas por el proveedor
de tratamiento quimico del refrigerante y de que el equipo de proteccion personal (EPP) correcto esté
disponible segun lo recomendado por el proveedor de tratamiento quimico del refrigerante. Se
recomiendan los guantes y anteojos de proteccién como precaucion.

Esta tarea requiere de dos 0 mas personas.

Procedimiento
Paso 1. Apague la CDU en bastidor y desconecte todos los cables de alimentacion.

Paso 2. Cierre ambas vélvulas de bola.

Return

Figura 143. Cierre de las valvulas de bola
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a. O Presione el botdn en el conmutador de la valvula de bola.
b. © Gire el conmutador para cerrar completamente las valvulas como se muestra arriba.

Paso 3. Extraiga los conectores rapidos para separar las mangueras del DWCM del multiple.

Figura 144. Extraccion de los conectores rapidos

a. O Presione el pestillo hacia abajo para desbloquear la manguera.
b. © Retirela manguera.
c. © Vuelva ainstalar las cubiertas de conectores rapidos de goma en los puertos del multiple.

Paso 4. Repita el Paso 3 en la pagina 154 en el otro multiple.
Paso 5. Desenganche el conjunto de conexidn de las valvulas de bola.

Nota: Desenganche primero el lado de retorno y, luego, desenganche el lado de suministro.

Figura 145. Extraccion del conjunto de conexion

a. © Gire la valvula de bola hacia la izquierda.

b. © Retire el conjunto de conexion de la valvula de bola.
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Paso 6.

Paso 7.

Paso 8.

Quite el multiple de retorno con el conjunto de conexion conectado.

’@
PSP PSP

Figura 146. Extraccion del multiple

a © Sujete el multiple con ambas manos y levantelo para reubicar los carretes desde las
aberturas pequenas del armario bastidor a las grandes.

b. @ Extraiga el multiple con el conjunto de conexidn conectado.

Repita el Paso 6 en la pagina 155 en el multiple de suministro.

Notas:

e Queda un resto de refrigerante en el interior del multiple y el conjunto de conexién. Extraiga
ambos elementos de forma conjunta y deje el drenado posterior para el paso siguiente.

¢ Para obtener mas informacion sobre el armario de bastidor, consulte la Guia del usuario de
armarios de bastidor de ThinkSystem Heavy Duty Full Depth.

Instale el kit de purga en el lado de suministro del mdiltiple.

Nota: En este paso se drena el refrigerante con la ayuda de una diferencia de presion desde el
interior y exterior del multiple de suministro.
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Figura 147. Instalacion del kit de purga en el lado de suministro

a © Extraiga las cubiertas de conectores rapidos de goma de los puertos del multiple.
b. @ Conecte el kit de purga al multiple.

Paso 9. Abra lentamente la valvula de purga para permitir que circule un flujo de refrigerante. Cierre la
valvula de purga una vez que se detenga el flujo de refrigerante.
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Figura 148. Apertura de la valvula de purga

Paso 10. Instale el kit de purga en el lado de retorno del multiple.

Nota: En este paso se drena el refrigerante con la ayuda de una diferencia de presion desde el
interior y exterior del multiple de retorno.
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Figura 149. Instalacion del kit de purga en el lado de retorno

a © Extraiga las cubiertas de conectores rapidos de goma de los puertos del multiple.
b. @ Conecte el kit de purga al multiple.

Paso 11. Abra lentamente la valvula de purga para permitir que circule un flujo de refrigerante. Cierre la
valvula de purga una vez que se detenga el flujo de refrigerante.
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Figura 150. Apertura de la valvula de purga

158 Guia de mantenimiento del hardware de ThinkSystem SR650 V3



Paso 12. Separe el multiple de retorno del conjunto de conexidn en un area de trabajo secay limpia.
Mantenga a su alrededor un balde y pafios absorbentes para limpiar cualquier resto de refrigerante
que pueda escurrir.

Figura 151. Separacion del multiple del juego de conexidn

Llave de 17 mm

a O Afloje el tornillo que traba el manguito de empalme.

b. @ Baje el tornillo.

c. © Abrala abrazadera.

d © Extraiga el manguito de empalme y el conjunto de conexion del multiple.
Paso 13. Repita el Paso 12 en la pagina 159 en el mdltiple de suministro.

Paso 14. Para una mejor higiene, mantenga secos y limpios los puertos del mdultiple y los conjuntos de
conexion. Vuelva a instalar las cubiertas de los conectores rapidos o cualquier cubierta que proteja
los conjuntos de conexion y los puertos del multiple.

Paso 15. Para extraer el servidor del bastidor, consulte “Extraccién del servidor de un bastidor” en la pagina
35.

Paso 16. Para extraer el Médulo de refrigeracidon de agua directa (DWCM), consulte “Extraccion del médulo
de refrigeracion de agua directa del procesador Lenovo Neptune(TM)” en la pagina 123.

Después de finalizar

Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje
y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Instalacion del multiple (sistema en bastidor)

Utilice esta informacion para instalar el multiple en un sistema de refrigeracién por agua directa en el
bastidor.

Acerca de esta tarea

Importante: Esta tarea debe ser realizada por técnicos de servicio expertos certificados por el servicio de
Lenovo. No intente extraer ni instalar la pieza sin la capacitacion y calificacién adecuadas.
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PRECAUCION:
El refrigerante puede provocar irritacion de la piel y los ojos. Evite el contacto directo con el
refrigerante.

S002

N

PRECAUCION:

El boton de control de encendido del dispositivo y el interruptor de alimentacion de la fuente de
alimentacion no cortan la corriente eléctrica suministrada al dispositivo. Es posible que el dispositivo
tenga también mas de un cable de alimentacion. Para cortar completamente la corriente eléctrica del
dispositivo, asegurese de que todos los cables de alimentacién estén desconectados de la fuente de
alimentacion.

S011

AL

PRECAUCION:
Bordes, esquinas o juntas afiladas cerca.

S038

A®

PRECAUCION:
Se debe llevar proteccidn ocular para este procedimiento.

S040

AO

PRECAUCION:
Se debe llevar guantes de seguridad para este procedimiento.

S042

VAN

Wiy
7

160 Guia de mantenimiento del hardware de ThinkSystem SR650 V3



APELIGRO

Riesgo de descarga eléctrica debido a agua o a una solucién de agua presente en este producto.
Evite trabajar sobre equipos con energia o cerca de él con las manos hiimedas o cuando haya agua
derramada.

Atencion:

Lea “Directrices de instalacion” en la pagina 1y “Lista de comprobacion de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacion y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otros sistemas
de conexion a tierra.

Asegurese de seguir los procedimientos de manipulacion correctos al trabajar con cualquier refrigerante
tratado quimicamente en el sistema de refrigeracion del bastidor. Asegurese de contar con las hojas de
datos de seguridad de materiales (MSDS) y la informacion de seguridad proporcionadas por el proveedor
de tratamiento quimico del refrigerante y de que el equipo de proteccion personal (EPP) correcto esté
disponible segun lo recomendado por el proveedor de tratamiento quimico del refrigerante. Se
recomiendan los guantes y anteojos de proteccidon como precaucion.

Esta tarea requiere de dos o mas personas.

Procedimiento
Paso 1. Asegurese de que la CDU en bastidor y otros dispositivos no estén encendidos y que todos los

cables externos estén desconectados.

Paso 2. Parainstalar el Médulo de refrigeracion de agua directa (DWCM), consulte “Instalacion del médulo

de refrigeracion de agua directa del procesador Lenovo Neptune(TM)” en la pagina 127.

Paso 3. Parainstalar el servidor en el bastidor, consulte “Instalacion del servidor en un bastidor” en la

pagina 38.

Paso 4. Instale el multiple.
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Figura 152. Instalacion del multiple

a © Sujete el multiple con ambas manos y moéntelo en el armario de bastidor.
b. @ Alinee los carretes con los orificios y sujete el armario.
Nota: Para obtener mas informacién sobre el armario de bastidor, consulte la Guia del usuario de
armarios de bastidor de ThinkSystem Heavy Duty Full Depth.
Paso 5. Repita el Paso 4 en la pagina 161 en el otro multiple.
Paso 6. Separe las valvulas de bola de los conjuntos de conexién.
Nota: Un extremo de un conjunto de conexién viene con una valvula de bola desmontable y un

manguito de empalme conecta las dos piezas. Quite el manguito de empalme para separar la
vélvula de bola que se asegura para la CDU en el Paso 7 en la pagina 163.
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Paso 7.

Paso 8.

Figura 153. Separacion de valvulas de bola

Llave de 17 mm

a
b.
c
d

e.

(1 Afloje el tornillo que traba el manguito de empalme.
@ Baje el tornillo.

© Abra la abrazadera.
© Quite el manguito de empalme.

© Quite la valvula de bola del conjunto de conexion.

Instale valvulas de bola en la CDU.

5]

Supply ™ 7

Return

Figura 154. Instalacion de valvulas de bola

o o o

e.

© Conecte las valvulas de bola a los puertos Suministro y Retorno.
© Envuelva la interfaz con la abrazadera.

© Cierre la abrazadera.

© Levante el tornillo.

(5 Apriete el tornillo y asegurese de que esté firme.

Instale el conjunto de conexién a los multiples.

Nota: Instale primero el lado de suministro y, luego, instale el lado de retorno.
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Figura 155. Instalacion de conjunto de conexion

Llave de 17 mm

a o o o

e.

© Conecte el conjunto de conexidon a ambos multiples.
© Envuelva la interfaz con la abrazadera.

© Cierre la abrazadera.

© Levante el tornillo.

(5 Apriete el tornillo y asegurese de que esté firme.

Paso 9. Instale el conjunto de conexién a las valvulas de bola.

Nota: Instale primero el lado de suministro y, luego, instale el lado de retorno.
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Return

Figura 156. Conexion de valvulas de bola

a. O Conecte las valvulas de bola.
b. @ Gire hacia la derecha para bloquear las dos valvulas.
Paso 10. Prepare la CDU en bastidor.

a. Conecte la manguera de alimentacion al puerto de entrada en el frente.

Front

Figura 157. La parte delantera de la CDU

b. Conecte las mangueras al puerto de drenaje y al puerto de purga en la parte trasera.
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Figura 158. La parte posterior de la CDU

© Conecte ambas mangueras de drenaje y purga a la CDU.

© Gire los conectores hacia la derecha para fijar la conexion.
Importante:

¢ Para obtener mas directrices de operacién y mantenimiento, consulte Guia de operacion y
mantenimiento de la unidad de distribucién de refrigerante (CDU) en bastidor Lenovo
Neptune DWC RM100.

e Para soporte de servicio, garantia asociada y dimensionamiento de mantenimiento,
comuniquese con el equipo de Lenovo Professional Services en cdusupport@lenovo.com.

Paso 11. Instale el conector rapido en los multiples.

Figura 159. Instalacion del conector rapido

a © Extraiga las cubiertas de conectores rapidos de goma de los puertos del multiple.
b. @ Conecte el conector al puerto del multiple.

Paso 12. Instale el kit de purga en el lado de suministro del multiple.
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Figura 160. Instalacion del kit de purga en el lado de suministro

a © Extraiga las cubiertas de conectores rapidos de goma de los puertos del multiple.

b. ©® Conecte el kit de purga al multiple.

Paso 13. Para expulsar el aire de los multiples, abra los conmutadores de valvulas de bola para que el
refrigerante llene el sistema.

Return

Figura 161. Apertura de las valvulas de bola
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a. O Presione el botdn en el conmutador de la valvula de bola.
b. © Gire el conmutador para abrir completamente las valvulas como se muestra arriba.

Atencion:

* Preste mucha atencién a la pantalla frontal de la CDU y mantenga la presion del sistema en un
bar.

¢ Para obtener mas informacion sobre los requisitos de temperatura del refrigerante y presién del
sistema, consulte “Requisitos de agua” en la pagina 671.

Paso 14. Abra lentamente la valvula de purga para que el aire salga de la manguera. Cierre la valvula de
purga una vez que el flujo de agua al balde se estabilice o haya solo una cantidad minima de
burbujas en la manguera de purga.

Figura 162. Apertura de la valvula de purga del lado de suministro

Paso 15. Instale el kit de purga en el lado de retorno del multiple.
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Figura 163. Instalacidn del kit de purga en el lado de retorno

a © Extraiga las cubiertas de conectores rapidos de goma de los puertos del multiple.
b. ©® Conecte el kit de purga al multiple.

Paso 16. Abra lentamente la valvula de purga para que el aire salga de la manguera. Cierre la valvula de

purga una vez que el flujo de agua al balde se estabilice o haya solo una cantidad minima de
burbujas en la manguera de purga.
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Figura 164. Apertura de la valvula de purga del lado de retorno

Paso 17. (Por precaucion) Para asegurarse de que en el interior haya la menor cantidad posible de aire,
vuelva a instalar el kit de purga en el lado de suministro del multiple y hagalo una vez mas. Cierre la
valvula de purga una vez que el flujo de agua al balde se estabilice o haya solo una cantidad
minima de burbujas en la manguera de purga.
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Figura 165. Apertura de la valvula de purga del lado de suministro

Paso 18. Una vez que se complete esto, preste mucha atencion a la pantalla frontal de la CDU y mantenga la
presion del sistema en un bar. Para obtener mas informacion sobre los requisitos de temperatura
del refrigerante y presion del sistema, consulte “Requisitos de agua” en la pagina 671.

Después de finalizar

Complete la sustitucién de piezas. Consulte “Completar la sustitucién de piezas” en la pagina 342.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Extraccion del multiple (sistema en hilera)

Utilice esta informacion para extraer el multiple en un sistema de refrigeracion por agua directa en hilera.

Acerca de esta tarea

Importante: Esta tarea debe ser realizada por técnicos de servicio expertos certificados por el servicio de
Lenovo. No intente extraer ni instalar la pieza sin la capacitacion y calificacién adecuadas.

PRECAUCION:
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El refrigerante puede provocar irritacion de la piel y los ojos. Evite el contacto directo con el
refrigerante.

S002

N

PRECAUCION:

El boton de control de encendido del dispositivo y el interruptor de alimentacion de la fuente de
alimentacion no cortan la corriente eléctrica suministrada al dispositivo. Es posible que el dispositivo
tenga también mas de un cable de alimentacion. Para cortar completamente la corriente eléctrica del
dispositivo, asegurese de que todos los cables de alimentacién estén desconectados de la fuente de
alimentacion.

S011

AL

PRECAUCION:
Bordes, esquinas o juntas afiladas cerca.

S038

A®

PRECAUCION:
Se debe llevar proteccidn ocular para este procedimiento.

S040

AO

PRECAUCION:
Se debe llevar guantes de seguridad para este procedimiento.

S042

VAN

Wiy
YV
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APELIGRO

Riesgo de descarga eléctrica debido a agua o a una solucién de agua presente en este producto.
Evite trabajar sobre equipos con energia o cerca de él con las manos hiimedas o cuando haya agua
derramada.

Atencion:

Lea “Directrices de instalacion” en la pagina 1y “Lista de comprobacion de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacion y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otros sistemas
de conexion a tierra.

Asegurese de seguir los procedimientos de manipulacion correctos al trabajar con cualquier refrigerante
tratado quimicamente en el sistema de refrigeracion del bastidor. Asegurese de contar con las hojas de
datos de seguridad de materiales (MSDS) y la informacion de seguridad proporcionadas por el proveedor
de tratamiento quimico del refrigerante y de que el equipo de proteccion personal (EPP) correcto esté
disponible segun lo recomendado por el proveedor de tratamiento quimico del refrigerante. Se
recomiendan los guantes y anteojos de proteccidon como precaucion.

Esta tarea requiere de dos o mas personas.

Procedimiento
Paso 1. Cierre ambas valvulas de bola.

Figura 166. Cierre de las valvulas de bola

Nota:
H El suministro del multiple se conecta al H El retorno del muiltiple se conecta al
suministro de la instalacion retorno de la instalacion
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a. O Presione el botdn en el conmutador de la valvula de bola.
b. © Gire los conmutadores para cerrar completamente las valvulas como se muestra arriba.

Paso 2. Extraiga los conectores rapidos para separar las mangueras del DWCM del multiple.

{_IP
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Figura 167. Extraccion de los conectores rapidos

a. O Presione el pestillo hacia abajo para desbloquear la manguera.
b. © Retirela manguera.
c. © Vuelva ainstalar las cubiertas de conectores rapidos de goma en los puertos del multiple.

Paso 3. Repita Paso 2 en la pagina 174 con el otro mdltiple.
Paso 4. Extraiga el multiple con el kit de la manguera conectado.
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Paso 5.

Paso 6.
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Figura 168. Extraccion del mdltiple

a © Sujete el multiple con ambas manos y levantelo para reubicar los carretes desde las
aberturas pequefas del armario bastidor a las grandes.

b. @ Extraiga el multiple con el kit de la manguera conectado.

Repita Paso 4 en la pagina 174 con el otro multiple.

Notas:

¢ Queda un resto de refrigerante en el interior del multiple y del kit de la manguera. Extraiga
ambos elementos de forma conjunta y deje el drenado posterior para el paso siguiente.

e Para obtener mas informacién sobre el armario de bastidor, consulte la Guia del usuario de
armarios de bastidor de ThinkSystem Heavy Duty Full Depth.

Instale el kit de purga en el lado de suministro del multiple.

Nota: En este paso se drena el refrigerante con la ayuda de una diferencia de presion desde el
interior y exterior del multiple de suministro.
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Figura 169. Instalacion del kit de purga en el lado de suministro

a © Extraiga las cubiertas de conectores rapidos de goma de los puertos del multiple.
b. @ Conecte el kit de purga al multiple.

Paso 7. Abra lentamente la valvula de purga para permitir que circule un flujo de refrigerante. Cierre la
valvula de purga una vez que se detenga el flujo de refrigerante.

176 Guia de mantenimiento del hardware de ThinkSystem SR650 V3



Figura 170. Apertura de la valvula de purga

Paso 8. Instale el kit de purga en el lado de retorno del multiple.

Nota: En este paso se drena el refrigerante con la ayuda de una diferencia de presion desde el
interior y exterior del multiple de retorno.
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Figura 171. Instalacion del kit de purga en el lado de retorno

a © Extraiga las cubiertas de conectores rapidos de goma de los puertos del multiple.
b. @ Conecte el kit de purga al multiple.

Paso 9. Abra lentamente la valvula de purga para permitir que circule un flujo de refrigerante. Cierre la
valvula de purga una vez que se detenga el flujo de refrigerante.
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Paso 10.

Paso 11.
Paso 12.
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Figura 172. Apertura de la valvula de purga

Separe el multiple del kit de manguera en un area de trabajo seca y limpia. Mantenga a su
alrededor un balde y pafios absorbentes para limpiar cualquier resto de refrigerante que pueda
escurrir.

Figura 173. Separacion del multiple del kit de manguera

Llave de 17 mm

a.
b.

C.
d.

(1 Afloje el tornillo que traba el manguito de empalme.
(2] Baje el tornillo.

© Abra la abrazadera.
(4] Extraiga el kit del manguito de empalme y la manguera del multiple.

Repita Paso 10 en la pagina 179 con el otro multiple.

Para una mejor higiene, mantenga secos y limpios los puertos del multiple y los kits de mangueras.
Vuelva a instalar las cubiertas de los conectores rapidos o cualquier cubierta que proteja los kits de
mangueras y los puertos del multiple.
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Paso 13. Para extraer el servidor del bastidor, consulte “Extraccién del servidor de un bastidor” en la pagina
35.

Paso 14. Para extraer el Médulo de refrigeracidn de agua directa (DWCM), consulte “Extraccion del médulo
de refrigeracion de agua directa del procesador Lenovo Neptune(TM)” en la pagina 123.

Después de finalizar

Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje
y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Instalacion del multiple (sistema en hilera)

Utilice esta informacién para instalar el multiple en un sistema de refrigeracion por agua directa en hilera.

Acerca de esta tarea

Importante: Esta tarea debe ser realizada por técnicos de servicio expertos certificados por el servicio de
Lenovo. No intente extraer ni instalar la pieza sin la capacitacion y calificacion adecuadas.

PRECAUCION:
El refrigerante puede provocar irritacion de la piel y los ojos. Evite el contacto directo con el
refrigerante.

S002

/NIE

PRECAUCION:

El boton de control de encendido del dispositivo y el interruptor de alimentacion de la fuente de
alimentacién no cortan la corriente eléctrica suministrada al dispositivo. Es posible que el dispositivo
tenga también mas de un cable de alimentacion. Para cortar completamente la corriente eléctrica del
dispositivo, asegurese de que todos los cables de alimentacién estén desconectados de la fuente de
alimentacion.

S011

PRECAUCION:
Bordes, esquinas o juntas afiladas cerca.

S038
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PRECAUCION:
Se debe llevar proteccion ocular para este procedimiento.

S040

AO

PRECAUCION:
Se debe llevar guantes de seguridad para este procedimiento.

S042
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\W

APELIGRO

Riesgo de descarga eléctrica debido a agua o a una solucién de agua presente en este producto.
Evite trabajar sobre equipos con energia o cerca de él con las manos himedas o cuando haya agua
derramada.

Atencion:

¢ Lea “Directrices de instalacién” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

e Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacion y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

¢ FEvite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otros sistemas
de conexiodn a tierra.

e Asegurese de seguir los procedimientos de manipulacidn correctos al trabajar con cualquier refrigerante
tratado quimicamente en el sistema de refrigeracion del bastidor. Asegurese de contar con las hojas de
datos de seguridad de materiales (MSDS) y la informacion de seguridad proporcionadas por el proveedor
de tratamiento quimico del refrigerante y de que el equipo de proteccion personal (EPP) correcto esté
disponible segun lo recomendado por el proveedor de tratamiento quimico del refrigerante. Se
recomiendan los guantes y anteojos de protecciéon como precaucion.

¢ Esta tarea requiere de dos o mas personas.

Procedimiento

Paso 1. Parainstalar el Médulo de refrigeracion de agua directa (DWCM), consulte “Instalacion del médulo
de refrigeracion de agua directa del procesador Lenovo Neptune(TM)” en la pagina 127.
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Paso 2. Para instalar el servidor en el bastidor, consulte “Instalacion del servidor en un bastidor” en la
pagina 38.

Paso 3. Instale el multiple.

)

I i
Figura 174. Instalacion del multiple
a © Sujete el multiple con ambas manos y montelo en el armario de bastidor.

b. @ Alinee los carretes con los orificios y sujete el armario.

Nota: Para obtener mas informacion sobre el armario de bastidor, consulte la Guia del usuario de
armarios de bastidor de ThinkSystem Heavy Duty Full Depth.
Paso 4. Repita Paso 3 en la pagina 182 con el otro multiple.

Paso 5. Instale el conector rapido en los multiples.
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Figura 175. Instalacion del conector rapido

a © Extraiga las cubiertas de conectores rapidos de goma de los puertos del multiple.
b. @ Conecte el conector al puerto del multiple.

Paso 6. Instale el kit de manguera en el mdltiple.
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Figura 176. Instalacion del kit de manguera

Llave de 17 mm

a o o ®

e.

© Conecte los kits de manguera en ambos multiples.
® Envuelva la interfaz con la abrazadera.

© Cierre la abrazadera.

© Levante el tornillo.

(5 Apriete el tornillo y asegurese de que esté firme.

Paso 7. Instale el kit de purga en el lado de suministro del multiple.
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Figura 177. Instalacion del kit de purga en el lado de suministro

a © Extraiga las cubiertas de conectores rapidos de goma de los puertos del multiple.
b. ©® Conecte el kit de purga al multiple.

Paso 8. Para sacar el aire del lado de suministro del multiple, conecte el suministro de la instalacion al

retorno del multiple.
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Figura 178. Suministro de instalacion al retorno del mdiltiple

a. @ Presione el botén en el conmutador de la valvula de bola.
b. © Gire ambos conmutadores para que se abran y se detengan a 1/4 de 90 grados.

Atencion:

¢ Abras las valvulas de bola del | lado de retorno del mdltiple y del F lado de suministro de
la instalacién, mientras mantiene el lado de suministro del multiple cerrado.

¢ No abra completamente las valvulas de bola o el flujo de agua serd demasiado rapido para
contener.

Paso 9. Abra lentamente la valvula de purga para que el aire salga de la manguera. Cierre la valvula de
purga una vez que el flujo de agua al balde se estabilice o haya solo una cantidad minima de
burbujas en la manguera de purga.
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Figura 179. Apertura de la valvula de purga del lado de suministro

Paso 10. Instale el kit de purga en el lado de retorno del multiple.
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Figura 180. Instalacion del kit de purga en el lado de retorno

a © Extraiga las cubiertas de conectores rapidos de goma de los puertos del multiple.
b. @ Conecte el kit de purga al multiple.

Paso 11. Para sacar el aire del lado de retorno del multiple, conecte el suministro de la instalacion al
suministro del miiltiple.
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Figura 181. Suministro de instalacion al suministro del multiple

a. © Presione el botén en el conmutador de la valvula de bola.
b. © Gire ambos conmutadores para que se abran y se detengan a 1/4 de 90 grados.

Atencion:

e Abras las valvulas de bola del | lado de suministro del multiple y del B lado de suministro
de la instalacién, mientras mantiene el lado de retorno del multiple cerrado.

¢ No abra completamente las valvulas de bola o el flujo de agua serd demasiado rapido para
contener.

Paso 12. Abra lentamente la valvula de purga para que el aire salga de la manguera. Cierre la valvula de
purga una vez que el flujo de agua al balde se estabilice o haya solo una cantidad minima de
burbujas en la manguera de purga.
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Figura 182. Apertura de la valvula de purga del lado de retorno

Paso 13. (Por precaucion) Para asegurarse de que en el interior haya la menor cantidad posible de aire,
vuelva a instalar el kit de purga en el lado de suministro del multiple y hagalo una vez mas. Cierre la
valvula de purga una vez que el flujo de agua al balde se estabilice o haya solo una cantidad
minima de burbujas en la manguera de purga.
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Figura 183. Apertura de la valvula de purga del lado de suministro

Paso 14. Cuando termine, conecte el suministro y el retorno del mdltiple y la instalacién como corresponde.
Abra completamente todas las conexiones tanto en el lado del suministro como de retorno.
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Figura 184. Apertura de las valvulas de bola

Nota:

H El suministro del multiple se conecta al A | H El retorno del muiltiple se conecta al
suministro de la instalacion retorno de la instalacion

a. @ Presione el botdn en el conmutador de la valvula de bola.
b. © Gire el conmutador para abrir completamente las valvulas como se muestra arriba.

Después de finalizar
Complete la sustitucion de piezas. Consulte “Completar la sustitucién de piezas” en la pagina 342.
Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Sustitucion de modulo de memoria

Utilice los siguientes procedimientos para quitar e instalar un médulo de memoria.

Extraccion de un modulo de memoria

Utilice esta informacién para eliminar un médulo de memoria.

Acerca de esta tarea

Atencion:

e |Lea “Directrices de instalacion” en la pagina 1y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

e Asegurese de extraer o instalar el médulo de memoria 20 segundos después de desconectar los cables
de alimentacion del sistema. Esto permite que el sistema se descargue completamente de electricidad y
que sea seguro manipular el médulo de memoria.
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¢ | 0os médulos de memoria son sensibles a la descarga estatica y requieren una manipulacién especial.
Consulte las directrices estandar para “Manipulacién de dispositivos sensibles a la electricidad estatica”
en la pagina 5.

— Siempre use una mufequera antiestatica al quitar o instalar los médulos de memoria. También se
pueden utilizar guantes antiestatica.

— Nunca sostenga dos o mas médulos de memoria juntos, de forma que entren en contacto. No apile los
modulos de memoria directamente uno encima de otro para el almacenamiento.

— Nunca toque los contactos dorados de los conectores de los médulos de memoria ni permita que
estos contactos toquen la parte exterior del alojamiento de los conectores de los médulos de memoria.

— Maneje con cuidado los médulos de memoria: nunca doble, tuerza ni deje caer un médulo de memoria.

— No utilice herramientas metalicas (como jigs o abrazaderas) para manipular los médulos de memoria,
ya que los metales rigidos pueden dafar los médulos de memoria.

— No inserte los médulos de memoria mientras mantiene los paquetes o los componentes pasivos, lo
que puede provocar grietas en los paquetes o la separacion de componentes pasivos por la fuerza de
insercion alta.

¢ En el caso de la sustitucion de la placa del procesador, conserve los registros de las ranuras en las que
estan instalados los médulos y asegurese de instalarlos nuevamente en las mismas ranuras después de la
sustitucion de la placa del procesador.

¢ Sino esta instalando un médulo de memoria de sustitucidén en la misma ranura, asegurese de tener
disponible relleno del médulo de memoria.

Procedimiento

Atencidén: Asegurese de extraer o instalar el médulo de memoria 20 segundos después de desconectar los
cables de alimentacion del sistema. Esto permite que el sistema se descargue completamente de
electricidad y que sea seguro manipular el médulo de memoria.

Paso 1. Preparese para la tarea.

a. Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacién y
todos los cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

b. Siel servidor esté instalado en un bastidor, deslice el servidor hacia fuera de los rieles de
deslizamiento del bastidor para acceder a la cubierta superior, o quite el servidor del bastidor.
Consulte “Extraccion del servidor de un bastidor” en la pagina 35.

c. Extraiga la cubierta superior. Consulte “Extraccion de la cubierta superior” en la pagina 340.

Si su servidor viene con un deflector de aire o un compartimiento central, extraigalo. Consulte
“Extraccion del deflector de aire” en la pagina 47 o “Extraccién del compartimiento de la
unidad y las placas posteriores de la unidad centrales” en la pagina 201.

e. Ubique las ranuras de médulo de memoria y determine el médulo de memoria que quiere
quitar del servidor.

Paso 2. Quite el médulo de memoria de la ranura.

Atencion: Para evitar que los clips de sujecion se rompan o que las ranuras del moédulo de
memoria resulten dafadas, manipule los clips con cuidado.
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Figura 185. Extraccion del mddulo de memoria

a. O Abra con cuidado el clip de sujecion de cada uno de los extremos de la ranura del médulo
de memoria.

b. © Tome el médulo de memoria desde ambos extremos y levantelo con cuidado para quitarlo
de la ranura.

Después de finalizar

1. Unaranura de mdédulo de memoria se debe instalar con un médulo de memoria o un relleno del médulo
de memoria. Consulte “Instalacién de un médulo de memoria” en la pagina 194.

2. Sise le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del
embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Instalacion de un médulo de memoria

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccién para instalar un médulo de memoria.

Acerca de esta tarea

Atencion:

¢ Lea “Directrices de instalaciéon” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

e Asegurese de extraer o instalar el médulo de memoria 20 segundos después de desconectar los cables
de alimentacion del sistema. Esto permite que el sistema se descargue completamente de electricidad y
que sea seguro manipular el médulo de memoria.

¢ |os médulos de memoria son sensibles a la descarga estatica y requieren una manipulacién especial.
Consulte las directrices estandar en “Manipulacién de dispositivos sensibles a la electricidad estatica” en
la pagina 5:
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— Siempre use una mufequera antiestatica al quitar o instalar los médulos de memoria. También se
pueden utilizar guantes antiestatica.

— Nunca sostenga dos o0 mas médulos de memoria juntos, de forma que entren en contacto. No apile los
modulos de memoria directamente uno encima de otro para el almacenamiento.

— Nunca toque los contactos dorados de los conectores de los médulos de memoria ni permita que
estos contactos toquen la parte exterior del alojamiento de los conectores de los médulos de memoria.

— Maneje con cuidado los médulos de memoria: nunca doble, tuerza ni deje caer un médulo de memoria.

— No utilice herramientas metalicas (como jigs o abrazaderas) para manipular los médulos de memoria,
ya que los metales rigidos pueden danar los médulos de memoria.

— No inserte los médulos de memoria mientras mantiene los paquetes o los componentes pasivos, lo
que puede provocar grietas en los paquetes o la separacién de componentes pasivos por la fuerza de
insercion alta.

Descarga de firmware y controlador: es posible que deba actualizar el firmware o el controlador después
de sustituir un componente.

e Vaya a https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr650v3/downloads/driver-list/
para ver las actualizaciones mas recientes de firmware y controlador para su servidor.

¢ Acceda a “Actualizacion del firmware” en la Guia del usuario o la Guia de configuracion del sistema para
obtener mas informacién sobre las herramientas de actualizacién de firmware.

Procedimiento

Atencion: Asegurese de extraer o instalar el médulo de memoria 20 segundos después de desconectar los
cables de alimentacién del sistema. Esto permite que el sistema se descargue completamente de
electricidad y que sea seguro manipular el médulo de memoria.

Paso 1. Preparese para la tarea.

a. Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacion y
todos los cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

b. Si el servidor estd instalado en un bastidor, deslice el servidor hacia fuera de los rieles de
deslizamiento del bastidor para acceder a la cubierta superior, o quite el servidor del bastidor.
Consulte “Extraccion del servidor de un bastidor” en la pagina 35.

c. Extraiga la cubierta superior. Consulte “Extraccion de la cubierta superior” en la pagina 340.

d. Sisu servidor viene con un deflector de aire o un compartimiento central, extraigalo. Consulte
“Extraccion del deflector de aire” en la pagina 47 o “Extraccion del compartimiento de la
unidad y las placas posteriores de la unidad centrales” en la pagina 201.

e. Localice la ranura de médulo de memoria requerida en el conjunto de la placa del sistema.
Asegurese de seguir las normas y la secuencia de instalacién que se indican en “Reglas y
orden de instalacion de un médulo de memoria” en la pagina 5.

Paso 2. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene la nueva pieza con cualquier superficie no
pintada de la parte exterior del servidor. A continuacion, saque la pieza nueva de la bolsa 'y
coléquela en una superficie antiestatica.

Paso 3. Instale el médulo de memoria en la ranura.

Atencion:

e Para evitar que los clips de sujecion se rompan o que las ranuras del médulo de memoria
resulten dafiados, abra y cierre los clips con cuidado.

¢ Siqueda un espacio entre el médulo de memoria y los clips de sujecidn, este no se ha insertado
correctamente. En este caso, abra los clips de sujecién, quite el médulo de memoriay, a
continuacioén, vuelva a insertarlo.
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Figura 186. Instalacion de un mddulo de memoria

a. © Abra con cuidado el clip de sujecion de cada uno de los extremos de la ranura del médulo
de memoria.

b. @ Alinee el médulo de memoria con la ranura y luego coloque suavemente el médulo de
memoria en la ranura con ambas manos.

c.  © Presione firmemente ambos extremos del médulo de memoria hacia abajo en la ranura
hasta que los clips de sujecion encajen en la posicion de bloqueo.

Después de finalizar
Complete la sustitucion de piezas. Consulte “Completar la sustitucion de piezas” en la pagina 342.
Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Sustitucion de la tarjeta MicroSD

Siga las instrucciones de esta seccidn para extraer e instalar la tarjeta MicroSD.

e “Extraccion de la tarjeta MicroSD” en la pagina 196
e ‘“Instalacién de la tarjeta MicroSD” en la pagina 198

Extraccion de la tarjeta MicroSD

Siga las instrucciones de esta seccidn para extraer la tarjeta MicroSD.

Acerca de esta tarea

Atencion:

¢ |ea “Directrices de instalacion” en la pagina 1y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.
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e Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacion y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

¢ FEvite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una munequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexioén a tierra.

Procedimiento
Paso 1. Prepare el servidor.

a.
b.

Extraiga la cubierta superior. Consulte “Extraccion de la cubierta superior” en la pagina 340.

Si su servidor viene con conjuntos de expansion, extraigalos primero, consulte “Extraccion de
un conjunto de expansion posterior” en la pagina 286.

Si su servidor viene con un conjunto de unidad posterior, extraigalo primero. Consulte
“Sustitucion de la placa posterior de la unidad trasera y del compartimiento de la unidad” en la
pagina 262.

Si su servidor viene con un conjunto de unidad trasera de 7 mm, quitelo primero. Consulte
“Extraccion del compartimiento de la unidad de 7 mm” en la pagina 253.

Anote dénde estan conectados los cables al conjunto de la placa del sistema'y, a
continuacién, desconecte todos los cables.

Atencion: Antes de todo, desacople todos los pestillos, clips para cables, pestanas de
liberacion y seguros en los conectores de cable. Si no los libera antes de retirar los cables, los
cables danaran los conectores de los cables del conjunto de la placa del sistema. Y, si esto
sucede, puede que sea preciso sustituir el conjunto de la placa del sistema.

Paso 2. Extraiga la tarjeta MicroSD.
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Figura 187. Extraer la tarjeta MicroSD

a. O Deslicela tapa del zécalo a la posicion OPEN.
b. © Levantela tapa del zécalo.

c.  © Quite la tarjeta MicroSD del zécalo.

Nota: Una vez extraida la tarjeta MicroSD, se perderan los datos histdéricos del firmware y los
datos de usuario cargados a través del disco remoto en tarjeta (RDOC) y no se permitira la funciéon
de recuperacion del firmware ni el espacio extendido del RDOC. Para habilitar las dos funciones
necesitara instalar una nueva tarjeta MicroSD.

Después de finalizar

Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje
y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Instalacion de la tarjeta MicroSD

Siga las instrucciones de esta seccion para instalar la tarjeta MicroSD.

Acerca de esta tarea

Atencion:
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¢ | ea “Directrices de instalacion” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

¢ Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacién y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

¢ Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexion a tierra.

Procedimiento
Paso 1. Instale la tarjeta MicroSD.

Notas:

¢ Sise va a sustituir con una nueva tarjeta MicroSD, se perderan los datos histéricos del firmware
y los datos del usuario almacenados en la tarjeta MicroSD defectuosa. Una vez instalada una
nueva tarjeta MicroSD, el historial de actualizaciones de firmware posteriores se guardara en la
nueva tarjeta.

e Para actualizar el firmware, consulte la seccion “Actualizacidon del firmware del servidor” en
Lenovo XClarity Controller 2.

Figura 188. Instalacion de la tarjeta MicroSD

a. © Cologue la tarjeta MicroSD en el zdcalo.
b. © Cierre latapa del zécalo.
c. © Deslice la tapa del zdcalo a la posicion LOCK.
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Después de finalizar

1. Instale cualquier componente que haya extraido:
a. “Instalacion de un conjunto de expansién posterior” en la pagina 298
b. “Instalacion del compartimiento de la unidad de 7 mm” en la pagina 260

c. “Sustitucion de la placa posterior de la unidad trasera y del compartimiento de la unidad” en la
pagina 262

d. “Instalacién de la cubierta superior” en la pagina 341
2. Complete la sustitucién de piezas. Consulte “Completar la sustitucion de piezas” en la pagina 342.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Sustitucién del compartimiento de la unidad y la placa posterior central
de la unidad

Utilice esta informacidn para extraer e instalar los compartimientos de la unidad centrales y las placas
posteriores de la unidad.

Segun las configuraciones del servidor, el servidor admite uno de los siguientes compartimientos de la
unidad centrales. Para obtener informacion detallada, consulte “Reglas técnicas” en la pagina 5.
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Tipo de compartimiento de la unidad Tipo de placa posterior

Compartimiento de la unidad central de 8 bahias de 2,5"

e Dos placas posteriores SAS/SATA de 4 bahias de 2,5"
e Dos placas posteriores NVMe de 4 bahias de 2,5"

Una placa posterior SAS/SATA de 4 bahias de 3,5"

e “Extraccion del compartimiento de la unidad y las placas posteriores de la unidad centrales” en la pagina
201

e “Instalacioén de las placas posteriores de la unidad centrales y el compartimiento de la unidad” en la
pagina 204

Extraccion del compartimiento de la unidad y las placas posteriores de
la unidad centrales

Utilice esta informacién para extraer el compartimiento de la unidad y las placas posteriores de la unidad
central.

Acerca de esta tarea

Atencion:

¢ | ea “Directrices de instalacién” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

e Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacion y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.
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¢ FEvite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacién y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexién a tierra.

¢ Antes de quitar o hacer cambios a las unidades, los controladores de las unidades (incluidos los
controladores que estan integrados en el conjunto de la placa del sistema), las placas posteriores de la
unidad o los cables de la unidad, realice una copia de seguridad de todos los datos importantes que se
encuentran almacenados en las unidades.

¢ Antes de quitar cualquier componente de una matriz RAID (unidad, tarjeta RAID, etc.), cree una copia de
seguridad de toda la informacion de configuracion de RAID.

¢ Sihay una o mas unidades de estado sélido NVMe que se van a quitar, se recomienda deshabilitarlas
previamente a través del sistema operativo.

Procedimiento
Paso 1. Preparese para la tarea.

a. Siel servidor estd instalado en un bastidor, deslice el servidor hacia fuera de los rieles de
deslizamiento del bastidor para acceder a la cubierta superior, o quite el servidor del bastidor.
Consulte “Extraccion del servidor de un bastidor” en la pagina 35.

b. Extraiga la cubierta superior. Consulte “Extraccién de la cubierta superior” en la pagina 340.

c. Quite el compartimiento del ventilador del sistema para facilitar el trabajo. Consulte
“Extraccion del compartimiento del ventilador del sistema” en la pagina 332.

d. Desconecte los cables de las placas posteriores de la unidad centrales.

Paso 2. Extraiga el compartimiento la unidad central.

Nota: La ilustracion muestra la extraccion del compartimiento de la unidad central de 2,5". El
procedimiento de extraccion es el mismo para el compartimiento de la unidad central de 3,5".

Figura 189. Extraccion del compartimiento de la unidad central

a. © Gire el asa del compartimiento de la unidad para abrirlo.
b. O Extraiga las unidades del compartimiento de la unidad.

© Tire y gire las patillas del émbolo para liberar el compartimiento de la unidad.

o o

O Levante cuidadosamente el compartimiento de la unidad desde el chasis.

202 Guia de mantenimiento del hardware de ThinkSystem SR650 V3



Paso 3. Extraccion de la placa posterior de la unidad central.

Nota: Dependiendo del tipo especifico, su placa posterior puede ser levemente diferente a la
ilustracion.

Figura 190. Extraccidn de la placa posterior de la unidad central de 2,5

© Gire levemente los pestillos de liberacién hacia afuera en la direcciéon que se muestra.

O Gire la placa posterior desde la parte superior para desengancharla de las patillas del
compartimiento de la unidad.

c. © Levante con cuidado la placa posterior hacia fuera del compartimiento de la unidad.

Figura 191. Extraccion de la placa posterior de la unidad central de 3,5”

a. © Abralos pestillos de liberacién en la direccién que se muestra.
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b. @ Girela placa posterior desde la parte superior para desengancharla de las patillas del
compartimiento de la unidad.

c. © Levante con cuidado la placa posterior hacia fuera del compartimiento de la unidad.

Después de finalizar

Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje
y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Instalacion de las placas posteriores de la unidad centrales y el
compartimiento de la unidad

Utilice esta informacién para instalar el compartimiento y las placas posteriores de la unidad central.

Acerca de esta tarea

Atencion:

¢ Lea “Directrices de instalacion” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

e Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacién y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

¢ FEvite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestéticos hasta la
instalacién y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexioén a tierra.

e FEl compartimiento de la unidad central se admite en algunos modelos de servidor con requisitos térmicos.
Consulte “Reglas térmicas” en la pagina 20 para asegurarse de que el servidor esté bajo la temperatura
ambiente permitida y de que se utilice el disipador de calor y los ventiladores del sistema correctos. Si es
necesario, reemplace primero el disipador de calor o el ventilador del sistema.

“Sustitucion de procesador y disipador de calor (solo técnicos capacitados)” en la pagina 214
“Sustitucién del ventilador del sistema” en la pagina 328

Procedimiento

Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene la nueva pieza con cualquier superficie no
pintada de la parte exterior del servidor. A continuacion, saque la pieza nueva de la bolsa 'y
coléquela en una superficie antiestatica.

Paso 2. Conecte los cables a la placa posterior de la unidad. Consulte Capitulo 2 “Disposicion interna de
los cables” en la pagina 345.

Paso 3. Instale la placa posterior en el compartimiento de la unidad central.
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Figura 192. Instalacion de la placa posterior central de la unidad de 2,5”

a.

Alinee la parte inferior de la placa posterior con los pernos en la parte inferior del
compartimiento de la unidad y baje la placa posterior al interior del compartimiento de la
unidad.

Empuje la parte superior de la placa posterior hacia delante hasta que encaje en su lugar.

Asegurese de que los agujeros de la placa posterior pasen a través de las patillas del
compartimiento de la unidad y las patillas de liberacion aseguren la placa posterior en su
posicion.
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Figura 193. Instalacion de la placa posterior de la unidad central de 3,5”

a. Alinee la parte inferior de la placa posterior con los pernos en la parte inferior del
compartimiento de la unidad y baje la placa posterior al interior del compartimiento de la
unidad.

b. Empuje la parte superior de la placa posterior hacia delante para que los orificios de la placa
posterior pasen por las patillas del compartimiento de la unidad y cierre los pestillos de
liberacion para fijar la placa posterior en su posicion.

Paso 4. Instale el compartimiento de la unidad central y las unidades.

Notas:

¢ Lailustracion muestra la instalacion del compartimiento de la unidad central de 2,5". El
procedimiento de instalacién es el mismo para el compartimiento de la unidad central de 3,5".

¢ Si es necesario pasar algun cable por debajo del compartimiento de la unidad central, disponga
los cables antes de instalarlo.
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Figura 194. Instalacion del compartimiento de unidad central y unidades

a. O Alinee las patillas del compartimento central con las ranuras correspondientes en el chasis.
b. @ Baje el compartimiento de la unidad en su lugar.

c. O Instale las unidades en el compartimiento de la unidad central.

d. O Presione el pestillo tal como se muestra y cierre el asa.

Paso 5. Conecte los cables de las placas posteriores de unidades al conjunto de la placa del sistema o de
los adaptadores RAID/HBA. Consulte Capitulo 2 “Disposicidn interna de los cables” en la pagina
345.

Después de finalizar
Complete la sustitucion de piezas. Consulte “Completar la sustitucion de piezas” en la pagina 342.
Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Sustitucion de la unidad de fuente de alimentacion

Utilice esta informacion para quitar e instalar una unidad de fuente de alimentacion.

e “Extraccion de una unidad de fuente de alimentacion” en la pagina 210
¢ ‘“Instalacion de una unidad de fuente de alimentacion” en la pagina 212

Precauciones de seguridad

Esta seccion enumera las precauciones de seguridad que se aplican a las unidades de fuentes de
alimentacién de CA 'y CC, respectivamente. Comprenda y aplique las precauciones de seguridad antes de
extraer o instalar una unidad de fuente de alimentacion.
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Precauciones de seguridad para las fuentes de alimentacion de CA

En los siguientes consejos se describe la informacién que debe tener en cuenta al sustituir una unidad de
fuente de alimentacién de CA.

S035

A

PRECAUCION:

No quite nunca la cubierta de una fuente de alimentacién, ni cualquier otra pieza que tenga esta etiqueta.
Dentro de cualquier componente que tenga adherida esta etiqueta, existen niveles peligrosos de voltaje,
corriente y energia. Dentro de estos componentes no existe ninguna pieza que requiera mantenimiento. Si
sospecha que puede haber un problema en una de estas piezas, péngase en contacto con un técnico de
servicio.

S002

m—)
NS
£

PRECAUCION:

El boton de control de encendido del dispositivo y el interruptor de alimentacidén de la fuente de alimentacion
no cortan la corriente eléctrica suministrada al dispositivo. Es posible que el dispositivo tenga también mas de
un cable de alimentacién. Para cortar completamente la corriente eléctrica del dispositivo, asegurese de que
todos los cables de alimentacion estén desconectados de la fuente de alimentacion.

S001

APELIGRO

La corriente eléctrica de los cables de alimentacion, telefénicos y de comunicaciones es peligrosa.
Para evitar un peligro de descarga:

e Conecte todos los cables de alimentacion a una toma de corriente o fuente de alimentaciéon con
puesta a tierra y correctamente cableada.

e Conecte el equipo que se acoplara a este producto a tomas de corriente o fuentes de
alimentacion debidamente cableadas.

¢ Siempre que sea posible, use solo una mano para conectar o desconectar los cables de senal.
¢ Nunca encienda un equipo si hay evidencia de fuego, agua y dafo en la estructura.

¢ El dispositivo puede tener mas de un cable de alimentacidn; para cortar completamente la
corriente eléctrica del dispositivo, asegurese de que todos los cables de alimentacion estén
desconectados de la fuente de alimentacion.
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Precauciones de seguridad para las fuentes de alimentaciéon de CC

En los siguientes consejos se describe la informacién que debe tener en cuenta al sustituir una unidad de
fuente de alimentacion de CC.

PRECAUCION:

AV

La entrada de 240 V CC (rango de entrada: 180-300 V) SOLO se admite en China continental.

Lleve a cabo los pasos siguientes para quitar con seguridad el cable de alimentacion de una unidad de fuente
de alimentacion de 240 V CC. De lo contrario,puede que se produzca la pérdida de datos y otros daios en el
equipo. La garantia del fabricante no cubre los danos y las pérdidas que se derivan de operaciones
inadecuadas.

1. Apague el servidor.
2. Desconecte el cable de alimentacién de la fuente de alimentacién.
3. Desconecte el cable de alimentacion de la unidad de fuente de alimentacion.

S035

@

PRECAUCION:

No quite nunca la cubierta de una fuente de alimentacion, ni cualquier otra pieza que tenga esta etiqueta.
Dentro de cualquier componente que tenga adherida esta etiqueta, existen niveles peligrosos de voltaje,
corriente y energia. Dentro de estos componentes no existe ninguna pieza que requiera mantenimiento. Si
sospecha que puede haber un problema en una de estas piezas, pongase en contacto con un técnico de
servicio.

S019

7l

PRECAUCION:

El botén de control de alimentacién que se encuentra en el dispositivo no apaga la corriente eléctrica que este
recibe. El dispositivo también puede tener mas de una conexién a corriente continua. Para quitar la corriente
eléctrica del dispositivo, asegurese de que todas las conexiones a la corriente continua estén desconectadas
en los terminales de entrada de CC.
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S029

APELIGRO

Para la fuente de alimentacion de -48 V CC, la corriente eléctrica de los cables de alimentacion es
peligrosa.
Para evitar un peligro de descarga:

¢ Para conectar o desconectar los cables de alimentacion de -48 V CC cuando necesite extraer/
instalar unidades de fuente de alimentacion de redundancia.

Para conectar: Para desconectar:

1. Apague todas las fuentes de alimentacion de CCy 1. Desconecte o apague las fuentes de alimentacion de
los equipos sujetos que se conectaran a este CC sujetas (en el panel disyuntor) antes de extraer
producto. las unidades de fuente de alimentacion.

2. Instale las unidades de fuente de alimentacion en el 2. Quite los cables de CC sujetos y asegurese de que el
alojamiento del sistema. terminal de cables de alimentacion esté aislado.

3. Conecte los cables de alimentacion de CC al 3. Desconecte las unidades de fuente de alimentacion
producto. del alojamiento del sistema.

e Asegure la correcta polaridad de las conexiones
de CC -48: RTN es + y -Vin (tipico 48 V) CC es -.
La conexion a tierra debe estar muy bien
conectada.

4. Conecte los cables de alimentacién de CC a las
fuentes de alimentacion sujetas.

5. Encienda todas las fuentes de alimentacién.

Extraccion de una unidad de fuente de alimentacion

Utilice esta informacidn para extraer una unidad de fuente de alimentacion.

Acerca de esta tarea
Lo siguiente describe la informacién que debe tener en cuenta al quitar una fuente de alimentacion:

Nota: Sila unidad de fuente de alimentacidn que se va a quitar es la Unica instalada, la fuente de
alimentacién no es de intercambio en caliente, por lo que antes de quitarla debe apagar el servidor. Para
admitir el modo de redundancia o intercambio en caliente, instale una fuente de alimentacion de intercambio
en caliente adicional.

Atencion:

¢ |Lea “Directrices de instalacion” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

¢ FEvite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexioén a tierra.
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Procedimiento

Paso 1.

Paso 2.

Paso 3.

Si el brazo de gestion de los cables (CMA) esta instalado, ajuste el CMA para poder acceder a la
bahia de la fuente de alimentacion.

a. Presione la abrazadera de parada Fy girela a la posicion abierta.
b. Gire el CMAy poéngalo a un lado para poder acceder a la fuente de alimentacion.

Nota: El aspecto del kit de CMA puede ser diferente de la ilustracion.

Figura 195. Ajuste de CMA

Desconecte el cable de alimentacion de la fuente de alimentacion de intercambio en caliente y la
toma de alimentacion eléctrica.

¢ Para la entrada de alimentacion de CA, desconecte ambos extremos del cable de alimentacién y
manténgalo en un lugar a prueba de descargas electrostaticas.

¢ Para entrada de alimentacién de -48 V CC:
1. Desconecte los cables de alimentacion de la toma de alimentacién eléctrica.

2. Utilice un destornillador plano para aflojar los tornillos prisioneros en el bloque de
terminales de la fuente de alimentacién.

3. Desconecte los cables de alimentacion de la unidad de fuente de alimentacién, haga que el
terminal del cable esté aislado y manténgalos en un lugar seguro para las ESD.

Nota: Si esta sustituyendo dos fuentes de alimentacion, realice la sustitucion de estas de a una,
para asegurarse de que la fuente de alimentacién al servidor no sea interrumpida. No desconecte
el cable de alimentacion de la segunda fuente de alimentacién sustituida hasta que se encienda el
LED de salida de alimentacion de la primera fuente de alimentacién sustituida. Para conocer la
ubicacion del LED de salida de alimentacion, consulte “LED del suministro de alimentacion” en la
pagina 687.

Empuje la pestana de liberacion hacia la manija y tire con cuidado de la manija, mientras desliza la
fuente de alimentacién de intercambio en caliente para extraerla del chasis.

Nota: Sisu kit CMA obstruye el acceso, levante ligeramente la fuente de alimentacién al quitar la
fuente de alimentacion del chasis.
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Figura 196. Extraccidn de la fuente de alimentacion de intercambio en caliente

Después de finalizar

1. Instale el relleno de la fuente de alimentacion o instale el filtro de fuente de alimentacién para cubrir la
bahia de fuente de alimentacion. Consulte “Instalacion de una unidad de fuente de alimentacién” en la
pagina 212.

Importante: Para asegurar una refrigeracion adecuada durante el funcionamiento normal del servidor,
deben estar ocupadas ambas bahias de la fuente de alimentacién. Esto significa que cada bahia debe
tener una fuente de alimentacion instalada. Otra alternativa es que una tenga una fuente de alimentacion
instalada y la otra tiene un relleno de fuente de alimentacién instalado.

2. Sise le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del
embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Instalacion de una unidad de fuente de alimentacion

Utilice esta informacion para instalar una fuente de alimentacion.

Acerca de esta tarea

Lo siguiente describe la informacion que debe tener en cuenta al instalar una fuente de alimentacion:

¢ De manera predeterminada, el servidor se envia con una sola fuente de alimentacién. En este caso, la
fuente de alimentacion no es de intercambio en caliente, por lo que antes de quitarla debe apagar el
servidor. Para admitir el modo de redundancia o intercambio en caliente, instale una fuente de
alimentacién de intercambio en caliente adicional.

¢ Si esta sustituyendo la fuente de alimentacion existente por una nueva fuente de alimentacion:

— Utilice Lenovo Capacity Planner para calcular la capacidad de alimentacién requerida para la que esta
configurado su servidor. Hay mas informacion disponible sobre Lenovo Capacity Planner en:

https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/Invo-Icp
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— Asegurese de que los dispositivos que estd instalando sean compatibles. Para obtener una lista de
dispositivos opcionales compatibles para el servidor, vaya a:
https://serverproven.lenovo.com

— Fije la etiqueta de informacidn de alimentacion que se incluye con esta opcion sobre la etiqueta
existente cerca de la fuente de alimentacion.

XXXW -~ AC

r
Ly || 2!
“?(%%x.x/;.u I | ~E |
SRE oz 2|

EHAE s o

XXXW -~ AC

FHERE XXX-XXXV

% HEEE /XXX-XXXV
D DESE X X/XXA
Ll | BEB= x xxnz

BEAE

Figura 197. Etiqueta de unidad de fuente de alimentacion de ejemplo en la cubierta superior

Atencion:

e |ea “Directrices de instalaciéon” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccién de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

¢ FEvite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacién y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexion a tierra.

Procedimiento

Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene la nueva pieza con cualquier superficie no
pintada de la parte exterior del servidor. A continuacion, saque la pieza nueva de la bolsa 'y
coléquela en una superficie antiestatica.

Paso 2. Deslice la nueva fuente de alimentacién de intercambio en caliente en la bahia de unidad hasta que
encaje en su posicion.

Figura 198. Instalacion de una fuente de alimentacion de intercambio en caliente
Paso 3. Conecte la unidad de fuente de alimentacién a una toma de alimentacion eléctrica correctamente
conectada a tierra.

e Para unidades de fuente de alimentacion de CA:

1. Conecte un extremo del cable de alimentacién al conector de alimentacion de la unidad de
la fuente de alimentacion.
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2. Conecte el otro extremo del cable de alimentacién a una toma de alimentacion eléctrica
correctamente conectada a tierra.

e Para unidades de fuente de alimentacion de -48 V CC:

1. Utilice un destornillador plano para aflojar los 3 tornillos prisioneros en el bloque de
terminales de la fuente de alimentacion.

2. Compruebe la etiqueta de tipo de unidad del bloque de fuente de alimentacion y de cada
cable de alimentacién.

Tipo Bloque de terminal de PSU Cable de alimentacién

Entrada .
-Vin -Vin

Conexion a tierra

@

RTN

Entrada

RTN

3. Coloque el lado de la ranura de cada conector del cable de alimentacién hacia arriba,
enchufe las patillas en los orificios correspondientes del bloque de alimentacién, utilice la
tabla anterior como orientacion y asegurese de conectar las patillas con las ranuras
correctas.

4. Apriete los tornillos prisioneros en el bloque de alimentacion y asegurese de que los
tornillos y las patillas del cable estén asegurados en su lugar y de que no se muestren
piezas de metal pelado.

5. Conecte el otro extremo de los cables de alimentacion a una toma de alimentacién eléctrica
correctamente conectada a tierra, y asegurese de que los extremos de los cables estén en
las tomas de corriente correctas.

Paso 4. Direccione los cables y asegurese de que no estén bloqueando el acceso a otros componentes del
chasis.

Después de finalizar

1. Siha ajustado el CMA para poder acceder a la bahia de la fuente de alimentacién, vuelva a ajustar CMA
correctamente en su posicion.

2. Si el servidor esta apagado, enciéndalo. Asegurese de que tanto el LED de alimentacion de entrada
como el LED de alimentacion de salida en la fuente de alimentacion de CA de la fuente de alimentacién
estén iluminados, lo que indica que la fuente de alimentacion funciona correctamente.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Sustitucion de procesador y disipador de calor (solo técnicos
capacitados)

Siga las instrucciones en esta seccion para sustituir un procesador y disipador de calor montados juntos
(denominado modulo de procesador-disipador de calor o PHM), un procesador o un disipador de calor.

Importante: Esta tarea debe ser realizada por técnicos de servicio expertos certificados por el servicio de
Lenovo. No intente extraer ni instalar la pieza sin la capacitacion y calificacién adecuadas.
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Atencidn: Antes de volver a utilizar un procesador o un disipador de calor, asegurese de utilizar una toallita
de limpieza con alcohol y grasa térmica aprobada por Lenovo.

Extraccion de procesadores y disipadores de calor

Esta tarea tiene instrucciones para quitar un procesador y un disipador de calor montados juntos, lo que se
conoce como un moédulo de procesador-disipador de calor (PHM). Esta tarea requiere un destornillador Torx
T30. Este procedimiento debe ser realizado por un técnico capacitado.

Acerca de esta tarea

S002

NS

PRECAUCION:

El boton de control de encendido del dispositivo y el interruptor de alimentacion de la fuente de
alimentacion no cortan la corriente eléctrica suministrada al dispositivo. Es posible que el dispositivo
tenga también mas de un cable de alimentacion. Para cortar completamente la corriente eléctrica del
dispositivo, asegurese de que todos los cables de alimentacion estén desconectados de la fuente de
alimentacion.

Atencion:

* Lea “Directrices de instalacion” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccién de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

¢ Para transferir la suite Intel® On Demand del procesador defectuoso al nuevo procesador, lea el PPIN del
procesador defectuoso antes de apagar el sistema. Para obtener mas informacién, consulte “Habilitar
Intel® On Demand” en la Guia del usuario.

e Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacion y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

¢ Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexion a tierra.

¢ (Cada zécalo del procesador debe contener una cubierta o un PHM. Al quitar o instalar un PHM, proteja
los zécalos vacios del procesador con una cubierta.

¢ No toque los zdcalos ni los contactos del procesador. Los contactos del zécalo del procesador son muy
fragiles y faciles de dafiar. La existencia de contaminantes en los contactos del procesador, como la
grasa de la piel, puede ocasionar errores de conexion.

¢ No permita que la grasa térmica del procesador o del disipador de calor entren en contacto con ningun
objeto. El contacto con cualquier superficie puede ocasionar dafos en dicha grasa, lo cual destruye su
efectividad. La grasa térmica puede dafiar los componentes, como los empalmes eléctricos del zécalo del
procesador.

¢ Quite e instale solo un PHM a la vez. Si el sistema admite varios procesadores, instale los PHM
comenzando desde el primer zécalo de procesador.

Nota: El disipador de calor, el procesador y el transportador del procesador del sistema pueden variar de
los que se muestran en las ilustraciones.

En la ilustracion siguiente se muestran los componentes del PHM.
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Figura 199. Componentes de PHM

Disipador de calor

Kl Clips para fijar el procesador en el transportador

H Marca triangular del disipador de calor

1 Marca triangular del transportador

H Etiqueta de identificacion del procesador

I Asa de expulsién del procesador

A Tuerca y elemento de sujecién de la barra

I Deflector de calor del procesador

H Tuerca Torx T30

FEl Grasa térmica

A Barra antinclinaciéon

A Contactos del procesador

Transportador del procesador

FH Marca triangular del procesador

H Clips para fijar el transportador al disipador de calor

Procedimiento
Paso 1. Preparese para esta tarea.

a. Siel servidor esta instalado en un bastidor, deslice el servidor hacia fuera de los rieles de
deslizamiento del bastidor para acceder a la cubierta superior, o quite el servidor del bastidor.
Consulte “Extraccion del servidor de un bastidor” en la pagina 35.

b. Extraiga la cubierta superior. Consulte “Extraccioén de la cubierta superior” en la pagina 340.

c. Sisu servidor viene con un deflector de aire o un compartimiento central, extraigalo primero.

e “Extraccion del deflector de aire” en la pagina 47

216  Guia de mantenimiento del hardware de ThinkSystem SR650 V3




e “Extraccion del compartimiento de la unidad y las placas posteriores de la unidad
centrales” en la pagina 201

d. Quite el compartimiento del ventilador del sistema. “Extraccion del compartimiento del
ventilador del sistema” en la pagina 332.

Paso 2. Extraiga el PHM del conjunto de la placa del sistema.

Notas:

¢ No toque los contactos en la parte inferior del procesador.
¢ Mantenga el zécalo del procesador limpio de objetos para evitar posibles dafos.

e El procedimiento de sustitucion de un PHM de entrada es el mismo que el de sustituir un PHM
estandar.

Figura 200. Extraccion de un PHM estandar
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Figura 201. Extraccion de un PHM de rendimiento con forma de T

Figura 202. Extraccion de un PHM con alas

(1 Afloje completamente las tuercas Torx T30 del PHM en la secuencia de extraccion que

se muestra en la etiqueta del disipador de calor.

a.

O Gire las barras antinclinacién hacia dentro.

b.

© Levante con cuidado el PHM del zécalo del procesador. Si el PHM no se puede levantar

C.

para quitarlo completamente del zdécalo, afloje mas las tuercas Torx T30 e intente levantar de

nuevo el PHM.

Después de finalizar
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Cada zécalo del procesador debe contener una cubierta o un PHM. Proteja los zdcalos vacios del
procesador con una cubierta o instale un PHM nuevo.

Si no va a volver a instalar un PHM, cubra el zécalo del procesador con la cubierta de zécalo e instale un
relleno de PHM.

Figura 203. Instalacion de un relleno de PHM

1. Abra cuidadosamente el clip de sujecidén de cada extremo de las ranuras del médulo de memoria
junto a los lados izquierdo y derecho del procesador.

2. Alinee el relleno de PHM con las ranuras y coloque el relleno de PHM en las ranuras con las dos
manos. Presione firmemente el relleno de PHM hacia abajo en las ranuras hasta que los clips de
sujecién encajen en la posicién de bloqueo.

Si va a extraer el PHM como parte de la sustitucién de un conjunto de placa del sistema, deje a un lado el
PHM.

Si desea reutilizar el procesador o el disipador de calor, separe el procesador de su elemento de sujecion.
Consulte “Separacién del procesador del transportador y del disipador de calor” en la pagina 219.

Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del
embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Para transferir la suite Intel® On Demand del procesador defectuoso al nuevo procesador, consulte
“Habilitar Intel® On Demand” en la Guia del usuario.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Separacion del procesador del transportador y del disipador de calor

Esta tarea tiene instrucciones para separar un procesador y su transportador de un procesador y disipador
de calor montados juntos, denominado médulo de procesador y disipador de calor. Este procedimiento
debe ser realizado por un técnico capacitado.

Acerca de esta tarea

Atencion:

¢ Lea “Directrices de instalacion” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccién de seguridad” en

la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.
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¢ Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacién y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

¢ FEvite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexioén a tierra.

¢ No toque los contactos del procesador. La existencia de contaminantes en los contactos del procesador,
como la grasa de la piel, puede ocasionar errores de conexion.

e No permita que la grasa térmica del procesador o del disipador de calor entren en contacto con ningun
objeto. El contacto con cualquier superficie puede ocasionar dafios en dicha grasa, lo cual destruye su
efectividad. La grasa térmica puede dafar los componentes, como los empalmes eléctricos del zocalo del
procesador.

Nota: El disipador de calor, el procesador y el transportador del procesador del sistema pueden variar de
los que se muestran en las ilustraciones.

Procedimiento

Paso 1. Separe el procesador del disipador de calor y del transportador.

Figura 204. Separacion de un procesador del disipador de calor y del transportador

Nota: No toque los contactos del procesador.
a. © Levanteelasa para liberar el procesador del transportador.

b. @ Sostenga el procesador por los bordes y, luego, levante el procesador del disipador de
calor y del transportador.

c. ®sin bajar el procesador, limpie la grasa térmica de la parte superior del procesador con una
almohadilla limpiadora con alcohol y, luego, ponga el procesador en una superficie
antiestatica con el lado del contacto del procesador hacia arriba.

Paso 2. Separe el transportador del procesador del disipador de calor.
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Figura 205. Separacion de un transportador de procesador del disipador de calor

Nota: El transportador del procesador se descartara y se sustituird por uno nuevo.
© Suelte los clips de sujecién del disipador de calor.
@ Levante el transportador del disipador de calor.

c. © Limpie la grasa térmica de la parte inferior del disipador de calor con una almohadilla
limpiadora con alcohol.

Después de finalizar

Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje
y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Instalacion de un procesador y disipador de calor

Esta tarea tiene instrucciones para instalar un procesador y un disipador de calor montados juntos, lo que se
conoce como un modulo de procesador-disipador de calor (PHM). Esta tarea requiere un destornillador Torx
T30. Este procedimiento debe ser realizado por un técnico capacitado.

Acerca de esta tarea

Atencion:

¢ Lea “Directrices de instalacion” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccién de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

e Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacién y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

¢ Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexion a tierra.
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Cada zécalo del procesador debe contener una cubierta o un PHM. Al quitar un PHM, proteja los zdcalos
vacios del procesador con una cubierta.

No toque los zécalos ni los contactos del procesador. Los contactos del zdcalo del procesador son muy
fragiles y faciles de dafiar. La existencia de contaminantes en los contactos del procesador, como la
grasa de la piel, puede ocasionar errores de conexion.

No permita que la grasa térmica del procesador o del disipador de calor entren en contacto con ningun
objeto. El contacto con cualquier superficie puede ocasionar dafios en dicha grasa, lo cual destruye su
efectividad. La grasa térmica puede dafar los componentes, como los empalmes eléctricos del zocalo del
procesador.

Quite e instale solo un PHM a la vez. Si el sistema admite varios procesadores, instale los PHM
comenzando desde el primer zécalo de procesador.

Notas:

El disipador de calor, el procesador y el transportador del procesador del sistema pueden variar de los
que se muestran en las ilustraciones.

Los PHM estan disefiados de modo que se indica dénde deben instalarse y con qué orientacion.

Para ver una lista de procesadores admitidos con su servidor, consulte https://serverproven.lenovo.com.
Todos los procesadores deben tener la misma velocidad, numero de nucleos y frecuencia.

Antes de instalar un nuevo PHM o de sustituir un procesador, actualice el firmware del sistema al nivel
mas reciente. Consulte “Actualizacién del firmware” en la Guia del usuario y la Guia de configuracion del
sistema..

En la ilustracion siguiente se muestran los componentes del PHM.
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Figura 206. Componentes de PHM

Disipador de calor Kl Clips para fijar el procesador en el transportador
H Marca triangular del disipador de calor Marca triangular del transportador

H Etiqueta de identificacién del procesador I Asa de expulsién del procesador

I Tuerca y elemento de sujecion de la barra ¥ Deflector de calor del procesador

H Tuerca Torx T30 ¥l Grasa térmica

I Barra antinclinacién Contactos del procesador

Transportador del procesador Marca triangular del procesador

H Clips para fijar el transportador al disipador de calor

Descarga de firmware y controlador: es posible que deba actualizar el firmware o el controlador después
de sustituir un componente.

e Vaya a https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr650v3/downloads/driver-list/
para ver las actualizaciones mas recientes de firmware y controlador para su servidor.

¢ Acceda a “Actualizacion del firmware” en la Guia del usuario o la Guia de configuracion del sistema para
obtener mas informacioén sobre las herramientas de actualizacion de firmware.

Procedimiento
Paso 1. Registre la etiqueta de identificacién del procesador.
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e Sij esta sustituyendo un procesador y reutilizando el disipador de calor, quite la etiqueta de
identificacion del procesador del disipador de calor y sustitiyala por la nueva etiqueta que viene
con el procesador de sustitucién.

e Sij esta sustituyendo un disipador de calor y reutilizando el procesador, quite la etiqueta de
identificacion del procesador del disipador de calor antiguo y coléquela en el nuevo disipador de
calor en la misma ubicacién.

Nota: Sino puede retirar la etiqueta y colocarla en el nuevo disipador de calor, o si la etiqueta
se dafna durante la transferencia, escriba con marcador permanente el nimero de serie del
procesador de la etiqueta de identificacidén del procesador en el nuevo disipador de calor en el
mismo lugar en el que se ubicaria la etiqueta.

Paso 2. Instale el procesador en el nuevo transportador.

¢ Sj esta sustituyendo el procesador y reutilizando el disipador de calor, utilice el nuevo
transportador que se incluye con el nuevo procesador.

e Sij esta sustituyendo el disipador de calor y reutilizando el procesador y si el nuevo disipador de
calor viene con dos transportadores de procesador, asegurese de usar el mismo tipo de
transportador que el que desechd.

Figura 207. Instalacidn de un transportador de procesador

1. @ Asegurese de que el asa del transportador esté en la posicién cerrada.

2. @ Alinee el procesador en el nuevo transportador, de modo que las marcas triangulares se
alineen. Luego, inserte el extremo marcado del procesador en el transportador.

3. 0 Sostenga el extremo insertado del procesador en su posicion y gire el extremo no marcado
del procesador hacia abajo y hacia fuera del procesador.

4. O Presione el procesador y fije el extremo no marcado debajo del clip del transportador.
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5. © Gire con cuidado los lados del transportador hacia abajo y hacia fuera del procesador.

6. O Presione el procesador y fije los lados debajo de los clips del transportador.

Nota: Para evitar que el procesador caiga del transportador, sosténgalo con el lado del
contacto del procesador hacia arriba y sostenga el conjunto procesador-transportador por los
laterales del transportador.

Paso 3. Aplique grasa térmica.

¢ Sj esta sustituyendo el disipador de calor y reutilizando el procesador, un disipador de calor
nuevo viene con grasa térmica y no es necesario aplicar grasa térmica nueva.

Nota: Para garantizar el mejor rendimiento, verifique la fecha de fabricaciéon en el nuevo
disipador de calor y asegurese de que no sobrepase los dos afos. De lo contrario, limpie la
grasa térmica existente y aplique la nueva grasa térmica.

e Siesta sustituyendo el procesador y reutilizando el disipador de calor, lleve a cabo los pasos
siguientes para aplicar grasa térmica:

1. Si hay grasa térmica antigua en el disipador de calor, limpiela con una toallita de limpieza
con alcohol.

2. Coloque con cuidado el procesador y el transportador en la bandeja de envio con el lado
del contacto del procesador hacia abajo. Asegurese de que la marca triangular del
transportador esté orientada hacia la bandeja de envio, como se muestra a continuacion.

3. Aplique la grasa térmica a la parte superior del procesador con la jeringuilla formando
cuatro puntos espaciados uniformemente, cada uno de aproximadamente 0,1 ml de grasa
térmica.

0.1 mil

Figura 208. Aplicacion de grasa térmica con el procesador en la bandeja de envio

Paso 4. Ensamble el procesador y el disipador de calor.
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Figura 209. Ensamblaje del PHM con el procesador en la bandeja de envio

a. Alinee la marca triangular en la etiqueta del disipador de calor con la marca triangular en el
transportador del procesador y el procesador.

b. Instale el disipador de calor en el procesador-transportador.

c. Presione el transportador en su posicion hasta que los clips en las cuatro esquinas se
enganchen. Inspeccidnelo visualmente para asegurarse de que no haya espacio entre el
transportador del procesador y el disipador de calor.

Paso 5. Instale el médulo de procesador-disipador de calor en el zécalo del procesador.

Notas:

¢ No toque los contactos en la parte inferior del procesador.

e Siel zdcalo del procesador estéa cubierto con un relleno de PHM y una cubierta de zécalo,

quitelos primero. Mantenga el zécalo del procesador limpio de objetos para evitar posibles
dafios.
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Figura 210. Extraccion de un relleno de PHM

¢ El procedimiento de sustitucion de un PHM de entrada es el mismo que el de sustituir un PHM
estandar.

Figura 211. Instalacion de un PHM estandar
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Figura 212. Instalacion de un PHM de rendimiento con forma de T

Figura 213. Instalacion de un disipador de calor con alas

© Gire las barras antinclinacién hacia dentro.

a.
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b. © Alinee la marca triangular y las cuatro tuercas Torx T30 del PHM con la marca triangular y
los postes roscados del zécalo del procesador. Luego, inserte el PHM en el zécalo del
procesador.

c. © Gire las barras antinclinacién hacia afuera hasta que se enganchen a los ganchos del
zbcalo.

d © Apriete completamente las tuercas Torx T30 en la secuencia de instalacion que se
muestra en la etiqueta del disipador de calor. Apriete los tornillos hasta que se detengan;
luego inspeccidnelo visualmente para asegurarse de que no hay espacio entre el hombro del
tornillo debajo del disipador de calor y el zécalo del procesador. (Como referencia, el valor de
apriete requerido para que los pasadores se aprieten completamente es de 0,9 a 1,3 newton-
metros (8 a 12 pulgadas-libra)).

Después de finalizar

1. Complete la sustitucion de piezas. Consulte “Completar la sustitucion de piezas” en la pagina 342.

2. Para habilitar la suite Intel® On Demand al nuevo procesador o para transferir la suite Intel® On Demand
del procesador defectuoso al nuevo procesador, consulte la seccidn “Habilitar Intel® On Demand” en la
Guia del usuario.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Sustitucion del deflector de aire de PSU

Utilice esta informacion para extraer e instalar un deflector de aire de la unidad de fuente de alimentacion
(PSU).

Notas: El deflector de aire de la PSU se necesita en las siguientes configuraciones:

¢ configuraciones de almacenamiento o configuraciones de 16 x 2,5" + FIO con dos procesadores y
disipadores de calor de entrada de 2U o estandar de 2U

e configuraciones estandar o de GPU con dos procesadores (TDP > 150 W) y disipadores de calor de
entrada de 2U o estandar de 2U

FIO = expansion 5 + OCP frontal

e “Extraccion de un deflector de aire de PSU” en la pagina 229
¢ “Instalacion de un deflector de aire de PSU” en la pagina 231

Extraccion de un deflector de aire de PSU

Utilice esta informacidn para extraer un deflector de aire de PSU.

Acerca de esta tarea

Capitulo 1. Procedimientos de sustitucién del hardware 229


https://www.youtube.com/watch?v=KlW5cdoTCZw
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PRECAUCION:

Peligro con la energia. Los voltajes con energia peligrosa pueden provocar calentamiento cuando se
ocasiona un cortocircuito con metales. Esto puede dar como resultado metales esparcidos,
quemaduras o ambos.

Atencion: Lea “Directrices de instalacion” en la pagina 1y “Lista de comprobacién de inspeccién de
seguridad” en la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacion y todos los cables
externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

Procedimiento
Paso 1. Preparese para la tarea.

a. Siel servidor estd instalado en un bastidor, deslice el servidor hacia fuera de los rieles de
deslizamiento del bastidor para acceder a la cubierta superior, o quite el servidor del bastidor.
Consulte “Extraccion del servidor de un bastidor” en la pagina 35.

b. Extraiga la cubierta superior. Consulte “Extraccién de la cubierta superior” en la pagina 340.

c. Desconecte los cables adyacentes al deflector de aire de PSU. Para obtener las directrices de
funcionamiento adecuadas, consulte Capitulo 2 “Disposicién interna de los cables” en la
pagina 345.

Paso 2. Extraiga el deflector de aire de PSU.

O
'

8
2

Figura 214. Extraccion del deflector de aire de PSU

a.  © Suelte los tornillos del deflector de aire.
b. @ Levante el deflector de aire para sacarlo del chasis.

Después de finalizar

Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje
y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.
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Instalacion de un deflector de aire de PSU

Utilice esta informacién para instalar un deflector de aire de PSU.

Acerca de esta tarea

/2N

PRECAUCION:

Peligro con la energia. Los voltajes con energia peligrosa pueden provocar calentamiento cuando se
ocasiona un cortocircuito con metales. Esto puede dar como resultado metales esparcidos,
quemaduras o ambos.

S033

Atencidn: Lea “Directrices de instalacion” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de
seguridad” en la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacion y todos los cables
externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

Procedimiento
Paso 1. Instale el deflector de aire de PSU.

(2]
4
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Figura 215. Instalacion del deflector de aire de PSU

a. O Alinee los orificios de tornillos del deflector de aire y €l chasis y, a continuacion, coloque el
deflector de aire hacia abajo.

b. @ Apriete el tornillo y asegurese de que el deflector de aire quede bien colocado en su lugar.

Paso 2. Tienday fije correctamente los cables del servidor. Consulte la informacién detallada de
disposicién de los cables para cada componente en Capitulo 2 “Disposicién interna de los cables
en la pagina 345.

”

Después de finalizar

Complete la sustitucion de piezas. Consulte “Completar la sustitucion de piezas” en la pagina 342.
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Sustitucion de pestillos del bastidor

Utilice esta informacién para quitar e instalar los pestillos del bastidor.

Nota: En funcién del modelo, el pestillo del bastidor izquierdo podria ensamblarse con un conector VGA y el
pestillo del bastidor derecho podria ensamblarse con el médulo de E/S frontal.

e “Extraccion de los pestillos del bastidor” en la pagina 232
¢ ‘“Instalacién de los pestillos del bastidor” en la pagina 235

Extraccion de los pestillos del bastidor

Utilice esta informacién para quitar los pestillos del bastidor.

Acerca de esta tarea

Atencion:

e Lea “Directrices de instalacion” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

e Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacion y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

¢ FEvite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexién a tierra.

Procedimiento

Paso 1. Si el servidor esta instalado en un bastidor, deslice el servidor hacia fuera de los rieles de
deslizamiento del bastidor para acceder a la cubierta superior, o quite el servidor del bastidor.
Consulte “Extraccion del servidor de un bastidor” en la pagina 35.

Paso 2. Si el servidor esté instalado con el marco biselado de seguridad, quitelo en primer lugar. Consulte
“Extraccion del marco biselado de seguridad” en la pagina 304.

Paso 3. Desconecte el cable VGA, el cable del médulo de E/S frontal o ambos cables del conjunto de la
placa del sistema.

Notas:

¢ Sinecesita desconectar los cables del conjunto de la placa del sistema, primero quite todos los
pestillos o pestafnas de liberacion de los conectores de cables. Si no libera la pestana antes de
retirar los cables, los zdcalos de los cables del conjunto de la placa del sistema resultaran
danados. Cualquier dafo a los zécalos de los cables podria requerir la sustitucion del conjunto
de la placa del sistema.

¢ El aspecto de los conectores del conjunto de la placa del sistema podria ser diferente de los que
se muestran en la ilustracién, pero el proceso de retiro es el mismo.

1. Presione la pestana de liberacion para liberar el conector.
2. Desenganche el conector del zécalo de los cables.
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Figura 216. Desconexion de los cables del conjunto de la placa del sistema

Paso 4. Quite los tornillos para fijar el soporte de cable al costado del servidor. A continuacién, quite el
soporte de cable del chasis.
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Figura 217. Extraccion del elemento de sujecion de cables

Paso 5. Quite los tornillos que fijan al pestillo del bastidor en cada lado del servidor.
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Figura 218. Extraccion de tornillos

Paso 6. En cada lado del servidor, deslice suavemente el pestillo del bastidor hacia delante y después quite
el pestillo de bastidor del chasis.
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Figura 219. Extraccidn del pestillo del bastidor

Después de finalizar

Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje
y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.
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Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Instalacion de los pestillos del bastidor

Utilice esta informacion para instalar los pestillos del bastidor.

Acerca de esta tarea

Atencion:

e |ea “Directrices de instalacién” en la pagina 1 y “Lista de comprobacion de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

e Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacion y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

¢ Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una munequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexion a tierra.

Procedimiento

Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene la nueva pieza con cualquier superficie no
pintada de la parte exterior del servidor. A continuacion, saque la pieza nueva de la bolsa 'y
coléquela en una superficie antiestatica.

Paso 2. En cada lado del servidor, alinee el pestillo del bastidor con la patilla del chasis. A continuacion,
presione el pestillo del bastidor sobre el chasis y deslicelo suavemente hacia atras.
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Figura 220. Instalacion del pestillo del bastidor

Paso 3. Instale los tornillos para asegurar el pestillo del bastidor en cada lado del servidor.
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https://www.youtube.com/watch?v=RjpGDdBIPas

Figura 221. Instalacion de los tornillos

Paso 4. Direccione el cable del conjunto para los conectores de E/S en los pestillos derecho o izquierdo,
como se muestra. Luego, instale los tornillos para fijar el elemento de sujecion de cables.

Nota: Para evitar dafios innecesarios al cable del conjunto, asegurese de que esté direccionado y
fijo en el marco superior del soporte del cable y que no se cubran los orificios de tornillos.
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Figura 222. Instalacion del elemento de sujecion de los cables

Paso 5. Conecte los cables al conjunto de la placa del sistema. Consulte Capitulo 2 “Disposicién interna de
los cables” en la pagina 345.

Después de finalizar
Complete la sustitucion de piezas. Consulte “Completar la sustitucion de piezas” en la pagina 342.
Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Sustitucion del médulo de alimentacion RAID flash

El médulo de alimentacion flash RAID protege la memoria caché en el adaptador RAID instalado. Use esta
informacion para quitar e instalar un médulo de alimentacion flash RAID (también llamado
supercondensador).

La ubicacion de los mdédulos de alimentacion flash RAID varia segun las configuraciones de hardware del
servidor.
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Tabla 9. Ubicacion de los mddulos de alimentacion flash RAID

Figura 223. En el chasis Figura 224. En deflector de aire estandar
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e “Extraccion de un médulo de alimentacion flash RAID del chasis” en la pagina 238

e “Instalacién de un mdédulo de alimentacion flash RAID en el chasis” en la pagina 240

e “Extraccion de un médulo de alimentacién RAID del deflector de aire” en la pagina 242

¢ “Instalacién de un médulo de alimentacién RAID en el deflector de aire” en la pagina 243

e “Extraccién de un médulo de alimentacién flash RAID del compartimiento de la unidad central de 2,5”” en
la pagina 244

“Instalacion de un médulo de alimentacion flash RAID en el compartimiento de la unidad central” en la
pagina 246

Extraccion de un modulo de alimentacion flash RAID del chasis
Utilice esta informaciodn para extraer un modulo de alimentacion flash RAID (supercap) del chasis.
Acerca de esta tarea

Atencion:

¢ |ea “Directrices de instalacion” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.
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e Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacion y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

¢ FEvite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la

instalacion y manipule estos dispositivos con una munequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexioén a tierra.

¢ Antes de quitar cualquier componente de una matriz RAID (unidad, tarjeta RAID, etc.), cree una copia de
seguridad de toda la informacion de configuracion de RAID.

Procedimiento
Paso 1. Preparese para la tarea.

a. Siel servidor esta instalado en un bastidor, deslice el servidor hacia fuera de los rieles de
deslizamiento del bastidor para acceder a la cubierta superior, o quite el servidor del bastidor.
Consulte “Extraccion del servidor de un bastidor” en la pagina 35.

b. Extraiga la cubierta superior. Consulte “Extraccién de la cubierta superior” en la pagina 340.
c. Desconecte el cable del médulo de alimentacion flash RAID.

Paso 2. Quitar el médulo de alimentacion flash RAID.

Figura 227. Extraccion del mddulo de alimentacion flash RAID

a. O Abrael clip de sujecién del supercap holder.
b. @ Saque el médulo de alimentacién flash RAID del soporte.

Paso 3. Quite el compartimento del supercondensador, si es necesario.
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Figura 228. Extraccidn del soporte de supercondensador

a. © Levanteel pestillo.

b. © Deslice el Supercap Holder en la direccién indicada y levantelo para sacarlo del chasis.

Después de finalizar

Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje
y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Instalacion de un moédulo de alimentacion flash RAID en el chasis

Use esta informacion para instalar un médulo de alimentacion flash RAID (también llamado
supercondensador) en el chasis.

Acerca de esta tarea

Atencion:

e Lea “Directrices de instalacion” en la pagina 1y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

e Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacion y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

¢ FEvite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexién a tierra.

Procedimiento

Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene la nueva pieza con cualquier superficie no
pintada de la parte exterior del servidor. A continuacion, saque la pieza nueva de la bolsa 'y
coléquela en una superficie antiestatica.

Paso 2. Instale el supercap holder si lo extrajo.
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Figura 229. Instalacion del soporte de supercondensador

a. Alinee la cerradura del Supercap Holder con la patilla en el chasis y baje el soporte del
Supercap Holder hacia dentro del chasis.

b. Deslice el soporte del Supercap Holder en la direccioén indicada hasta que se coloque en su
lugar con un clic.

Paso 3. Instale el médulo de alimentacién flash RAID.

Figura 230. Instalacion del médulo de alimentacion flash RAID

a. O Inserte el médulo de alimentacién flash RAID en el clip de sujecion en un lado, como se
muestra.

b. © Presione el médulo de alimentacion flash RAID hacia abajo en el otro lado hasta que encaje
€n su posicion.
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Paso 4. Conecte el médulo de alimentacion flash RAID a un adaptador con el cable de extensién que se
proporciona con el médulo de alimentacion flash RAID. Consulte Capitulo 2 “Disposicion interna de
los cables” en la pagina 345.

Después de finalizar

Complete la sustitucion de piezas. Consulte “Completar la sustitucion de piezas” en la pagina 342

Extraccion de un modulo de alimentacion RAID del deflector de aire

Use esta informacién para extraer un médulo de alimentacién flash RAID (también llamado
supercondensador) del deflector de aire.

Acerca de esta tarea

Atencion:

e Lea “Directrices de instalacion” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

e Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacion y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

¢ Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacién y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexioén a tierra.

¢ Antes de quitar cualquier componente de una matriz RAID (unidad, tarjeta RAID, etc.), cree una copia de
seguridad de toda la informacién de configuracion de RAID.

Procedimiento
Paso 1. Preparese para la tarea.

a. Siel servidor esta instalado en un bastidor, deslice el servidor hacia fuera de los rieles de
deslizamiento del bastidor para acceder a la cubierta superior, o quite el servidor del bastidor.
Consulte “Extraccion del servidor de un bastidor” en la pagina 35.

b. Extraiga la cubierta superior. Consulte “Extraccién de la cubierta superior” en la pagina 340.
c. Desconecte el cable del médulo de alimentacion flash RAID.

Paso 2. Extraiga el médulo de alimentacién RAID del deflector de aire.
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Figura 231. Extraccion del mddulo de alimentacion flash RAID

a. O Abrael clip de sujecion del soporte del médulo de alimentacién flash RAID.

b. @ Saque el médulo de alimentacién flash RAID del soporte.

Después de finalizar

Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje
y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Instalacion de un moédulo de alimentacion RAID en el deflector de aire

Use esta informacion para instalar un médulo de alimentacion flash RAID (también llamado
supercondensador) en el deflector de aire.

Acerca de esta tarea

Atencion:

¢ Lea “Directrices de instalacion” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccién de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

e Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacién y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

¢ Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexion a tierra.

Procedimiento

Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene la nueva pieza con cualquier superficie no
pintada de la parte exterior del servidor. A continuacion, saque la pieza nueva de la bolsa 'y
coléquela en una superficie antiestatica.
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Paso 2. Instale el médulo de alimentacion flash RAID.

Figura 232. Instalacion del mddulo de alimentacion RAID (en el deflector de aire)

a. O Abrael clip de sujecion del compartimiento.
b. @ Coloque un médulo de alimentacién flash RAID en el compartimiento.
c. © Presiénelo hacia abajo para asegurarlo en el compartimiento.

Paso 3. Conecte el médulo de alimentacion flash RAID a un adaptador con el cable de extensién que se
proporciona con el médulo de alimentacién flash RAID. Consulte Capitulo 2 “Disposicién interna de
los cables” en la pagina 345.

Después de finalizar
Complete la sustitucion de piezas. Consulte “Completar la sustitucién de piezas” en la pagina 342.
Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Extraccion de un médulo de alimentacion flash RAID del compartimiento
de la unidad central de 2,5”

Use esta informacion para quitar un médulo de alimentacion flash RAID (también llamado
supercondensador) del compartimiento de unidad central de 2,5 pulgadas.

Acerca de esta tarea

Atencion:

e Lea “Directrices de instalacion” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

e Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacion y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

¢ Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexién a tierra.

e Antes de quitar cualquier componente de una matriz RAID (unidad, tarjeta RAID, etc.), cree una copia de
seguridad de toda la informacién de configuracion de RAID.

Procedimiento
Paso 1. Preparese para la tarea.

244  Guia de mantenimiento del hardware de ThinkSystem SR650 V3


https://www.youtube.com/watch?v=PwSa8pq_RFs

a. Siel servidor esta instalado en un bastidor, deslice el servidor hacia fuera de los rieles de
deslizamiento del bastidor para acceder a la cubierta superior, o quite el servidor del bastidor.
Consulte “Extraccion del servidor de un bastidor” en la pagina 35.

b. Extraiga la cubierta superior. Consulte “Extraccién de la cubierta superior” en la pagina 340.
c. Desconecte el cable del médulo de alimentacion flash RAID.

Paso 2. Abra la manija del compartimiento de la unidad.

Figura 233. Apertura de la manija del compartimiento de la unidad central

Paso 3. Extraiga la goma de la cubierta del supercap holder.

Figura 234. Extraccion de la goma

Paso 4. Extraiga el médulo de alimentacion flash RAID desde el supercap holder.
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Figura 235. Extraccion del mddulo de alimentacion flash RAID

a. O Tire del pestillo azul de la cubierta del supercap.
b. @ Deslice la cubierta hacia fuera del soporte.

c. © Saque el médulo de alimentacién flash RAID del soporte.

Después de finalizar

Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje
y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Instalacion de un médulo de alimentacion flash RAID en el
compartimiento de la unidad central

Use esta informacion para instalar un médulo de alimentacion flash RAID (también llamado
supercondensador) en el compartimiento de unidad central de 2,5 pulgadas.

Acerca de esta tarea

Atencion:

¢ | ea “Directrices de instalacion” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

e Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacion y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

¢ Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexioén a tierra.

Procedimiento

Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene la nueva pieza con cualquier superficie no
pintada de la parte exterior del servidor. A continuacion, saque la pieza nueva de la bolsa 'y
coldquela en una superficie antiestatica.

Paso 2. Instale el médulo de alimentacién flash RAID.
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Figura 236. Instalacion del mddulo de alimentacion flash RAID

a © Coloque un médulo de alimentacién flash RAID en el soporte y presionelo hasta que se
inserte en el soporte.

b. @ Alinee los orificios de la cubierta metalica con las patillas del Supercap Holder, tire del
pestillo azul de la cubierta y deslice la cubierta hacia el compartimiento hasta que las patillas
pasen a través de los orificios. A continuacion, suelte el pestillo azul para bloquear la cubierta
en su sitio.

Paso 3. Instale la goma en la cubierta del supercap holder.

Figura 237. Instalacion de la goma
Paso 4. Conecte el mddulo de alimentacion flash RAID a un adaptador con el cable de extensién que se

proporciona con el médulo de alimentacién flash RAID. Consulte Capitulo 2 “Disposicion interna de
los cables” en la pagina 345.

Después de finalizar
Complete la sustitucién de piezas. Consulte “Completar la sustitucién de piezas” en la pagina 342.
Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Sustitucion de la abrazadera de pared posterior

Utilice esta informacion para extraer e instalar la abrazadera de pared posterior.
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Los soportes de la parte posterior varian segun las configuraciones de servidor posterior. Este tema utiliza
las abrazaderas A1, B1 y C1 como ejemplo para la ilustracion de sustitucion. El procedimiento de sustitucion
es el mismo para los soportes B2 y C2.

e “Extraccion de una abrazadera de pared posterior” en la pagina 249
¢ “Instalacién de una abrazadera de pared posterior” en la pagina 251

Matriz de abrazadera de pared posterior

Configuracion | Abrazaderas de pared posterior requeridas
de servidor
posterior

Abrazadera de pared posterior ~ Abrazadera de pared Abrazadera de pared posterior
1 en el lado izquierdo posterior B1 en el centro C1 en el lado derecho

D/

Configuracion |
con 8 ranuras
de PCle a®d
%g
9 o
Abrazadera de pared posterior  Abrazadera de pared Abrazadera de pared posterior
1 en el lado izquierdo posterior B1 en el centro C2 en el lado derecho

(555
Configuracion =
con 4 unidades

@
@
AW,

traseras de 2,5” @g ‘
Q) 0)

lo 1 9

U™

Configuracion Abrazadera de pared posterior  Abrazadera de pared
con 2 unidades | 1 en ellado izquierdo posterior B1 en el centro
traseras de 3,5”

@
@
\V,

@
©
29

&)
©

P

248 Guia de mantenimiento del hardware de ThinkSystem SR650 V3



Configuracion | Abrazaderas de pared posterior requeridas

de servidor

posterior

Configuracién Abrazadera de pared
con 8 unidades posterior B2 en el centro

traseras de 2,5” | Abrazadera de pared posterior
1 en el lado izquierdo

@

@
©
2D

Configuracion
con 4 unidades | El servidor no requiere abrazaderas de pared posterior
traseras de 3,5”

Extraccion de una abrazadera de pared posterior

Utilice esta informacién para extraer la abrazadera de pared posterior.

Acerca de esta tarea

Atencion:

¢ | ea “Directrices de instalacién” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

e Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacion y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

e Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexion a tierra.

Procedimiento
Paso 1. Preparese para la tarea.

a. Siel servidor estd instalado en un bastidor, deslice el servidor hacia fuera de los rieles de
deslizamiento del bastidor para acceder a la cubierta superior, o quite el servidor del bastidor.
Consulte “Extraccion del servidor de un bastidor” en la pagina 35.

b. Extraiga la cubierta superior. Consulte “Extraccion de la cubierta superior” en la pagina 340.
Extraiga el conjunto de expansion o el compartimiento de la unidad trasero.
e “Sustitucion del adaptador PCle y del conjunto de expansién posterior” en la pagina 282

e “Sustitucién de la placa posterior de la unidad trasera y del compartimiento de la unidad”
en la pagina 262

Paso 2. Extraiga la abrazadera de pared posterior.
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a. © Quite los tornillos.
b. © Quite la abrazadera del bastidor del chasis como se indica.

Nota: Las ilustraciones muestran la extraccién de los soportes traseros A1, B1y C1. El
procedimiento es el mismo para quitar las otras abrazaderas de pared posterior.

Figura 239. Extraccion de una abrazadera de pared posterior B1 (central)
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Figura 240. Extraccion de una abrazadera de pared posterior C1 (derecha)

Después de finalizar
1. Vuelva a instalar las abrazaderas de pared posterior necesarias en el chasis posterior.
2. Sise le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del
embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Instalacion de una abrazadera de pared posterior

Utilice esta informacién para instalar la abrazadera de pared posterior.

Acerca de esta tarea

Atencion:

¢ Lea “Directrices de instalacién” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

e Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacién y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

¢ FEvite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexiodn a tierra.

Procedimiento

Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene la nueva pieza con cualquier superficie no
pintada de la parte exterior del servidor. A continuacién, saque la pieza nueva de la bolsa 'y
coléquela en una superficie antiestatica.

Paso 2. Instale las abrazaderas de pared posterior.
a. © Alinee la abrazadera de pared posterior con el chasis e inserte la abrazadera en su lugar.

b. ® Instale los tornillos que fijan la abrazadera de pared posterior.

Capitulo 1. Procedimientos de sustitucién del hardware 251


https://www.youtube.com/watch?v=rQWKLajnJEo

Nota: Las ilustraciones muestran la instalacion de los soportes traseros A1, B1y C1. El
procedimiento es el mismo para instalar las otras abrazaderas de pared posterior.

Figura 241. Instalacion de abrazadera de pared posterior A1 (izquierda)

Figura 243. Instalacidon de abrazadera de pared posterior C1 (derecha)

252  Guia de mantenimiento del hardware de ThinkSystem SR650 V3



Después de finalizar
1. Instale el compartimiento de la unidad posterior o los conjuntos de expansién.
e “Sustitucion del adaptador PCle y del conjunto de expansién posterior” en la pagina 282

e “Sustitucién de la placa posterior de la unidad trasera y del compartimiento de la unidad” en la
pagina 262

2. Complete la sustitucion de piezas. Consulte “Completar la sustitucion de piezas” en la pagina 342.
Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Sustitucion de la placa posterior de la unidad de 7 mm traseray del
compartimiento de la unidad

Utilice esta informacion para quitar e instalar las placas posteriores de la unidad de 7 mmy el
compartimiento de la unidad.

Segun la configuracién del servidor, el servidor admite uno de los siguientes compartimientos de la unidad

traseros de 7 mm. Los procedimientos de sustitucion de los compartimientos de la unidad y las placas
posteriores de la unidad son similares. Para consultar las reglas de instalacion del compartimiento de la
unidad de 7 mm, consulte “Ranuras PCle y adaptadores PCle” en la pagina 13.

K Compartimiento de expansién SSD de 2FH + 7mm H Compartimiento de expansion SSD de 7 mm

e “Extraccion del compartimiento de la unidad de 7 mm” en la pagina 253
e “Extraccion de las placas posteriores de la unidad de 7 mm” en la pagina 256
e ‘“Instalacidn de las placas posteriores de la unidad de 7 mm” en la pagina 258
¢ “Instalacion del compartimiento de la unidad de 7 mm” en la pagina 260

Extraccion del compartimiento de la unidad de 7 mm

Use esta informacion para extraer el compartimiento de la unidad de 7 mm.

Acerca de esta tarea

Atencion:

¢ | ea “Directrices de instalacién” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en

la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.
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¢ Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacién y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

¢ FEvite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexioén a tierra.

¢ Antes de quitar o hacer cambios a las unidades, los controladores de las unidades (incluidos los
controladores que estan integrados en el conjunto de la placa del sistema), las placas posteriores de la
unidad o los cables de la unidad, realice una copia de seguridad de todos los datos importantes que se
encuentran almacenados en las unidades.

¢ Antes de quitar cualquier componente de una matriz RAID (unidad, tarjeta RAID, etc.), cree una copia de
seguridad de toda la informacién de configuracion de RAID.

¢ Sihay una o mas unidades de estado sélido NVMe que se van a quitar, se recomienda deshabilitarlas
previamente a través del sistema operativo.

Procedimiento
Paso 1. Preparese para la tarea.

a. Siel servidor esta instalado en un bastidor, deslice el servidor hacia fuera de los rieles de
deslizamiento del bastidor para acceder a la cubierta superior, o quite el servidor del bastidor.
Consulte “Extraccion del servidor de un bastidor” en la pagina 35.

b. Extraiga la cubierta superior. Consulte “Extraccion de la cubierta superior” en la pagina 340.

c. Quite todas las unidades y rellenos (si las hay) instalados de las bahias de unidad. Consulte
“Extraccion de una unidad de intercambio en caliente” en la pagina 44.

d. Tome nota de las conexiones de cables para unidades de 7 mm y, a continuacién, desconecte
todos los cables de la placa posterior.

Paso 2. Extraiga el conjunto de expansién con el compartimiento de la unidad de 7 mm del chasis.

e Compartimiento de expansion SSD de 2FH + 7mm

254  Guia de mantenimiento del hardware de ThinkSystem SR650 V3



Figura 244. Extraccion del compartimiento de expansion SSD de 2FH+7 mm

a. O Suelte el tornillo del compartimiento de tarjeta de expansion.
b. © Levante cuidadosamente el conjunto de expansion desde el chasis.

¢ Compartimiento de expansion SSD de 7 mm

Figura 245. Extraccion del compartimiento de expansion SSD de 7 mm

Paso 3. (Solo para el compartimento de expansiéon SSD de 2FH+7 mm) Extraiga el compartimiento de la
unidad de 7 mm del conjunto de expansién.
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Figura 246. Extraccidon del compartimiento de la unidad de 7 mm

a. @ Quite los dos tornillos.

b. © Deslice de forma ligera y horizontal el compartimiento hacia fuera del compartimiento de
tarjeta de expansion.

Después de finalizar

Extraiga las dos placas posteriores de la unidad de 7 mm. Consulte “Extraccion de las placas posteriores de
la unidad de 7 mm” en la pagina 256.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Extraccion de las placas posteriores de la unidad de 7 mm

Use esta informacion para extraer las placas posteriores de la unidad de 7 mm.

Acerca de esta tarea

Atencion:

Lea “Directrices de instalacion” en la pagina 1y “Lista de comprobacion de inspeccién de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacion y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacién y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexioén a tierra.

Antes de quitar o hacer cambios a las unidades, los controladores de las unidades (incluidos los
controladores que estan integrados en el conjunto de la placa del sistema), las placas posteriores de la
unidad o los cables de la unidad, realice una copia de seguridad de todos los datos importantes que se
encuentran almacenados en las unidades.

Antes de quitar cualquier componente de una matriz RAID (unidad, tarjeta RAID, etc.), cree una copia de
seguridad de toda la informacién de configuracion de RAID.

Si hay una o0 mas unidades de estado sélido NVMe que se van a quitar, se recomienda deshabilitarlas
previamente a través del sistema operativo.
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Procedimiento

Paso 1. Quite la placa posterior de la unidad de 7 mm en la parte superior.

o

Figura 247. Extraccion de la placa posterior de la unidad de 7 mm (superior)

a.  © Quite los dos tornillos.
b. © Levante verticalmente la placa posterior y déjela a un lado.

Paso 2. Quite la placa posterior de la unidad de 7 mm en la parte inferior.

Figura 248. Extraccion de la placa posterior de la unidad de 7 mm (inferior)

a. O Quite el tornillo.

b. @ Quitela placa posterior horizontalmente del compartimiento, como se muestra.
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Después de finalizar
1. Realice una de las acciones siguientes:

¢ Si esta sustituyendo las placas posteriores, instale nuevas placas posteriores en el compartimiento
de la unidad.

¢ Si estd sustituyendo el compartimiento de la unidad, instale las placas posteriores en un nuevo
compartimiento de la unidad.

2. Sise le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del
embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Instalacion de las placas posteriores de la unidad de 7 mm

Use esta informacién para instalar las placas posteriores de 7 mm.

Acerca de esta tarea

Atencion:

¢ | ea “Directrices de instalacion” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

e Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacion y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

¢ FEvite la exposicion a la electricidad estética, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacién y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexiodn a tierra.

Procedimiento

Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene la nueva pieza con cualquier superficie no
pintada de la parte exterior del servidor. A continuacion, saque la pieza nueva de la bolsa 'y
coléquela en una superficie antiestatica.

Paso 2. Conecte los cables a las placas posteriores. Consulte Capitulo 2 “Disposicion interna de los
cables” en la pagina 345.

Paso 3. Instale la placa posterior de la unidad de 7 mm en la parte inferior.
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Figura 249. Instalacion de la placa posterior de la unidad de 7 mm (inferior)

a. O Alinee la muesca del borde de la placa posterior con la patilla del compartimiento y deslice
ligeramente la placa posterior en el compartimiento hasta que quede bien colocada.

b. @ Instale el tornillo para fijarla.

Paso 4. Instale la placa posterior de la unidad de 7 mm en la parte superior.

Figura 250. Instalacion de la placa posterior de 7 mm (supetrior)

a. O Alinee los orificios de la placa posterior con los orificios del compartimiento y empuije la
placa posterior hacia abajo en el compartimiento.

b. ® Instale los dos tornillos para asegurar la placa posterior en su lugar.

Después de finalizar

Instale el compartimiento de la unidad de 7 mm. Consulte “Instalacion del compartimiento de la unidad de
7 mm” en la pagina 260.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube
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Instalacion del compartimiento de la unidad de 7 mm

Use esta informacion para instalar el compartimiento de la unidad de 7 mm.

Acerca de esta tarea

Atencion:

¢ Lea “Directrices de instalacion” en la pagina 1y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

e Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacién y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

¢ FEvite la exposicion a la electricidad estética, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacién y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexiodn a tierra.

Procedimiento

Paso 1. (Solo para el compartimento de expansién SSD de 2FH+7 mm) Enganche el clip de sujecién sobre
el adaptador de expansion en el compartimiento de tarjeta de expansion.

Figura 251. Instalacion del clip de sujecion del compartimiento de la unidad de 7 mm

Paso 2. (Solo para el compartimento de expansion SSD de 2FH+7 mm) Instale el compartimiento de la
unidad de 7 mm en el compartimiento de expansion.
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Figura 252. Instalacion de compartimiento de la unidad de 7 mm

a. O Alineeel pasador izquierdo en el compartimiento de la unidad de 7 mm con la ranura de
colocacion en el clip de sujecion, los dos orificios situados en los soportes laterales del
compartimiento de la unidad de 7 mm con los dos orificios en la parte frontal del
compartimiento de tarjeta de expansion.

b. ® Instale los dos tornillos para asegurar el compartimiento de la unidad de 7 mm en su lugar.
Paso 3. Instale el conjunto de expansion de 7 mm en el chasis.

e Compartimiento de expansion SSD de 2FH + 7mm

Figura 253. Instalacion de compartimiento de expansion SSD de 2FH+7 mm

a. O Alineeel conjunto de expansion con la ranura en el conjunto de la placa del sistema, baje e
inserte la tarjeta de expansion en la ranura de expansion.
b. @ Apriete el tornillo para fijar mas el conjunto de expansién en su lugar.

¢ Compartimiento de expansion SSD de 7 mm
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Figura 254. Instalacion del compartimiento de expansion SSD de 7 mm

Paso 4. Conecte los cables de las placas posteriores al conjunto de la placa del sistema. Consulte Capitulo
2 “Disposicion interna de los cables” en la pagina 345.

Después de finalizar

1. Vuelva a instalar todas las unidades y rellenos (si los hay) en las bahias de unidad. Consulte “Instalacion
de una unidad de intercambio en caliente” en la pagina 45.

2. Complete la sustitucidn de piezas. Consulte “Completar la sustitucion de piezas” en la pagina 342.
Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Sustitucion de la placa posterior de la unidad trasera y del
compartimiento de la unidad

Utilice esta informaciodn para extraer e instalar placas posteriores de la unidad traseras y compartimientos de
la unidad.

e “Extraccion de la placa posterior de la unidad de 4 unidades de 2,5” y el compartimiento de la unidad” en
la pagina 263

“Instalacion de la placa posterior de la unidad de 4 unidades de 2,5" y el compartimiento de la unidad” en
la pagina 265

“Extraccion de la placa posterior de la unidad de 8 unidades de 2,5” y el compartimiento de la unidad” en
la pagina 267

“Instalacion de la placa posterior de la unidad de 8 unidades de 2,5” en la pagina 268

“Extraccion de la placa posterior de 2 unidades de 3,5” y el compartimiento de la unidad” en la pagina
270
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“Instalacion de la placa posterior de la unidad de 2 unidades de 3,5” y el compartimiento de la unidad” en
la pagina 272

“Extraccion de la placa posterior de la unidad de 4 unidades de 3,5” y el compartimiento de la unidad” en
la pagina 274

“Instalacion de la placa posterior de la unidad de 4 unidades de 3,5” y el compartimiento de la unidad” en
la pagina 276

Extraccion de la placa posterior de la unidad de 4 unidades de 2,5” y el
compartimiento de la unidad

Utilice esta informacion para extraer la placa posterior de la unidad trasera de 4 bahias de 2,5" y el
compartimiento de la unidad.

Acerca de esta tarea

Atencion:

Lea “Directrices de instalacion” en la pagina 1y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacion y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacién y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexion a tierra.

Antes de quitar o hacer cambios a las unidades, los controladores de las unidades (incluidos los
controladores que estan integrados en el conjunto de la placa del sistema), las placas posteriores de la
unidad o los cables de la unidad, realice una copia de seguridad de todos los datos importantes que se
encuentran almacenados en las unidades.

Antes de quitar cualquier componente de una matriz RAID (unidad, tarjeta RAID, etc.), cree una copia de
seguridad de toda la informacion de configuracion de RAID.

Si hay una o0 mas unidades de estado sélido NVMe que se van a quitar, se recomienda deshabilitarlas
previamente a través del sistema operativo.

Procedimiento
Paso 1. Preparese para la tarea.

a. Siel servidor estd instalado en un bastidor, deslice el servidor hacia fuera de los rieles de
deslizamiento del bastidor para acceder a la cubierta superior, o quite el servidor del bastidor.
Consulte “Extraccion del servidor de un bastidor” en la pagina 35.

b. Extraiga la cubierta superior. Consulte “Extraccion de la cubierta superior” en la pagina 340.
Desconecte los cables de la placa posterior de la unidad trasera.

Quite todas las unidades y rellenos (si las hay) instalados de las bahias de unidad. Consulte
“Extraccion de una unidad de intercambio en caliente” en la pagina 44.

Paso 2. Extraiga el compartimiento de unidad posterior.
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Figura 255. Extraccion del compartimiento de la unidad trasera de 4 unidades de 2,5”

a. O aire y tire los émbolos azules.
b. © Deslice el compartimiento de la unidad hacia la parte posterior del chasis para liberarlo.

Paso 3. Extraccién de la placa posterior de la unidad central.

Figura 256. Extraccion de la placa posterior trasera de la unidad de 4 unidades de 2,5 pulgadas

a. © Abralos pestillos de liberacién en la direccién que se muestra.

O Gire la placa posterior desde la parte superior para desengancharla de las patillas del
compartimiento de la unidad.

c. © Levante con cuidado la placa posterior hacia fuera del compartimiento de la unidad.

Después de finalizar

Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje
y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Video de demostracion
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Vea el procedimiento en YouTube

Instalacion de la placa posterior de la unidad de 4 unidades de 2,5" y el
compartimiento de la unidad

Utilice esta informacion para instalar la placa posterior de la unidad de 4 bahias de 2,5" y el compartimiento
de la unidad.

Acerca de esta tarea

Atencion:

Lea “Directrices de instalacion” en la pagina 1y “Lista de comprobacién de inspeccién de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacion y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexion a tierra.

El compartimiento de la unidad posterior se admite en algunos modelos de servidor con requisitos
térmicos. Consulte “Reglas térmicas” en la pagina 20 para asegurarse de que el servidor esté bajo la
temperatura ambiente permitida y de que se utilice el disipador de calor y los ventiladores del sistema
correctos. Si es necesario, reemplace primero el disipador de calor o el ventilador del sistema.

“Sustitucion de procesador y disipador de calor (solo técnicos capacitados)” en la pagina 214
“Sustitucion del ventilador del sistema” en la pagina 328

Procedimiento
Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene la nueva pieza con cualquier superficie no

pintada de la parte exterior del servidor. A continuacion, saque la pieza nueva de la bolsa 'y
coloquela en una superficie antiestatica.

Paso 2. Conecte los cables a la placa posterior de la unidad. Consulte Capitulo 2 “Disposicion interna de

los cables” en la pagina 345.

Paso 3. Instale la placa posterior de la unidad en el compartimiento de la unidad posterior.
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Figura 257. Instalacion de la placa posterior de la unidad trasera de 4 unidades de 2,5”

a. Alinee la parte inferior de la placa posterior con los esparragos en la parte inferior del
compartimiento de la unidad.

b. Baje la placa posterior al interior del compartimiento de la unidad para que los orificios de la
placa posterior se alineen con las patillas del compartimiento de la unidad y presione la placa
posterior en su posicion. Los pestillos de liberacion fijaran la placa posterior en su posicion.

Paso 4. Instale el compartimiento de disco duro posterior.

Figura 258. Instalacion del compartimiento de la unidad trasera de 4 unidades de 2,5”

a. O Alineeel compartimiento de la unidad trasera con el chasis y baje el compartimiento de la
unidad en el chasis.

b. © Muevael compartimiento de la unidad trasera hacia delante hasta que encaje en su
posicion.
Paso 5. Conecte los cables de las placas posteriores de unidades a la placa del sistema o de los
adaptadores RAID/HBA. Consulte Capitulo 2 “Disposicion interna de los cables” en la pagina 345.
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Después de finalizar

1. Vuelva a instalar las unidades o rellenos de unidad en el compartimiento de unidad posterior. Consulte
“Instalacién de una unidad de intercambio en caliente” en la pagina 45.

2. Complete la sustitucion de piezas. Consulte “Completar la sustitucion de piezas” en la pagina 342.
Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Extraccion de la placa posterior de la unidad de 8 unidades de 2,5” y el
compartimiento de la unidad

Utilice esta informacidn para extraer la placa posterior de la unidad trasera de 8 bahias de 2,5" y el
compartimiento de la unidad.

Acerca de esta tarea

Atencion:

¢ Lea “Directrices de instalacion” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccién de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

e Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacién y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

¢ Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexion a tierra.

¢ Antes de quitar o hacer cambios a las unidades, los controladores de las unidades (incluidos los
controladores que estan integrados en el conjunto de la placa del sistema), las placas posteriores de la
unidad o los cables de la unidad, realice una copia de seguridad de todos los datos importantes que se
encuentran almacenados en las unidades.

¢ Antes de quitar cualquier componente de una matriz RAID (unidad, tarjeta RAID, etc.), cree una copia de
seguridad de toda la informacién de configuracion de RAID.

¢ Sihay una o mas unidades de estado sélido NVMe que se van a quitar, se recomienda deshabilitarlas
previamente a través del sistema operativo.

Procedimiento
Paso 1. Preparese para la tarea.

a. Siel servidor esta instalado en un bastidor, deslice el servidor hacia fuera de los rieles de
deslizamiento del bastidor para acceder a la cubierta superior, o quite el servidor del bastidor.
Consulte “Extraccion del servidor de un bastidor” en la pagina 35.

b. Extraiga la cubierta superior. Consulte “Extraccién de la cubierta superior” en la pagina 340.
Desconecte los cables de la placa posterior de la unidad trasera.

Quite todas las unidades y rellenos (si las hay) instalados de las bahias de unidad. Consulte
“Extraccion de una unidad de intercambio en caliente” en la pagina 44.

Paso 2. Extraiga el compartimiento de unidad posterior.
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Figura 259. Extraccion del compartimiento de unidad posterior de 8 unidades de 2,5 pulgadas

a. © Gire y tire los émbolos azules.
b. © Deslice el compartimiento de la unidad hacia la parte posterior del chasis para liberarlo.

Paso 3. Sostenga la placa posterior y levantela cuidadosamente para sacarla del compartimiento de la
unidad.

Figura 260. Extraccion de la placa posterior trasera de la unidad de 8 unidades de 2,5 pulgadas

Después de finalizar

Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje
y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Instalacion de la placa posterior de la unidad de 8 unidades de 2,5

Utilice esta informacioén para instalar la placa posterior de la unidad de 8 bahias de 2,5" y el compartimiento
de la unidad.

Acerca de esta tarea
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Atencion:

e |ea “Directrices de instalaciéon” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccién de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

e Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentaciéon y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

¢ Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una muiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexion a tierra.

e El compartimiento de la unidad posterior se admite en algunos modelos de servidor con requisitos
térmicos. Consulte “Reglas térmicas” en la pagina 20 para asegurarse de que el servidor esté bajo la
temperatura ambiente permitida y de que se utilice el disipador de calor y los ventiladores del sistema
correctos. Si es necesario, reemplace primero el disipador de calor o el ventilador del sistema.

“Sustitucion de procesador y disipador de calor (solo técnicos capacitados)” en la pagina 214
“Sustitucion del ventilador del sistema” en la pagina 328

Procedimiento

Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene la nueva pieza con cualquier superficie no
pintada de la parte exterior del servidor. A continuacion, saque la pieza nueva de la bolsa 'y
coléquela en una superficie antiestatica.

Paso 2. Conecte los cables a la placa posterior de la unidad. Consulte Capitulo 2 “Disposicion interna de
los cables” en la pagina 345.

Paso 3. Instale la placa posterior de la unidad en el compartimiento de la unidad posterior.

Figura 261. Instalacion de la placa posterior de la unidad trasera de 8 unidades de 2,5"

a. Alinee las patillas de la placa posterior con los orificios en ambos lados del compartimiento de
la unidad.

b. Baje la placa posterior al interior del compartimiento de la unidad para que las patillas de la
placa posterior se alineen con los orificios del compartimiento de la unidad y presione la placa
posterior en su posicion.
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Paso 4. Instale el compartimiento de disco duro posterior.

Figura 262. Instalacion del compartimiento de unidad posterior de 8 unidades de 2,5 pulgadas

a. O Alineeel compartimiento de la unidad trasera con el chasis y baje el compartimiento de la
unidad en el chasis. Mueva el compartimiento de la unidad posterior hacia delante hasta que
encaje en su posicion.

b. O Gire y suelte el émbolo azul para fijar el compartimiento de la unidad en su lugar.

Paso 5. Conecte los cables de las placas posteriores de unidades a la placa del sistema o de los
adaptadores RAID/HBA. Consulte Capitulo 2 “Disposicién interna de los cables” en la pagina 345.

Después de finalizar

1. Vuelva a instalar las unidades o rellenos de unidad en el compartimiento de unidad posterior. Consulte
“Instalacién de una unidad de intercambio en caliente” en la pagina 45.

2. Complete la sustitucién de piezas. Consulte “Completar la sustitucion de piezas” en la pagina 342.
Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Extraccion de la placa posterior de 2 unidades de 3,5” y el
compartimiento de la unidad

Utilice esta informacion para extraer la placa posterior de la unidad trasera de 2 bahias de 3,5" y el
compartimiento de la unidad.

Acerca de esta tarea

Atencion:
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Lea “Directrices de instalacion” en la pagina 1y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacion y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexion a tierra.

Antes de quitar o hacer cambios a las unidades, los controladores de las unidades (incluidos los
controladores que estan integrados en el conjunto de la placa del sistema), las placas posteriores de la
unidad o los cables de la unidad, realice una copia de seguridad de todos los datos importantes que se
encuentran almacenados en las unidades.

Antes de quitar cualquier componente de una matriz RAID (unidad, tarjeta RAID, etc.), cree una copia de
seguridad de toda la informacién de configuracion de RAID.

Si hay una o0 mas unidades de estado sélido NVMe que se van a quitar, se recomienda deshabilitarlas
previamente a través del sistema operativo.

Procedimiento
Paso 1. Preparese para la tarea.

a. Siel servidor estd instalado en un bastidor, deslice el servidor hacia fuera de los rieles de
deslizamiento del bastidor para acceder a la cubierta superior, o quite el servidor del bastidor.
Consulte “Extraccion del servidor de un bastidor” en la pagina 35.

b. Extraiga la cubierta superior. Consulte “Extraccién de la cubierta superior” en la pagina 340.
Desconecte los cables de la placa posterior de la unidad trasera.

Quite todas las unidades y rellenos (si las hay) instalados de las bahias de unidad. Consulte
“Extraccion de una unidad de intercambio en caliente” en la pagina 44.

Paso 2. Extraiga el compartimiento de unidad posterior.

Figura 263. Extraccion del compartimiento de la unidad posterior de 2 unidades de 3,5 pulgadas

a. O Gire y tire los émbolos azules.

b. © Deslice el compartimiento de la unidad hacia la parte posterior del chasis para liberarlo.

Paso 3. Sostenga la placa posterior y levantela cuidadosamente para sacarla del compartimiento de la

unidad.
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Figura 264. Extraccidn de la placa posterior trasera de la unidad de 2 unidades de 3,5 pulgadas

© Abra los pestillos de liberacién en la direccidon que se muestra.

b. @ Girela placa posterior desde la parte superior para desengancharla de las patillas del
compartimiento de la unidad.

c. © Levante con cuidado la placa posterior hacia fuera del compartimiento de la unidad.

Después de finalizar

Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje
y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Instalacion de la placa posterior de la unidad de 2 unidades de 3,5” y el
compartimiento de la unidad

Utilice esta informacioén para instalar la placa posterior de la unidad de 2 bahias de 3,5" y el compartimiento
de la unidad.

Acerca de esta tarea

Atencion:

¢ |Lea “Directrices de instalacion” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

¢ Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacién y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

¢ Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexion a tierra.
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¢ El compartimiento de la unidad posterior se admite en algunos modelos de servidor con requisitos
térmicos. Consulte “Reglas térmicas” en la pagina 20 para asegurarse de que el servidor esté bajo la
temperatura ambiente permitida y de que se utilice el disipador de calor y los ventiladores del sistema
correctos. Si es necesario, reemplace primero el disipador de calor o el ventilador del sistema.

— “Sustitucion de procesador y disipador de calor (solo técnicos capacitados)” en la pagina 214
“Sustitucion del ventilador del sistema” en la pagina 328

Procedimiento

Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene la nueva pieza con cualquier superficie no
pintada de la parte exterior del servidor. A continuacién, saque la pieza nueva de la bolsa 'y
coléquela en una superficie antiestatica.

Paso 2. Conecte los cables a la placa posterior de la unidad. Consulte Capitulo 2 “Disposicion interna de
los cables” en la pagina 345.

Paso 3. Instale la placa posterior de la unidad en el compartimiento de la unidad posterior.

Figura 265. Instalacion de la placa posterior de la unidad trasera de 2 unidades de 3,5 pulgadas
a. Alinee la parte inferior de la placa posterior con los esparragos en la parte inferior del

compartimiento de la unidad.

b. Baje la placa posterior al interior del compartimiento de la unidad para que los orificios de la
placa posterior se alineen con las patillas del compartimiento de la unidad y presione la placa
posterior en su posicion.

Paso 4. Instale el compartimiento de disco duro posterior.
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Figura 266. Instalacion del compartimiento de unidad posterior de 2 unidades de 3,5 pulgadas

a. O Alineeel compartimiento de la unidad trasera con el chasis y baje el compartimiento de la
unidad en el chasis. Mueva el compartimiento de la unidad posterior hacia delante hasta que
encaje en su posicion.

b. O Gire y suelte el émbolo azul para fijar el compartimiento de la unidad en su lugar.

Paso 5. Conecte los cables de las placas posteriores de unidades a la placa del sistema o de los
adaptadores RAID/HBA. Consulte Capitulo 2 “Disposicidn interna de los cables” en la pagina 345.

Después de finalizar

1. Vuelva a instalar las unidades o rellenos de unidad en el compartimiento de unidad posterior. Consulte
“Instalacién de una unidad de intercambio en caliente” en la pagina 45.

2. Complete la sustitucién de piezas. Consulte “Completar la sustitucion de piezas” en la pagina 342.
Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Extraccion de la placa posterior de la unidad de 4 unidades de 3,5” y el
compartimiento de la unidad

Utilice esta informacion para extraer la placa posterior de la unidad trasera de 4 bahias de 3,5" y el
compartimiento de la unidad.

Acerca de esta tarea

Atencion:

¢ Lea “Directrices de instalacion” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccién de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.
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Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacion y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una munequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexioén a tierra.

Antes de quitar o hacer cambios a las unidades, los controladores de las unidades (incluidos los
controladores que estan integrados en el conjunto de la placa del sistema), las placas posteriores de la
unidad o los cables de la unidad, realice una copia de seguridad de todos los datos importantes que se
encuentran almacenados en las unidades.

Antes de quitar cualquier componente de una matriz RAID (unidad, tarjeta RAID, etc.), cree una copia de
seguridad de toda la informacion de configuracion de RAID.

Si hay una o mas unidades de estado sélido NVMe que se van a quitar, se recomienda deshabilitarlas
previamente a través del sistema operativo.

Procedimiento
Paso 1. Preparese para la tarea.

a. Siel servidor esta instalado en un bastidor, deslice el servidor hacia fuera de los rieles de
deslizamiento del bastidor para acceder a la cubierta superior, o quite el servidor del bastidor.
Consulte “Extraccion del servidor de un bastidor” en la pagina 35.

b. Extraiga la cubierta superior. Consulte “Extraccion de la cubierta superior” en la pagina 340.
Desconecte los cables de la placa posterior de la unidad trasera.

Quite todas las unidades y rellenos (si las hay) instalados de las bahias de unidad. Consulte
“Extraccion de una unidad de intercambio en caliente” en la pagina 44.

Paso 2. Extraiga el compartimiento de unidad posterior.

Figura 267. Extraccion del compartimiento de la unidad posterior de 4 unidades de 3,5 pulgadas

a. © Gire y tire los émbolos azules.

b. © Deslice el compartimiento de la unidad hacia la parte posterior del chasis para liberarlo.
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Paso 3. Sostenga la placa posterior y levantela cuidadosamente para sacarla del compartimiento de la
unidad.

Figura 268. Extraccion de la placa posterior trasera de la unidad de 2 unidades de 3,5 pulgadas

© Abra los pestillos de liberacién en la direccidon que se muestra.

b. @ Girela placa posterior desde la parte superior para desengancharla de las patillas del
compartimiento de la unidad.

c. © Levante con cuidado la placa posterior hacia fuera del compartimiento de la unidad.

Después de finalizar

Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje
y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Instalacion de la placa posterior de la unidad de 4 unidades de 3,5” y el
compartimiento de la unidad

Utilice esta informacién para instalar la placa posterior de la unidad de 4 bahias de 3,5" y el compartimiento
de la unidad.

Acerca de esta tarea

Atencion:

¢ | ea “Directrices de instalacion” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

e Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacion y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.
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¢ FEvite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacién y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexioén a tierra.

e El compartimiento de la unidad posterior se admite en algunos modelos de servidor con requisitos
térmicos. Consulte “Reglas térmicas” en la pagina 20 para asegurarse de que el servidor esté bajo la
temperatura ambiente permitida y de que se utilice el disipador de calor y los ventiladores del sistema
correctos. Si es necesario, reemplace primero el disipador de calor o el ventilador del sistema.

“Sustitucion de procesador y disipador de calor (solo técnicos capacitados)” en la pagina 214
“Sustitucién del ventilador del sistema” en la pagina 328

Procedimiento

Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene la nueva pieza con cualquier superficie no
pintada de la parte exterior del servidor. A continuacién, saque la pieza nueva de la bolsa 'y
coléquela en una superficie antiestatica.

Paso 2. Conecte los cables a la placa posterior de la unidad. Consulte Capitulo 2 “Disposicion interna de
los cables” en la pagina 345.

Paso 3. Instale la placa posterior de la unidad en el compartimiento de la unidad posterior.

Figura 269. Instalacion de la placa posterior de la unidad trasera de 4 unidades de 3,5 pulgadas

a. © Alineela parte inferior de la placa posterior con los pernos en la parte inferior del
compartimiento de la unidad y baje la placa posterior al interior del compartimiento de la
unidad.

b. @ Empuje la parte superior de la placa posterior para que los orificios de la placa posterior
pasen por las patillas del compartimiento de la unidad y cierre los pestillos de liberacién para
fijar la placa posterior en su lugar.

Paso 4. Instale el compartimiento de disco duro posterior.
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Figura 270. Instalacion del compartimiento de unidad posterior de 4 unidades de 3,5 pulgadas

a. O Alineeel compartimiento de la unidad trasera con el chasis y baje el compartimiento de la
unidad en el chasis. Mueva el compartimiento de la unidad posterior hacia delante hasta que
encaje en su posicion.

b. O Gire y suelte el émbolo azul para fijar el compartimiento de la unidad en su lugar.

Paso 5. Conecte los cables de las placas posteriores de unidades a la placa del sistema o de los
adaptadores RAID/HBA. Consulte Capitulo 2 “Disposicidn interna de los cables” en la pagina 345.

Paso 6. Instale la abrazadera de soporte de la cubierta superior.
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Figura 271. Instalacion de la abrazadera de soporte de la cubierta superior

Después de finalizar

1. Vuelva a instalar las unidades o rellenos de unidad en el compartimiento de unidad posterior. Consulte
“Instalacion de una unidad de intercambio en caliente” en la pagina 45.

2. Complete la sustitucidon de piezas. Consulte “Completar la sustitucion de piezas” en la pagina 342.
Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Sustitucion del médulo de OCP trasero

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para extraer e instalar el médulo de OCP posterior.

e “Extraccion del médulo de OCP posterior” en la pagina 279
e ‘“Instalacién del médulo de OCP trasero” en la pagina 280

Extraccion del médulo de OCP posterior

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para quitar el médulo de OCP posterior.

Atencion:

e |ea “Directrices de instalacién” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

e Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacion y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

¢ Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexiodn a tierra.

Procedimiento
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Figura 272. Extraccion del médulo de OCP trasero

Paso1. © Afloje el tornillo de mano que fija el médulo de OCP. Utilice un destornillador, de ser necesario.

Paso2. @ Extraiga el médulo de OCP.

Después de finalizar

1. Instale un nuevo médulo de OCP o un relleno del médulo de OCP posterior. Consulte “Instalacion del
mddulo de OCP trasero” en la pagina 280.

2. Sise le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del
embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Instalacion del modulo de OCP trasero

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccién para instalar el médulo de OCP posterior.

Acerca de esta tarea

Atencion:

e Lea “Directrices de instalaciéon” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

e Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacion y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

¢ Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexioén a tierra.

Procedimiento

Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene la nueva pieza con cualquier superficie no
pintada de la parte exterior del servidor. A continuacion, saque la pieza nueva de la bolsa 'y
coléquela en una superficie antiestatica.
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Paso 2. Quite el relleno del médulo de OCP en caso de que haya.
Paso 3. Instale el médulo de OCP.

Nota: Asegurese de que el modulo de OCP esté bien colocado y de que el tornillo de mano esté
ajustado firmemente. De lo contrario, el modulo de OCP no estara totalmente conectado y puede
no funcionar.

Figura 273. Instalacion del mddulo de OCP posterior

(1 Empuje el médulo de OCP hacia la ranura hasta que quede bien colocado.

b. @ Apriete el tornillo de mano para fijar el médulo de OCP. Utilice un destornillador, de ser
necesario.

Notas:

D @ |s | [EPSEESGEEE [o)

Figura 274. Médulo de OCP (dos conectores)

Figura 275. Mdédulo de OCP (cuatro
conectores)

e El mdédulo de OCP proporciona dos o cuatro conectores Ethernet adicionales para las
conexiones de red.

e De forma predeterminada, uno de los conectores Ethernet del médulo OCP también puede
funcionar como un conector de gestion utilizando la capacidad de gestién compartida.

Después de finalizar
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Complete la sustitucion de piezas. Consulte “Completar la sustitucién de piezas” en la pagina 342.
Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Sustitucion del adaptador PCle y del conjunto de expansion posterior

Use esta informacion para extraer e instalar un conjunto de expansion posterior y un adaptador PCle. El
adaptador PCle puede ser una tarjeta Ethernet, un adaptador de host bus (RAID), un adaptador RAID, un
adaptador SSD PCle de complemento, un adaptador Ethernet o cualquier otro adaptador PCle admitido.
Los adaptadores PCle varian segun el tipo, pero los procedimientos de instalacién y extraccién son los
mismos.

e “Extraccion de un conjunto de expansion posterior” en la pagina 286
e “Extraccion de un adaptador PCle posterior” en la pagina 290
¢ ‘“Instalacién de un adaptador PCle posterior” en la pagina 294
e ‘“Instalacién de un conjunto de expansién posterior” en la pagina 298

Los compartimientos de las tarjetas de expansion varian segun las configuraciones traseras del servidor.

Notas:

¢ El servidor admite un compartimiento de la unidad de 7 mm en la ubicacién del compartimiento de tarjeta
de expansion 1 o 2. Para ver las reglas de instalacidon del compartimiento de la unidad de 7 mm, consulte
“Ranuras PCle y adaptadores PCle” en la pagina 13. Para sustituir un compartimiento de la unidad de
7 mm, consulte “Sustitucion de la placa posterior de la unidad de 7 mm trasera y del compartimiento de la
unidad” en la pagina 253.

¢ Latarjeta de expansion que se muestra en cada compartimiento de expansién es un ejemplo para la
ilustracién. Algunos compartimientos de expansion admiten diferentes tipos de tarjetas de expansion.
Para obtener mas detalles, consulte “Ranuras PCle y adaptadores PCle” en la pagina 13.

¢ El compartimiento de la tarjeta de expansién 5 esta ubicado en la parte frontal del servidor. Para sustituir
el compartimiento de expansién 5, consulte “Sustitucion del compartimiento del adaptador frontal” en la
pagina 56.

¢ Para la sustitucion de los compartimiento de expansién 1FH y 3FH para Mddulo de refrigeracion de agua
directa (DWCM), consulte “Sustitucion del médulo de refrigeracion de agua directa del procesador
Lenovo Neptune(TM) (solo un técnico de servicio especializado)” en la pagina 123.

¢ Las SSD NVMe U.2 no son compatibles en las configuraciones con expansion frontal y expansion trasera
x16/x16 3.
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Tabla 10. Compartimientos de expansion para servidores sin DWCM

Configuracion del
servidor

Compartimiento de
la tarjeta de

Compartimiento de
la tarjeta de

Compartimiento de
expansion 3 o 3/4

Compartimiento de
la tarjeta de

expansion 1 expansion 2 4LP expansion 5
e Compartimiento e Compartimiento Co.mpartlmlento de la- N/A
L . tarjeta de expansion
de expansién de 3 de expansién de 3 3
ranuras ranuras
e Gen4
Configuracién con 8
ranuras de PCle
N/A

Configuracién con 10
ranuras de PCle

e Compartimiento
de expansion de 3
ranuras

e Compartimiento
de expansion de 3
ranuras

e Compartimiento
de expansion 3/4
4LP

LP: bajo perfil

Configuracién con 12
ranuras de PCle

e Compartimiento
de expansion de 3
ranuras

e Compartimiento
de expansion de 3
ranuras

e Compartimiento
de expansion 3/4
4LP

LP: bajo perfil

e Compartimiento
de la tarjeta de
expansién 5

Configuracion con un
compartimiento de la
unidad trasera de 4
unidades de 2,5”

e Compartimiento
de expansién de 3
ranuras

e Compartimiento
de expansién de 3
ranuras

N/A

N/A
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Tabla 10. Compartimientos de expansion para servidores sin DWCM (continuacion)

Configuracion del
servidor

Compartimiento de
la tarjeta de

Compartimiento de
la tarjeta de

Compartimiento de
expansion 3 o 3/4

Compartimiento de
la tarjeta de

expansion 1 expansion 2 4LP expansion 5
e Compartimiento e Compartimiento N/A N/A
. » de expansioén de 3 de expansién de 1
Configuracién con un ranuras ranura
compartimiento de la
unidad posterior de 8
unidades de
2,5 pulgadas e
e Compartimiento e Compartimiento N/A N/A
i . de expansion de 3 de expansion de 1
Configuracion con un ranuras ranura
compartimiento de la
unidad posterior de 2
unidades de
3,5 pulgadas // .
N/A N/A

Configuracion con un
compartimiento de la
unidad posterior de 4
unidades de
3,5 pulgadas

e Compartimiento
de expansion de 1
ranura

e Compartimiento
de expansion de 1
ranura
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Tabla 11. Compartimientos de expansion para servidores con DWCM

Configuracion del
servidor

Compartimiento de la
tarjeta de expansion 1

Compartimiento de la
tarjeta de expansion 2

Compartimiento de
expansion 3 0 3/4 4LP

Configuracién con 7
ranuras de PCle

e Compartimiento de
expansion de 3 ranuras

e Compartimiento de
expansion 3FH para
DWCM

Compartimiento de la
tarjeta de expansion 3

e Gen4

Configuracion con 9
ranuras de PCle

e Compartimiento de
expansién de 3 ranuras

e Compartimiento de
expansién 3FH para
DWCM

e Compartimiento de
expansion 3/4 4LP

LP: bajo perfil
. . N/A
e Compartimiento de e Compartimiento de
) y expansién de 3 ranuras expansién 3FH para
Configuracion con un DWCM
compartimiento de la
unidad trasera de 4
unidades de 2,5” g
29
N/A

Configuracién con un
compartimiento de la
unidad posterior de 8
unidades de 2,5 pulgadas

e Compartimiento de
expansién de 3 ranuras

e Compartimiento de
expansiéon 1FH para
DWCM

#
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Tabla 11. Compartimientos de expansion para servidores con DWCM (continuacion)

Configuracion del

Compartimiento de la

Compartimiento de la

Compartimiento de

Configuracion con un
compartimiento de la
unidad posterior de 4
unidades de 3,5 pulgadas

e Compartimiento de
expansion de 1 ranura

e Compartimiento de
expansiéon 1FH para
DWCM

servidor tarjeta de expansion 1 tarjeta de expansion 2 expansion 3 o 3/4 4LP

- . N/A

e Compartimiento de e Compartimiento de
. » expansion de 3 ranuras expansion 1FH para
Configuracion con un DWCM
compartimiento de la
unidad posterior de 2
unidades de 3,5 pulgadas
N/A

Extraccion de un conjunto de expansion posterior

Utilice esta informacidn para extraer un conjunto de expansion posterior.

Acerca de esta tarea

S011

PRECAUCION:

Bordes, esquinas o juntas afiladas cerca.

El servidor admite diferentes tipos de compartimientos de expansién (consulte “Sustitucion del adaptador
PCle y del conjunto de expansién posterior” en la pagina 282).

Atencion:

¢ |Lea “Directrices de instalacion” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

e Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacion y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

¢ Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema

de conexidn a tierra.

¢ Antes de quitar cualquier componente de una matriz RAID (unidad, tarjeta RAID, etc.), cree una copia de
seguridad de toda la informacién de configuracién de RAID.

Observe el procedimiento
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Un video de este procedimiento esta disponible en YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=
PLYV5R7hVcs-BmyijyYO-INvapM4fTV5Gf.

Procedimiento
Paso 1. Preparese para la tarea.

a. Siel servidor esta instalado en un bastidor, deslice el servidor hacia fuera de los rieles de
deslizamiento del bastidor para acceder a la cubierta superior, o quite el servidor del bastidor.
Consulte “Extraccion del servidor de un bastidor” en la pagina 35.

b. Extraiga la cubierta superior. Consulte “Extraccioén de la cubierta superior” en la pagina 340.
Si hay un adaptador PCle instalado en la tarjeta de expansion, registre primero las conexiones
de cables. A continuacion, desconecte todos los cables del adaptador PCle.

Notas:

¢ Sinecesita desconectar los cables del conjunto de la placa del sistema, primero quite todos
los pestillos o pestanas de liberacién de los conectores de cables. Si no libera la pestana
antes de retirar los cables, los zécalos de los cables del conjunto de la placa del sistema
resultaran dafados. Cualquier dafio a los z6calos de los cables podria requerir la
sustitucion del conjunto de la placa del sistema.

¢ El aspecto de los conectores del conjunto de la placa del sistema podria ser diferente de los
que se muestran en la ilustracion, pero el proceso de retiro es el mismo.

1. Presione la pestafia de liberacién para liberar el conector.
2. Desenganche el conector del zécalo de los cables.

X v

Figura 276. Desconexion de los cables del conjunto de la placa del sistema

Paso 2. Quite el conjunto de expansion.

¢ Conjunto de expansion 1 (es igual para el conjunto de expansion 2)

Nota: En la siguiente ilustracion se utiliza el compartimiento de tarjeta de expansion de la
ranura 3 como ejemplo. El procedimiento de sustitucion para el compartimiento de tarjeta de
expansion de la ranura 1 es similar.
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Figura 277. Extraccidn del conjunto de expansion 1

a. © Suelte los tornillos que fijan el conjunto de expansion.

b. O Sujete el conjunto de expansion por los bordes y levantelo con cuidado hacia arriba y hacia
afuera del chasis.

¢ Conjunto de expansion 3
Nota: En la siguiente ilustracion se utiliza el compartimiento de expansion 3 de Gen 5 como

ejemplo. El procedimiento de sustitucion es el mismo para los compartimientos de expansién 3
de Gen 4.
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Figura 278. Extraccion del conjunto de expansion 3

¢ Conjunto de expansion 3/4 4LP
1. Extraiga el conjunto de expansion 3y 4.

Figura 279. Extraccidn del conjunto de expansion 3/4

2. Extraiga la bandeja del compartimiento de tarjeta de expansion.
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Figura 280. Extraccion de la bandeja del compartimiento de expansion

a. © Quite los tornillos que fijan la bandeja del compartimiento de tarjeta de expansion.

b. @ Deslice la bandeja del compartimiento de tarjeta de expansion hacia atras y luego
levantela hacia fuera del chasis.

Después de finalizar

1. Quite el adaptador PCle del conjunto de expansion. Consulte “Extraccion de un adaptador PCle
posterior” en la pagina 290.

2. Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del
embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Extraccion de un adaptador PCle posterior

Utilice esta informacién para extraer un adaptador PCle posterior. El adaptador PCle puede ser una tarjeta
Ethernet, un adaptador de host bus (RAID), un adaptador RAID, un adaptador SSD PCle de complemento,
un adaptador Ethernet o cualquier otro adaptador PCle admitido.

Acerca de esta tarea

S011

AL

PRECAUCION:
Bordes, esquinas o juntas afiladas cerca.

Atencion:
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Lea “Directrices de instalacion” en la pagina 1y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacion y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexion a tierra.

Antes de quitar o hacer cambios a las unidades, los controladores de las unidades (incluidos los
controladores que estan integrados en el conjunto de la placa del sistema), las placas posteriores de la
unidad o los cables de la unidad, realice una copia de seguridad de todos los datos importantes que se
encuentran almacenados en las unidades.

Antes de quitar cualquier componente de una matriz RAID (unidad, tarjeta RAID, etc.), cree una copia de
seguridad de toda la informacién de configuracion de RAID.

Procedimiento
Paso 1. Preparese para la tarea.

a. Siel servidor esta instalado en un bastidor, deslice el servidor hacia fuera de los rieles de
deslizamiento del bastidor para acceder a la cubierta superior, o quite el servidor del bastidor.
Consulte “Extraccion del servidor de un bastidor” en la pagina 35.

b. Extraiga la cubierta superior. Consulte “Extraccién de la cubierta superior” en la pagina 340.

Quite el conjunto de expansién. Consulte “Extraccién de un conjunto de expansién posterior”
en la pagina 286.

Paso 2. Extraiga el adaptador PCle del compartimiento de expansion.

Nota: Para los adaptadores PCle en las tarjetas de expansion 1y 2 y ThinkSystem AMD X3522 10/
25GbE DSFP28 2-port PCle Ethernet Adapter, quite primero el tornillo que fija el adaptador.

¢ Compartimiento de expansion 1 (lo mismo para el compartimiento de expansion 2)

Nota: En la siguiente ilustracion se utiliza el compartimiento de tarjeta de expansion de la
ranura 3 como ejemplo. El procedimiento de sustitucion para el compartimiento de tarjeta de
expansion de la ranura 1 es similar.

Figura 281. Extraccion de un adaptador PCle del compartimiento de expansion 1 o 2

a. O Presione el clip de sujecién hacia abajo.

b. © Gire el mecanismo de cierre de sujecion del adaptador PCle a la posicidon de apertura.
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c. © Sujete el adaptador PCle por los bordes y tirelo con cuidado hacia fuera de la ranura de
PCle.

¢ Compartimiento de la tarjeta de expansion 3

Figura 282. Extraccion de un adaptador PCle del compartimiento de expansion 3

a. O Presione el clip de sujecién hacia abajo.
© Gire el mecanismo de cierre de sujecion del adaptador PCle a la posicién de apertura.

c. © Sujete el adaptador PCle por los bordes y tirelo con cuidado hacia fuera de la ranura de
PCle.

¢ Compartimiento de expansion 3/4 4LP

Figura 283. Extraccion de un adaptador PCle del compartimiento de expansion 3/4 4LP

a.  © Quite el tornillo que fija el adaptador PCle.

b. @ Sujete el adaptador PCle por los bordes vy tirelo con cuidado hacia fuera de la ranura de
PCle.

Paso 3. (Opcional) Si sustituye la tarjeta de expansion, quitela del compartimiento de expansion.

¢ Tarjeta de expansion 1 (lo mismo para la tarjeta de expansion 2)

Nota: En la siguiente ilustracion se utiliza el compartimiento de tarjeta de expansion de la
ranura 3 como ejemplo. El procedimiento de sustitucion para el compartimiento de tarjeta de
expansion de la ranura 1 es similar.
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Figura 284. Extraccion de la tarjeta de expansion del compartimiento de tarjeta de expansion 1 0 2

a © Afloje el tornillo que fija la tarjeta de expansion.

b. @ Sujete la tarjeta de expansion por los bordes y quitela con cuidado de la abrazadera de
expansion.

¢ Tarjeta de expansion 3
Nota: En la siguiente ilustracion se utiliza el compartimiento de expansion 3 de Gen 5 como

ejemplo. El procedimiento de sustitucion es el mismo para los compartimientos de expansién 3
de Gen 4.

e

S

Figura 285. Extraccion de la tarjeta de expansion del compartimiento de tarjeta de expansion 3

a © Afloje el tornillo que fija la tarjeta de expansion.

b. @ Sujete la tarjeta de expansién por los bordes y quitela con cuidado de la abrazadera de
expansion.

¢ Tarjeta de expansion 3/4
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Figura 286. Extraccion de la tarjeta de expansion del compartimiento de tarjeta de expansion 3/4 4LP

Después de finalizar

1. Instale un nuevo adaptador PCle en el compartimiento de expansion. Consulte “Instalacion de un
adaptador PCle posterior” en la pagina 294.

2. Sise le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del
embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Instalacion de un adaptador PCle posterior

Utilice esta informacidn para instalar un adaptador PCle posterior. El adaptador PCle puede ser una tarjeta
Ethernet, un adaptador de host bus (RAID), un adaptador RAID, un adaptador SSD PCle de complemento,
un adaptador Ethernet o cualquier otro adaptador PCle admitido.

Acerca de esta tarea

S011

PRECAUCION:
Bordes, esquinas o juntas afiladas cerca.
Atencion:

e Lea “Directrices de instalacion” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

e Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacion y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.
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¢ FEvite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacién y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexioén a tierra.

e Para consultar las reglas de instalacion del adaptador PCle, consulte “Ranuras PCle y adaptadores PCle”
en la pagina 13.

Descarga de firmware y controlador: es posible que deba actualizar el firmware o el controlador después
de sustituir un componente.

¢ Vaya a https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr650v3/downloads/driver-list/
para ver las actualizaciones mas recientes de firmware y controlador para su servidor.

e Acceda a “Actualizacion del firmware” en la Guia del usuario o la Guia de configuracion del sistema para
obtener mas informacion sobre las herramientas de actualizacion de firmware.

Procedimiento

Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene la nueva pieza con cualquier superficie no
pintada de la parte exterior del servidor. A continuacion, saque la pieza nueva de la bolsa 'y
coloquela en una superficie antiestatica.

Paso 2. (Opcional) Si quitd la tarjeta de expansion, instalela primero.
¢ Tarjeta de expansion 1 (lo mismo para la tarjeta de expansion 2)
Nota: En la siguiente ilustracion se utiliza el compartimiento de tarjeta de expansion de la

ranura 3 como ejemplo. El procedimiento de sustitucién para el compartimiento de tarjeta de
expansion de la ranura 1 es similar.

Figura 287. Instalacion de la tarjeta de extension en el compartimiento de expansion 1 o0 2

© Alinee la tarjeta de extensién con el compartimiento de expansién y coléquela dentro.
O |nstale dos tornillos para asegurar la tarjeta de expansion en su lugar.

¢ Tarjeta de expansion 3

Nota: En la siguiente ilustracion se utiliza el compartimiento de expansion 3 de Gen 5 como
ejemplo. El procedimiento de sustitucion es el mismo para los compartimientos de expansion 3
de Gen 4.
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(2]
Figura 288. Instalacion de la tarjeta de expansion en el compartimiento de tarjeta de expansion 3

a. O Alineela tarjeta de extensién con el compartimiento de expansién y coléquela dentro.

b. @ Instale dos tornillos para asegurar la tarjeta de expansion en su lugar.
¢ Tarjeta de expansion 3/4

Figura 289. Instalacion de la tarjeta de expansion en el compartimiento de expansion 3/4 4LP

a. O Alineela tarjeta de extensién con el compartimiento de expansién y coléquela dentro.
b. @ Instale dos tornillos para asegurar la tarjeta de expansion en su lugar.
Paso 3. Instale el nuevo adaptador PCle en el compartimiento de expansion.

e Compartimiento de expansién 1/2/3
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Figura 291. Instalacidon del adaptador PCle en el compartimiento de tarjeta de expansion 3

© Presione el clip de sujecién hacia abajo.
® Gire el mecanismo de cierre de sujecion a la posicién de apertura.

© Alinee el adaptador PCle con la ranura de PCle en la tarjeta de expansién. Presione con
cuidado el adaptador PCle directamente en la ranura hasta que esté colocada firmemente y la
abrazadera también esté asegurada.

O Cierre el mecanismo de cierre de sujecion.

Nota: Para los adaptadores PCle en las tarjetas de expansion 1y 2 y ThinkSystem AMD
X3522 10/25GbE DSFP28 2-port PCle Ethernet Adapter, instale el tornillo para proteger el
adaptador antes de cerrar el cierre de retencién en caso de que sea necesario enviar €l
servidor.

Compartimiento de expansion 3/4 4LP
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Figura 292. Instalacion de un adaptador PCle en el compartimiento de expansion 3/4 4LP

a. O Alineeel adaptador PCle con la ranura de PCle en la tarjeta de expansién. Presione con
cuidado el adaptador PCle directamente en la ranura hasta que esté colocada firmemente y la
abrazadera también esté asegurada.

b. @ Apriete el tornillo para fijar el adaptador PCle en su lugar.

Después de finalizar

1. Instale el conjunto de expansién en el chasis. Consulte “Instalacion de un conjunto de expansion
posterior” en la pagina 298.

2. Sitiene un adaptador RAID 930 o 940 instalado, instale un mdédulo de alimentacion flash RAID. Consulte
“Sustitucién del médulo de alimentacién RAID flash” en la pagina 237.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Instalacion de un conjunto de expansion posterior

Utilice esta informacion para instalar un conjunto de expansién posterior.

Acerca de esta tarea

S011

AL

PRECAUCION:
Bordes, esquinas o juntas afiladas cerca.

El servidor admite diferentes tipos de compartimientos de expansion (consulte “Sustitucion del adaptador
PCle y del conjunto de expansién posterior” en la pagina 282).

Atencion:

¢ |Lea “Directrices de instalacion” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.
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e Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacion y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

¢ FEvite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una munequera de descarga electrostatica u otro sistema

de conexion a tierra.

Procedimiento
Paso 1. Instale el conjunto de expansion en el chasis.

¢ Conjunto de expansion 1 (es igual para el conjunto de expansion 2)
Nota: En la siguiente ilustracion se utiliza el compartimiento de tarjeta de expansion de la

ranura 3 como ejemplo. El procedimiento de sustitucion para el compartimiento de tarjeta de
expansion de la ranura 1 es similar.

Figura 293. Instalacion del conjunto de expansion 1

a. © Alineela tarjeta de expansion con la ranura de expansion en el conjunto de la placa del
sistema. Presione con cuidado la tarjeta de expansion en la ranura hasta que esté colocada
firmemente.

b. © Apriete el tornillo para fijar el compartimiento de expansion.

¢ Conjunto de expansion 3
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Nota: En la siguiente ilustracion se utiliza el compartimiento de expansion 3 de Gen 5 como
ejemplo. El procedimiento de sustitucion es el mismo para los compartimientos de expansién 3
de Gen 4.

Figura 294. Instalacion del conjunto de expansion 3

¢ Conjunto de expansion 3/4 4LP
1. Instale la bandeja del compartimiento de tarjeta de expansion.

Figura 295. Instalacion de la bandeja del compartimiento de expansion

300 Guia de mantenimiento del hardware de ThinkSystem SR650 V3



a. @ Alineela bandeja del compartimiento de expansion con las patillas y los orificios para
los tornillos del chasis.

b. @ Instale los tornillos para fijar la bandeja del compartimiento de tarjeta de expansion
en el chasis.

2. Instale el conjunto de expansion 3 y 4 en el compartimiento de expansion.

Figura 296. Instalacion del conjunto de expansion 3/4

Paso 2. Conecte los cables a la tarjeta de expansién y el adaptador PCle. Consulte Capitulo 2 “Disposicién
interna de los cables” en la pagina 345.

Después de finalizar
Complete la sustitucién de piezas. Consulte “Completar la sustitucién de piezas” en la pagina 342.
Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Sustitucion del kit de habilitacion de OCP para vSphere DSE

Siga las instrucciones de esta seccidn para extraer e instalar el ThinkSystem OCP Enablement Kit for
Distributed Services Engine (Kit de habilitacién de OCP para vSphere DSE).

Nota: El Kit de habilitacion de OCP para vSphere DSE se utiliza en combinacién con ThinkSystem NVIDIA
BlueField-2 25GbE SFP56 2-Port PCle Ethernet DPU w/BMC & Crypto (Adaptador DPU). Para sustituir el
Adaptador DPU, consulte “Sustitucion del adaptador PCle y del conjunto de expansion posterior” en la
pagina 282.

e “Extraccion del kit de habilitacion de OCP para vSphere DSE” en la pagina 302
e “Instalacion del kit de habilitacion de OCP para vSphere DSE” en la pagina 303
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Extraccion del kit de habilitacion de OCP para vSphere DSE

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccién para quitar el Kit de habilitacién de OCP para vSphere
DSE.

Acerca de esta tarea

Atencion:

¢ |ea “Directrices de instalacion” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

e Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacion y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

¢ FEvite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexién a tierra.

Procedimiento
Paso 1. Preparese para la tarea.

a. Siel servidor esta instalado en un bastidor, deslice el servidor hacia fuera de los rieles de
deslizamiento del bastidor para acceder a la cubierta superior, o quite el servidor del bastidor.
Consulte “Extraccion del servidor de un bastidor” en la pagina 35.

b. Extraiga la cubierta superior. Consulte “Extraccién de la cubierta superior” en la pagina 340.

c. Sisu servidor viene con un conjunto de expansién 1, extraigalo primero. Consulte “Extraccion
de un conjunto de expansion posterior” en la pagina 286.

Paso 2. Desconecte el cable del Kit de habilitacién de OCP para vSphere DSE.
Paso 3. Extraiga el Kit de habilitacién de OCP para vSphere DSE.

Figura 297. Extraccidn del Kit de habilitacion de OCP para vSphere DSE

a. © Suelte el tornillo que fija el Kit de habilitacién de OCP para vSphere DSE.
b. ©® Mantenga presionado el pestillo azul.
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c. ©® Empuije el Kit de habilitacion de OCP para vSphere DSE desde el pestillo hacia fuera del
chasis.

Después de finalizar

1. Instale un relleno o una unidad de sustitucion. Consulte “Instalacién del kit de habilitacion de OCP para
vSphere DSE” en la pagina 303.

2. Sise le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del
embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Instalacion del kit de habilitacion de OCP para vSphere DSE

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccion para instalar el Kit de habilitacién de OCP para vSphere
DSE.

Acerca de esta tarea

¢ Lea “Directrices de instalacién” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

e Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacién y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

¢ FEvite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistemay la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexion a tierra.

Descarga de firmware y controlador: es posible que deba actualizar el firmware o el controlador después
de sustituir un componente.

¢ Vaya a https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr650v3/downloads/driver-list/
para ver las actualizaciones mas recientes de firmware y controlador para su servidor.

¢ Acceda a “Actualizacion del firmware” en la Guia del usuario o la Guia de configuracion del sistema para
obtener mas informacion sobre las herramientas de actualizacion de firmware.

Procedimiento
Paso 1. Si hay instalado un relleno, extraigalo.
Paso 2. Instalacion de Kit de habilitacion de OCP para vSphere DSE.

Capitulo 1. Procedimientos de sustitucién del hardware 303


https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr650v3/downloads/driver-list/

Figura 298. Instalacion del Kit de habilitacion de OCP para vSphere DSE
a. © Deslice el Kit de habilitacion de OCP para vSphere DSE en la ranura hasta que esté bien

colocado.
b. © Apriete el tornillo para fijar el Kit de habilitacion de OCP para vSphere DSE.

Paso 3. Conecte el cable al Kit de habilitacion de OCP para vSphere DSE. Consulte Capitulo 2 “Disposicion
interna de los cables” en la pagina 345.

Paso 4. Instale el conjunto de expansion 1, si lo extrajo. Consulte “Instalacion de un conjunto de expansién
posterior” en la pagina 298.

Después de finalizar

Complete la sustitucion de piezas. Consulte “Completar la sustitucion de piezas” en la pagina 342.

Sustitucién del marco biselado de seguridad

Utilice esta informacién para quitar e instalar el marco de seguridad.

e “Extraccién del marco biselado de seguridad” en la pagina 304
¢ ‘“Instalacidn del marco biselado de seguridad” en la pagina 305

Extraccion del marco biselado de seguridad

Utilice esta informacién para quitar el marco biselado de seguridad.

Acerca de esta tarea

Atenciodn: Lea “Directrices de instalacion” en la pagina 1y “Lista de comprobacion de inspeccion de
seguridad” en la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

Procedimiento
Paso 1. Utilice la llave para desbloquear el marco biselado de seguridad.
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Figura 299. Desbloqueo del marco biselado de seguridad

Paso 2. Presione el pestillo de liberacion By gire el marco biselado de seguridad hacia afuera para quitarlo
del chasis.

Figura 300. Extraccion del marco biselado de seguridad

Después de finalizar

Nota: Antes de enviar el bastidor con el servidor instalado, vuelva a instalar y bloquee el marco biselado de
seguridad en su lugar.

Instalacion del marco biselado de seguridad

Utilice esta informacién para instalar el marco biselado de seguridad.

Acerca de esta tarea

Atencion:

¢ | ea “Directrices de instalacién” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

¢ Antes de enviar el bastidor con el servidor instalado, vuelva a instalar y bloquee el marco biselado de
seguridad en su lugar.
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Procedimiento
Paso 1. Silallave esta en la parte interior del marco biselado de seguridad, quitelo del marco.
a. O presione el pestillo para liberar la llave.

b. @ Quite la llave del clip de sujecién en la direccion mostrada.

Figura 301. Extraccion de la llave

Paso 2. Inserte con cuidado la pestafia del marco biselado de seguridad en las ranuras del pestillo derecho
del bastidor. A continuacion, presione y mantenga presionado el pestillo de liberacién l y rote el
marco biselado de seguridad hacia dentro hasta que el otro lado encaje en su sitio.

Figura 302. Instalacion del marco biselado de seguridad

Paso 3. Utilice la llave para bloquear el marco biselado de seguridad hasta la posicién cerrada.
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Figura 3083. Bloqueo del marco biselado de seguridad

Después de finalizar

Complete la sustitucién de piezas. Consulte “Completar la sustitucién de piezas” en la pagina 342.

Sustitucion del conjunto de la placa del sistema (solo técnico de soporte
experto)

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para extraer e instalar el conjunto de la placa del
sistema.

Importante: Esta tarea debe ser realizada por técnicos de servicio expertos certificados por el servicio de
Lenovo. No intente extraer ni instalar la pieza sin la capacitacion y calificacién adecuadas.

La siguiente ilustracion muestra el disefio del conjunto de la placa del sistema que contiene el firmware y
modulo de seguridad de RoT, la placa de E/S del sistema y la placa del procesador.
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de RoT

e “Sustitucién del firmware y médulo de seguridad de RoT (solo un técnico de servicio experto)” en la
pagina 308

e “Sustitucidén de la placa de E/S del sistema (solo un técnico de servicio especializado)” en la pagina 314

e “Sustitucion de la placa del procesador (solo un técnico de servicio experto)” en la pagina 321

Sustitucién del firmware y médulo de seguridad de RoT (solo un técnico
de servicio experto)

Siga las instrucciones de esta seccion para extraer e instalar el ThinkSystem V3 Firmware and Root of Trust
Security Module (firmware y mddulo de seguridad de RoT).

Importante: Esta tarea debe ser realizada por técnicos de servicio expertos certificados por el servicio de
Lenovo. No intente extraer ni instalar la pieza sin la capacitacion y calificacion adecuadas.

Extraccion del firmware y del médulo de seguridad de RoT

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para quitar el ThinkSystem V3 Firmware and Root of
Trust Security Module (firmware y médulo de seguridad de RoT).
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Acerca de esta tarea

Importante: Esta tarea debe ser realizada por técnicos de servicio expertos certificados por el servicio de
Lenovo. No intente extraer ni instalar la pieza sin la capacitacion y calificacién adecuadas.

Atencion:

¢ | ea “Directrices de instalacién” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

e Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacion y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

¢ FEvite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacién y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexioén a tierra.

¢ Después de sustituir el firmware y médulo de seguridad de RoT, actualice el firmware a la version
especifica admitida por el servidor. Asegurese de tener el firmware requerido o una copia del firmware
preexistente antes de continuar.

Descarga de firmware y controlador: es posible que deba actualizar el firmware o el controlador después
de sustituir un componente.

e Vaya a https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr650v3/downloads/driver-list/
para ver las actualizaciones mas recientes de firmware y controlador para su servidor.

¢ Acceda a “Actualizacion del firmware” en la Guia del usuario o la Guia de configuracion del sistema para
obtener mas informacién sobre las herramientas de actualizacién de firmware.

Procedimiento
Paso 1. Preparese para la tarea.

a. Realice los comandos de OneCLI para crear una copia de seguridad de los valores de UEFI.
Consulte https://pubs.lenovo.com/Ixce-onecli/onecli_r_save_command.

b. Realice tanto los comandos de OneCLI como acciones de XCC para crear una copia de
seguridad de los valores de XCC. Consulte https://pubs.lenovo.com/Ixce-onecli/onecli_r_save_
command y https://pubs.lenovo.com/xcc2/NN1ia_c_backupthexcc.html.

c. Siel servidor estd instalado en un bastidor, deslice el servidor hacia fuera de los rieles de
deslizamiento del bastidor para acceder a la cubierta superior, o quite el servidor del bastidor.
Consulte “Extraccion del servidor de un bastidor” en la pagina 35.

d. Extraiga la cubierta superior. Consulte “Extraccion de la cubierta superior” en la pagina 340.

e. Sisu servidor viene con conjuntos de expansién o un compartimiento de la unidad, quitelo
primero.

e “Extraccion de un conjunto de expansién posterior” en la pagina 286
e “Extraccion del compartimiento de la unidad de 7 mm” en la pagina 253

e “Sustitucidn de la placa posterior de la unidad trasera y del compartimiento de la unidad”
en la pagina 262

Paso 2. Extraiga el firmware y moédulo de seguridad de RoT.
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Figura 305. Extraccidn del firmware y mdédulo de seguridad de RoT

a. © Suelte los dos tornillos del firmware y médulo de seguridad de RoT.

b. @ Levante el firmware y modulo de seguridad de RoT para sacarlo del chasis.

Después de finalizar

Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje
y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Instalacion del firmware y del médulo de seguridad de RoT

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccién para instalar ThinkSystem V3 Firmware and Root of
Trust Security Module (firmware y médulo de seguridad de RoT).

Acerca de esta tarea

Importante: Esta tarea debe ser realizada por técnicos de servicio expertos certificados por el servicio de
Lenovo. No intente extraer ni instalar la pieza sin la capacitacion y calificacién adecuadas.

Atencion:

¢ |ea “Directrices de instalaciéon” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

e Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacion y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

e FEvite la exposicion a la electricidad estética, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexién a tierra.

Descarga de firmware y controlador: es posible que deba actualizar el firmware o el controlador después
de sustituir un componente.

e Vaya a https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr650v3/downloads/driver-list/
para ver las actualizaciones mas recientes de firmware y controlador para su servidor.

¢ Acceda a “Actualizacion del firmware” en la Guia del usuario o la Guia de configuracion del sistema para
obtener mas informacion sobre las herramientas de actualizacién de firmware.
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Procedimiento

Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene la nueva pieza con cualquier superficie no
pintada de la parte exterior del servidor. A continuacién, saque la pieza nueva de la bolsa 'y
coléquela en una superficie antiestatica.

Paso 2. Instale el firmware y médulo de seguridad de RoT en el servidor.

Figura 306. Instalacion del firmware y moédulo de seguridad de RoT

a © Baje el firmware y modulo de seguridad de RoT sobre la placa de E/S del sistemay
asegurese de que el conector en el médulo esté insertado correctamente en la ranura de la
placa de E/S del sistema.

b. @ Apriete los dos tornillos para asegurar el firmware y modulo de seguridad de RoT en su
lugar.

Después de finalizar

1. Instale cualquier componente que haya extraido:

e ‘“Instalacién de un conjunto de expansién posterior” en la pagina 298
¢ ‘“Instalacidon del compartimiento de la unidad de 7 mm” en la pagina 260
e “Sustitucion de la placa posterior de la unidad trasera y del compartimiento de la unidad” en la
pagina 262
2. Complete la sustitucion de piezas. Consulte “Completar la sustitucion de piezas” en la pagina 342.

3. Actualice el firmware de la UEFI, XCC y LXPM a la version especifica que el servidor admite. Consulte
https://glosse4lenovo.lenovo.com/wiki/glosse4lenovo/view/How %20To/System %20related/
How %20t0%20d0%20RoT%20Module %20FW %20update %200n%20ThinkSystem%20V3%20machines/
(solo técnicos de servicio de Lenovo).

4. Realice los comandos de OneCLI para restaurar los valores de UEFI. Consulte https://pubs.lenovo.com/
Ixce-onecli/onecli_r_restore_command.

5. Realice tanto los comandos de OneCLI como acciones de XCC para restaurar los valores de XCC.
Consulte https://pubs.lenovo.com/Ixce-onecli/onecli_r_restore_command y https://pubs.lenovo.com/xcc2/
NN1ia_c_restorethexcc.html.
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6. Sihay una clave de software (SW) (por ejemplo, la clave FoD de XCC) instalada en el sistema, vuelva a
insertar la clave para asegurarse de que funciona correctamente. Consulte Using Lenovo Features on
Demand.

Nota: Sinecesita reemplazar la placa del procesador junto con el firmware y médulo de seguridad de
RoT, actualice el VPD antes de insertar la clave. Consulte Actualizacién de los datos de producto
fundamentales (VPD).

7. Opcionalmente, haga lo siguiente si es necesario:
¢ QOcultar/observar TPM. Consulte “Ocultar/observar TPM” en la pagina 312.
e Actualizar el firmware de TPM. Consulte “Actualizar el firmware de TPM” en la pagina 313.
e Habilitar el arranque seguro de UEFI. Consulte “Habilitacion del arranque seguro de UEFI” en la
pagina 313.
Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Ocultar/observar TPM

TPM esta habilitado de manera predeterminada para cifrar la transferencia de datos para la operacién del
sistema. De manera opcional, puede deshabilitar TPM utilizando Lenovo XClarity Essentials OneCLI.

Para deshabilitar TPM, haga lo siguiente:
1. Descargue e instale Lenovo XClarity Essentials OneCLI.
Para descargar un Lenovo XClarity Essentials OneCLl, visite el siguiente sitio:

https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433

2. Ejecute el siguiente comando:
OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.HideTPMfrom0S "Yes" --imm <userid>:<password>@<ip_address>
--override

donde:

* <userid>:<password> son las credenciales que se utilizan para acceder a BMC (interfaz Lenovo
XClarity Controller) del servidor. El Id. de usuario predeterminado es USERID, y la contrasefia
predeterminada es PASSWORD (cero, no una letra “o0” mayuscula)

® <jp_address> es la direccion IP de BMC.

Ejemplo:

ComputingGroup. Hide rondsS “Yes' imm USER 0. 245 9 --gverride

3. Rearranque el sistema.

Si desea volver a habilitar TPM, ejecute el siguiente comando y reinicie el sistema:
OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.HideTPMfrom0S "No" --imm <userid>:<password>@<ip_address> --override

Ejemplo:
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deTPMfrondS "No” --imm USER D=1 ! e

nt and OneCLI Legal Information can be found at the following location:

sk |l Gl e e e e e e e e e e e e e

Actualizar el firmware de TPM
De manera opcional, puede actualizar el firmware de TPM utilizando Lenovo XClarity Essentials OneCLI.

Nota: La actualizacién de firmware de TPM es irreversible. Después de la actualizacion, el firmware de TPM
no puede actualizarse a versiones anteriores.
Version de firmware de TPM

Siga el procedimiento que se indica a continuacion para ver la versién de firmware de TPM:

Desde Lenovo XClarity Provisioning Manager

1. Inicie el servidor y presione la tecla especificada en las instrucciones en pantalla para mostrar la interfaz
de Lenovo XClarity Provisioning Manager. (Para obtener mas informacion, consulte la seccion
“Arranque” en la documentacion de LXPM compatible con su servidor en https://pubs.lenovo.com/Ixpm-
overview/.)

2. Siserequiere la contrasefia de administrador de encendido, ingrese la contrasefia.

3. En la pagina configuracién de UEFI, haga clic en Valores del sistema - Seguridad = Mddulo de
plataforma fiable = TPM 2.0 = Version de firmware de TPM.

Actualizar el firmware de TPM
Para actualizar el firmware de TPM, haga lo siguiente:
1. Descargue e instale Lenovo XClarity Essentials OneCLI.
Para descargar un Lenovo XClarity Essentials OneCLlI, visite el siguiente sitio:

https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433

2. Ejecute el siguiente comando:
OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.DeviceOperation "Update to TPM 2.0 firmware version <x.x.x.x>" --bmc
<userid>:<password>@<ip_address>

donde:
® <x.X.X.x> es la version de destino de TPM.

por ej. TPM 2.0 (7.2.1.0) -> TPM 2.0 (7.2.2.0):

OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.DeviceOperation "Update to TPM 2.0 firmware version 7.2.2.0" --bmc
<userid>:<password>@<ip_address>

® <userid>:<password> son las credenciales que se utilizan para acceder a BMC (interfaz Lenovo
XClarity Controller) del servidor. El Id. de usuario predeterminado es USERID, y la contrasefa
predeterminada es PASSWORD (cero, no una letra “o” mayuscula).

® <jp_address> es la direccion IP de BMC.

Habilitacién del arranque seguro de UEFI
Opcionalmente, puede habilitar el arranque seguro de UEFI.
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Existen dos métodos disponibles para habilitar el arranque seguro de UEFI:
¢ Desde Lenovo XClarity Provisioning Manager

Para habilitar el arranque seguro de UEFI desde Lenovo XClarity Provisioning Manager:

1. Inicie el servidor y presione la tecla especificada en las instrucciones en pantalla para mostrar la
interfaz de Lenovo XClarity Provisioning Manager. (Para obtener mas informacién, consulte la seccidon
“Arranque” en la documentacion de LXPM compatible con su servidor en https://pubs.lenovo.com/
Ixpm-overview/.)

2. Sise requiere la contrasefia de administrador de encendido, ingrese la contrasena.

3. Enla pagina de configuracion de UEFI, haga clic en Valores del sistema - Seguridad = Arranque
seguro.

4. Habilite la opcion Secure Boot y guarde la configuracion.

Nota: Sise necesita deshabilitar el arranque seguro de UEFI, seleccione Deshabilitar en el paso 4.
¢ Desde Lenovo XClarity Essentials OneCLI

Para habilitar el arranque seguro de UEFI desde Lenovo XClarity Essentials OneCLI:
1. Descargue e instale Lenovo XClarity Essentials OneCLlI.
Para descargar un Lenovo XClarity Essentials OneCLl, visite el siguiente sitio:

https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433

2. Ejecute el siguiente comando para habilitar el arranque seguro:
OneCli.exe config set SecureBootConfiguration.SecureBootSetting Enabled --bmc <userid>:<password>@<ip_
address>

donde:

— <userid>:<password> son las credenciales que se utilizan para acceder a BMC (interfaz Lenovo
XClarity Controller) del servidor. El Id. de usuario predeterminado es USERID, y la contrasefa
predeterminada es PASSWORD (cero, no una letra “o” mayuscula)

— <ip_address> es la direccion IP de BMC.
Para obtener mas informacion acerca del comando Lenovo XClarity Essentials OneCLlI set, consulte:

https://pubs.lenovo.com/Ixce-onecli/onecli_r_set_command
Nota: Sise necesita deshabilitar el arranque seguro de UEFI, ejecute el siguiente comando:

OneCli.exe config set SecureBootConfiguration.SecureBootSetting Disabled --bmc <userid>:<password>@<ip_
address>

Sustitucion de la placa de E/S del sistema (solo un técnico de servicio
especializado)

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccién para quitar e instalar la placa de E/S del sistema del
conjunto de la placa del sistema.

Importante: Esta tarea debe ser realizada por técnicos de servicio expertos certificados por el servicio de
Lenovo. No intente extraer ni instalar la pieza sin la capacitacion y calificacién adecuadas.

Extraccion de la placa de E/S del sistema
Siga las instrucciones que aparecen en esta seccién para quitar la placa de E/S del sistema.

Acerca de esta tarea
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Importante:

e Esta tarea debe ser realizada por técnicos de servicio expertos certificados por el servicio de Lenovo. No
intente extraer ni instalar la pieza sin la capacitacion y calificacién adecuadas.

e Al quitar los médulos de memoria, etiquete el nimero de ranura en cada mdédulo de memoria, quite todos
los médulos de memoria del conjunto de la placa del sistema y déjelos a un lado en una superficie de
proteccidn antiestatica para reinstalarlos posteriormente.

¢ Al desconectar los cables, cree una lista de cada cable y anote los conectores a los que esta
conectado el cable y use sus notas como una lista de comprobacion de cableado después de
instalar el nuevo conjunto de la placa del sistema.

Atencion:

¢ Lea “Directrices de instalacion” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccién de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

e Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacion y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

¢ Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otros sistemas
de conexion a tierra.

PRECAUCION:
Hay piezas en movimiento peligrosas. Mantenga alejados los dedos y otras partes del cuerpo.

PRECAUCION:

A A

Es posible que la temperatura de los disipadores de calor y de los procesadores sea muy elevada.
Apague el servidor y espere varios minutos para que el servidor se enfrie antes de extraer la cubierta
del servidor.

S002

N

PRECAUCION:

El boton de control de encendido del dispositivo y el interruptor de alimentacion de la fuente de
alimentacion no cortan la corriente eléctrica suministrada al dispositivo. Es posible que el dispositivo
tenga también mas de un cable de alimentacion. Para cortar completamente la corriente eléctrica del
dispositivo, asegtrese de que todos los cables de alimentacion estén desconectados de la fuente de
alimentacion.
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Procedimiento
Paso 1. Preparese para esta tarea.

a.

Registre toda la informacién de la configuracion del sistema, como direcciones IP del Lenovo
XClarity Controller, datos de producto fundamentales y el tipo de equipo, nimero de modelo,
numero de serie, identificador Unico universal y etiqueta de propiedad del servidor.

Guarde la configuracion del sistema en un dispositivo externo con Lenovo XClarity Essentials.
Guarde el registro de sucesos del sistema en el soporte externo.

Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacion y
todos los cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

Si el servidor esté instalado en un bastidor, deslice el servidor hacia fuera de los rieles de
deslizamiento del bastidor para acceder a la cubierta superior, o quite el servidor del bastidor.
Consulte “Extraccion del servidor de un bastidor” en la pagina 35.

Extraiga la cubierta superior. Consulte “Extraccion de la cubierta superior” en la pagina 340.

Si su servidor viene con un deflector de aire, un compartimiento central, un compartimiento
posterior, quitelo primero.

e “Extraccioén del deflector de aire” en la pagina 47

e “Extraccion del compartimiento de la unidad y las placas posteriores de la unidad
centrales” en la pagina 201

e “Sustitucion de la placa posterior de la unidad trasera y del compartimiento de la unidad”
en la pagina 262

Si el servidor tiene un adaptador CFF o un médulo de alimentacion flash RAID instalado en la
parte frontal del chasis, quitelo primero.

e “Extraccién de un adaptador de expansion RAID/HBA interno” en la pagina 116
e “Extraccion de un médulo de alimentacion flash RAID del chasis” en la pagina 238

Anote donde estan conectados los cables al conjunto de la placa del sistemayy, a
continuacion, desconecte todos los cables.

Quite cualquiera de los componentes siguientes que estén instalados en el conjunto de la
placa del sistema y gudrdelos en un lugar antiestatico y seguro.

e “Extraccion de un ventilador del sistema” en la pagina 328
e “Extraccion del compartimiento del ventilador del sistema” en la pagina 332
e “Extraccion de un médulo de memoria” en la pagina 192

e “Sustitucidn de procesador y disipador de calor (solo técnicos capacitados)” en la pagina
214

“Extraccion de la bateria de CMOS?” en la pagina 52

“Extraccion de un conjunto de expansion posterior” en la pagina 286

“Extraccion del médulo de OCP posterior” en la pagina 279

Tire ligeramente de las fuentes de alimentacion. Asegurese de que estén desconectados del
conjunto de la placa del sistema.

Paso 2. Sustituya el conjunto de la placa del sistema.
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Figura 307. Extraccidon del conjunto de la placa del sistema

a. © Levante las dos asas al mismo tiempo.

b. © Deslice el conjunto de la placa del sistema hacia la parte frontal del chasis hasta que se
detenga.

c. ®incline y levante el conjunto de la placa del sistema para quitarla del chasis.

Paso 3. Separe la placa de E/S del sistema de la placa del procesador.

Nota: Para evitar que el contacto de la placa de E/S del sistema se dafie, sujete y levante un poco
el émbolo de la placa de E/S del sistema y saque la placa de E/S hacia fuera. Durante toda la
accion de extraccion, asegurese de que la placa de E/S del sistema permanezca lo mas horizontal
posible.

Figura 308. Separacion de la placa de E/S del sistema de la placa del procesador

a.  © Quite los tornillos que aseguran la placa de E/S del sistema.

b. © Levante y sostenga el asa trasera y deslice la placa de E/S del sistema hacia la parte
posterior para separarla de la placa del procesador.

Paso 4. Quite el firmware y médulo de seguridad de RoT de la placa de E/S del sistema. Consulte
“Extraccion del firmware y del médulo de seguridad de RoT” en la pagina 308.

Paso 5. Extraiga la tarjeta MicroSD. Consulte “Extraccion de la tarjeta MicroSD” en la pagina 196.

Después de finalizar
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Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje
y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Video de demostracion
Vea el procedimiento en YouTube

Instalacion de la placa de E/S del sistema
Siga las instrucciones que aparecen en esta seccién para instalar la placa de E/S del sistema.

Acerca de esta tarea

Importante: Esta tarea debe ser realizada por técnicos de servicio expertos certificados por el servicio de
Lenovo. No intente extraer ni instalar la pieza sin la capacitacion y calificacién adecuadas.

Atencion:

e Lea “Directrices de instalaciéon” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

e Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacion y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

¢ Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otros sistemas
de conexion a tierra.

Descarga de firmware y controlador: es posible que deba actualizar el firmware o el controlador después
de sustituir un componente.

¢ Vaya a https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr650v3/downloads/driver-list/
para ver las actualizaciones mas recientes de firmware y controlador para su servidor.

¢ Acceda a “Actualizacion del firmware” en la Guia del usuario o la Guia de configuracion del sistema para
obtener mas informacion sobre las herramientas de actualizacion de firmware.

Procedimiento

Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene la nueva pieza con cualquier superficie no
pintada de la parte exterior del servidor. A continuacion, saque la pieza nueva de la bolsa 'y
coléquela en una superficie antiestatica.

Paso 2. Instale el firmware y médulo de seguridad de RoT que quité de la antigua placa de E/S del sistema
en la nueva placa de E/S del sistema. Consulte “Instalacién del firmware y del médulo de seguridad
de RoT” en la pagina 310.

Paso 3. Instale la tarjeta MicroSD que extrajo de la antigua placa de E/S del sistema en la nueva placa de E/
S del sistema. Consulte “Instalacion de la tarjeta MicroSD” en la pagina 198.

Paso 4. Instale la placa de E/S del sistema.
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Figura 309. Instalacion de la placa de E/S del sistema en la placa del procesador

a. O Alinee los contactos de la placa de E/S del sistema con las ranuras de la placa del
procesador y use ambas manos para empujar la placa de E/S del sistema e insertarla
levemente en el conector.

Nota: Para evitar que los contactos de la placa de E/S del sistema se dafe, asegurese de que
la placa de E/S del sistema esté alineada correctamente con el conector de la placa del
procesador y de que se mantenga lo mas horizontal posible durante la insercion.

b. @ Instale los tornillos para instalar la placa de E/S del sistema en la chapa metalica de
soporte.

Paso 5. Instale el conjunto de la placa del sistema en el servidor.
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Figura 310. Instalacion del conjunto de la placa del sistema

a.  © Inserte el extremo frontal del conjunto de la placa del sistema hacia la parte frontal del
chasis hasta que se detenga.

b. @ Baje el otro extremo al interior del chasis.

c. © Desliceel conjunto de la placa del sistema hacia la parte trasera del chasis hasta que haga
clic en su lugar. Asegurese de que los conectores posteriores en la placa de E/S del sistema
se inserten en los orificios correspondientes del panel posterior.

Después de finalizar
1. Instale cualquier componente que haya extraido:

¢ “Instalacién de un procesador y disipador de calor” en la pagina 221
e ‘“Instalacién de un médulo de memoria” en la pagina 194
e ‘“Instalacién de la bateria CMOS” en la pagina 54
e “Instalacion de un adaptador de expansion RAID/HBA interno” en la pagina 118
e “Instalacién de un médulo de alimentacién flash RAID en el chasis” en la pagina 240
e “Instalacion de un ventilador del sistema” en la pagina 330
e ‘“Instalacién del compartimiento del ventilador del sistema” en la pagina 333
e ‘“Instalacién de un conjunto de expansién posterior” en la pagina 298

¢ “Instalacion de las placas posteriores de la unidad centrales y el compartimiento de la unidad” en la
pagina 204

“Instalacion del médulo de OCP trasero” en la pagina 280

“Sustitucion de la placa posterior de la unidad trasera y del compartimiento de la unidad” en la
pagina 262

2. Empuije las unidades de fuente de alimentacién en su lugar. Asegurese de que estén conectados al
conjunto de la placa del sistema.

3. Vuelva a conectar todos los cables necesarios a los mismos conectores del conjunto de la placa del
sistema. Consulte Capitulo 2 “Disposicion interna de los cables” en la pagina 345.

4. Asegurese de que todos los componentes se hayan vuelto a montar correctamente y de que no haya
quedado ninguna herramienta ni ningun tornillo flojo en el interior del servidor.

5. Reinstale la cubierta superior. Consulte “Instalacién de la cubierta superior” en la pagina 341.

6. Si el servidor se instald en un bastidor, vuelva a instalar el servidor en el bastidor. Consulte “Instalacién
del servidor en un bastidor” en la pagina 38.

7. Vuelva a conectar los cables de alimentacion y los demas cables que haya extraido.
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8. Encienda el servidor y los dispositivos periféricos. Consulte “Encendido del servidor” en la pagina 34.
Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Sustitucion de la placa del procesador (solo un técnico de servicio
experto)

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccién para quitar e instalar la placa del procesador del
conjunto de la placa del sistema.

Importante: Esta tarea debe ser realizada por técnicos de servicio expertos certificados por el servicio de
Lenovo. No intente extraer ni instalar la pieza sin la capacitacion y calificacién adecuadas.

Extraccion de la placa del procesador
Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para extraer la placa del procesador.

Acerca de esta tarea

Importante:

¢ Esta tarea debe ser realizada por técnicos de servicio expertos certificados por el servicio de Lenovo. No
intente extraer ni instalar la pieza sin la capacitacion y calificacién adecuadas.

e Al quitar los médulos de memoria, etiquete el nimero de ranura en cada mdédulo de memoria, quite todos
los médulos de memoria del conjunto de la placa del sistema y déjelos a un lado en una superficie de
proteccion antiestatica para reinstalarlos posteriormente.

¢ Al desconectar los cables, cree una lista de cada cable y anote los conectores a los que esta
conectado el cable y use sus notas como una lista de comprobacion de cableado después de
instalar el nuevo conjunto de la placa del sistema.

Atencion:

¢ | ea “Directrices de instalacién” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

e Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacion y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

¢ FEvite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otros sistemas
de conexioén a tierra.

PRECAUCION:
Hay piezas en movimiento peligrosas. Mantenga alejados los dedos y otras partes del cuerpo.

PRECAUCION:
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A A

Es posible que la temperatura de los disipadores de calor y de los procesadores sea muy elevada.
Apague el servidor y espere varios minutos para que el servidor se enfrie antes de extraer la cubierta
del servidor.
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PRECAUCION:

El boton de control de encendido del dispositivo y el interruptor de alimentacion de la fuente de
alimentacion no cortan la corriente eléctrica suministrada al dispositivo. Es posible que el dispositivo
tenga también mas de un cable de alimentacion. Para cortar completamente la corriente eléctrica del
dispositivo, asegurese de que todos los cables de alimentacién estén desconectados de la fuente de
alimentacion.

Procedimiento
Paso 1. Preparese para esta tarea.

a. Registre toda la informacion de la configuracién del sistema, como direcciones IP del Lenovo
XClarity Controller, datos de producto fundamentales y el tipo de equipo, nimero de modelo,
numero de serie, identificador Unico universal y etiqueta de propiedad del servidor.

b. Guarde la configuracion del sistema en un dispositivo externo con Lenovo XClarity Essentials.
Guarde el registro de sucesos del sistema en el soporte externo.

Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacion y
todos los cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

e. Siel servidor estd instalado en un bastidor, deslice el servidor hacia fuera de los rieles de
deslizamiento del bastidor para acceder a la cubierta superior, o quite el servidor del bastidor.
Consulte “Extraccion del servidor de un bastidor” en la pagina 35.

f.  Extraiga la cubierta superior. Consulte “Extraccion de la cubierta superior” en la pagina 340.

g. Sisu servidor viene con un deflector de aire, un compartimiento central, un compartimiento
posterior, quitelo primero.

e “Extraccion del deflector de aire” en la pagina 47

e “Extraccion del compartimiento de la unidad y las placas posteriores de la unidad
centrales” en la pagina 201

e “Sustitucién de la placa posterior de la unidad trasera y del compartimiento de la unidad”
en la pagina 262

h. Si el servidor tiene un adaptador CFF o un mdédulo de alimentacion flash RAID instalado en la
parte frontal del chasis, quitelo primero.

e “Extraccion de un adaptador de expansion RAID/HBA interno” en la pagina 116
e “Extraccion de un médulo de alimentacion flash RAID del chasis” en la pagina 238

i.  Anote donde estan conectados los cables al conjunto de la placa del sistemay, a
continuacion, desconecte todos los cables.

j.  Quite cualquiera de los componentes siguientes que estén instalados en el conjunto de la
placa del sistema y gudrdelos en un lugar antiestatico y seguro.
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e “Extraccion de un ventilador del sistema” en la pagina 328
e “Extraccion del compartimiento del ventilador del sistema” en la pagina 332
e “Extraccion de un médulo de memoria” en la pagina 192

e “Sustitucidn de procesador y disipador de calor (solo técnicos capacitados)” en la pagina
214

e “Extraccion de la bateria de CMOS” en la pagina 52
e “Extraccion de un conjunto de expansidn posterior” en la pagina 286
e “Extraccion del médulo de OCP posterior” en la pagina 279

k. Tire ligeramente de las fuentes de alimentacidn. Asegurese de que estén desconectados del
conjunto de la placa del sistema.

Paso 2. Sustituya el conjunto de la placa del sistema.

Figura 311. Extraccion del conjunto de la placa del sistema

a. O Levante las dos asas al mismo tiempo.

b. © Deslice el conjunto de la placa del sistema hacia la parte frontal del chasis hasta que se
detenga.

c. ®incline y levante el conjunto de la placa del sistema para quitarla del chasis.

Paso 3. Separe la placa de E/S del sistema de la placa del procesador.
Nota: Para evitar que el contacto de la placa de E/S del sistema se dafie, sujete y levante un poco
el émbolo de la placa de E/S del sistema y saque la placa de E/S hacia fuera. Durante toda la

accion de extraccioén, asegurese de que la placa de E/S del sistema permanezca lo mas horizontal
posible.
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Figura 312. Separacion de la placa de E/S del sistema de la placa del procesador

a.  © Quite los tornillos que aseguran la placa de E/S del sistema.

b. © Levante y sostenga el asa trasera y deslice la placa de E/S del sistema hacia la parte
posterior para separarla de la placa del procesador.

Después de finalizar

¢ Sise le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del
embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Importante: Antes de devolver la placa del procesador, asegurese de instalar las cubiertas del zécalo del
procesador de la nueva placa del procesador. Para sustituir una cubierta para el zécalo del procesador:

1. Tome una cubierta de zécalo del conjunto de zécalos del procesador de la nueva placa del
procesador y oriéntela correctamente sobre el conjunto de zécalos del procesador en la placa del
procesador extraida.

2. Presione suavemente los soportes de la cubierta para el zécalo hacia el conjunto de zdcalo del
procesador, presionando por los bordes para evitar dafar las patillas del zécalo. Es posible que
escuche un clic en la cubierta del zécalo que indica que esta conectada de forma segura.

3. Aseglrese de que la cubierta para el zécalo esté correctamente ajustada al conjunto de zécalo del
procesador.

¢ Sitiene pensado reciclar el componente, consulte “Desensamblaje del conjunto de la placa del sistema
para el reciclaje” en la Guia del usuario.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Instalacion de la placa del procesador
Siga las instrucciones que aparecen en esta seccién para instalar la placa del procesador.

Acerca de esta tarea

Importante: Esta tarea debe ser realizada por técnicos de servicio expertos certificados por el servicio de
Lenovo. No intente extraer ni instalar la pieza sin la capacitacion y calificacién adecuadas.

Atencion:
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¢ | ea “Directrices de instalacion” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

¢ Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacién y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

¢ Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexion a tierra.

Descarga de firmware y controlador: es posible que deba actualizar el firmware o el controlador después
de sustituir un componente.

e Vaya a https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr650v3/downloads/driver-list/
para ver las actualizaciones mas recientes de firmware y controlador para su servidor.

¢ Acceda a “Actualizacion del firmware” en la Guia del usuario o la Guia de configuracion del sistema para
obtener mas informacioén sobre las herramientas de actualizacion de firmware.

Procedimiento

Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene la nueva pieza con cualquier superficie no
pintada de la parte exterior del servidor. A continuacion, saque la pieza nueva de la bolsa 'y
coléquela en una superficie antiestatica.

Paso 2. Instale la placa de E/S del sistema. Consulte “Instalacion de la placa de E/S del sistema” en la
pagina 318.

Paso 3. Instale el conjunto de la placa del sistema en el servidor.

Figura 313. Instalacidon del conjunto de la placa del sistema

a. @ Inserte el extremo frontal del conjunto de la placa del sistema hacia la parte frontal del
chasis hasta que se detenga.

b. @ Baje el otro extremo al interior del chasis.

c. © Desliceel conjunto de la placa del sistema hacia la parte trasera del chasis hasta que haga
clic en su lugar. Asegurese de que los conectores posteriores en la placa de E/S del sistema
se inserten en los orificios correspondientes del panel posterior.

Después de finalizar
1. Instale cualquier componente que haya extraido:

e “Instalacién de un procesador y disipador de calor” en la pagina 221
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e “Instalacién de un médulo de memoria” en la pagina 194

e “Instalacion de la bateria CMOS” en la pagina 54

e “Instalacién de un adaptador de expansion RAID/HBA interno” en la pagina 118

e ‘“Instalacién de un médulo de alimentacién flash RAID en el chasis” en la pagina 240
e “Instalacién de un ventilador del sistema” en la pagina 330

e ‘“Instalacién del compartimiento del ventilador del sistema” en la pagina 333

e ‘“Instalacién de un conjunto de expansién posterior” en la pagina 298

e “Instalacion de las placas posteriores de la unidad centrales y el compartimiento de la unidad” en la
pagina 204

“Instalacion del médulo de OCP trasero” en la pagina 280

“Sustitucién de la placa posterior de la unidad trasera y del compartimiento de la unidad” en la
pagina 262

. Empuje las unidades de fuente de alimentacion en su lugar. Asegurese de que estén conectados al

conjunto de la placa del sistema.

. Vuelva a conectar todos los cables necesarios a los mismos conectores del conjunto de la placa del

sistema. Consulte Capitulo 2 “Disposicion interna de los cables” en la pagina 345.

. Asegurese de que todos los componentes se hayan vuelto a montar correctamente y de que no haya

quedado ninguna herramienta ni ningun tornillo flojo en el interior del servidor.

. Reinstale la cubierta superior. Consulte “Instalacion de la cubierta superior” en la pagina 341.
. Si el servidor se instalé en un bastidor, vuelva a instalar el servidor en el bastidor. Consulte “Instalacion

del servidor en un bastidor” en la pagina 38.

7. Vuelva a conectar los cables de alimentacion y los demds cables que haya extraido.
8. Encienda el servidor y los dispositivos periféricos. Consulte “Encendido del servidor” en la pagina 34.
9. Actualice los datos de producto fundamentales (VPD). Consulte “Actualizacion de los datos de producto

fundamentales (VPD)” en la pagina 326.

Puede encontrar el nimero de tipo de equipo y de serie en la etiqueta de ID. Consulte “Identificacién del
servidor y acceso a Lenovo XClarity Controller” en la Guia del usuario o en la Guia de configuracion del
sistema.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Actualizacion de los datos de producto fundamentales (VPD)
Utilice este tema para actualizar los datos de producto fundamentales (VPD).

¢ (Requerido) Tipo de equipo

(Requerido) Numero de serie
(Requerido) Modelo del sistema
(Opcional) Etiqueta de propiedad
(Opcional) UUID

Herramientas recomendadas:

¢ |enovo XClarity Provisioning Manager

¢ Comandos de Lenovo XClarity Essentials OneCLI
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Uso de Lenovo XClarity Provisioning Manager
Pasos:
1. Inicie el servidor y presione la tecla de acuerdo con las instrucciones en pantalla. La interfaz de Lenovo
XClarity Provisioning Manager se mostrara de forma predeterminada.
2. Hagaclic o en la esquina superior derecha de la Lenovo XClarity Provisioning Manager interfaz
principal.
3. Haga clic en Actualizar VPD. Luego, siga las instrucciones en pantalla para actualizar el VPD.

Uso de comandos de Lenovo XClarity Essentials OneCLI

e Actualizacion de tipo de equipo
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdName <m/t_model> [access_method]

¢ Actualizacion de nimero de serie
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoSerialNum <s/n> [access_method]

¢ Actualizando el modelo del sistema

onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdIdentifier <system model> [access_method]

¢ Actualizacion de etiqueta de activo
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysEncloseAssetTag <asset_tag> [access_method]

¢ Actualizacién de UUID
onecli config createuuid SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoUUID faccess_method]

Variable Descripcion

Tipo de equipo y numero de modelo del servidor.

/t del . . . ,
<m/t_moael> Escriba xxxxyyyyyy, donde xxxx es el tipo de equipo e yyyyyy es el numero de modelo del

servidor.

Numero de serie del servidor.

<s/n> . . .
Escriba zzzzzzzz (de 8 a 10 caracteres de longitud), donde zzzzzzzz es el nUmero de

serie.

Modelo del sistema en el servidor.
<system model>
Escriba system yyyyyyyy, donde yyyyyyyy es el identificador del producto.
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Numero de etiqueta de propiedad del servidor.

<asset_tag> .
Escriba aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, donde aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

es el niumero de etiqueta de propiedad.

Método de acceso que elegido para acceder al servidor de destino.

e KCS en linea (no autenticado y restringido al usuario):
Puede eliminar [access_method] directamente desde el comando.

e LAN autenticada en linea:
En este caso, especifique la informacion de la cuenta LAN que se encuentra al final del
comando OneCLlI:
--bmc-username <user_id> --bmc-password <password>

e WAN/LAN remoto:

[access_method] En este caso, especifique la informacion de la cuenta XCC y la direccion IP que se
encuentra al final del comando OneCLI:

--bmc <bmc_user_id>:<bmc_password>@<bmc_external_IP>

Notas:

- <bmc_user_id>
El nombre de cuenta de BMC (1 de 12 cuentas). El valor predeterminado es USERID.

- <bmc_password>
La contrasefia de la cuenta BMC (1 de 12 cuentas).

Sustitucion del ventilador del sistema

Utilice esta informacidn para quitar e instalar un ventilador del sistema.

e “Extraccion de un ventilador del sistema” en la pagina 328
e ‘“Instalacién de un ventilador del sistema” en la pagina 330

Extraccion de un ventilador del sistema

Utilice esta informacion para quitar un ventilador del sistema.

Acerca de esta tarea

£2)

PRECAUCION:

Peligro con la energia. Los voltajes con energia peligrosa pueden provocar calentamiento cuando se
ocasiona un cortocircuito con metales. Esto puede dar como resultado metales esparcidos,
quemaduras o ambos.

S033
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PRECAUCION:
Hay aspas de ventilador en movimiento peligrosas cerca. Mantenga alejados los dedos y otras partes
del cuerpo.

Atencion:

¢ | ea “Directrices de instalacién” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

¢ FEvite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexion a tierra.

e Al quitar un ventilador de intercambio en caliente sin apagar el servidor, no toque el compartimiento del
ventilador del sistema. Con la alimentacion encendida, realice la sustitucién en menos de 30 segundos
para asegurar el funcionamiento correcto.

Procedimiento

Paso 1. Si el servidor esté instalado en un bastidor, deslice el servidor hacia fuera de los rieles de
deslizamiento del bastidor para acceder a la cubierta superior, o quite el servidor del bastidor.
Consulte “Extraccion del servidor de un bastidor” en la pagina 35.

Paso 2. Extraiga la cubierta superior. Consulte “Extraccién de la cubierta superior” en la pagina 340.
Paso 3. Extraccion de ventilador del sistema.

&I

=1

Figura 314. Extraccidn del ventilador del sistema

a © Sujete la parte superior del ventilador del sistema con los dedos.

b. © Levante el ventilador del sistema hacia fuera del servidor.
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Después de finalizar

1. Instale un ventilador de sistema o instale relleno de ventilador nuevo para cubrir la bahia de ventilador.
Consulte “Instalacion de un ventilador del sistema” en la pagina 330.

2. Sise le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del
embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Instalacion de un ventilador del sistema

Utilice esta informacidn para instalar un ventilador del sistema.

Acerca de esta tarea

£2)

PRECAUCION:

Peligro con la energia. Los voltajes con energia peligrosa pueden provocar calentamiento cuando se
ocasiona un cortocircuito con metales. Esto puede dar como resultado metales esparcidos,
quemaduras o ambos.

S033

S017

PRECAUCION:
Hay aspas de ventilador en movimiento peligrosas cerca. Mantenga alejados los dedos y otras partes
del cuerpo.

Atencion:

e |Lea “Directrices de instalaciéon” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

¢ Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacién y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexion a tierra.

¢ Alinstalar un ventilador de intercambio en caliente sin apagar el servidor, no toque el compartimiento del
ventilador del sistema. Con la alimentacion encendida, realice la sustitucién en menos de 30 segundos
para asegurar el funcionamiento correcto.

Procedimiento
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Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene la nueva pieza con cualquier superficie no
pintada de la parte exterior del servidor. A continuacion, saque la pieza nueva de la bolsa 'y
coléquela en una superficie antiestatica.

Paso 2. Coloque el ventilador del sistema sobre el compartimiento del ventilador del sistema. El conector

del ventilador del sistema ubicado en la parte inferior del ventilador del sistema debe estar
orientado hacia la parte posterior del chasis. Presione el ventilador del sistema hacia abajo, hasta

gue esté en su lugar.

Figura 315. Instalacion del ventilador del sistema

Después de finalizar

Complete la sustitucién de piezas. Consulte “Completar la sustitucién de piezas” en la pagina 342.
Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube
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Sustitucion del compartimiento del ventilador del sistema

Utilice esta informacién para quitar e instalar el compartimiento del ventilador del sistema.

e “Extraccion del compartimiento del ventilador del sistema” en la pagina 332
¢ “Instalacién del compartimiento del ventilador del sistema” en la pagina 333

Extraccion del compartimiento del ventilador del sistema

Utilice esta informacién para quitar el compartimiento del ventilador del sistema.

Acerca de esta tarea

Atencion:

¢ | ea “Directrices de instalacion” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

e Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacion y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

¢ Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexioén a tierra.

Procedimiento

Paso 1. Si el servidor estd instalado en un bastidor, deslice el servidor hacia fuera de los rieles de
deslizamiento del bastidor para acceder a la cubierta superior, o quite el servidor del bastidor.
Consulte “Extraccion del servidor de un bastidor” en la pagina 35.

Paso 2. Extraiga la cubierta superior. Consulte “Extraccién de la cubierta superior” en la pagina 340.

Paso 3. (Opcional) Si desea sustituir el compartimiento del ventilador del sistema, quite todos los
ventiladores primero. Consulte “Extraccidn de un ventilador del sistema” en la pagina 328.Si esta
quitando el compartimiento del ventilador del sistema para acceder a otros componentes, puede
quitarlo con los ventiladores del sistema instalado.

Paso 4. Quite el compartimiento del ventilador del sistema.
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Figura 316. Extraccion del compartimiento del ventilador del sistema

a. © Girelas palancas del compartimiento del ventilador del sistema a la parte posterior del
servidor.

b. © Levanteel compartimiento del ventilador en un movimiento recto hacia fuera del chasis.

Después de finalizar

Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje
y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Instalacion del compartimiento del ventilador del sistema

Utilice esta informacidn para instalar el compartimiento del ventilador del sistema.

Acerca de esta tarea

Atencion:

¢ |ea “Directrices de instalacién” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

e Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacion y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

¢ FEvite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexion a tierra.

Procedimiento
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Figura 317. Instalacion de compartimiento del ventilador del sistema

Paso 1. Alinee el compartimiento del ventilador del sistema con las guias de montaje en ambos lados del
chasis y bajelo hacia el chasis.

Paso 2. Gire el ventilador las palancas del compartimiento del ventilador hacia abajo hasta que este encaje
en su sitio.

Nota: Sihay ventiladores del sistema instalados en el compartimiento del ventilador del sistema,

asegurese de que los ventiladores estén conectados correctamente a los conectores del ventilador
en el conjunto de la placa del sistema.

Después de finalizar

1. Si quito los ventiladores del sistema, vuelva a instalarlos. Consulte “Instalacion de un ventilador del
sistema” en la pagina 330.

2. Complete la sustitucidn de piezas. Consulte “Completar la sustitucién de piezas” en la pagina 342.
Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Sustitucion de médulo de puerto serie

Utilice esta informacioén para quitar e instalar el médulo de puerto serie.

Extraccion de un médulo de puerto serie

Utilice esta informacion para quitar un médulo de puerto serie.

Acerca de esta tarea

Atencion:
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¢ | ea “Directrices de instalacion” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

¢ Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacién y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

¢ Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacion y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexion a tierra.

Procedimiento
Nota: La abrazadera de expansion en las ilustraciones siguientes podria tener un aspecto diferente al de su
abrazadera de expansién. El procedimiento de extraccién es el mismo.

Paso 1. Si el servidor esta instalado en un bastidor, deslice el servidor hacia fuera de los rieles de
deslizamiento del bastidor para acceder a la cubierta superior, o quite el servidor del bastidor.
Consulte “Extraccion del servidor de un bastidor” en la pagina 35.

Paso 2. Extraiga la cubierta superior. Consulte “Extraccién de la cubierta superior” en la pagina 340.
Paso 3. Desconecte el cable del médulo de puerto serie del conjunto de la placa del sistema.

Notas:

¢ Sinecesita desconectar los cables del conjunto de la placa del sistema, primero quite todos los
pestillos o pestanas de liberacion de los conectores de cables. Si no libera la pestana antes de
retirar los cables, los zdcalos de los cables del conjunto de la placa del sistema resultaran
dafhados. Cualquier dafo a los zécalos de los cables podria requerir la sustitucion del conjunto
de la placa del sistema.

e Elaspecto de los conectores del conjunto de la placa del sistema podria ser diferente de los que
se muestran en la ilustracién, pero el proceso de retiro es el mismo.

1. Presione la pestana de liberacién para liberar el conector.
2. Desenganche el conector del zécalo de los cables.

Figura 318. Desconexion de los cables del conjunto de la placa del sistema

Paso 4. Quite el soporte de la tarjeta de expansion del servidor.
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Figura 319. Extraccidn de la abrazadera de expansion

Paso 5. Extraiga el médulo de puerto serie de la abrazadera de expansién.

Figura 320. Extraccion del mddulo de puerto serie

a. © Presione hacia abajo el pestillo del soporte.
b. © Abrael pestillo.
c. © Deslice el médulo de puerto serie fuera de la abrazadera de expansion.

Paso 6. (Opcional) Si necesita sustituir el soporte del puerto serie, utilice una llave de 5 mm para desmontar
el cable del puerto serie del soporte.
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Figura 321. Desensamblaje del mddulo de puerto serie

Después de finalizar

1. Instale un nuevo médulo de puerto serie, un adaptador PCle o un relleno para cubrir el espacio.
Consulte “Instalacion de un médulo de puerto serie” en la pagina 337 y “Instalaciéon de un conjunto de
expansion posterior” en la pagina 298.

2. Sise le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del
embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Instalacion de un moédulo de puerto serie

Utilice esta informacién para instalar el médulo de puerto serie.

Acerca de esta tarea

Atencion:

¢ Lea “Directrices de instalacion” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccién de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

e Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacion y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

¢ Evite la exposicion a la electricidad estatica, que podria producir fallas en el sistema y la pérdida de datos;
para ello, mantenga los componentes sensibles a la estatica en sus envases antiestaticos hasta la
instalacién y manipule estos dispositivos con una mufiequera de descarga electrostatica u otro sistema
de conexion a tierra.

Procedimiento
Nota: La abrazadera de expansion en las ilustraciones siguientes podria tener un aspecto diferente al de su
abrazadera de expansion. El procedimiento de instalacién es el mismo.

Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene la nueva pieza con cualquier superficie no
pintada de la parte exterior del servidor. A continuacion, saque la pieza nueva de la bolsa 'y
coléquela en una superficie antiestatica.

Paso 2. Utilice una llave de 5 mm para instalar el cable del puerto serie en el soporte.

Capitulo 1. Procedimientos de sustitucién del hardware 337


https://www.youtube.com/watch?v=yn0KOEFtPyc

Figura 322. Ensamblaje del mddulo de puerto serie

a. O Alinee el conector del cable del puerto serie con los orificios del soporte.
b. @ Instale los dos tornillos para asegurar el conector del cable en la abrazadera.

Paso 3. Instale el médulo de puerto serie en la abrazadera de expansion.

Figura 3283. Instalacion del médulo de puerto serie

a. O Alinee el médulo del puerto serie con la abrazadera de expansion e insértelo en la
abrazadera de expansion.

b. © Cierreel pestillo de la abrazadera para fijar el médulo del puerto serie.

Paso 4. Instale el conjunto de expansiéon nuevamente en el servidor.
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Figura 324. Instalacion del conjunto de expansion

Paso 5. Conecte el cable de mdédulo de puerto serie al conector del médulo de puerto serie en el conjunto
de la placa del sistema. Para ver la ubicacién del conector, consulte “Conector del conjunto de la
placa del sistema” en la Guia del usuario.

Después de finalizar

1. Complete la sustitucion de piezas. Consulte “Completar la sustitucion de piezas” en la pagina 342.
2. Para habilitar el médulo de puerto serie en Linux o Microsoft Windows, siga uno de estos
procedimientos, segun el sistema operativo instalado:

Nota: Sila funcion Serie sobre LAN (SOL) o Servicios de gestion de emergencia (EMS) esta habilitada,
el puerto serie estara oculto en Linux y Microsoft Windows. Por lo tanto, es necesario deshabilitar SOL y
EMS para utilizar el puerto serie en sistemas operativos para los dispositivos serie.

e Para Linux:

Abra la herramienta ipmitool e ingrese el siguiente comando para deshabilitar la funcién Serie sobre
LAN (SOL):

-Ilanplus -HIP -U USERID -P PASSWORD sol deactivate
¢ Para Microsoft Windows:
a. Abra la herramienta ipmitool e ingrese el siguiente comando para deshabilitar la funciéon SOL:
-Ilanplus -H IP -U USERID -P PASSWORD sol deactivate

b. Abra Windows PowerShell y escriba el siguiente comando para deshabilitar la funcion de
Servicios de gestién de emergencia (EMS):

Bcdedit /ems off
c. Reinicie el servidor para asegurarse de que el valor de EMS surta efecto.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Sustitucioén de la cubierta superior

Siga las instrucciones de esta seccion para extraer e instalar la cubierta superior.
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https://www.youtube.com/watch?v=ab9NdQgXoes

Extraccion de la cubierta superior

Siga las instrucciones de esta seccion para extraer la cubierta superior.

S014

PRECAUCION:
Es posible que existan niveles peligrosos de voltaje, corriente y energia. Solo un técnico de servicio
cualificado esta autorizado a extraer las cubiertas donde esté adherida la etiqueta.

£2)

PRECAUCION:

Peligro con la energia. Los voltajes con energia peligrosa pueden provocar calentamiento cuando se
ocasiona un cortocircuito con metales. Esto puede dar como resultado metales esparcidos,
quemaduras o ambos.

S033

Acerca de esta tarea

Atencion:

e Lea “Directrices de instalacion” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

e Apague el servidor y los dispositivos periféricos y desconecte los cables de alimentacion y todos los
cables externos. Consulte “Apagado del servidor” en la pagina 34.

e Sij utiliza el servidor sin la cubierta superior, podrian producirse dafios en sus componentes. Para permitir
la refrigeracion y el flujo de aire adecuados, instale la cubierta superior antes de encender el servidor.

Procedimiento

Paso 1. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene la nueva pieza con cualquier superficie no
pintada de la parte exterior del servidor. A continuacion, saque la pieza nueva de la bolsa 'y
coldquela en una superficie antiestatica.

Paso 2. Extraiga la cubierta superior.

Atencién: Manipule la cubierta superior con cuidado. El pestillo de la cubierta superior puede
dafarse en caso de caerse la cubierta con el pestillo abierto.
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Figura 325. Extraccion de la cubierta superior

a. ®conun destornillador, gire la cerradura de bloqueo hasta la posicién de desbloqueo, tal
como se muestra.

b. © Presione el botén de liberacién del pestillo de la cubierta. Luego, el pestillo de la cubierta se
libera hasta cierto punto.

© Abra completamente el pestillo de la cubierta, como se muestra.

d. O Deslice la cubierta superior hacia la parte posterior hasta que se libere del chasis. A
continuacion, levante la cubierta superior del chasis y coloque la cubierta superior en una
superficie limpia y plana.

Después de finalizar

Si se le indica que devuelva el componente o dispositivo opcional, siga todas las instrucciones del embalaje
y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Instalacion de la cubierta superior

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccién para instalar la cubierta superior.

Acerca de esta tarea

Atencion:

e |ea “Directrices de instalacién” en la pagina 1 y “Lista de comprobacién de inspeccion de seguridad” en
la pagina 2 para asegurarse de trabajar con seguridad.

e Asegurese de que todos los cables, adaptadores y otros componentes estén instalados y colocados
correctamente y de que no hayan quedado herramientas o partes sueltas en el interior del servidor.
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https://www.youtube.com/watch?v=kYb0FOBMX8Q

e Asegurese de que todos los cables internos se han dispuesto correctamente. Consulte Capitulo 2
“Disposicion interna de los cables” en la pagina 345.

Procedimiento
Paso 1. Instale la cubierta superior a su servidor.

Atencién: Manipule la cubierta superior con cuidado. El pestillo de la cubierta superior puede
danarse en caso de caerse la cubierta con el pestillo abierto.

Figura 326. Instalacion de la cubierta superior

a © Asegurese de que el pestillo de la cubierta esté en la posicion de abierto. Baje la cubierta
superior al chasis hasta que ambos lados de la cubierta superior enganchen las guias a ambos
lados del chasis. Luego, deslice la cubierta superior hacia la parte frontal del chasis.

Nota: Antes de deslizar la cubierta superior hacia delante, asegurese de que todas las
pestanas de la cubierta superior encajen correctamente en el chasis.

b. O Gireel pestillo de la cubierta hasta que encaje en su posicion. Asegurese de que el seguro
de la cubierta esté completamente cerrado.

c.  © Utilice un destornillador para girar la cerradura de bloqueo a la posicién bloqueada.
Después de finalizar
Complete la sustitucion de piezas. Consulte “Completar la sustitucion de piezas” en la pagina 342.
Video de demostracion

Vea el procedimiento en YouTube

Completar la sustitucién de piezas

Repase la lista de comprobacién para completar la sustitucidon de piezas
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Para llevar a cabo la sustitucion de piezas, haga lo siguiente:

1.

Asegurese de que todos los componentes se hayan vuelto a montar correctamente y de que no haya
quedado ninguna herramienta ni ningun tornillo flojo en el interior del servidor.

. Tienda y fije correctamente los cables del servidor. Consulte la informacion de conexién y disposicion

de los cables para cada componente.

. Reinstalacion del deflector de aire. Consulte “Instalacion del deflector de aire” en la pagina 50.

Atencion: Para permitir una refrigeracion y un flujo de aire adecuados, vuelva a instalar el deflector de
aire antes de encender el servidor. Si utiliza el servidor con el deflector de aire extraido, pueden
producirse danos en los componentes de dicho servidor.

. Reinstale la cubierta superior. Consulte “Instalacion de la cubierta superior” en la pagina 341.

5. Si el servidor se instald en un bastidor, vuelva a instalar el servidor en el bastidor. Consulte “Instalacion

del servidor en un bastidor” en la pagina 38.

6. Vuelva a conectar los cables de alimentacion y los demas cables que haya extraido.

7. Encienda el servidor y los dispositivos periféricos. Consulte “Encendido del servidor” en la pagina 34.

8. Actualice la configuracion del servidor.

¢ Descargue e instale los controladores de dispositivos mas recientes: http://
datacentersupport.lenovo.com.

e Actualice el firmware del sistema. Consulte “Actualizacion del firmware” en la Guia del usuario o en la
Guia de configuracion del sistema.

e Actualice la configuracién de UEFI. Consulte https://pubs.lenovo.com/uefi-overview/.

¢ Vuelva a configurar las matrices de discos si se ha instalado o quitado una unidad de intercambio en
caliente o un adaptador RAID. Busque la documentacion de LXPM compatible con su servidor en
https://pubs.lenovo.com/Ixpm-overview/.
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Capitulo 2. Disposicion interna de los cables

Consulte esta seccién para establecer la disposicién de los cables para componentes especificos.

Para conectar los cables, utilice las siguientes directrices:

* Apague el servidor antes de conectar o desconectar los cables internos.

e Consulte la documentacion que se proporciona con los dispositivos externos para obtener instrucciones
adicionales sobre el cableado. Es posible que le sea mas facil orientar los cables antes de conectar los
dispositivos al servidor.

¢ Los identificadores de ciertos cables estan impresos sobre los cables que se proporcionan con el servidor
y los dispositivos opcionales. Utilice estos identificadores para conectar los cables a los conectores
correctos.

e Asegurese de que el cable no esté pinzado y de que no cubra conectores ni obstruya ningin componente
del conjunto de la placa del sistema.

e Asegurese de que los cables correspondientes pasen a través de los clips para cables.

Nota: Desacople todos los pestillos, las pestafias de liberacidn o los bloqueos de los conectores de los
cables cuando desconecte los cables del conjunto de la placa del sistema. Si no los libera antes de retirar
los cables, los zécalos de los cables del conjunto de la placa del sistema, los cuales son fragiles, resultaran
danados. Cualquier dafno a los z6calos de los cables podria requerir la sustitucién del conjunto de la placa
del sistema.

Identificacion de los conectores

Consulte esta seccién para ubicar e identificar los conectores de los tableros eléctricos.
e “Conectores de la placa posterior de la unidad” en la pagina 345

Para los conectores del conjunto de la placa del sistema, consulte “Conector del conjunto de la placa del
sistema” en la Guia del usuario.

Conectores de la placa posterior de la unidad

Consulte esta seccidn para ubicar los conectores en las placas posteriores de la unidad.

El servidor admite las siguientes placas posteriores en funcion de las configuraciones de servidor:

e “8placas posteriores SAS/SATA frontales de 2,5”” en la pagina 346

e “8placas posteriores AnyBay frontales de 2,5”” en la pagina 346

e “Placa posterior de expansién frontal de 24 unidades SAS/SATA de 2,5 pulgadas” en la pagina 347
e “Placa posterior frontal de 8 unidades SAS/SATA de 3,5”” en la pagina 347

e “12 placas posteriores SAS/SATA de 3,5”” en la pagina 347

e “Placa posterior frontal de 12 unidades AnyBay de 3,5”” en la pagina 348

e “Placa posterior de expansién frontal de 12 unidades SAS/SATA de 3,5 pulgadas” en la pagina 348
e “4 placas posteriores SAS/SATA centrales/traseras de 2,5”” en la pagina 348

¢ “Placa posterior central/trasera de 4 unidades AnyBay de 2,5 pulgadas” en la pagina 349

¢ “Placa posterior central de 4 unidades NVMe de 2,5”” en la pagina 349

* “Placa posterior central/trasera de 4 unidades SAS/SATA de 3,5”” en la pagina 349
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e “Placa posterior trasera de 2 unidades SAS/SATA de 3,5 pulgadas” en la pagina 349
e “Placa posterior trasera de 8 unidades SAS/SATA de 2,5”” en la pagina 350

8 placas posteriores SAS/SATA frontales de 2,5”

@ H 388535 -

© [ ©f

Figura 327. Conectores en la placa posterior de 8 unidades SAS/SATA de 2,5”

Conector SAS H Conector de alimentacion

8 placas posteriores AnyBay frontales de 2,5”

T
Lol “ CERRIEES | ’
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Figura 328. Conectores en la placa posterior de 8 unidades AnyBay de 2,5”

Conector NVMe 6-7 H Conector NVMe 4-5
H Conector SAS 1 Conector de alimentacion
H Conector NVMe 2-3 A Conector NVMe 0-1
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Placa posterior de expansion frontal de 24 unidades SAS/SATA de 2,5 pulgadas

Figura 329. Conectores de la placa posterior de expansion frontal de 24 unidades SAS/SATA de 2,5 pulgadas

Conector de alimentacién 2 A Conector SAS 0

H Conector SAS 1 A Conector de alimentacion 1

Placa posterior frontal de 8 unidades SAS/SATA de 3,5”

Figura 330. Conectores en la placa posterior de 8 unidades SAS/SATA de 3,5”

Conector SAS 1 H Conector SAS 0

H Conector de alimentacion

12 placas posteriores SAS/SATA de 3,5”

Figura 331. Conectores en la placa posterior de 12 unidades SAS/SATA de 3,5”

H Conector SAS 2 H Conector SAS 1

H Conector SAS 0 A Conector de alimentacion 1

H Conector de alimentacién 2
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Placa posterior frontal de 12 unidades AnyBay de 3,5”

Figura 332. Conectores en la placa posterior de 12 unidades AnyBay de 3,5”

I Conector SAS 2 H Conector NVMe 8-9

H Conector de alimentacion 2 A Conector SAS 1

H Conector SAS 0 A Conector NVMe 2-3
Conector NVMe 0-1 H Conector de alimentacion 1
Kl Conector NVMe 4-5 1 Conector NVMe 6-7

M Conector NVMe 10-11

Placa posterior de expansion frontal de 12 unidades SAS/SATA de 3,5 pulgadas

Figura 333. Conectores de la placa posterior de expansion frontal de 12 unidades SAS/SATA de 3,5 pulgadas

Conector SAS 0 Hl Conector SAS 1

H Conector de alimentacién

4 placas posteriores SAS/SATA centrales/traseras de 2,5”

Figura 334. Conectores en la placa posterior de 4 unidades SAS/SATA de 2,5”

Conector de alimentacion H Conector SAS
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Placa posterior central/trasera de 4 unidades AnyBay de 2,5 pulgadas

Figura 335. Conectores de placa posterior de 4 unidades AnyBay de 2,5”

Conector NVMe 2-3 H Conector de alimentacion

H Conector NVMe 0-1 1 Conector SAS

Placa posterior central de 4 unidades NVMe de 2,5”

.

Figura 336. Conectores en la placa posterior de 4 unidades NVMe de 2,5”

H Conector NVMe 2-3 H Conector NVMe 0-1

H Conector de alimentacion

Placa posterior central/trasera de 4 unidades SAS/SATA de 3,5”

o —— ‘;‘éqo h— %? 0
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Figura 337. Conectores en la placa posterior de 4 unidades SAS/SATA de 3,5”

H Conector SAS H Conector de alimentacion

Placa posterior trasera de 2 unidades SAS/SATA de 3,5 pulgadas

Figura 338. Conectores en la placa posterior de 2 unidades SAS/SATA de 3,5

Conector de alimentacion A Conector SAS
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Placa posterior trasera de 8 unidades SAS/SATA de 2,5”

Figura 339. Conectores en la placa posterior de 8 unidades SAS/SATA de 2,5”

Conector SAS 1

H Conector de alimentacion

I Conector SAS 0
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Unidades de 7 mm

En esta seccidn se proporciona informacién sobre la disposicidon de los cables de las unidades de 7 mm.

Nota: A continuacion se utilizan las unidades de 7 mm instaladas en la expansion 2 como ejemplo. La
disposicién de los cables para las unidades de 7 mm instaladas en la expansién 1 es similar.

e “Placas posteriores de 7 mm de 2 bahias no RAID SATA/NVMe” en la pagina 351

* “Placas posteriores de 7 mm de 2 bahias RAID NVMe” en la pagina 352

e “Placas posteriores de 7 mm de 2 bahias RAID SATA/NVMe” en la pagina 352

Placas posteriores de 7 mm de 2 bahias no RAID SATA/NVMe

Nota: Las placas posteriores de 2 bahias SATA/NVMe no RAID de 7 mm admiten la conexién de cable
SATA, la conexién de cable NVMe o la conexién de cable RAID.

T
I
|
B

L |

Figura 340. Disposicidn de los cables de alimentacion Figura 341. Disposicién de los cables de SATA

Desde Hasta Desde Hasta

Conector de Conector de Conector de sefial en la Conector de sefal de la

alimentacion en la placa alimentacion de 7 mm en el | placa posterior de la placa posterior M.2/7 mm

posterior de 7 mm conjunto de la placa del unidad de 7 mm en el conjunto de la placa
sistema del sistema
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escenario.

Figura 342. Disposicion de los cables NVMe

Nota: La ilustracién muestra cuatro opciones de
conexion de cables NVMe, pero las cuatro opciones se
excluyen mutuamente. Seleccione una de ellos segun su

[

Figura 343. Disposicion de los cables de RAID

Desde

Hasta

Desde

Hasta

Conector de sefial en la
placa posterior de la
unidad de 7 mm

K PCle 1

H Conector de sefial en la
placa posterior de la
unidad de 7 mm

K Adaptador 8i: CO

H PCle 3 (un procesador
instalado)

HPCle 8

[ PCle10

Placas posteriores de 7 mm de 2 bahias RAID NVMe

Placas posteriores de 7 mm de 2 bahias RAID SATA/NVMe

Nota: El enrutamiento de cables para los paneles posteriores de 7 mm de 2 bahias RAID NVMe es el mismo

que para los paneles posteriores de 7 mm de 2 bahias RAID SATA/NVMe.
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Figura 344. Disposicion de los cables de alimentacion

Figura 345. Disposicion de los cables de sefial

Desde

Hasta

Desde

Hasta

Conector de
alimentacion en la placa
posterior de 7 mm

Conector de
alimentaciéon de 7 mm en el
conjunto de la placa del
sistema

Conector de sefal en la
placa posterior de la
unidad de 7 mm

Conector de sefial de la
placa posterior M.2/7 mm

en el conjunto de la placa

del sistema

Modédulo de refrigeracion de agua directa

Utilice esta seccidn para comprender la disposicion de los cables del Mddulo de refrigeracion de agua

directa (DWCM).

Nota: Para obtener un mejor acceso a la disposicion de los cables, es necesario instalar las mangueras y
maodulo de sensor de deteccion de liquidos en un soporte designado y comprobar que el médulo esté
asegurado en los clips de sujecién. Use la ilustracién siguiente o “Instalacién del médulo de refrigeracién de
agua directa del procesador Lenovo Neptune(TM)” en la pagina 127 para obtener detalles.
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Figura 346. Disposicion de los cables del mddulo de refrigeracion de agua directa

Desde

Hasta

Cable de deteccion de filtraciones

Conector de deteccion de filtraciones
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Conectores de E/S frontal

Use la seccién para comprender la disposicion de los cables para los conectores de E/S frontal, incluidos el
conector VGA, el conector de diagndsticos externo, el conector del panel del operador frontal y los

conectores USB frontales.

e “Conectores de E/S frontal en los pestillos del bastidor” en la pagina 355
e “Conectores de E/S frontal en la bahia de soportes” en la pagina 355

Conectores de E/S frontal en los pestillos del bastidor

Nota: Al disponer un cable en el pestillo del bastidor, asegurese de que esté fijo en el marco superior del

soporte de cable. Para obtener mas detalles, consulte .

i
2]1]

Figura 347. Conector VGA frontal y conector de
diagndstico externo (pestillo del bastidor izquierdo)

N
1]

Figura 348. Panel frontal del operador y conectores USB

(pestillo del bastidor derecho)

Desde

Hasta

Desde

Hasta

Cable VGA

Conector VGA en el
conjunto de la placa del
sistema

Cable del panel frontal
del operador y USB

Conectores FIO y USB
en el conjunto de la placa
del sistema

H Cable de diagndsticos
externo

Conector de diagndsticos
externo en el conjunto de la
placa del sistema

Conectores de E/S frontal en la bahia de soportes

La ilustraciéon muestra la disposicion de los cables para el panel frontal del operador y los conectores USB
frontales en la bahia de soportes.
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En funcion del modelo de servidor, el servidor puede venir con un panel frontal del operador con pantalla
LCD (llamado panel de diagndstico integrado) o con un panel frontal del operador sin pantalla LCD.

H q

1l == =
=

Figura 349. Panel frontal del operador con pantalla LCD

| —

Figura 350. Panel frontal del operador sin pantalla LCD

Desde

Hasta

Desde

Hasta

Cable USB delantero

Conector USB frontal del
conjunto de la placa del
sistema

Cable USB delantero

Conector USB frontal del
conjunto de la placa del
sistema

H Cable del panel frontal

Conector de E/S frontal en
el conjunto de la placa del
sistema

H Cable del panel frontal

Conectores de E/S frontal
en el conjunto de la placa
del sistema
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GPU

Utilice esta seccion para comprender la disposicion para GPU.

Disposicion de los cables

Desde

Hasta

=

Cable de
alimentacion de GPU

Conector de alimentacién en la
tarjeta de expansion 1

H Cable de
alimentacion de GPU

Conector de alimentacién en la
tarjeta de expansion 2

H Cable de
alimentacion de GPU

Conector de alimentaciéon GPU
en el conjunto de la placa del
sistema
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Notas:

e En lailustraciéon se muestra un adaptador de GPU
instalado en cada tarjeta de extension. Si hay dos
adaptadores de GPU instalados, el cable de
alimentacion de GPU es un cable Y.

e Siel TDP del adaptador de GPU es igual o inferior a 75
vatios, el adaptador puede ser alimentado
directamente por la ranura de la tarjeta de extension.
No es necesaria la conexion del cable de alimentacion.

Si necesita instalar una placa posterior M.2 en el deflector de aire de GPU, consulte la siguiente ilustracién
para la disposicion de los cables en el deflector de aire. Disponga el cable de alimentaciéon de GPU de la
expansion 2 por debajo del soporte de la placa posterior M.2 hacia el conector de alimentacion de GPU en el

adaptador de GPU.
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Placas posteriores de la unidad M.2

Use esta seccién para comprender la disposicién de los cables para las placas posteriores de la unidad M.2.

El servidor admite una de las siguientes placas posteriores de la unidad M.2:

1] Placa posterior M.2 de 2 bahias y 4 unidades no RAID SATA/NVMe
2 ] Placa posterior M.2 de 2 bahias y 1 unidad RAID NVMe
H Placa posterior M.2 de 2 bahias RAID SATA/NVME

“Placa posterior M.2 de 2 bahias y 4 unidades no RAID SATA/NVMe” en la pagina 359
“Placa posterior M.2 de 2 bahias y 1 unidad RAID NVMe” en la pagina 364
“Placa posterior M.2 de 2 bahias RAID SATA/NVME” en la pagina 365

Placa posterior M.2 de 2 bahias y 4 unidades no RAID SATA/NVMe

Disposicion de los cables de alimentacion
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Figura 351. Disposicion de los cables de alimentacion

Desde

Hasta

Kl Conector de alimentacion en la placa posterior de
unidad M.2

Hl Conector de alimentacion M.2 en el conjunto de la
placa del sistema

Disposicion de los cables de sehal

La placa posterior de la unidad M.2 admite la conexion de cable SATA, NVMe o RAID.
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Figura 352. Disposicidn de los cables de SATA

Desde Hasta
Conector de sefial en la placa posterior de la unidad H Conector de sefial de la placa posterior M.2/7 mm en
M.2 el conjunto de la placa del sistema
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Nota: La siguiente ilustracién muestra cuatro opciones de conexion de cables NVMe, pero las cuatro
opciones se excluyen mutuamente. Seleccione una de ellos segun su escenario.

-

Figura 3583. Disposicion de los cables NVMe

Desde Hasta

PCle 1

H PCle 3 (un procesador instalado)

Conector de sefial en la placa posterior de la unidad M.2
HPCle 8

BAPCle 10
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Figura 354. Disposicion de los cables de RAID

Desde Hasta

ﬁ 2Conector de sefial en la placa posterior de la unidad ¥ Adaptador 8i: CO
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Placa posterior M.2 de 2 bahias y 1 unidad RAID NVMe

A 20 )
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Figura 355. Disposicion de los cables para la placa posterior M.2 de 2 bahias y 1 unidad RAID NVMe

Desde

Hasta

Kl Conector de sefial en la placa posterior de la unidad
M.2

Hl Conector de sefal de la placa posterior M.2/7 mm en
el conjunto de la placa del sistema

H Conector de alimentacion en la placa posterior de
unidad M.2

H Conector de alimentacion M.2 en el conjunto de la
placa del sistema
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Placa posterior M.2 de 2 bahias RAID SATA/NVME

i

Figura 356. Disposicion de los cables Placa posterior M.2 de 2 bahias RAID SATA/NVME

Desde Hasta

Kl Conector en la placa posterior de unidad M.2

e Conector de alimentacion M.2 en el conjunto de la
placa del sistema

e Conector de sefial de la placa posterior de 7 mm/M.2
en el conjunto de la placa del sistema
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Adaptador NIC de gestion

Utilice la seccién para comprender la disposicidn de los cables para ThinkSystem V3 Management NIC
Adapter Kit (adaptador NIC de gestion).
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Figura 357. Disposicion de los cables adaptador NIC de gestion

Desde Hasta

Adaptador NIC de gestion Segundo conector Ethernet de gestion en conjunto de la
placa del sistema
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Adaptador DPU

Utilice la seccion para comprender la disposicion de los cables para ThinkSystem NVIDIA BlueField-2 25GbE
SFP56 2-Port PCle Ethernet DPU w/BMC & Crypto (Adaptador DPU).

[ BP1 BP2 BP3

Figura 358. Disposicion de los cables Adaptador DPU

Desde Hasta
Adaptador DPU: Conector NC-SI Kit de habilitacion de OCP para vSphere DSE: Conector
NC-SI 1

Modulo de alimentacion flash RAID

Use esta seccidn para comprender la disposicion de cables de los médulos de alimentacion flash RAID
(también llamados supercondensadores).
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Tabla 12. Ubicacion de los médulos de alimentacion flash RAID

Figura 359. En el chasis Figura 360. En deflector de aire estandar
[ ] []
e Y7 H%ZI
D % O I
. D
R
e —
= e o o l:
Figura 361. En deflector de aire de GPU Figura 362. En el compartimiento de la unidad central de
25"
[ ]
[ ]

g J’Zﬁ"

/
@
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Se proporciona un cable de extension para cada médulo de alimentacién flash RAID para la conexion de
cables. Conecte el cable del mddulo de alimentacion flash RAID al adaptador RAID correspondiente, como
se muestra.

Desde Hasta

Modulo de alimentacion flash RAID Conector del supercondensador en el adaptador RAID
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Compartimiento de la tarjeta de expansion 3
Use esta seccién para comprender la disposicion de cables para el compartimiento de expansion 3.
Las siguientes ilustraciones muestran los compartimientos de expansién 3 PCle. Los tipos de tarjeta de

expansion varian segun el modelo de servidor. Para obtener informacion detallada, consulte “Ranuras PCle y
adaptadores PCle” en la pagina 13.

Compartimiento de expansién 3 Gen 4 Compartimiento de expansién 3 Gen 5

e “Alimentacion y conexion lateral de la tarjeta de expansién 3 (Gen 4/Gen 5)” en la pagina 370

e “Conexion del cable de sefal de la tarjeta de expansion 3 (PCle x8/x8 Gen 4)” en la pagina 371

e “Conexion del cable de senal de la tarjeta de expansion 3 (PCle x16/x16 Gen 4)” en la pagina 372
e “Conexidn del cable de sefal de la tarjeta de expansion 3 (PCle x8/x8 Gen 5)” en la pagina 374

e “Conexioén del cable de sefal de la tarjeta de expansion 3 (PCle x16/x16 Gen 5)” en la pagina 375
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Alimentacion y conexion lateral de la tarjeta de expansion 3 (Gen 4/Gen 5)

La alimentacidn y las conexiones laterales para la tarjeta de expansion PCle x8/x8 3 y la tarjeta de expansion
PCle x16/x16 3 son las mismas.

g @ @l 3
H— 3 e

O

. .

Figura 363. Alimentacidn y conexion lateral de la tarjeta de expansion 3

Desde Hasta

Conector de alimentacion en la tarjeta de expansion Conector de alimentacion del conjunto de expansion 3 en
el conjunto de la placa del sistema

Hl Conector lateral en la tarjeta de expansién Conector de banda lateral del conjunto de expansién 3 en
el conjunto de la placa del sistema
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Conexion del cable de senal de la tarjeta de expansién 3 (PCle x8/x8 Gen 4)

La siguiente ilustracion muestra las conexiones del cable de sefial para la tarjeta de expansién PCle 3 x8/x8

Gen 4.

N

procesadores instalados

Figura 364. Disposicion de los cables con dos

]

Figura 365. Disposicion de los cables con un procesador

instalado

Desde

Hasta

Desde

Hasta

K MCIO 1 en la tarjeta de
expansién

Conector PCle 9 en el
conjunto de la placa del
sistema

K MCIO 1 en la tarjeta de
expansion

Conector PCle 2 en el
conjunto de la placa del
sistema

H MCIO 2 en la tarjeta de
expansion

Conector PCle 10 en el
conjunto de la placa del
sistema

H MCIO 2 en la tarjeta de
expansion

Conector PCle 1 en el
conjunto de la placa del
sistema
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Conexion del cable de senal de la tarjeta de expansién 3 (PCle x16/x16 Gen 4)

La siguiente ilustracion muestra las conexiones del cable de sefial para la tarjeta de expansién PCle 3 x16/

x16 Gen 4.

Disposicion de los cables con dos procesadores instalados

Figura 366. Disposicion de los cables en configuraciones
sin expansion 5

Figura 367. Disposicion de los cables en configuraciones
con expansion 5

Desde Hasta Desde Hasta

MCIO 1 en la tarjeta de Conector PCle 2 en el MCIO 1 en la tarjeta de Conector PCle 8 en el

expansion conjunto de la placa del expansion conjunto de la placa del
sistema sistema

H MCIO 2 en la tarjeta de Conector PCle 10 en el H MCIO 2 en la tarjeta de Conector PCle 10 en el

expansion conjunto de la placa del expansion conjunto de la placa del
sistema sistema

H MCIO 3 en la tarjeta de Conector PCle 9 en el H MCIO 3 en la tarjeta de Conector PCle 9 en el

expansion conjunto de la placa del expansion conjunto de la placa del
sistema sistema

A MCIO 4 en la tarjeta de Conector PCle 1 en el I MCIO 4 en la tarjeta de Conector PCle 7 en el

expansion conjunto de la placa del expansion conjunto de la placa del
sistema sistema

Disposicion de los cables con un procesador instalado
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Figura 368. Disposicidn de los cables con un procesador instalado

Desde Hasta
MCIO 1 en la tarjeta de expansion Conector PCle 2 en el conjunto de la placa del sistema
H MCIO 4 en la tarjeta de expansién Conector PCle 1 en el conjunto de la placa del sistema
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Conexidn del cable de senal de la tarjeta de expansion 3 (PCle x8/x8 Gen 5)

La siguiente ilustracion muestra las conexiones del cable de sefial para la tarjeta de expansion PCle 3 x8/x8
Gen 5.

0mog
I wmdg

L ] H -

] ) o Figura 370. Disposicion de los cables con un procesador
Figura 369. Disposicion de los cables con dos instalado
procesadores instalados

Desde Hasta Desde Hasta

MCIO 1 en la tarjeta de Conector PCle 9 en el MCIO 1 en la tarjeta de Conector PCle 2 en el

expansion conjunto de la placa del expansion (Gen 4) conjunto de la placa del
sistema sistema

H MCIO 3 en la tarjeta de Conector PCle 10 en el H MCIO 3 en la tarjeta de Conector PCle 1 en el

expansién conjunto de la placa del expansién (Gen 5) conjunto de la placa del
sistema sistema
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Conexion del cable de senal de la tarjeta de expansion 3 (PCle x16/x16 Gen 5)

La siguiente ilustracion muestra las conexiones del cable de sefial para la tarjeta de expansién PCle 3 x16/

x16 Gen 5.

Disposicion de los cables con dos procesadores instalados
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Figura 371. Disposicion de los cables en configuraciones
sin expansion 5

i

Figura 372. Disposicion de los cables en configuraciones
con expansion 5

Desde Hasta Desde Hasta

K MCIO 1 en la tarjeta de Conector PCle 9 en el H MCIO 1 en la tarjeta de Conector PCle 9 en el

expansion conjunto de la placa del expansion conjunto de la placa del
sistema sistema

H MCIO 2 en la tarjeta de Conector PCle 10 en el H MCIO 2 en la tarjeta de Conector PCle 10 en el

expansion conjunto de la placa del expansion conjunto de la placa del
sistema sistema

H MCIO 3 en la tarjeta de Conector PCle 1 en el H MCIO 3 en la tarjeta de Conector PCle 7 en el

expansion conjunto de la placa del expansion conjunto de la placa del
sistema sistema

A MCIO 4 en la tarjeta de Conector PCle 2 en el A MCIO 4 en la tarjeta de Conector PCle 8 en el

expansion conjunto de la placa del expansion conjunto de la placa del
sistema sistema

Disposicion de los cables con un procesador instalado
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Figura 373. Disposicion de los cables con un procesador instalado

Desde

Hasta

MCIO 3 en la tarjeta de expansion

Conector PCle 1 en el conjunto de la placa del sistema

H MCIO 4 en la tarjeta de expansién

Conector PCle 2 en el conjunto de la placa del sistema
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Compartimiento de expansioén 3/4

Utilice esta seccion para comprender la disposicion de los cables para el alojamiento de la expansién 3/4,
que proporciona cuatro ranuras de PCle de bajo perfil (4LP).

La siguiente ilustracion muestra el alojamiento de la tarjeta de extension PCle 4LP 3/4. Los tipos de tarjeta
de expansion varian segun el modelo de servidor. Para obtener informacién detallada, consulte “Ranuras
PCle y adaptadores PCle” en la pagina 13.

Capitulo 2. Disposicién interna de los cables 377



Disposicion de los cables de alimentacion y de banda lateral

La siguiente ilustracion muestra las conexiones de alimentacién y banda lateral para la tarjeta de expansion
PCle 3 x8/x8 y la tarjeta de expansién PCle 4 x8/x8.

BP1 BP2 BP3 BP1 BP2 BP3

Figura 374. Disposicion de los cables de alimentacion y banda lateral de la tarjeta de expansion 3/4

Desde Hasta

Conector de alimentacion en las tarjetas de expansion | Conector de alimentacién del conjunto de expansién 3 en
el conjunto de la placa del sistema

H Conector lateral en las tarjetas de expansion Conector de banda lateral del conjunto de expansién 3 en
el conjunto de la placa del sistema

Conexion del cable de sefial
La siguiente ilustracion muestra las conexiones de sefal para la tarjeta de expansion PCle 3 x8/x8 y la tarjeta
de expansion PCle 4 x8/x8.
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Figura 375. Disposicidn de los cables en configuraciones sin expansion 5 y médulo de OCP frontal

Desde

Hasta

Conector Swift 1 en la tarjeta de extension 3

Incorporado: PCle 1

H Conector Swift 2 en la tarjeta de extension 3

Incorporado: PCle 2

H Conector Swift 1 en la tarjeta de extension 4

Incorporado: PCle 9

A Conector Swift 2 en la tarjeta de extension 4

Incorporado: PCle 10

Capitulo 2. Disposicion interna de los cables
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Figura 376. Disposicion de los cables en configuraciones con expansion 5 y mddulo de OCP frontal con dos

procesadores instalados

Desde

Hasta

Conector Swift 1 en la tarjeta de extension 3

Incorporado: PCle 7

H Conector Swift 2 en la tarjeta de extensién 3

Incorporado: PCle 8

H Conector Swift 1 en la tarjeta de extension 4

Incorporado: PCle 9

A Conector Swift 2 en la tarjeta de extension 4

Incorporado: PCle 10
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Tarjeta de expansion 5 + tarjetas de interposicion de OCP

En esta seccion se proporciona informacién de la disposicion de los cables para la tarjeta de expansion 5y
las tarjetas de interposicion de OCP frontal y posterior.

Disposicion de los cables para la tarjeta de expansion 5

5]
BP1 BP2 } ‘ BP1 BP2 -
Figura 377. Disposicion de los cables para la tarjeta de expansion 5

Desde Hasta
Hl Tarjeta de expansion 5: MCIO 1, MCIO 2 H Incorporado: PCle 6, 5
H Tarjeta de expansion 5: MCIO 3 H Incorporado: PCle 2
H Tarjeta de expansion 5: MCIO 4 H Incorporado: PCle 1
I Tarjeta de expansion 5: RAID PWR I Incorporado: RAID/HBA CFF PWR
H Tarjeta de expansion 5: EXP PWR H Incorporado: CFF EXP PWR
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Disposicion de los cables de la tarjeta de interposicion de OCP

,,,,,,,

BP1

BP2 ‘ ‘

Figura 378. Disposicion de los cables de la tarjeta de interposicion de OCP

Desde

Hasta

Hl Tarjeta de interposicién de OCP frontal: PWR

Hl Tarjeta de interposicion de OCP posterior: PWR

2

Hl Tarjeta de interposicion de OCP frontal: MCIO 1, MCIO

H Incorporado: PCle 3, 4

H Tarjeta de interposicion de OCP frontal: F-SWIFT

H Tarjeta de interposicion de OCP posterior: R-SWIFT
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Placas posteriores: modelos de servidor con bahias de unidad frontal de
2,5”

En esta seccidn se proporciona informacién sobre la conexién de los cables de la placa posterior para
modelos de servidor con bahias frontales de 2,5".

Antes de comenzar

Asegurese de quitar las piezas inferiores antes de iniciar la disposicion de los cables para las placas
posteriores delanteras.

¢ Cubierta superior (consulte “Extraccion de la cubierta superior” en la pagina 340)

¢ Deflector de aire (consulte “Extraccion del deflector de aire” en la pagina 47)

e Compartimiento del ventilador (consulte “Extraccion del compartimiento del ventilador del sistema” en la
pagina 332)

Conexiones del cable de alimentacion

El servidor admite las siguientes placas posteriores de unidad de 2,5 pulgadas:

¢ Placa posterior de 8 unidades SAS/SATA de 2,5

e Placa posterior AnyBay de 8 x 2,5 pulgadas (también se utiliza como placa posterior NVMe de 8 x 2,5
pulgadas cuando solo los conectores NVMe en la placa posterior estan cableados)

¢ Placa posterior con expansor SAS/SATA de 24 unidades de 2,5 pulgadas

Para los conectores de cada placa posterior de la unidad, consulte “Conectores de la placa posterior de la
unidad” en la pagina 345.
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Figura 379. Conexiones del cable de alimentacion para las
placas posteriores de SAS/SATA/AnyBay/NVMe de 8 x

o B

Figura 380. Conexiones de los

cables de alimentacion

para la placa posterior 24 unidades de 2,5” con expansor

2,5 pulgadas
Desde Hasta Desde Hasta
Conector de Conector de alimentacién Conector de Conector de alimentacion

alimentacion en la placa
posterior 1

de la placa posterior 1

alimentacion 1 en la placa
posterior

de la placa posterior 1

H Conector de
alimentacion en la placa
posterior 2

Conector de alimentacién
de la placa posterior 2

H Conector de
alimentacion 2 en la placa
posterior

Conector de alimentacion
de la placa posterior 2

H Conector de
alimentacion en la placa
posterior 3

Conector de alimentacion
de la placa posterior 3

Conexiones del cable de senal

Consulte el tema especifico para las conexiones del cable de sefal, segun las placas posteriores que tenga
instaladas.

¢ Una placa posterior frontal:
— “Una placa posterior SAS/SATA de 8 unidades” en la pagina 385
— “Una placa posterior de 8 unidades AnyBay (Gen 4)” en la pagina 388
— “Una placa posterior de 8 unidades AnyBay (Gen 5)” en la pagina 393
— “Una placa posterior de 8 unidades NVMe (Gen 4)” en la pagina 404
— “Una placa posterior de 8 unidades NVMe (Gen 5)” en la pagina 406
¢ Dos placas posteriores frontales:

“Dos placas posteriores SAS/SATA de 8 unidades” en la pagina 411
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— “Dos placas posteriores de 8 unidades AnyBay (Gen 4)” en la pagina 416
— “Dos placas posteriores de 8 unidades AnyBay (Gen 5)” en la pagina 420
— “Dos placas posteriores de 8 unidades NVMe (Gen 4)” en la pagina 429
— “Dos placas posteriores de 8 unidades NVMe (Gen 5)” en la pagina 432

— “Una placa posterior de 8 unidades SAS/SATA y una placa posterior de 8 unidades AnyBay (Gen 4)”

en la pagina 437

— “Una placa posterior de 8 unidades SAS/SATA y una placa posterior de 8 unidades AnyBay (Gen 5)”

en la pagina 445

— “Una placa posterior de 8 unidades SAS/SATA y una placa posterior de 8 unidades NVMe (Gen 4)” en

la pagina 453

— “Una placa posterior de 8 unidades SAS/SATA y una placa posterior de 8 unidades NVMe (Gen 5)” en

la pagina 461

— “Una placa posterior de 8 unidades AnyBay y una placa posterior de 8 unidades NVMe (Gen 4)” en la

pagina 469

— “Una placa posterior de 8 unidades AnyBay y una placa posterior de 8 unidades NVMe (Gen 5)” en la

pagina 473
¢ Tres posteriores frontales:
— “Tres placas posteriores SAS/SATA de 8 unidades” en la pagina 479
— “Tres placas posteriores AnyBay de 8 unidades” en la pagina 535
— “Tres placas posteriores de 8 unidades NVMe (Gen 4)” en la pagina 537
— “Tres placas posteriores de 8 unidades NVMe (Gen 5)” en la pagina 544

— “Una placa posterior de 8 unidades AnyBay y dos placas posteriores de 8 unidades NVMe (Gen 4)” en

la pagina 554

— “Una placa posterior de 8 unidades AnyBay y dos placas posteriores de 8 unidades NVMe (Gen 5)” en

la pagina 556

— “Una placa posterior de 8 unidades SAS/SATA y dos placas posteriores de 8 unidades NVMe (Gen 4)”

en la pagina 561

— “Una placa posterior de 8 unidades SAS/SATA y dos placas posteriores de 8 unidades NVMe (Gen 5)”

en la pagina 562

— “Una placa posterior SAS/SATA de 8 unidades y dos placas posteriores AnyBay de 8 unidades” en la

pagina 566

— “Dos placas posteriores de 8 unidades SAS/SATA y una placa posterior de 8 unidades AnyBay (Gen

4)” en la pagina 567

— “Dos placas posteriores de 8 unidades SAS/SATA y una placa posterior de 8 unidades AnyBay (Gen

5)” en la pagina 583

— “Dos placas posteriores de 8 unidades SAS/SATA y una placa posterior de 8 unidades NVMe (Gen 4)”

en la pagina 608

— “Dos placas posteriores de 8 unidades SAS/SATA y una placa posterior de 8 unidades NVMe (Gen 5)”

en la pagina 611

“Una placa posterior con expansor de 24 unidades SAS/SATA de 2,5"” en la pagina 616

Una placa posterior SAS/SATA de 8 unidades

En esta seccidn se proporciona informacién sobre la disposicidon de los cables para el modelo de servidor

con una placa posterior de unidad frontal SAS/SATA de 8 unidades de 2,5 pulgadas.
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Para conectar los cables de alimentacién de la(s) placa(s) posterior(es) frontal(es), consulte “Placas
posteriores: modelos de servidor con bahias de unidad frontal de 2,5”” en la pagina 383.

Para conectar los cables de sefal de la(s) placa(s) posterior(es) frontal(es), consulte los siguientes escenarios
de disposicion de los cables segun su configuracién de servidor.

e “Conectores incorporados” en la pagina 386
e “Adaptador 8i/16i RAID/HBA” en la pagina 387
e “Adaptador CFF 8i/16i RAID/HBA” en la pagina 387

Conectores incorporados

A continuacion se muestran las conexiones de cables para la configuracién de 8 unidades SAS/SATA de 2,5
pulgadas con conectores incorporados.

Para conectar cables de expansién 3/4, consulte “Compartimiento de expansién 3/4” en la pagina 377.

Para conectar los cables a la tarjeta de expansién 5 y a las tarjetas de interposicion de OCP, consulte
“Tarjeta de expansion 5 + tarjetas de interposicion de OCP” en la pagina 381.

Conexiones entre conectores: A<~ A, A~-A H<~H, ... @@ < @

\ \ \ g | )
® )& ( Q o ,/

,1,

BP1 BP2 BP3

Figura 381. Disposicion de los cables SAS/SATA para los conectores incorporados SATA

Desde Hasta

Placa posterior 1: SAS Incorporado: SATA 0, SATA 1
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Adaptador 8i/16i RAID/HBA

A continuacién se muestran las conexiones de cable para la configuracion de 8 unidades SAS/SATA de 2,5
pulgadas con un adaptador 8i/16i RAID/HBA.

Para conectar cables de expansion 3/4, consulte “Compartimiento de expansion 3/4” en la pagina 377.

Para conectar los cables a la tarjeta de expansién 5 y a las tarjetas de interposicion de OCP, consulte
“Tarjeta de expansion 5 + tarjetas de interposicion de OCP” en la pagina 381.

Conexiones entre conectores: A~ A, A~-HA H- H, ... < m

BP1

BP2

BP3

Figura 382. Disposicion de los cables SAS/SATA para el adaptador 8i/16i RAID/HBA

Desde Hasta

Hl Placa posterior 1: SAS Adaptador 8i/16i
e Gen4:CO
e Gen 3: COC1

Adaptador CFF 8i/16i RAID/HBA

A continuacion se muestran las conexiones de cable para la configuracion de 8 unidades SAS/SATA de 2,5"
con un adaptador 8i/16i RAID/HBA CFF.

Conexiones entre conectores: < A, A<~ A H<H, ... < @

Capitulo 2. Disposicion interna de los cables
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Figura 383. Disposicion de los cables con dos
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Figura 384. Disposicion de los cables con un procesador

procesadores instalados instalado

Desde Hasta Desde Hasta

Kl Placa posterior 1: SAS Adaptador CFF Placa posterior 1: SAS Adaptador CFF
e CO e CO
e C1 e C1

H Adaptador CFF: MB
(CFF input)

Incorporado: PCle 7

H Adaptador CFF: MB
(CFF input)

Incorporado: PCle 4

H Adaptador CFF: PWR

Incorporado: RAID/HBA
CFF PWR

H Adaptador CFF: PWR

Incorporado: RAID/HBA
CFF PWR

Una placa posterior de 8 unidades AnyBay (Gen 4)

En esta seccidn se proporciona informacion sobre la disposicién de los cables para el modelo de servidor
con una placa posterior de la unidad frontal de 8 unidades AnyBay de 2,5" (Gen 4).

Para conectar los cables de alimentacién de la(s) placa(s) posterior(es) frontal(es), consulte “Placas
posteriores: modelos de servidor con bahias de unidad frontal de 2,5”” en la pagina 383.

Para conectar los cables de sefial de la(s) placa(s) posterior(es) frontal(es), consulte los siguientes escenarios
de disposicion de los cables segun su configuracién de servidor.

e “Adaptador 8i/16i RAID/HBA” en la pagina 389
e “Adaptador CFF 8i/16i RAID/HBA” en la pagina 390

e “Tarjeta de expansién 5 + Tarjetas de interposicion de OCP + Adaptador RAID/HBA 8i/16i” en la pagina
392
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Adaptador 8i/16i RAID/HBA

A continuacién se muestran las conexiones de cables para la configuracién de 8 unidades AnyBay de 2,5"
(Gen 4) con un adaptador 8i/16i RAID/HBA.

Conexiones entre conectores: <A, A-HA H<H, ... < @@

Disposicion de los cables SAS/SATA

‘ U

: rﬂ [T [

<) E; ‘ | a .ﬂ =

(l [ [| EE ST ‘ Ot [lﬂ

(e .

|

i = | e

| | )
(1

BP1 BP2 BP3

Figura 385. Disposicion de los cables SAS/SATA para el adaptador 8i/16i RAID/HBA

Desde Hasta

Placa posterior 1: SAS Adaptador 8i/16i
e Gen4:CO
¢ Gen 3: COCH

Capitulo 2. Disposicion interna de los cables
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Disposicion de los cables NVMe
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procesadores instalados

BP3

Figura 386. Disposicion de los cables con dos

BP1 BP2

BP3

Figura 387. Disposicion de los cables con un procesador

instalado

Desde

Hasta

Desde

Hasta

Placa posterior 1: NVMe
0-1

Incorporado: PCle 8

Placa posterior 1: NVMe
0-1,2-3

Incorporado: PCle 3, 4

H Placa posterior 1: NVMe
2-3

Incorporado: PCle 7

H Placa posterior 1: NVMe
4-5

Incorporado: PCle 2

H Placa posterior 1: NVMe
4-5,6-7

Incorporado: PCle 6, 5

H Placa posterior 1: NVMe
6-7

Incorporado: PCle 1

Adaptador CFF 8i/16i RAID/HBA

A continuacion se muestran las conexiones de cables para la configuracién de 8 unidades AnyBay de 2,5"
(Gen 4) con un adaptador 8i/16i RAID/HBA CFF.

Conexiones entre conectores: A<~ A, A~-HA H<~H, ... @ < @
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Disposicion de los cables SAS/SATA
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Figura 388. Disposicion de los cables SAS/SATA al adaptador RAID/HBA CFF

Desde Hasta

Placa posterior 1: SAS Adaptador CFF
e CO
e C1

H Adaptador CFF: MB (CFF input)

Incorporado: PCle 4

H Adaptador CFF: PWR

Incorporado: RAID/HBA CFF PWR

Capitulo 2. Disposicion interna de los cables
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Disposicion de los cables NVMe
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Figura 389. Disposicion de los cables NVMe a los conectores PCle incorporados

Desde Hasta

Kl Placa posterior 1: NVMe 0-1 Incorporado: PCle 8
Hl Placa posterior 1: NVMe 2-3 Incorporado: PCle 7
H Placa posterior 1: NVMe 4-5, 6-7 Incorporado: PCle 6, 5

Tarjeta de expansion 5 + Tarjetas de interposicion de OCP + Adaptador RAID/HBA 8i/
16i

A continuacién se muestran las conexiones de cables para la configuracién de 8 unidades AnyBay de 2,5
pulgadas con la expansion 5, las tarjetas de interposiciéon de OCP frontal y posterior y un adaptador RAID/
HBA 8i/16i.

Para conectar los cables a la tarjeta de expansion 5 y a las tarjetas de interposicion de OCP, consulte
“Tarjeta de expansion 5 + tarjetas de interposicion de OCP” en la pagina 381.

Conexiones entre conectores: A< A, A-A H<~H, ... @ < m
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Figura 390. Disposicion de los cables SAS/SATA Figura 391. Disposicion de los cables NVMe
Desde Hasta Desde Hasta
Placa posterior 1: SAS Adaptador 8i/16i Placa posterior 1: NVMe | Incorporado: PCle 10
e Gen4:CO 0-1
¢ Gen 3: COCH

Hl Placa posterior 1: NVMe | Incorporado: PCle 9
2-3

Hl Placa posterior 1: NVMe | Incorporado: PCle 8
4-5

I Placa posterior 1: NVMe | Incorporado: PCle 7
6-7

Una placa posterior de 8 unidades AnyBay (Gen 5)
En esta seccidn se proporciona informacion sobre la disposicion de los cables para el modelo de servidor
con una placa posterior de unidad frontal de 8 unidades AnyBay de 2,5" (Gen 5).

Para conectar los cables de alimentacidn de la(s) placa(s) posterior(es) frontal(es), consulte “Placas
posteriores: modelos de servidor con bahias de unidad frontal de 2,5”” en la pagina 383.

Para conectar los cables de sefial de la(s) placa(s) posterior(es) frontal(es), consulte los siguientes escenarios
de disposicion de los cables segun su configuracion de servidor.

e “Adaptador 8i/16i RAID/HBA” en la pagina 394

e “Adaptador CFF 8i/16i RAID/HBA” en la pagina 398

e “Adaptador 8i RAID/HBA modo triple” en la pagina 402

Capitulo 2. Disposicion interna de los cables 393



e ‘“Tarjeta de expansion 5 + Tarjetas de interposicion de OCP + Adaptador RAID/HBA 8i/16i” en la pagina
392

Adaptador 8i/16i RAID/HBA

A continuacion se muestran las conexiones de cables para la configuracion de 8 unidades AnyBay de 2,5"
(Gen 5) con un adaptador 8i/16i RAID/HBA.

Conexiones entre conectores: < A, H+~ A H~H, ... @ < @

Disposicion de los cables SAS/SATA
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Figura 392. Disposicion de los cables SAS/SATA para el adaptador 8i/16i RAID/HBA

Desde Hasta

Placa posterior 1: SAS Adaptador 8i/16i
e Gen4:CO
e Gen 3: COC1

Disposicion de los cables NVMe

Disposicion de los cables con dos procesadores instalados
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Figura 393. Disposicion de los cables cuando se instalan dos procesadores de la serie Platinum sin expansién 3 o con
tarjeta de expansion x8/x8

Desde Hasta

Placa posterior 1: NVMe 0-1 Incorporado: PCle 6
Hl Placa posterior 1: NVMe 2-3 Incorporado: PCle 5
H Placa posterior 1: NVMe 4-5 Incorporado: PCle 2
I Placa posterior 1: NVMe 6-7 Incorporado: PCle 1
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Figura 394. Disposicion de los cables cuando se instalan dos procesadores de la serie Platinum con tarjeta de expansion
x16/x16

Desde Hasta

Placa posterior 1: NVMe 0-1 Incorporado: PCle 6
Hl Placa posterior 1: NVMe 2-3 Incorporado: PCle 5
H Placa posterior 1: NVMe 4-5 Incorporado: PCle 7
A Placa posterior 1: NVMe 6-7 Incorporado: PCle 3
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Figura 395. Disposicion de los cables en otros escenarios

Desde Hasta

Placa posterior 1: NVMe 0-1 Incorporado: PCle 8
Hl Placa posterior 1: NVMe 2-3 Incorporado: PCle 7
H Placa posterior 1: NVMe 4-5 Incorporado: PCle 6
I Placa posterior 1: NVMe 6-7 Incorporado: PCle 5

Disposicion de los cables con un procesador instalado

Capitulo 2. Disposicién interna de los cables 397



) 7\_'_ 9 Ch
Pl =
- =
I
. ot
! |
@ Zl e %
w 2| |
] o =R "
Gl = )
3] i a] & (G 1 f 1 [
B (@ 4= T -

BP1 BP2 BP3

Figura 396. Disposicion de los cables con un procesador instalado

Desde Hasta
Placa posterior 1: NVMe 0-1, 2-3 Incorporado: PCle 2, 1
Hl Placa posterior 1: NVMe 4-5, 6-7 Incorporado: PCle 3, 4

Adaptador CFF 8i/16i RAID/HBA

A continuacion se muestran las conexiones de cables para la configuracion de 8 unidades AnyBay de 2,5"
(Gen 5) con un adaptador 8i/16i RAID/HBA CFF.

Conexiones entre conectores: A< A, A-A H<H, ... @ < m
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Disposicion de los cables SAS/SATA
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Figura 397. Disposicion de los cables SAS/SATA al adaptador RAID/HBA CFF

Desde Hasta

Placa posterior 1: SAS Adaptador CFF
e CO
e C1

H Adaptador CFF: MB (CFF input)

Incorporado: PCle 4

H Adaptador CFF: PWR

Incorporado: RAID/HBA CFF PWR

Capitulo 2. Disposicion interna de los cables
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Disposicion de los cables NVMe

BP1 BP2 BP3

Figura 398. Disposicion de los cables cuando se instalan dos procesadores de la serie Platinum sin expansion 3 o con
tarjeta de expansion x8/x8

Desde Hasta

Hl Placa posterior 1: NVMe 0-1 Incorporado: PCle 6
Hl Placa posterior 1: NVMe 2-3 Incorporado: PCle 5
H Placa posterior 1: NVMe 4-5 Incorporado: PCle 2
A Placa posterior 1: NVMe 6-7 Incorporado: PCle 1
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Figura 399. Disposicién de los cables cuando se instalan dos procesadores de la serie Platinum con tarjeta de expansion
x16/x16

Desde Hasta

Hl Placa posterior 1: NVMe 0-1 Incorporado: PCle 6
Hl Placa posterior 1: NVMe 2-3 Incorporado: PCle 5
H Placa posterior 1: NVMe 4-5 Incorporado: PCle 7
I Placa posterior 1: NVMe 6-7 Incorporado: PCle 3
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Figura 400. Disposicién de los cables en otros escenarios

Desde Hasta

Placa posterior 1: NVMe 0-1 Incorporado: PCle 8
Hl Placa posterior 1: NVMe 2-3 Incorporado: PCle 7
H Placa posterior 1: NVMe 4-5 Incorporado: PCle 6
A Placa posterior 1: NVMe 6-7 Incorporado: PCle 5

Adaptador 8i RAID/HBA modo triple

A continuacion se muestran las conexiones de cables para la configuracién de 8 unidades AnyBay de 2,5"
(Gen 5) con un adaptador 8i RAID/HBA modo triple.

Para conectar los cables a la tarjeta de expansion 5 y a las tarjetas de interposicion de OCP, consulte
“Tarjeta de expansion 5 + tarjetas de interposicion de OCP” en la pagina 381.

Conexiones entre conectores: A< A, A-A H<H, ... @ < m
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Figura 401. Disposicidn de los cables de la placa posterior

Desde

Hasta

Placa posterior 1: SAS

Adaptador 8i: CO

Tarjeta de expansion 5 + Tarjetas de interposicion de OCP + Adaptador RAID/HBA 8i/

16i

A continuacién se muestran las conexiones de cables para la configuracién de 8 unidades AnyBay de 2,5

pulgadas con la expansion 5, las tarjetas de interposicion de OCP frontal y posterior y un adaptador RAID/

HBA 8i/16i.

Para conectar los cables a la tarjeta de expansién 5 y a las tarjetas de interposicion de OCP, consulte
“Tarjeta de expansion 5 + tarjetas de interposicion de OCP” en la pagina 381.

Conexiones entre conectores: A~ A, A~ A H- H, ... @ < m

Capitulo 2. Disposicion interna de los cables
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Figura 402. Disposicion de los cables SAS/SATA Figura 403. Disposicién de los cables NVMe

Desde Hasta Desde Hasta

Placa posterior 1: SAS Adaptador 8i/16i Placa posterior 1: NVMe | Incorporado: PCle 10
e Gen4:CO 0-1
e Gen 3: COC1

H Placa posterior 1: NVMe
2-3

Incorporado: PCle 9

Hl Placa posterior 1: NVMe
4-5

Incorporado: PCle 8

I Placa posterior 1: NVMe
6-7

Incorporado: PCle 7

Una placa posterior de 8 unidades NVMe (Gen 4)

En esta seccion se proporciona informacién sobre la disposicidn de los cables para el modelo de servidor
con una placa posterior de la unidad frontal de 8 unidades NVMe de 2,5" (Gen 4).

Para conectar los cables de alimentacioén de la(s) placa(s) posterior(es) frontal(es), consulte “Placas
posteriores: modelos de servidor con bahias de unidad frontal de 2,5”” en la pagina 383.

Para conectar los cables de sefial de la(s) placa(s) posterior(es) frontal(es), consulte los siguientes escenarios

de disposicion de los cables segun su configuracién de servidor.

e “Conectores incorporados” en la pagina 405
e “Conectores incorporados + Tarjetas de extension 5 + Tarjetas de interposicién de OCP” en la pagina

405
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Conectores incorporados

A continuacién se muestran las conexiones de cables para la configuracién de 8 unidades NVMe (Gen4) de
2,5 pulgadas con conectores incorporados.

Conexiones entre conectores: A~ A, A-HA, H- H, ... @ < m

Disposicion de los cables NVMe a los conectores PCle incorporados

procesadores instalados

Figura 404. Disposicion de los cables con dos

[ =

Figura 405. Disposicion de los cables con un procesador

instalado

Desde

Hasta

Desde

Hasta

Placa posterior 1: NVMe
0-1

Incorporado: PCle 8

Placa posterior 1: NVMe
0-1,2-3

Incorporado: PCle 3, 4

H Placa posterior 1: NVMe
2-3

Incorporado: PCle 7

H Placa posterior 1: NVMe
4-5

Incorporado: PCle 2

H Placa posterior 1: NVMe
4-5, 6-7

Incorporado: PCle 6, 5

H Placa posterior 1: NVMe
6-7

Incorporado: PCle 1

Conectores incorporados + Tarjetas de extension 5 + Tarjetas de interposicion de

OCP

A continuacion se muestran las conexiones de cables para la configuracién de 8 unidades NVMe de 2,5
pulgadas con conectores incorporados, expansion 5 y tarjetas de interposicién de OCP.

Para conectar los cables a la tarjeta de expansién 5 y a las tarjetas de interposicion de OCP, consulte
“Tarjeta de expansion 5 + tarjetas de interposicion de OCP” en la pagina 381.

Conexiones entre conectores: - A, A-A H<H, ... - @

Capitulo 2. Disposicion interna de los cables
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Figura 406. Disposicion de los cables NVMe

Desde Hasta

Placa posterior 1: NVMe 0-1 Incorporado: PCle 10
Hl Placa posterior 1: NVMe 2-3 Incorporado: PCle 9
H Placa posterior 1: NVMe 4-5 Incorporado: PCle 8
A Placa posterior 1: NVMe 6-7 Incorporado: PCle 7

Una placa posterior de 8 unidades NVMe (Gen 5)
En esta seccidn se proporciona informacién sobre la disposicién de los cables para el modelo de servidor
con una placa posterior de la unidad frontal de 8 unidades NVMe de 2,5" (Gen 5).

Para conectar los cables de alimentacién de la(s) placa(s) posterior(es) frontal(es), consulte “Placas
posteriores: modelos de servidor con bahias de unidad frontal de 2,5”” en la pagina 383.

Para conectar los cables de sefial de la(s) placa(s) posterior(es) frontal(es), consulte los siguientes escenarios
de disposicion de los cables segun su configuracién de servidor.

e “Conectores incorporados” en la pagina 407

e “Conectores incorporados + Tarjetas de extension 5 + Tarjetas de interposicién de OCP” en la pagina
405
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Conectores incorporados

A continuacién se muestran las conexiones de cables para la configuracién de 8 unidades NVMe (Gen5) de
2,5 pulgadas con conectores incorporados.

Conexiones entre conectores: A<~ A, A~-HA H<H, ..~ m

Disposicion de los cables con dos procesadores instalados

BP1 BP2 BP3

Figura 407. Disposicion de los cables cuando se instalan dos procesadores de la serie Platinum sin expansién 3 o con

tarjeta de expansion x8/x8

Desde

Hasta

Placa posterior 1: NVMe 0-1

Incorporado: PCle 6

H Placa posterior 1: NVMe 2-3

Incorporado: PCle 5

H Placa posterior 1: NVMe 4-5

Incorporado: PCle 2

I Placa posterior 1: NVMe 6-7

Incorporado: PCle 1

Capitulo 2. Disposicion interna de los cables

407



&
o)==
I C
[8|C

[ BP1 BP2

BP3

Figura 408. Disposicion de los cables cuando se instalan dos procesadores de la serie Platinum con tarjeta de expansion
x16/x16

Desde Hasta

Placa posterior 1: NVMe 0-1 Incorporado: PCle 6
Hl Placa posterior 1: NVMe 2-3 Incorporado: PCle 5
H Placa posterior 1: NVMe 4-5 Incorporado: PCle 7
A Placa posterior 1: NVMe 6-7 Incorporado: PCle 3
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Figura 409. Disposicion de los cables en otros escenarios

Desde Hasta

Placa posterior 1: NVMe 0-1 Incorporado: PCle 8
Hl Placa posterior 1: NVMe 2-3 Incorporado: PCle 7
H Placa posterior 1: NVMe 4-5 Incorporado: PCle 6
I Placa posterior 1: NVMe 6-7 Incorporado: PCle 5

Capitulo 2. Disposicion interna de los cables 409



Disposicion de los cables con un procesador instalado
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Figura 410. Disposicion de los cables con un procesador instalado
Desde Hasta
Placa posterior 1: NVMe 0-1, 2-3 Incorporado: PCle 2, 1
Hl Placa posterior 1: NVMe 4-5, 6-7 Incorporado: PCle 3, 4

Conectores incorporados + Tarjetas de extension 5 + Tarjetas de interposicion de
OoCP

A continuacioén se muestran las conexiones de cables para la configuracién de 8 unidades NVMe de 2,5
pulgadas con conectores incorporados, expansion 5 y tarjetas de interposicién de OCP.

Para conectar los cables a la tarjeta de expansion 5 y a las tarjetas de interposicion de OCP, consulte
“Tarjeta de expansion 5 + tarjetas de interposicion de OCP” en la pagina 381.

Conexiones entre conectores: A< A, H+~ A H+~H, ... @ < @
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Figura 411. Disposicion de los cables NVMe

Desde Hasta

Placa posterior 1: NVMe 0-1 Incorporado: PCle 10
Hl Placa posterior 1: NVMe 2-3 Incorporado: PCle 9
H Placa posterior 1: NVMe 4-5 Incorporado: PCle 8
I Placa posterior 1: NVMe 6-7 Incorporado: PCle 7

Dos placas posteriores SAS/SATA de 8 unidades
En esta seccidén se proporciona informacién sobre la disposicién de los cables para el modelo de servidor
con dos placas posteriores de unidad frontales de 8 unidades SAS/SATA de 2,5 pulgadas.

Para conectar los cables de alimentacidn de la(s) placa(s) posterior(es) frontal(es), consulte “Placas
posteriores: modelos de servidor con bahias de unidad frontal de 2,5”” en la pagina 383.

Para conectar los cables de sefial de la(s) placa(s) posterior(es) frontal(es), consulte los siguientes escenarios
de disposicion de los cables segun su configuracion de servidor.

e “16 unidades SAS/SATA” en la pagina 412
e “14 unidades SAS/SATA” en la pagina 415

Capitulo 2. Disposicion interna de los cables 411




16 unidades SAS/SATA

En este tema se proporciona informacion sobre la disposicion de los cables para la configuracion con 16
bahias de unidad frontales SAS/SATA.

Para conectar los cables de alimentacién de la(s) placa(s) posterior(es) frontal(es), consulte “Placas
posteriores: modelos de servidor con bahias de unidad frontal de 2,5”” en la pagina 383.

Para conectar los cables de sefial de la(s) placa(s) posterior(es) frontal(es), consulte los siguientes escenarios
de disposicion de los cables segun su configuracién de servidor.

“Conectores incorporados” en la pagina 386

“Adaptador 8i/16i RAID/HBA” en la pagina 387

“Adaptador CFF 8i/16i RAID/HBA” en la pagina 387

“Tarjeta de expansion 5 + Tarjetas de interposicion de OCP + Adaptador RAID/HBA 8i/16i” en la pagina

414

Conectores incorporados + adaptador 8i RAID/HBA

A continuacioén se muestran las conexiones de cable para la configuracién de 16 unidades SAS/SATA de
2,5" con conectores incorporador y un adaptador 8i RAID/HBA.

Conexiones entre conectores: < A, A~ A H-~H, ... @ < @

—

—{]

O =
f_D‘ [N

|

BP1 BP2 BP3

Figura 412. Disposicion de los cables SAS/SATA para los conectores SATA incorporados y el adaptador 8i
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Desde

Hasta

Placa posterior 1: SAS

Incorporado: SATA 0, SATA 1

H Placa posterior 2: SAS

Adaptador 8i
e Gen4:CO
e Gen 3: COC1

Adaptador 8i/16i RAID/HBA

A continuacion se muestran las conexiones de cables para la configuracion de 16 unidades SAS/SATA de
2,5" con dos adaptadores 8i RAID/HBA o un adaptador 16i RAID/HBA.

Conexiones entre conectores: -, A-HA H<H, ... - m

i

Figura 413. Disposicion de los cables SAS/SATA para el adaptador 8i/16i RAID/HBA

Desde Hasta
Placa posterior 1: SAS Adaptador 8i Adaptador 16i
e Gen4:CO e Gen4:CO
e Gen 3: COC1 e Gen 3: COC1
Hl Placa posterior 2: SAS Adaptador 8i e Gen4:Ci
* Gen4:C0 * Gen3:C2C3
e Gen 3: COC1

Capitulo 2. Disposicion interna de los cables
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Adaptador HBA 16i/RAID CFF

A continuacion se muestran las conexiones de cable para la configuracion de 16 unidades SAS/SATA de
2,5" con un adaptador interno CFF 16i RAID/HBA.

Conexiones entre conectores: <A, A~ A H~H, ... @ < I

il

H =t

5
[

N

=
I
= = ‘*

BP1 BP2

L
. ]

BP3

Figura 414. Disposicion de los cables con dos

[ BP1 BP2

BP3 [

Figura 415. Disposicion de los cables con un procesador

procesadores instalados instalado

Desde Hasta Desde Hasta

Kl Placa posterior 1: SAS Adaptador CFF Placa posterior 1: SAS Adaptador CFF
e CO e CO
e C1 e C1

Hl Placa posterior 2: SAS Adaptador CFF H Placa posterior 2: SAS Adaptador CFF
e C2 e C2
e C3 e C3

H Adaptador CFF: MB
(CFF input)

Incorporado: PCle 7

H Adaptador CFF: MB
(CFF input)

Incorporado: PCle 4

I Adaptador CFF: PWR

Incorporado: RAID/HBA
CFF PWR

I Adaptador CFF: PWR

Incorporado: RAID/HBA
CFF PWR

Tarjeta de expansion 5 + Tarjetas de interposicion de OCP + Adaptador RAID/HBA 8i/16i

A continuacién se muestran las conexiones de cables para la configuracién de 16 unidades SAS/SATA de
2,5 pulgadas con expansion 5, tarjetas de interposicién de OCP frontal y posterior y dos adaptadores 8i
RAID/HBA o un adaptador 16i RAID/HBA.

Para conectar cables de expansion 3/4, consulte “Compartimiento de expansion 3/4” en la pagina 377.
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Para conectar los cables a la tarjeta de expansién 5 y a las tarjetas de interposicion de OCP, consulte
“Tarjeta de expansion 5 + tarjetas de interposicion de OCP” en la pagina 381.

Conexiones entre conectores: A< A, AH-HA H- H, ... @ < m

- BP1 BP2 L

Figura 416. Disposicion de los cables de la placa posterior

Desde Hasta

Kl Placa posterior 1: SAS Adaptador 8i Adaptador 16i
e Gen4:CO e Gen4:CO
e Gen 3: COC1 e Gen 3: COC1

H Placa posterior 2: SAS Adaptador 8i e Gend: Ci
* Gen4:C0  Gen3:C2C3
e Gen 3: COC1

14 unidades SAS/SATA

En este tema se proporciona informacién sobre la disposicion de los cables para la configuracion de 14
unidades frontales SAS/SATA con dos placas posteriores frontales de 8 unidades SAS/SATA.

Para conectar los cables a la tarjeta de expansién 5 y a las tarjetas de interposicion de OCP, consulte
“Tarjeta de expansion 5 + tarjetas de interposicién de OCP” en la pagina 381.
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] i

Figura 417. Disposicion de los cables SAS/SATA para los conectores incorporados

Desde Hasta
Placa posterior 1: SAS Incorporado: SATA 0, SATA 1
H Placa posterior 2: SAS Incorporado: SATA 2, conector de sefial M.2

Dos placas posteriores de 8 unidades AnyBay (Gen 4)
En esta seccidn se proporciona informacion sobre la disposicién de los cables para el modelo de servidor
con dos placas posteriores de la unidad frontales de 8 unidades AnyBay de 2,5" (Gen 4).

Para conectar los cables de alimentacidn de la(s) placa(s) posterior(es) frontal(es), consulte “Placas
posteriores: modelos de servidor con bahias de unidad frontal de 2,5”” en la pagina 383.

Para conectar los cables de sefial de la(s) placa(s) posterior(es) frontal(es), consulte los siguientes escenarios
de disposicion de los cables segun su configuracién de servidor.

e “Conectores incorporados + Adaptador 16i RAID/HBA” en la pagina 417
e “Adaptador 8i RAID modo triple” en la pagina 418
e “Adaptador 16i RAID modo triple” en la pagina 419

16 unidades AnyBay

En este tema se proporciona informacion sobre la disposicidon de los cables para la configuracion de 16
unidades AnyBay (Gen 4).
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e “Conectores incorporados + Adaptador 16i RAID/HBA” en la pagina 417

e “Adaptador 8i RAID modo triple” en la pagina 418

e “Adaptador 16i RAID modo triple” en la pagina 419

Conectores incorporados + Adaptador 16i RAID/HBA
A continuacion se muestran las conexiones de cables para la configuraciéon de 16 unidades AnyBay de 2,5"

(Gen 4) con un adaptador 16i RAID/HBA.

Disposicion de los cables SAS/SATA

Conexiones entre conectores: A~ A, A~ A H- H, ... < m

BP1

BP2 BP3

Figura 418. Disposicion de los cables SAS/SATA para adaptador 16i

Desde Hasta
Hl Placa posterior 1: SAS Adaptador 16i

e Gen4:CO

e Gen 3: COC1
Hl Placa posterior 2: SAS e Gend: Ci

e Gen 3:C2C3

Disposicion de los cables NVMe

Conexiones entre conectores: - A, A-HA H- H, ... < m

Capitulo 2. Disposicion interna de los cables
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BP1 BP2 BP3

Figura 419. Disposicion de los cables NVMe a los conectores PCle incorporados

Desde Hasta

Kl Placa posterior 1: NVMe 0-1 Incorporado: PCle 8
H Placa posterior 1: NVMe 2-3 Incorporado: PCle 7
H Placa posterior 1: NVMe 4-5, 6-7 Incorporado: PCle 6, 5
I Placa posterior 2: NVMe 0-1, 2-3 Incorporado: PCle 3, 4
H Placa posterior 2: NVMe 4-5 Incorporado: PCle 2
A Placa posterior 2: NVMe 6-7 Incorporado: PCle 1

Adaptador 8i RAID modo triple

A continuacion se muestran las conexiones de cables para la configuracién de 16 unidades AnyBay de 2,5"
(Gen 4) con dos adaptadores 8i RAID de modo triple.

Para conectar cables de expansion 3/4, consulte “Compartimiento de expansién 3/4” en la pagina 377.

Para conectar los cables a la tarjeta de expansién 5 y a las tarjetas de interposicion de OCP, consulte
“Tarjeta de expansion 5 + tarjetas de interposicion de OCP” en la pagina 381.

Conexiones entre conectores: <A, A<~ A H<~H, ... @ < I

418  Guia de mantenimiento del hardware de ThinkSystem SR650 V3



Disposicion de los cables de seial

i

BP1 BP2 BP3

Figura 420. Disposicion de los cables de sefal para adaptadores 8i de modo triple

Desde Hasta

Placa posterior 1: SAS Adaptador 8i
e CO

H Placa posterior 2: SAS Adaptador 8i
e CO

Adaptador 16i RAID modo triple

A continuacion se muestran las conexiones de cables para la configuraciéon de 16 unidades AnyBay de 2,5"
(Gen 4) con un adaptador 16i RAID de modo triple.

Para conectar cables de expansién 3/4, consulte “Compartimiento de expansion 3/4” en la pagina 377.

Para conectar los cables a la tarjeta de expansién 5 y a las tarjetas de interposicion de OCP, consulte
“Tarjeta de expansion 5 + tarjetas de interposicion de OCP” en la pagina 381.

Conexiones entre conectores: - A, A~-A H-H, ... < m
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Disposicion de los cables de seial

BP1

BP2

BP3

Figura 421. Disposicion de los cables de sefial para adaptador 16i de modo triple

Desde Hasta

Placa posterior 1: SAS Adaptador 16i
e CO

H Placa posterior 2: SAS . Ci

Dos placas posteriores de 8 unidades AnyBay (Gen 5)

En esta seccidn se proporciona informacién sobre la disposicidon de los cables para el modelo de servidor
con dos placas posteriores de la unidad frontales de 8 unidades AnyBay de 2,5" (Gen 5).

Para conectar los cables de alimentacién de la(s) placa(s) posterior(es) frontal(es), consulte “Placas
posteriores: modelos de servidor con bahias de unidad frontal de 2,5”” en la pagina 383.

Para conectar los cables de sefal de la(s) placa(s) posterior(es) frontal(es), consulte los siguientes escenarios

de disposicion de los cables segun su configuracién de servidor.

e “16 unidades AnyBay” en la pagina 421
e “12 unidades AnyBay + 4 unidades SAS/SATA” en la pagina 427
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16 unidades AnyBay

En este tema se proporciona informacion sobre la disposicion de los cables para la configuracion de 16

unidades AnyBay (Gen 5).

e “Conectores incorporados + Adaptador 8i/16i RAID/HBA” en la pagina 421

e “Conectores incorporados + Adaptador 16i RAID/HBA + Tarjeta de retemporizador” en la pagina 424

e “Adaptador 8i/16i RAID/HBA modo triple” en la pagina 426

Conectores incorporados + Adaptador 8i/16i RAID/HBA

A continuacién se muestran las conexiones de cables para la configuracién de 16 unidades AnyBay de 2,5"
(Gen 5) con un adaptador 8i/16i RAID/HBA.

Conexiones entre conectores: < A, A< A H<-H, ... < @

Disposicion de los cables SAS/SATA

BP1 BP2 BP3

Figura 422. Disposicion de los cables SAS/SATA para el adaptador 8i/16i

Desde Hasta
Hl Placa posterior 1: SAS Adaptador 8i/16i
e Gen4:CO
¢ Gen 3: COCH
H Placa posterior 2: SAS e Gend4:Ci
e Gen 3: C2C3

Capitulo 2. Disposicion interna de los cables
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Disposicion de los cables NVMe

BP1 BP2 BP3

Figura 423. Disposicion de los cables cuando se instala la tarjeta de expansion x16/x16

Desde Hasta

Placa posterior 1: NVMe 0-1 Incorporado: PCle 10
H Placa posterior 1: NVMe 2-3 Incorporado: PCle 9
H Placa posterior 1: NVMe 4-5 Incorporado: PCle 8
A Placa posterior 1: NVMe 6-7 Incorporado: PCle 7
H Placa posterior 2: NVMe 0-1 Incorporado: PCle 6
A Placa posterior 2: NVMe 2-3 Incorporado: PCle 5
Placa posterior 2: NVMe 4-5, 6-7 Incorporado: PCle 3, 4
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Figura 424. Disposicion de los cables cuando se instalan dos procesadores de la serie Platinum sin expansion 3

BP1

BP2

BP3

Desde Hasta

Placa posterior 1: NVMe 0-1 Incorporado: PCle 10
Hl Placa posterior 1: NVMe 2-3 Incorporado: PCle 9
H Placa posterior 1: NVMe 4-5 Incorporado: PCle 6
I Placa posterior 1: NVMe 6-7 Incorporado: PCle 5
H Placa posterior 2: NVMe 0-1 Incorporado: PCle 7
A Placa posterior 2: NVMe 2-3 Incorporado: PCle 3
Placa posterior 2: NVMe 4-5 Incorporado: PCle 2
H Placa posterior 2: NVMe 6-7 Incorporado: PCle 1

Capitulo 2. Disposicion interna de los cables
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BP1 BP2 BP3 ’j

Figura 425. Disposicién de los cables en otros escenarios

Desde Hasta

Placa posterior 1: NVMe 0-1 Incorporado: PCle 8
Hl Placa posterior 1: NVMe 2-3 Incorporado: PCle 7
H Placa posterior 1: NVMe 4-5 Incorporado: PCle 6
A Placa posterior 1: NVMe 6-7 Incorporado: PCle 5
H Placa posterior 2: NVMe 0-1, 2-3 Incorporado: PCle 3, 4
A Placa posterior 2: NVMe 4-5 Incorporado: PCle 2
Placa posterior 2: NVMe 6-7 Incorporado: PCle 1

Conectores incorporados + Adaptador 16i RAID/HBA + Tarjeta de retemporizador

A continuacion se muestran las conexiones de cables para la configuracion de 16 unidades AnyBay de 2,5"
(Gen 5) con un adaptador 16i RAID/HBA y una tarjeta de retemporizador.

Conexiones entre conectores: A<~ A, A~-A H<H, ... @ < @
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Disposicion de los cables SAS/SATA

BP1

BP2 BP3

Figura 426. Disposicion de los cables SAS/SATA para adaptador 16i

Desde Hasta
Placa posterior 1: SAS Adaptador 16i
e Gen4:CO

e Gen 3: COC1

Hl Placa posterior 2: SAS

e Gen4:C1
e Gen 3: C2C3

Capitulo 2. Disposicion interna de los cables
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Disposicion de los cables NVMe

[ BP1

BP2

BP3

Figura 427. Disposicion de los cables cuando se instalan
dos procesadores de la serie Platinum sin expansion 3 o
con tarjeta de expansion x8/x8

OB BOHE HAB

[ BP1

BP2

BP3

Figura 428. Disposicién de los cables cuando se instalan

dos procesadores de la serie Platinum con tarjeta de
expansion x16/x16 (solo ranura 7)

Desde Hasta Desde Hasta

Placa posterior 1: NVMe | Retemporizador: CO Placa posterior 1: NVMe | Incorporado: PCle 10
0-1 0-1

Hl Placa posterior 1: NVMe | Retemporizador: C1 Hl Placa posterior 1: NVMe | Incorporado: PCle 9
2-3 2-3

H Placa posterior 1: NVMe | Incorporado: PCle 6 H Placa posterior 1: NVMe | Incorporado: PCle 6
4-5 4-5

I Placa posterior 1: NVMe | Incorporado: PCle 5 I Placa posterior 1: NVMe | Incorporado: PCle 5
6-7 6-7

H Placa posterior 2: NVMe | Incorporado: PCle 7 H Placa posterior 2: NVMe | Incorporado: PCle 7
0-1 0-1

A Placa posterior 2: NVMe | Incorporado: PCle 3 A Placa posterior 2: NVMe | Incorporado: PCle 3
2-3 2-3

Placa posterior 2: NVMe | Incorporado: PCle 2 Placa posterior 2: NVMe | Retemporizador: CO
4-5 4-5

H Placa posterior 2: NVMe | Incorporado: PCle 1 H Placa posterior 2: NVMe | Retemporizador: C1
6-7 6-7

Adaptador 8i/16i RAID/HBA modo triple

A continuacion se muestran las conexiones de cables para la configuracién de 16 unidades AnyBay de 2,5"
(Gen 5) con un adaptador 8i/16i RAID/HBA modo triple.
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Para conectar los cables a la tarjeta de expansién 5 y a las tarjetas de interposicion de OCP, consulte

“Tarjeta de expansion 5 + tarjetas de interposicion de OCP” en la pagina 381.

Conexiones entre conectores: A<~ A, A-HA H<H, ..~ m

C | \ I ‘
(1] 2]
BP1 BP2 BP3
Figura 429. Disposicion de los cables de la placa posterior
Desde Hasta

Placa posterior 1: SAS

Adaptador 8i/16i: CO

H Placa posterior 2: SAS

Adaptador 8i/16i: C1

12 unidades AnyBay + 4 unidades SAS/SATA
En este tema se proporciona informacién sobre la disposicidon de los cables para la configuracion de 12

unidades AnyBay + 4 unidades SAS/SATA utilizando
(Gen 5).

dos placas posteriores frontales de 8 unidades AnyBay

Conexiones entre conectores: - A, A-A H<H, ... < @
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Disposicion de los cables SAS/SATA

BP1 BP2 BP3

Figura 430. Disposicion de los cables SAS/SATA para adaptador 16i

Desde Hasta
Placa posterior 1: SAS Adaptador 16i
e Gen4:CO
e Gen 3: COC1
Hl Placa posterior 2: SAS e Gen 4: C1
e Gen 3: C2C3
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Disposicion de los cables NVMe
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Figura 431. Disposicion de los cables NVMe para los conectores incorporados

Desde Hasta

Placa posterior 1: NVMe 0-1 Incorporado: PCle 10
H Placa posterior 1: NVMe 2-3 Incorporado: PCle 9
H Placa posterior 1: NVMe 4-5 Incorporado: PCle 6
I Placa posterior 1: NVMe 6-7 Incorporado: PCle 5
H Placa posterior 2: NVMe 0-1 Incorporado: PCle 7
A Placa posterior 2: NVMe 2-3 Incorporado: PCle 3

Dos placas posteriores de 8 unidades NVMe (Gen 4)

En esta seccidn se proporciona informacién sobre la disposicidon de los cables para el modelo de servidor
con dos placas posteriores de la unidad frontales de 8 unidades NVMe de 2,5" (Gen 4).

Para conectar los cables de alimentacién de la(s) placa(s) posterior(es) frontal(es), consulte “Placas
posteriores: modelos de servidor con bahias de unidad frontal de 2,5”” en la pagina 383.

Para conectar los cables de sefial de la(s) placa(s) posterior(es) frontal(es), consulte los siguientes escenarios
de disposicion de los cables segun su configuracion de servidor.

e “16 unidades NVMe” en la pagina 430
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e “12 unidades NVMe” en la pagina 432

16 unidades NVMe

En este tema se proporciona informacién sobre la disposicion de los cables para la configuracion con 16
unidades frontales NVMe con dos placas posteriores frontales de 8 unidades NVMe (Gen 4).

e “Conectores incorporados” en la pagina 430
e “Expansion 5 + Tarjetas de interposicion de OCP + Tarjetas de retemporizador” en la pagina 431

Conectores incorporados

A continuacién se muestran las conexiones de cables para la configuracién de 16 unidades NVMe (Gen 4) de
2,5 pulgadas con conectores incorporados.

BP1 BP2 BP3

Figura 432. Disposicion de los cables NVMe a los conectores PCle incorporados

Desde Hasta

Placa posterior 1: NVMe 0-1 Incorporado: PCle 8
H Placa posterior 1: NVMe 2-3 Incorporado: PCle 7
H Placa posterior 1: NVMe 4-5, 6-7 Incorporado: PCle 6, 5
I Placa posterior 2: NVMe 0-1, 2-3 Incorporado: PCle 3, 4
H Placa posterior 2: NVMe 4-5 Incorporado: PCle 2
A Placa posterior 2: NVMe 6-7 Incorporado: PCle 1
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Expansion 5 + Tarjetas de interposicion de OCP + Tarjetas de retemporizador

A continuacién se muestran las conexiones de cables para la configuracién de 16 unidades NVMe (Gen 4) de
2,5 pulgadas con expansion 5, tarjetas de interposicion de OCP frontal y posterior y dos tarjetas de
retemporizador.

Para conectar los cables a la tarjeta de expansién 5 y a las tarjetas de interposicion de OCP, consulte
“Tarjeta de expansion 5 + tarjetas de interposicion de OCP” en la pagina 381.

Conexiones entre conectores: A~ A, A~-HA H- H, ... < m
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Figura 433. Disposicion de los cables de la placa posterior

Desde Hasta

Placa posterior 1: NVMe 0-1 Incorporado: PCle 10
Hl Placa posterior 1: NVMe 2-3 Incorporado: PCle 9

H Placa posterior 1: NVMe 4-5 Incorporado: PCle 8

I Placa posterior 1: NVMe 6-7 Incorporado: PCle 7

H Placa posterior 2: NVMe 0-1 Retemporizador: CO

A Placa posterior 2: NVMe 2-3 Retemporizador: C1
Placa posterior 2: NVMe 4-5, 6-7 Retemporizador: CO, C1
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12 unidades NVMe

En este tema se proporciona informacion sobre la disposicion de los cables para la configuracion con 12
unidades frontales NVMe con dos placas posteriores frontales de 8 unidades NVMe (Gen 4).

0T

BP1

BP2

il
EZ
[ C

BP3

Figura 434. Disposicion de los cables NVMe para los conectores incorporados

Desde

Hasta

Placa posterior 1: NVMe 0-1

Incorporado: PCle 8

H Placa posterior 1: NVMe 2-3

Incorporado: PCle 7

H Placa posterior 1: NVMe 4-5, 6-7

Incorporado: PCle 6, 5

I Placa posterior 2: NVMe 0-1, 2-3

Incorporado: PCle 3, 4

Dos placas posteriores de 8 unidades NVMe (Gen 5)

En esta seccidn se proporciona informacion sobre la disposicién de los cables para el modelo de servidor
con dos placas posteriores de la unidad frontales de 8 unidades NVMe de 2,5" (Gen 5).

Para conectar los cables de alimentacidn de la(s) placa(s) posterior(es) frontal(es), consulte “Placas
posteriores: modelos de servidor con bahias de unidad frontal de 2,5”” en la pagina 383.

Para conectar los cables de sefial de la(s) placa(s) posterior(es) frontal(es), consulte los siguientes escenarios
de disposicion de los cables segun su configuracion de servidor.

e “16 unidades NVMe” en la pagina 433
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e “12 unidades NVMe” en la pagina 436

16 unidades NVMe

En este tema se proporciona informacion sobre la disposicion de los cables para la configuracion con 16

unidades frontales NVMe con dos placas posteriores frontales de 8 unidades NVMe (Gen 5).

e “Conectores incorporados” en la pagina 433

e “Conectores integrados + Tarjeta de retemporizador” en la pagina 434

e “Expansion 5 + Tarjetas de interposicion de OCP + Tarjetas de retemporizador” en la pagina 435

Conectores incorporados

A continuacion se muestran las conexiones de cables para la configuracién de 16 unidades NVMe de 2,5"

(Gen 5).

Conexiones entre conectores: - A, A-A H<H, ... - m

[ BP1 BP2

BP3

Figura 435. Disposicién de los cables cuando se instalan
dos procesadores de la serie Platinum sin expansion 3

BP1 BP2

BP3 ’]

Figura 436. Disposicion de los cables en otros escenarios

Desde

Hasta

Desde

Hasta

Placa posterior 1: NVMe
0-1

Incorporado: PCle 10

Placa posterior 1: NVMe
0-1

Incorporado: PCle 8

Hl Placa posterior 1: NVMe
2-3

Incorporado: PCle 9

Hl Placa posterior 1: NVMe
2-3

Incorporado: PCle 7

H Placa posterior 1: NVMe

Incorporado: PCle 6

Hl Placa posterior 1: NVMe

Incorporado: PCle 6

4-5 4-5
I Placa posterior 1: NVMe | Incorporado: PCle 5 I Placa posterior 1: NVMe | Incorporado: PCle 5
6-7 6-7
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H Placa posterior 2: NVMe

Incorporado: PCle 7

H Placa posterior 2: NVMe

Incorporado: PCle 3, 4

0-1 0-1,2-3

A Placa posterior 2: NVMe | Incorporado: PCle 3 A Placa posterior 2: NVMe | Incorporado: PCle 2
2-3 4-5

Placa posterior 2: NVMe | Incorporado: PCle 2 Placa posterior 2: NVMe | Incorporado: PCle 1
4-5 6-7

H Placa posterior 2: NVMe | Incorporado: PCle 1

6-7

Conectores integrados + Tarjeta de retemporizador

A continuacion se muestran las conexiones de cables para la configuracién de 16 unidades NVMe de 2,5"

(Gen 5) con una tarjeta de retemporizador.

Conexiones entre conectores: A< A, A~-HA H<H, ... < @

J
1]

|
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[
i |
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BP1

BP2 BP3

Figura 437. Disposicion de los cables NVMe a los conectores incorporados y tarjeta de retemporizador

Desde

Hasta

Placa posterior 1: NVMe 0-1

Retemporizador: CO

Hl Placa posterior 1: NVMe 2-3

Retemporizador: C1

H Placa posterior 1: NVMe 4-5

Incorporado: PCle 6

M Placa posterior 1: NVMe 6-7

Incorporado: PCle 5
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Desde Hasta

H Placa posterior 2: NVMe 0-1 Incorporado: PCle 7
A Placa posterior 2: NVMe 2-3 Incorporado: PCle 3
Placa posterior 2: NVMe 4-5 Incorporado: PCle 2
H Placa posterior 2: NVMe 6-7 Incorporado: PCle 1

Expansion 5 + Tarjetas de interposicion de OCP + Tarjetas de retemporizador

A continuacion se muestran las conexiones de cables para la configuracion de 16 unidades NVMe (Gen 5) de
2,5 pulgadas con expansion 5, tarjetas de interposicién de OCP frontal y posterior y dos tarjetas de
retemporizador.

Para conectar los cables a la tarjeta de expansion 5 y a las tarjetas de interposicion de OCP, consulte
“Tarjeta de expansion 5 + tarjetas de interposicion de OCP” en la pagina 381.

Conexiones entre conectores: <~ A, A<~ HA H<H, ... < @

Figura 438. Disposicion de los cables de la placa posterior

Desde Hasta

Placa posterior 1: NVMe 0-1 Incorporado: PCle 10
Hl Placa posterior 1: NVMe 2-3 Incorporado: PCle 9
H Placa posterior 1: NVMe 4-5 Incorporado: PCle 8
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Desde

Hasta

I Placa posterior 1: NVMe 6-7

Incorporado: PCle 7

H Placa posterior 2: NVMe 0-1

Retemporizador: CO

A Placa posterior 2: NVMe 2-3

Retemporizador: C1

Placa posterior 2: NVMe 4-5

Retemporizador: CO

H Placa posterior 2: NVMe 6-7

Retemporizador: C1

12 unidades NVMe

En este tema se proporciona informacion sobre la disposicion de los cables para la configuracion con 12
unidades frontales NVMe con dos placas posteriores frontales de 8 unidades NVMe (Gen 5).

Conexiones entre conectores: A<~ A, A~-A H<H, ... @< I

[ BP1 BP2 BP3

Figura 439. Disposicidn de los cables cuando se instalan
dos procesadores de la serie Platinum con tarjeta de
expansion x16/x16 (solo ranura 7)
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Figura 440. Disposicién de los cables en otros escenarios

Desde Hasta Desde Hasta

Placa posterior 1: NVMe | Incorporado: PCle 10 Placa posterior 1: NVMe | Incorporado: PCle 8
0-1 0-1

Hl Placa posterior 1: NVMe | Incorporado: PCle 9 Hl Placa posterior 1: NVMe | Incorporado: PCle 7
2-3 2-3

H Placa posterior 1: NVMe | Incorporado: PCle 6 H Placa posterior 1: NVMe | Incorporado: PCle 6
4-5 4-5

A Placa posterior 1: NVMe | Incorporado: PCle 5 I Placa posterior 1: NVMe | Incorporado: PCle 5
6-7 6-7
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H Placa posterior 2: NVMe | Incorporado: PCle 7 H Placa posterior 2: NVMe | Incorporado: PCle 3, 4
0-1 0-1,2-3

A Placa posterior 2: NVMe | Incorporado: PCle 3
2-3

Una placa posterior de 8 unidades SAS/SATA y una placa posterior de
8 unidades AnyBay (Gen 4)

En esta seccidén se proporciona informacién sobre la disposicidon de los cables para el modelo de servidor
con una placa posterior de 8 unidades SAS/SATA de 2,5" y una placa posterior de 8 unidades AnyBay de
2,5" (Gen 4).

Para conectar los cables de alimentacion de la(s) placa(s) posterior(es) frontal(es), consulte “Placas
posteriores: modelos de servidor con bahias de unidad frontal de 2,5”” en la pagina 383.

Para conectar los cables de sefial de la(s) placa(s) posterior(es) frontal(es), consulte los siguientes escenarios
de disposicion de los cables segun su configuracion de servidor.

e “Conectores incorporados + adaptador 8i RAID/HBA” en la pagina 437
e “Conectores incorporados + Adaptador 16i RAID/HBA” en la pagina 439
e “Conectores incorporados + Adaptador CFF 16i RAID/HBA” en la pagina 441

e “Tarjeta de expansion 5 + Tarjetas de interposicion de OCP + Adaptador RAID/HBA 8i/16i” en la pagina
443

Conectores incorporados + adaptador 8i RAID/HBA

A continuacién se muestran las conexiones de cables para la configuracién de 8 unidades SAS/SATA + 8
unidades AnyBay (Gen 4) con dos adaptadores 8i RAID/HBA.

Conexiones entre conectores: A<~ A, A~-HA H<H, ..~ @
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Disposicion de los cables SAS/SATA

_

Ee

BP1 BP2 BP3

Figura 441. Disposicion de los cables SAS/SATA para adaptadores 8i

Desde

Hasta

Placa posterior 1: SAS

Adaptador 8i
e Gen4:CO
e Gen 3: COC1

H Placa posterior 2: SAS

Adaptador 8i
e Gen4:CO
e Gen 3: COCH1
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Disposicion de los cables NVMe

‘[LU) 77

BP1 BP2

procesadores instalados

BP3

Figura 442. Disposicion de los cables con dos

‘[LU!M

BP1 BP2

instalado

Figura 443. Disposicion de los cables con un procesador

Desde

Hasta

Desde

Hasta

Placa posterior 2: NVMe
0-1

Incorporado: PCle 8

H Placa posterior 2: NVMe
0-1,2-3

Incorporado: PCle 3, 4

H Placa posterior 2: NVMe
2-3

Incorporado: PCle 7

H Placa posterior 2: NVMe

Incorporado: PCle 2

4-5
H Placa posterior 2: NVMe | Incorporado: PCle 6, 5 H Placa posterior 2: NVMe | Incorporado: PCle 1
4-5, 6-7 6-7

Conectores incorporados + Adaptador 16i RAID/HBA

A continuacién se muestran las conexiones de cables para la configuracién de 8 unidades SAS/SATA + 8
unidades AnyBay (Gen 4) con un adaptador 16i RAID/HBA.

Conexiones entre conectores: A~ A, A~-A H- H, ... < m

Capitulo 2. Disposicion interna de los cables
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Disposicion de los cables SAS/SATA

BP1 BP2 BP3

Figura 444. Disposicion de los cables SAS/SATA para adaptador 16i

Desde Hasta
Placa posterior 1: SAS Adaptador 16i
e Gen4:CO
e Gen 3: COC1
Hl Placa posterior 2: SAS e Gen 4: C1
e Gen 3: C2C3
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Disposicion de los cables NVMe

‘[LU) 77

BP1 BP2

procesadores instalados

BP3

Figura 445. Disposicion de los cables con dos

‘[LU!M

BP1 BP2

instalado

Figura 446. Disposicion de los cables con un procesador

Desde

Hasta

Desde

Hasta

Placa posterior 2: NVMe
0-1

Incorporado: PCle 8

H Placa posterior 2: NVMe
0-1,2-3

Incorporado: PCle 3, 4

H Placa posterior 2: NVMe
2-3

Incorporado: PCle 7

H Placa posterior 2: NVMe

Incorporado: PCle 2

4-5
H Placa posterior 2: NVMe | Incorporado: PCle 6, 5 H Placa posterior 2: NVMe | Incorporado: PCle 1
4-5, 6-7 6-7

Conectores incorporados + Adaptador CFF 16i RAID/HBA

A continuacién se muestran las conexiones de cables para la configuracién de 8 unidades SAS/SATA + 8
unidades AnyBay (Gen 4) con un adaptador interno CFF 16i RAID/HBA.

Conexiones entre conectores: A~ A, A~-A H- H, ... < m

Capitulo 2. Disposicion interna de los cables
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Disposicion de los cables SAS/SATA

=

_

BP1

BP2

BP3 —

Figura 447. Disposicion de los cables SAS/SATA para adaptador CFF 16i

Desde

Hasta

Placa posterior 1: SAS

Adaptador CFF
e CO
e C1

H Placa posterior 2: SAS

Adaptador CFF
e C2
e C3

H Adaptador CFF: MB (CFF input)

Incorporado: PCle 4

A Adaptador CFF: PWR

Incorporado: RAID/HBA CFF PWR
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Disposicion de los cables NVMe

BP1

BP2

BP3

Figura 448. Disposicidn de los cables NVMe a los conectores PCle incorporados

Desde

Hasta

Hl Placa posterior 2: NVMe 0-1

Incorporado: PCle 8

H Placa posterior 2: NVMe 2-3

Incorporado: PCle 7

H Placa posterior 2: NVMe 4-5, 6-7

Incorporado: PCle 6, 5

Tarjeta de expansion 5 + Tarjetas de interposicion de OCP + Adaptador RAID/HBA 8i/

16i

A continuacién se muestran las conexiones de cables para la configuracién de 8 unidades SAS/SATA + 8
unidades AnyBay (Gen 4) con expansion 5, tarjetas de interposicién de OCP frontal y posterior y dos
adaptadores 8i RAID/HBA o un adaptador 16i RAID/HBA.

Para conectar los cables a la tarjeta de expansion 5 y a las tarjetas de interposicion de OCP, consulte
“Tarjeta de expansion 5 + tarjetas de interposicion de OCP” en la pagina 381.

Conexiones entre conectores: - A, A-A H<H, ... - m
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Figura 449. Disposicion de los cables SAS/SATA

Desde Hasta
Kl Placa posterior 1: SAS Adaptador 8i Adaptador 16i
e Gen4:CO e Gen4:CO
e Gen 3: COC1 e Gen 3: COC1
H Placa posterior 2: SAS Adaptador 8i e Gen4:C1
* Gen4:CO ¢ Gen 3: C2C3
e Gen 3: COC1
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Figura 450. Disposicion de los cables NVMe

Desde

Hasta

Placa posterior 2: NVMe 0-1

Incorporado: PCle 10

Hl Placa posterior 2: NVMe 2-3

Incorporado: PCle 9

H Placa posterior 2: NVMe 4-5

Incorporado: PCle 8

I Placa posterior 2: NVMe 6-7

Incorporado: PCle 7

Una placa posterior de 8 unidades SAS/SATA y una placa posterior de
8 unidades AnyBay (Gen 5)

En esta seccidén se proporciona informacion acerca de la disposicidn de los cables para el modelo de
servidor con una placa posterior de 8 unidades SAS/SATA de 2,5" y una placa posterior de 8 unidades
AnyBay de 2,5" (Gen 5).

Para conectar los cables de alimentacién de la(s) placa(s) posterior(es) frontal(es), consulte “Placas
posteriores: modelos de servidor con bahias de unidad frontal de 2,5”” en la pagina 383.

Para conectar los cables de sefial de la(s) placa(s) posterior(es) frontal(es), consulte los siguientes escenarios
de disposicion de los cables segun su configuracion de servidor.
e “Conectores incorporados + adaptador 8i RAID/HBA” en la pagina 446

e “Conectores incorporados + Adaptador 16i RAID/HBA” en la pagina 448
e “Conectores incorporados + Adaptador CFF 16i RAID/HBA” en la pagina 451
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Conectores incorporados + adaptador 8i RAID/HBA

A continuacién se muestran las conexiones de cables para la configuracién de 8 unidades SAS/SATA + 8
unidades AnyBay (Gen 5) con dos adaptadores 8i RAID/HBA.

Conexiones entre conectores: <A, A~ A H~H, ... @ < I

Disposicion de los cables SAS/SATA

N e

Figura 451. Disposicion de los cables SAS/SATA para adaptadores 8i

Desde Hasta

Placa posterior 1: SAS Adaptador 8i
e Gen4:CO
e Gen 3: COCH

Hl Placa posterior 2: SAS Adaptador 8i
e Gen4:CO
¢ Gen 3: COCH

Disposicion de los cables NVMe

Disposicion de los cables con dos procesadores instalados
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Figura 452. Disposicién de los cables cuando se instalan
dos procesadores de la serie Platinum sin expansion 3 o
con tarjeta de expansion x8/x8

]

Figura 453. Disposicién de los cables en otros escenarios

Desde Hasta Desde Hasta
Placa posterior 2: NVMe | Incorporado: PCle 6 Placa posterior 2: NVMe | Incorporado: PCle 8
0-1 0-1

H Placa posterior 2: NVMe
2-3

Incorporado: PCle 5

H Placa posterior 2: NVMe
2-3

Incorporado: PCle 7

H Placa posterior 2: NVMe

Incorporado: PCle 2

H Placa posterior 2: NVMe

Incorporado: PCle 6

4-5 4-5
I Placa posterior 2: NVMe | Incorporado: PCle 1 I Placa posterior 2: NVMe | Incorporado: PCle 5
6-7 6-7

Disposicion de los cables con un procesador instalado

Capitulo 2. Disposicion interna de los cables
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BP1 BP2 BP3

Figura 454. Disposicion de los cables con un procesador instalado

Desde Hasta

Kl Placa posterior 2: NVMe 0-1, 2-3 Incorporado: PCle 3, 4
H Placa posterior 2: NVMe 4-5 Incorporado: PCle 2
H Placa posterior 2: NVMe 6-7 Incorporado: PCle 1

Conectores incorporados + Adaptador 16i RAID/HBA
A continuacién se muestran las conexiones de cables para la configuracién de 8 unidades SAS/SATA + 8
unidades AnyBay (Gen 5) con un adaptador 16i RAID/HBA.

Conexiones entre conectores: A<~ A, A-A H<H, ... @ < m
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Disposicion de los cables SAS/SATA
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Figura 455. Disposicion de los cables SAS/SATA para adaptador 16i
Desde Hasta
Placa posterior 1: SAS Adaptador 16i
e Gen4:CO
e Gen 3: COCH
Hl Placa posterior 2: SAS e Gen 4: C1
e Gen 3: C2C3

Disposicion de los cables NVMe

Disposicion de los cables con dos procesadores instalados

Capitulo 2. Disposicion interna de los cables
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Figura 456. Disposicién de los cables cuando se instalan
dos procesadores de la serie Platinum sin expansion 3 o
con tarjeta de expansion x8/x8
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Figura 457. Disposicién de los cables en otros escenarios

Desde Hasta Desde Hasta
Placa posterior 2: NVMe | Incorporado: PCle 6 Placa posterior 2: NVMe | Incorporado: PCle 8
0-1 0-1

H Placa posterior 2: NVMe
2-3

Incorporado: PCle 5

H Placa posterior 2: NVMe
2-3

Incorporado: PCle 7

H Placa posterior 2: NVMe

Incorporado: PCle 2

H Placa posterior 2: NVMe

Incorporado: PCle 6

4-5 4-5
I Placa posterior 2: NVMe | Incorporado: PCle 1 I Placa posterior 2: NVMe | Incorporado: PCle 5
6-7 6-7

Disposicion de los cables con un procesador instalado

450 Guia de mantenimiento del hardware de ThinkSystem SR650 V3




BP1

BP2

BP3

Figura 458. Disposicidn de los cables con un procesador instalado

Desde

Hasta

Kl Placa posterior 2: NVMe 0-1, 2-3

Incorporado: PCle 3, 4

H Placa posterior 2: NVMe 4-5

Incorporado: PCle 2

H Placa posterior 2: NVMe 6-7

Incorporado: PCle 1

Conectores incorporados + Adaptador CFF 16i RAID/HBA

A continuacion se muestran las conexiones de cables para la configuracién de 8 unidades SAS/SATA + 8

unidades AnyBay (Gen 5) con un adaptador interno CFF 16i RAID/HBA.

Conexiones entre conectores: <A, A-A H<H, ... - @

Capitulo 2. Disposicion interna de los cables
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Disposicion de los cables SAS/SATA
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Figura 459. Disposicion de los cables SAS/SATA para adaptador CFF 16i

Desde

Hasta

Placa posterior 1: SAS

Adaptador CFF
e CO
e C1

H Placa posterior 2: SAS

Adaptador CFF
e C2
e C3

H Adaptador CFF: MB (CFF input)

Incorporado: PCle 4

A Adaptador CFF: PWR

Incorporado: RAID/HBA CFF PWR
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Disposicion de los cables NVMe

It

BP1 BP2

BP3

Figura 460. Disposicién de los cables cuando se instalan
dos procesadores de la serie Platinum sin expansion 3 o
con tarjeta de expansion x8/x8
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Figura 461. Disposicion de los cables en otros escenarios

Desde Hasta Desde Hasta
Placa posterior 2: NVMe | Incorporado: PCle 6 Placa posterior 2: NVMe | Incorporado: PCle 8
0-1 0-1

H Placa posterior 2: NVMe
2-3

Incorporado: PCle 5

H Placa posterior 2: NVMe
2-3

Incorporado: PCle 7

H Placa posterior 2: NVMe

Incorporado: PCle 2

H Placa posterior 2: NVMe

Incorporado: PCle 6

4-5 4-5
I Placa posterior 2: NVMe | Incorporado: PCle 1 I Placa posterior 2: NVMe | Incorporado: PCle 5
6-7 6-7

Una placa posterior de 8 unidades SAS/SATA y una placa posterior de
8 unidades NVMe (Gen 4)

En esta seccidn se proporciona informacion sobre la disposicion de los cables para el modelo de servidor
con una placa posterior de 8 unidades SAS/SATA de 2,5" y una placa posterior de 8 unidades NVMe de 2,5"

(Gen 4).

Para conectar los cables de alimentacién de la(s) placa(s) posterior(es) frontal(es), consulte “Placas
posteriores: modelos de servidor con bahias de unidad frontal de 2,5”” en la pagina 383.

Para conectar los cables de sefial de la(s) placa(s) posterior(es) frontal(es), consulte los siguientes escenarios
de disposicion de los cables segun su configuracion de servidor.

e “Conectores incorporados” en la pagina 454

Capitulo 2. Disposicion interna de los cables
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“Conectores incorporados + adaptador 8i RAID/HBA” en la pagina 455
“Conectores incorporados + Adaptador CFF 16i RAID/HBA” en la pagina 457

“Conectores incorporados + Tarjetas de extensién 5 + Tarjetas de interposicién de OCP” en la pagina
459

“Conectores incorporados + Expansion 5 + Tarjetas de interposicion de OCP + Adaptador 8i RAID/HBA”
en la pagina 460

Conectores incorporados

En este tema se proporciona informacién sobre la disposicidn de los cables para la configuracion de 8
unidades SAS